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Juriidilised teatised

Juriidilised teatised

Sihtotstarbe avaldus

Siisteem BOND automatiseerib mikroskoobi objektiklaasidele paigaldatud patoloogiliste proovide
immunovarvimise kliinilised protokollid. Seejarel tdlgendab mikroskoobi objektiklaase diagnoosimisel
kvalifitseeritud tervishoiutootaja.

Kaubamargid

Leica ja Leica logo on ettevotte Leica Microsystems IR GmbH registreeritud kaubamargid, mida
kasutatakse litsentsi alusel. BOND, BOND-IIl, BOND-MAX, BOND-ADVANCE, Covertile, Bond Polymer
Refine Detection, Bond Polymer Refine Red Detection, Parallel Automation, Compact Polymer ja Oracle on
Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd ACN 008 582 401 kaubamargid. Muud kaubamargid kuuluvad nende
omanikele.
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paljundamist, tdlkimist vdi elektroonilisse vdi muusse masinloetavasse vormi konverteerimist tervikuna
vOi osaliselt.
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Oluline teave koigile kasutajatele

Termin ,Leica Biosystems”, kui seda kasutatakse selle dokumendi tekstis, tahistab Leica Biosystems
Melbourne Pty Ltd.

Pideva taiustamise pohimdtte tottu jatab Leica Biosystems endale diguse spetsifikatsiooni ette
teatamata muuta.

Garantiinduded saab esitada ainult siis, kui siisteemi on kasutatud ettendhtud otstarbel ja vastavalt
kdesolevas dokumendis toodud juhistele. Garantii muudavad kehtetuks toote ebadigest kasitsemisest voi
vaarkasutamisest pohjustatud kahjustused. Leica Biosystems ei vota vastutust mis tahes sellise kahju
eest.

BOND-III ja BOND-MAX to6tlusmooduleid kasutavad isikud peavad olema enne seadme kasutamist
Iabinud asjakohase koolituse ja neid peab olema teavitatud vdimalikest ohtudest ja ohtlikest
protseduuridest. Ainult koolitatud personal tohib eemaldada to6tlusmoodulilt katteid ja osi ning seda
ainult juhul, kui see on kdesolevas juhendis ette nahtud.
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Juriidilised teatised

Remonditoid tohivad teha ainult kvalifitseeritud Leica Biosystems volitatud hooldustdétajad.

Tosistest intsidentidest, mis on pohjustanud voi voivad I6ppeda patsiendi voi kasutaja surmaga voi
patsiendi vdi kasutaja tervisliku seisundi ajutise vdi plsiva halvenemisega, tuleb teatada kohalikule Leica
Biosystems esindajale ja asjakohasele kohalikule reguleerivale asutusele.

Versiooni teave

Vers. | valjastatud | Mojutatud jaotised Uksikasjad

AO01 - - Avaldamata.

A02 - - Avaldamata.

A03 - - Avaldamata.

A04 |- - Avaldamata.

A05 Jaanuar Koik Avaldatud esimest korda.
2022

Kontakt Leica Biosystems

Hoolduse vdi toe saamiseks votke ihendust kohaliku Leica Biosystems esindajaga vdi vt
www.LeicaBiosystems.com.
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Ohutusjuhised

Ohutusjuhised

Jargige koiki ohutusjuhiseid, et valtida kehavigastusi, kahjustusi, patsiendiproovide kadumist voi
vadridentifitseerimist ning seadmete kahjustamist.

Ohutusjuhiste tiiiibid

Selles juhendis olevad ohutusjuhised on kas hoiatused vdi ettevaatusabindud.

Hoiatused

Hoiatused on teated ohtude kohta, mis voivad pdhjustada kehavigastusi, voi juhtudel, kus on véimalik
patsiendiproovide kadumine, kahjustamine vdi vaartuvastamine.

Hoiatustes on kasutavad musta piirjoone ja kollase taustaga siimboleid, nagu on naidatud allpool:

BB B P

Muljumisoht. Kde voi kehaosa muljumisoht.

Pdletusoht. Kuumade pindade puudutamisel voivad tekkida podletushaavad.

Viltige selle siimboliga tahistatud osade puudutamist.

Keemiline oht. Kui nduetekohaseid ettevaatusabindusid ei jargita, voib tekkida raskete
tervisekahjustuste oht.

Kandke alati kaitseriietust ja -kindaid.

Piihkige mahaloksunud aine viivitamata dra, jargides standardset laboritava.

Laserkiirguse oht. Véimalik raske silmakahjustus. Valtige otsest silmsidet
laserkiirtega.

Tahelepanu. Juhiste eiramine voib pdhjustada siisteemi kahjustusi voi kehavigastusi.
Enne jatkamist tutvuge kaasasoleva teksti voi asjakohaste dokumentidega.

Elektrioht. Inimeste vdi seadmete kahjustamise véltimiseks jargige kaasasolevates
dokumentides toodud juhiseid.

Mirgistusoht. Kui kemikaalide nduetekohase kasitsemise eeskirju ei jargita, voib
tekkida raskete tervisekahjustuste oht.
Reaktiive kasitsedes kandke kindaid ja kaitseprille.
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Ohutusjuhised

Tuleohtlik. Kui nduetekohaseid ettevaatusabindusid ei jargita, vivad tuleohtlikud
reaktiivid suttida.

Ettevaatusabindud

Ettevaatusabindud on seotud ohtudega, mis vbivad kahjustada BOND siisteemi seadmeid, vdi muude
kahjulike tagajargedega, mis ei ohusta inimesi.

Ettevaatusabindudes on kasutavad musta piirjoone ja kollase taustaga siimboleid, nagu on naidatud
allpool.

A

Uldised hoiatused

Allpool kuvatakse uldised BOND siisteemihoiatused. Muud hoiatused on toodud juhendi vastavates
jaotistes.

Seadme kasutamine

Reaktiivide ja objektiklaaside saastumise valtimiseks tuleb seadet kasutada puhtas
keskkonnas, mis on véimalikult tolmu- ja tahkete osakeste vaba.

Seadme nouetekohase 160 tagamiseks asetage iga pdhiaine reaktiivimahuti digesse
pesasse lahtris, nagu on naidatud varvikoodiga nimesildil. Vastasel korral vdib varvimine
halveneda.

Lisateavet vt 2.2.7 - Kanistrite lahter

Kontrollige kanistrite taset ja téitke voi tiihjendage see iga pdeva alguses (vajaduse
korral sagedamini — vt 12.2.1 - Kanistrite tasemete kontrollimine). Vastasel juhul
vbidakse varvimine katkestada, et eemaldada kanistrid, mis vdivad varvimist kahjustada.

Kui kanistrit tuleb to6tlemise ajal tdita, kontrollige alati protokolli olekukuva ja
veenduge, et kanistrit ei kasutataks ega kavatseta kasutada. Vastasel juhul vdivad
objektiklaasid jaada tootlemata. Tagastage kanister kohe parast taitmist — vt
12.2.2.5 - Tsiiklite ajal.

> B> B>

BOND kanistreid ei ole vaja tditmiseks eemaldada — vt 12.2.2.1 - Reaktiivikanistri
taitmine — BOND-III.

Sellise olukorra véltimiseks kontrollige kanistrite taset iga paev (vajaduse korral
sagedamini — vt 12.2.1 - Kanistrite tasemete kontrollimine).
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Ohutusjuhised

BOND ei vaja toimimiseks ja kavandatud kasutusotstarbe taitmiseks vorguiihendust.
Pahatahtliku vdi volitamata juurdepédasu valtimiseks installigeBOND ilma tihenduseta
teie vorgu/infrastruktuuriga.

Kui soovite vorguiihendust, on eelistatud viis lihendada BOND tulemiiliriga virtuaalsesse
kohtvorku (VLAN). Teise vdoimalusena saate rakendada ja valideerida oma
vorguturbemehhanisme vastavalt standardsetele tooprotseduuridele. Lisateavet leiate
infosiisteemide juhendist BOND 5.1+ (49.6062.811).

> P

Kontrolleri BOND pahavaranakkus v&ib pdhjustada ootamatuid kaitumisviise, sh
instrumentide blokeerimist. Veenduge enne BOND kontrolleriga tihendamist, et teie USB-
maluseadmed oleksid viirusevabad. LIsaks sellele ei eelinstalli Leica Biosystems
viirusetorjelahendust; soovitame installida oma ettevétte viirusetdrjetoode. Lisateabe
saamiseks votke lihendust oma kohaliku Leica Biosystems esindajaga.

Kontrollid

>

Iga objektiklaasi sobiva varvimistulemuse tagamiseks PEAB kehtestama ja jargima
piisavaid laborikontrolli meetmeid. Leica Biosystems soovitab tungivalt asetada sobiv
kontrollkude patsiendi kudedega samadele objektiklaasidele.

Keemilised ohud

>

Mdned immunohistokeemias ja in situ hiibridisatsioonis kasutatavad reaktiivid on
ohtlikud. Enne jatkamist veenduge, et oleksitee saanud selle protseduuri jaoks piisava
véljadppe:
a. Reaktiive kasitsedes voi instrumenti puhastades kandke lateks- voi nitriilkindaid,
kaitseprille ja muud sobivat kaitseriietust.

b. Kasitsege ja kdrvaldage reaktiive ja kondensaati vastavalt kdikidele
protseduuridele ja valitsuse maarustele, mis laboris kehtivad.

Iy

R
3

Reaktiivimahutid voivad transportimise ajal imber kukkuda, jattes korgi imber
reaktiivijaagid. Reaktiivimahutite avamisel kandke alati nGuetekohaseid kaitseprille,
kindaid ja kaitseriietust.

Potentsiaalselt ohtlikud reaktiivid voivad koguneda objektiklaaside varvimisambrite
Umber ja saastada objektiklaaside aluseid. Objektiklaaside aluste kasitsemisel kandke
alati heakskiidetud kaitseriietust ja -kindaid.

[@ 0

Mdned seadme BOND-III ja BOND-MAX t66tlusmoodulites kasutatavad reaktiivid on
tuleohtlikud:

« Arge asetage lahtist tuld ega siiiiteallikat tédtlusmoodulite Idhedusse.

« Veenduge, et kdik kanistrite korgid on parast taitmist voi tiihjendamist korralikult
suletud.
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Ohutusjuhised

Too6tlusmoodulitel on soojendid ja soojendusega pinnad, mis vdivad siittida, kui
tuleohtlikud materjalid on paigutatud vahetusse Iahedusse:

>

« Arge asetage tuleohtlikke materjale soojenditele ega nende ldhedusse.
« Arge asetage tuleohtlikke materjale t66tlusmooduli kuumadele pindadele.

« Veenduge, et kdik kanistrite korgid on parast taitmist voi tiihjendamist korralikult
suletud.

Mehaanilised ohud

Olge instrumendi kaane sulgemisel ettevaatlik ja tagage vigastuste valtimiseks kéate
puhtus.

Pearoboti kasutamise ajal vbGivad aspireeriv sond, stistlapumbad ja kanistrirobotid
(BOND) liikuda hoiatuseta ja kiirusel, mis voib p&hjustada vigastusi.

« Arge piiiidke seadme kaant avada, kui tsiikkel on pooleli.

« Arge piilidke md6da minna blokeeringutest, mis peatavad seadme t66 kaane
avamisel.

« Veenduge, et t60 ajal oleksid slistlapumba katted paigas.

Valtige kokkupuudet objektiklaaside varvimiskambrite ja nende imbristega. Need
voivad olla vdga kuumad ja pdhjustada tOsiseid pdletusi. Laske 20 minutit parast 166
[dpetamist objektiklaasi varvimiskambritel ja nende Gimbristel jahtuda.

To6tlusmooduli suure vahemaa tagant iimberpaigutamiseks voi parandamiseks voi
utiliseerimiseks transportimiseks votke ihendust klienditoega. T66tlusmoodul on véaga
raske ega ole kasutaja poolt teisaldatav.

Tavakasutuse ajal veenduge, et siistla luuk oleks suletud (BOND-MAX) vdi et siistla kaas
(BOND-III) oleks paigaldatud. Kui siistal voi siistlaliitmik ldheb lahti, v6ib réhu all olev
reaktiiv stistlast vélja pritsida.

Kui pearobot ja/voi kanistrivedeliku robot jatkab tootamist kauem kui viis sekundit
parast tootlusmooduli kaane avamist, votke kohe Ghendust klienditoega.

Arge liigutage peamist robotkétt, kui todtlusmoodul on sisse liilitatud. Robot véib
joondusest vélja minna, mille tagajérjel varvimine on halb.

Kui robotit on liigutatud: liilitage seade vilja, oodake 30 sekundit ja kdivitage uuesti.

Puhastamis- voi hooldustoimingute tegemisel liilitage t66tlusmoodul alati valja (vélja
arvatud automaatsed puhastustoimingud, naiteks aspireeriva sondi puhastamine).

> BB BB B B>
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Ohutusjuhised

BOND kanistrirobotid liiguvad modda objektiklaaside varvimiskambreid, et anda
kasutajatele puhastamise jaoks juurdepédés. Seda protseduuri tohivad labi viia ainult
kasutajad, keda on hoiatatud v6imalike ohtude eest ja kes on saanud piisava véljadppe.

Objektiklaaside varvimiskambrid sisaldavad liikuvaid osi, mis vdivad pdhjustada raskeid
vigastusi. Hoidke sérmed seadme to6tamise ajal objektiklaasi varvimiskambri avast
eemal.

Enne objektiklaaside varvimiskambrite kasitsi avamist: liilitage to6tlusmooduli toiteliiliti
vdlja, lUlitage toide vélja ja eemaldage toitepistik seinast.

Siistlapumba moodul (BOND-III) on raske ja vdib vabastamisel ettepoole kukkuda. Seda
protseduuri tohivad labi viia ainult kasutajad, keda on hoiatatud vdimalike ohtude eest ja
kes on saanud piisava valjadppe.

> B> B>

Arge kasutage seadme tdstmiseks kahte musta kidepidet BOND tagakaanel.

Elektrioht.

Arge eemaldage to6tlusmooduli katteid ega (ritage ligi paaseda sisemistele
komponentidele. BOND t66tlusmoodulis on ohtlikke pingeid ja nende toimingutega
tohivad tegeleda ainult kvalifitseeritud hooldustehnikud, kelle Leica Biosystems on
heaks kiitnud.

Arge muutke té6tlusmooduli tédpinget. Kui seade on iihendatud vale toitepingega, vdib
see tosiselt kahjustuda. Satte muutmiseks votke ihendust klienditoega.

To6tlusmoodul peab olema ihendatud maandatud toitepistikupessa ning paiknema nii,
et personal saab kergesti toitekaabli lahti ihendada ilma seadet liigutamata.

> BB B

Arge jatke vahele ega liihistage kaitsmeid.

Enne kaitsmete vahetamist lilitage seade vilja ja ihendage toitejuhe lahti. Vahetage
kaitsmed vilja ainult standardsete osade vastu ja kui kaitsmed p&levad korduvalt Iabi,
votke ihendust klienditoega.
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Ohutusjuhised

Uldised ettevaatusabindud

Allpool on toodud tldised BOND ettevaatusabindud. Juhendi vastavates jaotistes on toodud ka teised
ettevaatusabindud.

Paigaldamisega seotud ohud

>

Arge blokeerige seadme tagakaanel olevaid ventilatsiooniavasid. Samuti drge katke
kinni siistla luugil olevaid ventilatsiooniavasid (BOND-MAX).

Ohud kasutamisel

Asetage koik objektiklaasi sildi osad objektiklaasi kdigisse servadesse. Katmata kleepuv
pind voib pohjustada objektiklaasi sildi (ja objektiklaasi) kleepumist katteplaadi voi
muude seadmete kiilge ning objektiklaasi kahjustada.

Arge eemaldage véikest vedelikutaseme anduri korki kanistrilt (BOND-MAX), sest see
vOib viga saada. Tlihjendage ja téitke kanistreid ainult 1abi suure taite-/tiihjenduskorgi.

Puhastage kdiki eemaldatavaid komponente ainult kasitsi. Kahjustuste véltimiseks drge
peske automaatpesumasinas iihtegi komponenti. Arge puhastage (ihtki osa lahustite,
tugevate voi abrasiivsete puhastusvedelikega ega karedate voi abrasiivsete lappidega.

Arge kasutage pesuplokkide aukude vdi objektiklaaside varvimiskambrite
imamispostide puhastamiseks Q-otsikuid ega muid puuvillaseid aplikaatoreid, kuna
puuvillane ots vdib lahti tulla ja pdhjustada ummistuse.

Arge suruge kanistreid tagasi oma kohale, sest see vdib kanistrit ja vedelikuandurit
kahjustada.

Arge kasutage kahjustatud objektiklaase. Veenduge enne tédtlusmoodulisse laadimist,
et kdik objektiklaasid oleksid objektiklaaside alusel digesti joondatud ja et kdik
katteplaadid Covertile oleksid digesti paigutatud (vt 2.6.2 - BOND-i universaalsed
katteplaadid Covertile).

Veenduge, et slistlamoodul (BOND-III) oleks enne tsiikli alustamist voi té6tlusmooduli
lahtestamist taielikult suletud (vt 12.4.1 - Objektiklaasi varvimiskambri lukustusest
avamine kasitsi). Vastasel juhul voivad siistlad kasutamise ajal kahjustuda.

> ||| BB ||| |||

Enne pealmise plaadi puhastamist voi eemaldamist veenduge, et kanistrirobotid (BOND-
1) oleksid seadme tagaosas algasendis ega paikne piki objektiklaaside
varvimiskambreid.

viii
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Ohutusjuhised

Reaktiiviga seotud ohud

Ebarahuldavad varvimistulemused ja voimalik t66tlusmooduli kahjustus voib tekkida, kui
kokkusobimatutel lahustel lasta omavahel kokku puutuda. P66rduge Leica Biosystems
poole, et teha kindlaks, kas lahused on tihilduvad.

Arge kasutage BOND td6tlusmoodulites ksiileeni, kloroformi, atsetooni, tugevaid
happeid (nt 20% HCI), tugevaid leeliseid (nt 20% NaOH). Kui moni neist kemikaalidest
satub BOND seadmele vdi selle lahedale, puhastage see kohe 70% alkoholiga, et véltida
to6tlusmooduli katete kahjustamist.

Kasutage seadmel BOND-IIl ja BOND-MAX ainult BOND deparafineerimislahust. Arge
kasutage ksiileeni, ksiileeni asendajaid ega muid reaktiive, mis voivad BOND siisteemi
osi kahjustada ja péhjustada vedeliku lekkimist.

> B>
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Regulatiivsed teatised

Reqgulatiivsed teatised

In vitro diagnostika siimbol

IVD

FCC vastavus

Seda seadet on testitud ja on leitud, et see vastab A-klassi digitaalseadme piirnormidele FCC eeskirjade
15. osa B alajao kohaselt. Need piirnormid on loodud pakkuma maistlikku kaitset kahjulike hairete eest,
kui seadet kasutatakse drikeskkonnas. See seade tekitab, kasutab ja voib kiirata raadiosageduslikku
energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata kasutusjuhendi kohaselt, vdib see p&hjustada
raadiosides kahjulikke haireid. Seadme kasutamine elamupiirkonnas pdhjustab tdenaoliselt kahjulikke
haireid, mille puhul kasutaja peab omal kulul kérvaldama.

Nouetele vastavuse tagamiseks kasutage ainult seadmega kaasasolevaid kaableid.

Hoiatus! Mis tahes muudatused vdi modifikatsioonid, mida pole selgesénaliselt heaks kiitnud Leica
Biosystems, vdivad tiihistada kasutaja diguse seda seadet kasutada.

CE-margis

CE-margis tahistab vastavust tootja vastavusdeklaratsioonis nimetatud asjakohastele
EL-i direktiividele.

Juhised professionaalseks kasutamiseks moeldud in vitro diagnostikaseadmetele
See IVD-seade vastab standardi IEC 61326 osade 2-6 kiirgus- ja hairekindlusnduetele.
Enne seadme kasutamist tuleb hinnata elektromagnetilist keskkonda.

Arge kasutage seadet tugevate elektromagnetiliste kiirgusallikate (nt varjestamata tahtliku RF-kiirguse
allikad) vahetus laheduses, kuna need vdivad héirida seadme nduetekohast t60d.

Hoiatus! Seade on konstrueeritud ja seda on testitud CISPR 11 A-klassi nduete kohaselt. Kodukeskkonnas
vOib see pohjustada raadiohaireid, mille puhul v&ib olla vajalik votta meetmeid hairete leevendamiseks.

Arvuti regulatiivnouded: UL Listed (UL 60950), IEC 60950 sertifitseeritud.
Seadmete klassifikatsioon CISPR 11 (EN 55011) kohaselt

See seade on CISPR 11 (EN 55011) kohaselt klassifitseeritud 1. riihma A klassi. Selgitused riihma ja
klassi kohta tuuakse allpool.

1. rilhm - see on kohaldatav kdigi seadmete puhul, mis ei ole klassifitseeritud 2. riihma seadmete hulka.

2. rithm - see on kohaldatav kdigi ISM-raadioseadmete puhul, kus raadiosagedusenergiat
sagedusvahemikus 9 kHz kuni 400 GHz tahtlikult genereeritakse ja kasutatakse voi ainult kasutatakse
elektromagnetkiirguse, induktiivse ja/véi mahtuvusiihenduse kujul materjali t66tlemiseks voi
kontrollimiseks/analiitsiks.
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Regulatiivsed teatised

A-klass — see on kohaldatav kdigi seadmete puhul, mis sobivad kasutamiseks kdigis asutustes, vélja
arvatud kodumajapidamistes ja rajatistes, mis on otse iihendatud kodumajapidamiste
madalpingevdrguga.

B-klass - see on kohaldatav kdigi seadmete puhul, mis sobivad kasutamiseks kodumajapidamistes ja
rajatistes, mis on otse iihendatud kodumajapidamiste madalpingevdrguga.

ISM: Industrial, Scientific and Medical (t60stuslik, teaduslik ja meditsiiniline)

RF: Radio Frequency (raadiosageduslik)

Simbolite sonastik

Regulatiivsed simbolid

Leica Biosystems-i toodete puhul kasutatavate regulatiivsete siimbolite selgitus.

Markus. Selles s6nastikus on toodud vastavates standardites esitatud siimbolite pildid, kuid
moned siimbolid vdivad varvi poolest erineda.

Jargnev on toote margistusel kasutatud siimbolite loend ja nende téahendus.

ISO 15223-1

Meditsiiniseadmed — siimbolid, mida kasutatakse meditsiiniseadmete siltidel, margistusel ja tarnitavas
teabes - 1. osa: Uildised nduded.

Siimbol Standard/maarus Viide Kirjeldus

ISO 15223-1 51.1 Tootja
Tahistab meditsiiniseadme tootjat.

ISO 15223-1 5.1.2 Volitatud esindaja Euroopa Uhenduses
Tahistab volitatud esindajat Euroopa Uhenduses.

ISO 15223-1 5.1.3 Tootmiskuupdev
Tahistab meditsiiniseadme valmistamise kuupéeva.

ISO 15223-1 51.4 Kasutada kuni (aegumiskuupiev)

Tahistab kuupéaeva, parast mida ei tohi meditsiiniseadet
kasutada.

II[% B

IS0 15223-1 515  Partii kood
LOT

Tahistab tootja partiikoodi, mis vdimaldab partii
tuvastada.
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Siimbol Standard/maarus Viide Kirjeldus

REF ISO 15223-1 5.1.6 Katalooginumber/viitenumber

Tahistab tootja katalooginumbrit, mis véimaldab
meditsiiniseadme tuvastada.

SN ISO 15223-1 51.7 Seerianumber

Tahistab tootja seerianumbrit, mis vdimaldab
konkreetse meditsiiniseadme tuvastada.

I ISO 15223-1 5.3.1 Kergesti purunev, kisitseda ettevaatlikult
d

Tahistab meditsiiniseadet, mis vdib ettevaatamatu
kasitsemise korral puruneda voi kahjustuda.

g, ISO 15223-1 5.3.4 Kaitsta vihma eest
Naitab, et transpordipakendit tuleb hoida vihma eest
kaitstult ja kuivades tingimustes.

ISO 15223-1 5.3.7 Temperatuuripiirang

Tahistab temperatuuripiire, mis on meditsiiniseadme
jaoks ohutud.

ISO 15223-1 542 Mitte korduskasutada

Tahistab meditsiiniseadet, mis on ette nahtud
tihekordseks kasutamiseks voi kasutamiseks thel
patsiendil (ihe protseduuri ajal.

[:E ISO 15223-1 5.4.3 Lugege kasutusjuhendit

Naitab, et kasutajal tuleb lugeda kasutusjuhendit.

1ISO 15223-1 54.4 Ettevaatust!

Naitab, et kasutajal tuleb lugeda kasutusjuhendist
olulist hoiatusteavet, nagu hoiatused ja
ettevaatusabindud, mida mitmesugustel pdhjustel ei
saa meditsiiniseadmel esitada.

IVD ISO 15223-1 5.5.1 In vitro diagnostiline meditsiiniseade

Tahistab meditsiiniseadet, mis on ette ndhtud
kasutamiseks in vitro diagnostilise meditsiiniseadmena.

ISO 15223-1 5.1.8 Importija

Tahistab meditsiiniseadet Euroopa Liitu importivat
ettevotet.

&
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ISO 7000

Seadmetel kasutatavad graafilised siimbolid - registreeritud siimbolid.

Siimbol Standard/maarus Viide Kirjeldus

&9

ISO 7000 1135 Ringlussevoetav

Naitab, et tahisega toode vodi selle materjal on
taaskasutatav voi ringlussevdetav.

ISO 7000 1640 Tehniline juhend; hooldusjuhend

Naitab kasiraamatu asukohta v6i seadme
hooldusjuhiseid puudutavat teavet. Tahistab, et
seadme hooldamisel siimboli asukoha laheduses tuleb
arvestada hooldusjuhendi vdi kdsiraamatuga.

ISO 7000 2594 Ohutus avatud
Tahistab juhtnuppu, mis vdimaldab valiséhu paasu
sisekeskkonda.

ISO 7000 3650 UsB
Naitab, et port voi pistik vastab universaalse jadasiini
(USB) ildnduetele. Néitab, et seade on ihendatud USB-
porti voi Ghildub USB-pordiga.

ISO 7000 5016 Kaitse
Tahistab kaitsmekappe voi nende asukohta.

L

IEC 60417

Seadmetel kasutatavad graafilised siimbolid.

Siimbol Standard/maarus Viide Kirjeldus

IEC 60417 5007 Sisseliilitamine/sisseliilitatud
Tahistab ihendust vooluvorguga, vahemalt toitevorgu
[ilitite voi nende asendite puhul, ja kdigil ohutusega
seotud juhtudel.

IEC 60417 5008 Viljaliilitamine/valjaliilitatud
Tahistab vooluvdrgust lahutamist, vahemalt toitevorgu
[ilitite vbi nende asendite puhul, ja kdigil ohutusega
seotud juhtudel.

Tahistab ldlitit voi llliti asendit, mille abil seadme osa
lllitatakse ootereziimi viimiseks sisse.

| IEC 60417 5009 OotereZiim
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Siimbol Standard/maarus Viide Kirjeldus

IEC 60417 5019 Kaitsemaandus

Klemm, mis on ette ndhtud ihendamiseks vélise
elektrijuhiga, et kaitsta rikke korral elektrilodgi eest, voi
maanduselektroodi klemm.

IEC 60417 5032 Uhefaasiline vahelduvvool

Naitab andmesildil, et seade sobib kasutamiseks vaid
vahelduvvooluga; vastavate klemmide tahistamiseks.

IEC 60417 5134 Staatilise elektrivilja suhtes tundlikud seadmed

Y,
‘! \ Staatilise elektrivalja suhtes tundlikke seadmeid
sisaldavad pakendid vdi seade voi konnektor, mida pole
katsetatud elektrostaatilise lahenduse taluvuse suhtes.

IEC 60417 5988 Arvutivork

Tahistab arvutivorku ennast voi nditab arvutivérgu
Uhendusterminale.

IEC 60417 6040 Hoiatus! Ultraviolettkiirgus

-@'— Hoiatab toote limbrise sees oleva UV-valguse eest, mis
vOib olla piisavalt tugev, et sellega kaasneks risk
seadme operaatorile. Enne avamist lilitage UV-lamp
vélja. Hooldamise ajal kaitske silmi ja nahka UV-kiirguse

eest.
IEC 60417 6057 Ettevaatust! Liikuvad osad
Hoiatav juhis liikuvatest osadest eemalehoidmiseks.
® IEC 60417 6222 Teave, iildine
l Tahistab juhtseadist seadme oleku kontrollimiseks, nt

multifunktsionaalsed koopiamasinad.

Muud siimbolid ja margistused

Siimbol Standard/maarus Viide Kirjeldus

B< 21 CFR 801.15(c)(1)(i)F Ainult retsepti alusel

Ainult USA FDA tunnistab seda alternatiivina lausele
,Ettevaatust: foderaalseadused lubavad seda
seadet miilia ainult litsentseeritud
meditsiinitdéotajal voi tema korraldusel.”

Seadme Vastavus Euroopa nouetele

c € vastavusdeklaratsioon CE-margis vastavust naitab, et siisteem vastab
loetleb direktiivid, millele kehtivatele EL-i direktiividele. Seadme
stisteem vastab vastavusdeklaratsioon loetleb direktiivid, millele

slisteem vastab.
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Siimbol Standard/maarus

Viide

Direktiiv 2012/19/EL
elektri- ja
elektroonikaseadmetest
tekkinud jaatmete
(elektroonikaromude)
kohta (WEEE)

Q AS/NZS 4417.1

Hiina Rahvavabariigi

‘1 ﬂ " elektroonikattostuse

standard SJ/T11364

Hiina Rahvavabariigi

‘e" elektroonikatoostuse

standard SJ/T11364

Ameerika Uhendriikide

F@ foderaaleeskirjade
koodeksi 47. peatiiki
15. osa

Kirjeldus

Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud
jaatmete (elektroonikaromude) direktiiv (WEEE)

Elektroonilist toodet ei tohi kdrvaldada sortimata
jaatmetena, vaid see tuleb saata taaskasutamiseks
ja ringlussevdtuks eraldi kogumispunkti.

Selle sildi olemasolu néitab, et:

« seade on Euroopa turule viidud pérast
13. augustit 2005.

« Seadet ei tohi kérvaldada (ihegi Euroopa
Liidu liikmesriigi kohaliku olmejaatmete
kogumise siisteemi kaudu.

Kliendid peavad mdistma ja jargima koiki
elektriseadmete nduetekohast dekontamineerimist
ja ohutut kdérvaldamist puudutavaid seadusi.

Regulatiivne vastavusmark (RCM)

Tahistab Austraalias ja Uus-Meremaal Austraalia
side- ja meediaameti (Australian Communications
Media Authority, ACMA) nouetele vastavust
(ohutus ja EMC).

Ohtlike ainete piirang (RoHS 2)

Naitab, et see elektroonikatoode sisaldab teatud
mirgiseid voi ohtlikke elemente ning selle
kasutamine keskkonnasaastliku kasutusperioodi
ajal on ohutu. Number logo keskel tahistab toote
keskkonnaséastlikku kasutusperioodi (aastates).
Valimine ring néitab, et toode on ringlussevdetav.
Logo naitab ka, et toode tuleb ringlusse votta kohe
parast selle keskkonnasaastliku kasutusperioodi
I6ppu. Etiketil olev kuupéev naitab
valmistamiskuupaeva.

Ohtlike ainete piirang (RoHS 2)

Naitab, et see elektroonikatoode ei sisalda ohtlikke
aineid voi nende sisaldus ei lleta dokumendis
GB/T 26572 maaratletud piirkontsentratsioone. See
on roheline keskkonnasdbralik toode, mille saab
ringlusse votta.

Foderaalne sideamet (Federal Communications
Commission, FCC)

Toode on katsetatud ja on leitud, et see vastab FCC
reeglite 15. osa piirnormidele.
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Regulatiivsed teatised

Siimbol Standard/maarus Viide Kirjeldus

@ Ei kohaldata Underwriters Laboratory (UL) sertifitseerimismark
(H us

Underwriters Laboratories on tdendanud, et
loetletud tooted vastavad nii USA kui ka Kanada
ohutusnoduetele.

@@ CSA International Nimetatud seade katseasutuses CSA Group
C

CSA Group on tdendanud, et loetletud tooted
vastavad nii USA kui ka Kanada ohutusnouetele.

LISTED

us

(e-i-b) Ei kohaldata Nimetatud seade katseasutuses Intertek
C us

Katseasutus Intertek on tdendanud, et loetletud
tooted vastavad nii USA kui ka Kanada
ohutusnoduetele.

Ei kohaldata Uhendamata port
Tootel on siistlapumbal tihendamata port.
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Regulatiivsed teatised

Ohutussuimbolid

Leica Biosystems-i toodete puhul kasutatavate ohutussiimbolite selgitus.

ISO 7010

Graafilised siimbolid — ohutusvarvid ja ohutusmargid — registreeritud ohutusmargid.

Siimbol Standard/maarus Viide Kirjeldus

ISO 7010 WO001 Uldine hoiatus

Naitab, et kasutajal tuleb lugeda kasutusjuhendist
olulist hoiatusteavet, nagu hoiatused ja
ettevaatusabindud, mida mitmesugustel pdhjustel ei
saa meditsiiniseadmel esitada.

ISO 7010 W004 Hoiatus! Laserkiir

Laserkiirguse oht. Voimalik raske silmakahjustus.
Valtige otsest silmsidet laserkiirtega.

ISO 7010 WO009 Hoiatus! Bioloogiline oht
Bioloogiline oht. Véimalik kokkupuude bioloogilise
ohuga. Kokkupuute valtimiseks jargige kaasasolevates
dokumentides toodud juhiseid.

ISO 7010 W012 Ettevaatust! Elektriloogi oht

Elektrioht. Véimalik elektril6ogi risk. Inimeste voi
seadmete kahjustamise valtimiseks jargige
kaasasolevates dokumentides toodud juhiseid.

ISO 7010 WO016 Hoiatus! Miirgine materjal

Murgistusoht. Kui kemikaalide nduetekohase
kasitsemise eeskirju ei jargita, voib tekkida raskete
tervisekahjustuste oht. Reaktiive kasitsedes kandke
kindaid ja kaitseprille.

> B> BB P

ISO 7010 WO017 Hoiatus! Kuum pind
Pdletusoht. Kuumade pindade puudutamisel vivad
tekkida poletushaavad. Valtige selle simboliga
tahistatud osade puudutamist.

ISO 7010 W021 Hoiatus! Tuleohtlik materjal

Tuleohtlik. Kui nduetekohaseid ettevaatusabindusid ei
jargita, voivad tuleohtlikud materjalid siittida.

ISO 7010 w023 Hoiatus! Soovitav aine

Soovitavast ainest tingitud keemiline oht. Kui
nduetekohaseid ettevaatusabindusid ei jargita, voib
tekkida raskete tervisekahjustuste oht. Kandke alati
kaitseriietust ja -kindaid. Piihkige mahaloksunud aine
viivitamata dra, jargides standardset laboritava.

B P
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Regulatiivsed teatised

Siimbol Standard/maarus Viide Kirjeldus

Muljumisoht. Seadme mehaaniliste osade

! ISO 7010 W024 Hoiatus! Kate muljumise oht
sulgemisliikumine voib muljuda kéasi voi muid kehaosi.
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1. Sissejuhatus

1.1 Siusteemi ulevaade

Onnitleme BOND tiisautomaatse immuunhistokeemilise (IHC) ja in situ hiibridisatsiooni (ISH)
varvimissiisteemi hankimise puhul. Oleme kindlad, et see tagab teie laboris vajaliku varvimiskvaliteedi,
labilaskevdime ja kasutuslihtsuse. Siisteemi BOND ettenédhtud kasutajad on piisava véljadppega
laboritdotajad.

Slisteem BOND vbib sisaldada mitut td6tlusmoodulit, mida koordineeritakse BOND kontrolleri kaudu. On
kaks t66tlusmooduli tiitipi — BOND-III ja BOND-MAX — mdlemad mahutavad 30 objektiklaasi. Kolme kuni
kiimnest objektiklaasist koosnevat tsiiklit saab t66delda liheaegselt, kasutades vajaduse korral erinevaid
varvimisprotokolle, nii et iga tsiiklit alustatakse pideva té6tlemise tagamiseks eraldi. Uks v&i mitu
anallusitsuklit voivad olla seadistatud kaksikvarvinguks, samas kui teine voib t66delda objektiklaase,
kasutades Leica Theranosticsi slisteemi, mis on spetsiaalselt méeldud BOND jaoks.

Tarkvara BOND muudab objektiklaaside seadistamise ja varvimise lihtsaks. Kasutage slisteemiga kaasas
olevaid hoolikalt testitud protokolle vdi looge need ise. Valige paljude BOND kasutusvalmis reaktiivide
seast vOi kasutage mis tahes muid antikehi voi proove, paaristades need erinevate kvaliteetsete BOND
tuvastussiisteemidega. Parast virtuaalsete objektiklaaside loomist tarkvaras v6i nende importimist labori
infosiisteemist (LIS) printige sildid (voi kasutage LIS-i prinditud silte), kinnitage need objektiklaasidele ja
laadige objektiklaasid seejarel tootlusmoodulisse. Siisteem BOND teeb (ilejaanu, andes piisivalt ja
usaldusvaarselt kdrge kvaliteediga varvinguid.

Siisteemi Leica Biosystems poolt pakutavad protokollid ja reaktiivitooted kuvatakse tarkvaras Leica
Microsystemsi tarnimisel.

Siisteemi BOND funktsioonide hulka kuuluvad:

o Suur joudlus

« Paindlikkus

« Ohutus

« Automaatne IHK véarving ja taustvarving

« Automaatne ISH varving ja taustvarving

« Automaatne deparafineerimine, kuumutamine ja valjavétmine
« Automaatne kaksikvarving

« Integreerimine Leica teranostiliste siisteemidega

Usume, et leiate slisteemi BOND né&ol vaartusliku tdienduse oma laborile.
Vaadake jargmisi jaotisi.
e 1.2-Abisaamine

e 1.3-Esimesed sammud
e 1.4 - Protokolli kditamine — t66vood
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1. Sissejuhatus

1.2  Abi saamine

BOND-i kasutusjuhend (kdesolev juhend) on installitud PDF-vormingus koigile kontrolleritele
(Uhekohalised) ja terminalidele (BOND-ADVANCE). See on ka siisteemiga kaasas oleval CD-I.

Help
Saate seda kasutusjuhendit vaadata, kldpsates funktsiooniribal ikooni Help (Abi) Gikskdik kummas
BOND-i tarkvara klientrakenduses.

Siisteemi BOND probleemide korral votke tihendust kohaliku Leica Biosystems-i esindajaga voi vt
www.LeicaBiosystems.com.
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1. Sissejuhatus

1.3

Siisteemi BOND uute kasutajate jaoks kirjeldatakse selles jaotises, kust leida pdhjalikku teavet toote
t6otamise kohta.

Esimesed sammud

Etapp

Kirjeldus

Juhendi jaotis

1

Paigaldamine ja kasutuselevott

Riistvara seadistamine, installitud tarkvara,
slisteemi kontrollimine.

Labiviija: Leica Biosystems-i esindaja voi
volitatud edasimiiija.

Lugege labi jaotis Ohutus

Tutvuge BOND siisteemi ohutusnduetega.

Ohutusjuhised

Tundke oma seadme riistvara

Tutvuge BOND riistvara nimede ja
kasutamisega.

2 - Riistvara

Tundke oma seadme tarkvara

Hankige lildine arusaam tarkvarast ja selle
kasutamisest.

3 - Tarkvara tilevaade (kontrolleril BOND)

Protokollide ja reaktiivide kontrollimine

Reaktiive ja protokolle vdib olla installimise
ajal seadistatud.

« Veenduge, et protokollid, mida
soovite kasutada, oleksid
seadistatud.

« Kontrollige, kas teie
uuringukeskuses on vajalikud
reaktiivid seadistatud.

7 - Protokollid (BOND-i kontrolleril)

8 - Reaktiivide haldus (kontrolleril BOND)

Protokolli kditamine
Vdaga liihikese lilevaate saamiseks.

Uksikasjalikuma (ilevaate saamiseks.

1.4 - Protokolli kaitamine — t66vood

4 - Lihitutvustus

Tapsemad

Kui vaja, hankige tarkvarast pohjalikum
Ulevaade.

5 - Olekukuvad (BOND-i kontrolleril) kuni
9 - Objektiklaaside ajalugu (BOND-i
kontrolleril)

T66 LIS-iga

Valikuline pakett voimaldab ihendust labori
infoslisteemiga.

11 - LIS-i integreerimispakett (BOND-i
kontrolleril)

BOND Siisteemi hooldamine

12 - Puhastamine ja hooldus (BOND-III ja
BOND-MAX)
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1. Sissejuhatus

1.4 Protokolli kaitamine — toovood
1.4.1  BOND-IIl ja BOND-MAX

f Reaktiivide ja objektiklaaside saastumise valtimiseks tuleb seadet kasutada

puhtas keskkonnas, mis on voimalikult tolmu- ja tahkete osakeste vaba.

Jargnevalt antakse llevaade objektiklaasi aluse varvimise standardetappidest. Erinevate suvandisatetega
on voimalikud muud té6vood.

1.4.1.1 Esialgsed kontrollid ja kaivitamine

1. Veenduge, et to6tlusmoodul oleks puhas ja kdik hooldustddd oleksid ajakohased
(12.1 - Puhastamise ja hoolduse graafik). lgapaevased tsiiklieelsed toimingud on jargmised.
i. Veenduge, et kanistrid ei oleks taidetud rohkem kui poolenisti.
ii. Veenduge, et reaktiivimahutid oleks dige reaktiiviga tdaidetud vahemalt poolenisti.

2. Kontrollige pesuplokke ja segamissélme — vajadusel puhastage v&i vahetage.

3. Veenduge, et objektiklaasi sildistajal oleks sildid ja triikilint ning see oleks sisse liilitatud.

4. Lilitage t66tlusmoodul, kontroller (ja terminal BOND-ADVANCE jaoks) sisse ja avage BOND
kliiniline klientrakendus.

1.4.1.2 Konfigureerige reaktiivid

5. Vajaduse korral looge siisteemis reaktiivid (8.2.1 - Reaktiivi lisamine v&i redigeerimine).
6. Registreerige reaktiivimahutid (8.3.3 - Reaktiivide ja reaktiivislisteemide registreerimine).

1.4.1.3 Konfigureerige protokollid

7. Vajaduse korral looge uued protokollid (7.3 - Uute protokollide loomine).

1.4.1.4 Konfigureerige objektiklaasid

8. Looge tarkvaras (6.3.3 - Juhu lisamine) juhud.

9. Looge tarkvaras (6.5.2 - Objektiklaasi loomine) objektiklaasid.

10. Printige objektiklaaside sildid ja kandke need objektiklaasidele (6.6.1 - Siltide printimine ja
objektiklaasidele rakendamine).

11. Asetage objektiklaasid ja Covertile'i katteplaadid objektiklaaside alustele (4.1.3.5 - Objektiklaaside
laadimine).
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1. Sissejuhatus

1.4.1.5 Laadige tootlusmoodul ja kaivitage tsiikkel

12. Sisestage objektiklaaside alused t66tlusmoodulisse (4.1.3.5 - Objektiklaaside laadimine).
13.Laadige tuvastussiisteem ja reaktiivialused t66tlusmoodulisse (4.1.4 - Reaktiivide laadimine).
14.Vajutage td6tlusmooduli nuppe Load/Unload (Laadi/eemalda), et objektiklaaside alused lukustada.

15.Kontrollige siisteemi oleku kuval, kas kdik objektiklaasid on tuvastatud - tuvastage automaatselt
tuvastamata objektiklaasid kasitsi (5.1.5.2 - Laaditud objektiklaaside kasitsi identifitseerimine).

16.Vaadake ja parandage hoiatuste tahistusi siisteemi oleku kuval.
17.KlISpsake nuppu (Alusta -), et tstikkel kaivitada.

1.4.1.6 Monitori tsiikkel

18. Jélgige tsiikli kulgu kuval System status (Siisteemi olek) (5.1 - Kuva Status Screen (Siisteemi
olek)) voi BOND andmelaual (3.5 - Stisteemi BOND andmelaud). Vaadake teavitused labi ja
korvaldage need.

1.4.1.7 Objektiklaaside ja reaktiivide eemaldamine

19.Kui tsiikkel on I6ppenud, eemaldage tuvastussiisteem ja reaktiivialused ning séilitage reaktiivid
(4.1.6 - Lopetamine).

Kui to6tlusmoodulit ei kasutata, eemaldage ER1 ja ER2 kanistrid ja sailitage temperatuuril +2 kuni
+8 °C (+36 kuni +46 °F). Vt ka 2.2.7 - Kanistrite lahter.

20. Vajutage t66tlusmooduli nuppe Load/Unload (Laadi/eemalda), et objektiklaasi alused lukust
vabastada ja alused eemaldada.

21.Eemaldage katted ja puhastage (12.3 - Katteplaadid Covertile).

22.Eemaldage objektiklaasid.

23.Puhastage koik lekked voi margised objektiklaaside varvimiskambritel (12.4 - Objektiklaaside
varvimiskamber), t66tlusmooduli teistel osadel voi objektiklaaside véi reaktiivide alustel.
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2.

Riistvara

See jaotis kirjeldab jargmist.

o Siisteemi BOND seadmete nimetused

« Nende seadmete funktsioonid ja nende seos slisteemiga tervikuna
« Kust leida lisateavet, nditeks seadme t66- ja hooldusprotseduuride kohta.

Uksikasjad selle kohta, kuidas komponente seadistada ja iihendada, ei sisaldu riistvara kirjeldustes, sest
slisteem peaks olema teie jaoks juba seadistatud ja testitud. Kui peate komponente asendama voi uuesti

tihendama, on (iksikasjad toodud jaotises 12 - Puhastamine ja hooldus (BOND-III ja BOND-MAX).

Vajaduse korral jagatakse teavet to6tlusmoodulite BOND-III ja BOND-MAX kohta eraldi jaotisteks, et leida
asjakohast teavet kiiremini.

Vaadake jargmisi jaotisi.

2.1 - Stisteem BOND

2.2 - Seadme BOND-IIl ja BOND-MAX t66tlusmoodulid
2.3 - BOND kontroller ja terminalid

2.4 - V6otkoodi kdsiskanner

2.5 - Objektiklaasi sildistaja

2.6 - Lisavarustus

2.7 - Seadme imberpaigutamine

2.8 - Seadme kasutuselt kdrvaldamine ja utiliseerimine

BOND 6.0 kasutusjuhend (mitte USA ja Hiina jaoks) Vers. AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022
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2. Riistvara

2.7 Susteem BOND

Siisteem BOND koosneb jargmistest pohikomponentidest.

o Uks v6i mitu t66tlusmoodulit (vt 2.2 - Seadme BOND-IIl ja BOND-MAX todtlusmoodulid)

« BOND kontroller voi BOND-ADVANCE kontroller (vt 2.3 - BOND kontroller ja terminalid)
BOND-ADVANCE paigaldistel on terminalid ja ka kontroller ning need vdivad sisaldada
sekundaarset (varu)kontrollerit

« Uks vi mitu vodtkoodi kasiskannerit (vt 2.4 - Vootkoodi kdsiskanner)

« Uks vdi mitu objektiklaasi sildiprinterit (vt 2.5 - Objektiklaasi sildistaja)

Iga uue BOND-IIl v6i BOND-MAX t66tlusmooduli tarne sisaldab jargmist.

« 4 objektiklaaside alust (vt 2.6.2.1 - Objektiklaaside alus)

o 4reaktiivialust (vt 2.6.2.2 - Reaktiivialused)

o 1 segamissdlm (vt 2.2.9 - Pesuplokk ja segamissdlm)

« 1 (BOND-MAX) voi 2 (BOND-III) kuuskantvétit siistlapumba asendamiseks
« 1 Etherneti-kaabel

Vajate ka jargmist.

« Katted (vt 2.6.2 - BOND-i universaalsed katteplaadid Covertile)

« BOND tuvastussiisteemid ja BOND kasutusvalmis reaktiivid vdi kontsentraadid ja/voi avatud
reaktiivimahutid (vt 2.6.3 - Reaktiivisiisteemid ja mahutid)

Kulutarvikute ja varuosade taielikku ja ajakohast loendit vt www.LeicaBiosystems.com.

Vt ka 3.1 - Suisteemi arhitektuur.

2.1.1 BOND-i lisatooted

BOND:-i lisatooted on loodud spetsiaalselt BOND siisteemi jaoks ja nende kasutamine aitab tagada
optimaalseid varvimistulemusi. BOND-i lisatoodete kasutamine aitab samuti hoida seadet heas
seisukorras ja véltida kahjustusi.

@ BOND siisteemil tuleb alati kasutada jargmisi tooteid, mida ei tohi kunagi asendada teiste toodetega.

Lisareaktiivid

o BOND pesulahus
« BOND Epitope Retrieval Solution (1 ja 2)
« BOND Dewax Solution
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2. Riistvara

Kulutarvikud

« BOND Plus objektiklaasid (voi klaasobjektiklaasid, mis vastavad jaotises 2.6.1 - Objektiklaasid
loetletud spetsifikatsioonidele)

« BOND:-i universaalsed katteplaadid Covertile

« BOND-i avatud kanistrid (7 ml ja 30 ml)

« BOND-i tiitrimiskanistrid ja sisemised osad (6 ml)

« BOND-i segamisviaal

« BOND:-i objektiklaaside sildid ja printerilindi komplekt
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2. Riistvara

2.2  Seadme BOND-IIl ja BOND-MAX
tootlusmoodulid

Todtlusmoodul (PM) on siisteemi BOND varvimisplatvorm. Uhes BOND siisteemis vdib olla iikskdik
milline arv t66tlusmooduleid likskdik tiitipide BOND-III ja BOND-MAX kombinatsioonis.

Toé6tlusmoodul peab olema Ghendatud maandatud toitepistikupessa ning paiknema
nii, et personal saab kergesti toitekaabli lahti ihendada ilma seadet liigutamata.

e 2.2.1-Peamised komponendid

o 2.2.2-Tootlusmooduli kdivitamine

e 2.2.3-Kaas

e 2.2.4-Pohirobot ja ID-pildistaja

e 2.2.5-0Objektiklaaside varvimiskambrid
o 2.2.6 - Esikiilg

e 2.2.7 - Kanistrite lahter

e 2.2.8-Aspireeriv sond

e 2.2.9 - Pesuplokk ja segamissdlm

o 2.2.10 - Kanistrirobotid (ainult BOND-III)
e 2.2.11-Sustlad

e 2.2.12 - Toiteliliti

o 2.2.13-Tagakllg

2.2.1 Peamised komponendid

Vt BOND-IIl ja BOND-MAX pohikomponente:

e 2.2.1.1-BOND-III
e 2.2.1.2-BOND-MAX
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2. Riistvara

2.2.1.1 BOND-III

Jargmistel fotodel ndidatakse seadme pohilisi to6tlusmooduli komponente seadmel BOND-III.

Tagakadilje kirjeldus on toodud jaotises 2.2.13 - Tagakiilg.

Seletus Seletus
1 Kaas 3 Esikiilg
2.2.3 - Kaas 2.2.6 - Esikilg
2 Pohiroboti kasi 4 Kanistrite lahter
2.2.4 - Pohirobot ja ID-pildistaja 2.2.7 - Kanistrite lahter

joonis 2-1: Eelmise (vasakul) ja praeguse (paremal) BOND-IIl t66tlusmooduli eestvaade

BOND 6.0 kasutusjuhend (mitte USA ja Hiina jaoks) Vers. AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022
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2. Riistvara

Seletus Seletus
5 Kanistrirobot 7 Siistlad
2.2.10 - Kanistrirobotid (ainult 2.2.11 - Sistlad
BOND-III)

8 Reaktiiviplatvorm

6 Objektiklaaside 2.2.6.5 - Reaktiiviplatvorm
varvimiskambrid

2.2.5 - Objektiklaaside
varvimiskambrid

joonis 2-2: Seadme BOND-III t66tlusmooduli eestvaade

18 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 kasutusjuhend (mitte USA ja Hiina jaoks) Vers. A05



2. Riistvara

Seletus Seletus
9 Aspireeriv sond 11 Toiteliiliti
2.2.8 - Aspireeriv sond 2.2.12 - Toiteldliti

10 Pesuplokk ja segamiss6lm

2.2.9 - Pesuplokk ja
segamissolm

joonis 2-3: Seadme BOND-III t&6tlusmoodul on ndidatud paremalt kiiljelt
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2. Riistvara

2.2.1.2 BOND-MAX

Jargmised fotod naitavad BOND-MAX t66tlusmooduli pdhikomponente. Naidatud on praegune mudel -
varasemad mudelid erinevad valimuselt, kuid péhikomponendid on samad.

Seletus Seletus
1 Kaas 4 Esikiilg
2.2.3-Kaas 2.2.6 - Esikiilg
2 Robotkasi 5 Kanistrite lahter
2.2.4 - Pohirobot ja ID-pildistaja 2.2.7 - Kanistrite lahter

3 Objektiklaaside
varvimiskambrid

2.2.5 - Objektiklaaside
varvimiskambrid

joonis 2-4: Seadme BOND-MAX t66tlusmooduli eestvaade
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Seletus Seletus
6 Toiteliiliti 9 Reaktiiviplatvorm
2.2.12 - Toiteldliti 2.2.6 - Esikiilg
7 Aspireeriv sond 10 Siistal (vt allpool)
2.2.8 - Aspireeriv sond 2.2.11 - Sistlad

8 Pesuplokk ja segamissolm

2.2.9 - Pesuplokk ja
segamissolm

joonis 2-5: Seadme BOND-MAX t66tlusmoodul on ndidatud paremalt kiiljelt

Tagakailje kirjeldus on toodud jaotises 2.2.13 - Tagakiilg.

joonis 2-6: Hingedega luugi taga olev siistal
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2.2.2 Tootlusmooduli kaivitamine

Kui lilitate to6tlusmooduli sisse, teeb BOND siisteem sisekontrollid, eeltdidab vedelikusiisteemi ja
liigutab robotid nende algasendisse. Pdhirobot liigub seadme vasakusse taganurka ja kolm kanistrirobotit
(BOND-III ainult) liiguvad seadme tagaossa.

Objektiklaaside varvimiskambrid kaivitatakse ja viiakse tagasi nende lukustamata asendisse. Kéivitamise
protsess peatub, kui leitakse rike voi kui moodul on olekus, mis pole té6tlemiseks sobiv.

Enne to66tlusmooduli kdivitamist kontrollige jargmist.

« Kaas on suletud

« Jaatmemahutid on vahem kui poolenisti tais

« Reagendmahutid on taidetud rohkem kui poolenisti

« Segamissdlm on paigas

« SegamissOlme viaalid on tiihjad ja puhtad

« Objektiklaaside varvimiskambrite (SSA-de) ilemised plaadid on suletud asendis.

Tootlusmooduli esikilljel olev toite margutuli muutub roheliseks ja BOND tarkvara naitab, et moodul on
Uhendatud. Kui lahtestamine on [6ppenud, ilmub t66tlusmooduli vahekaardile kolme objektiklaaside aluse
ikoon (vt 5.1.1 - Tédtlusmooduli vahekaardid). Arge proovige téétlusmoodulit kasutada enne, kui see on
taielikult lahtestatud.

2.2.3 Kaas

Kaas on t00 ajal suletud ja kaitstud blokeeringutega.

Olge instrumendi kaane sulgemisel ettevaatlik ja tagage vigastuste véltimiseks kéte
puhtus.

Pohiroboti kasutamise ajal saavad aspireeriv sond ja kanistrirobotid (ainult BOND-
1) liikuda hoiatuseta ja kiirusega, mis véib pohjustada vigastusi.

Arge (iritage seadme kaant avada, kui tsiikkel on pooleli.

Arge Uritage seadme t66d peatavatest blokeeringutest kaane avamisel médda
minna.

Votke kohe tihendust klienditoega, kui p&hirobot ja/voi kanistrirobot jatkavad
tootamist umbes 5 sekundit parast to6tlusmooduli kaane avamist.
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2.2.4  Pohirobot ja ID-pildistaja

P&hirobot paigutab aspireeriva sondi reaktiivide aspireerimiseks ja jaotamiseks. Robotkasi hoiab ID-
pildistajat, mida kasutatakse t66tlusmoodulisse laaditud objektiklaaside ja reaktiivide tuvastamiseks.

joonis 2-7: Foto pohirobotist koos noolega tahistatud ID-pildistajaga

Arge liigutage peamist robotkatt, kui tédtlusmoodul on sisse liilitatud. Robot véib
joondusest vélja minna, mille tagajérjel varvimine on halb.

Kui robotit on liigutatud: lilitage seade vilja, oodake 30 sekundit ja kdivitage uuesti.

Objektiklaaside puhul skannib siisteem BOND iga objektiklaasisildi tuvastamiseks (vt
5.1.5.1 - Automaatne objektiklaasi identifitseerimine).

« Akent ID imager (ID-pildistaja) tuleb perioodiliselt puhastada.
juhiseid vt 12.9 - ID-pildistaja.

« Kui aspireeriv sond on katki voi paindunud, vahetage see vilja vastavalt jaotises
12.6.2 - Aspireeriva sondi asendamine kirjeldatud protseduurile.
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2.2.5  Objektiklaaside varvimiskambrid

voivad olla vdga kuumad ja pohjustada tosiseid pdletusi. Laske 20 minutit parast

f Valtige kokkupuudet objektiklaaside varvimiskambrite ja nende Gimbristega. Need
100 I6petamist objektiklaasi varvimiskambritel ja nende imbristel jahtuda.

Potentsiaalselt ohtlikud reaktiivid voivad koguneda objektiklaaside
= varvimiskambrite imber ja saastada objektiklaaside aluseid. Objektiklaaside aluste

[
0

= kasitsemisel kandke alati heakskiidetud kaitseriietust ja -kindaid.

- -

Objektiklaase to0deldakse objektiklaaside varvimiskambrites. Iga to66tlusmoodul sisaldab kolme
objektiklaaside varvimiskambrit.

Tsiikli alustamiseks sisestab operaator objektiklaaside aluse labi esikiilje (kirjeldatud jaotises

2.2.6 - Esikiilg), seejarel vajutab laadimisnuppu. Siisteem BOND jaddvustab objektiklaaside pildid. Kui
objektiklaasid thilduvad (vt 6.9 - Objektiklaaside tihilduvus) ja kdik reaktiivid on olemas, saab kasutaja
tsiiklit alustada. Lisateavet objektiklaaside andmete sisestamise ja objektikaalside laadimise kohta vt
6 - Objektiklaasi seadistamine (BOND-i kontrolleril).

Todtlemise ajal lukustab BOND siisteem objektiklaasid objektiklaaside varvimiskambrisse. Arge proovige
objektiklaaside alust eemaldada, kui siisteem BOND objektiklaase t66tleb — loobuge kdigepealt tsiiklist,

kldpsates B aiuse all valikut kuval System status (Siisteemi olek) (vt 5.1.7 - Tsiikli kdivitamine voi
peatamine) ja avades siis lukustusest objektiklaaside varvimiskambri.

Objektiklaaside varvimiskambri puhastamise ja korraparase hoolduse kohta vt 12.4 - Objektiklaaside
varvimiskamber.
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2.2.5.1 Objektiklaaside varvimiskambri soojendid

Soojendid ja soojendusega pinnad t66tlusmoodulil voivad olla tuleohtlikud.
& « Arge asetage tuleohtlikke materjale soojenditele ega nende ldhedusse.
« Arge asetage tuleohtlikke materjale t66tlusmooduli kuumadele pindadele.

« Veenduge, et kdik kanistrite korgid oleksid parast taitmist voi tiihjendamist
korralikult suletud.

Moned to6tlusmoodulites BOND-III ja BOND-MAX kasutatavad reaktiivid on
& tuleohtlikud.

« Arge asetage lahtist tuld ega siiiiteallikat td6tlusmoodulite Idhedusse.

« Veenduge, et kdik kanistrite korgid oleksid parast taitmist voi tiihjendamist
korralikult suletud.

Seadmetel BOND-III ja BOND-MAX on soojendi igas objektiklaasi positsioonis. Kdiki neid elemente
jalgitakse eraldi ja need margitakse temperatuurivea tekkimisel kahjustatuna (vt joonis 2-8). Kui soojendi
margitakse kahjustatuks, votke Gihendust klienditoega.

o

joonis 2-8: Uksiku soojendi viga

Arge piitidke td6delda objektiklaasi, mis nduab soojendamist kahjustatud soojendi positsioonis. Kui
soojendil tekib tstikli ajal rike, ei pruugita selles positsioonis olevat objektiklaasi 6igesti toodelda.

Kui soojendi rike on potentsiaalne ohutusrisk, lilitab té6tlusmoodul vélja kdik objektiklaaside soojendid,
sh parajasti toodeldava objektiklaasi soojendi.

= 2 =
= =2 =
3 = =5

joonis 2-9: Hallid soojendisiimbolid kdikides positsioonides tahistavad taielikku soojenduse
valjalilitamist

Kui objektiklaasi soojendus on vélja lilitatud, peate t66tlusmooduli vélja lllitama ja taaskaivitama, et
soojendus lukustusest vabastada. Voite jatkata objektiklaaside kasutamist kahjustatud soojenditega, kui
seal toodeldavad objektiklaasid ei vaja soojendamist.
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2.2.6  Esikilg

Allolevatel joonistel on kujutatud seadme BOND-IIl ja BOND-MAX esikiilg. Nummerdatud tiksused on
loetletud allpool joonis 2-11.

BOND-11I

Seletus Seletus

1 Esikiilg 4 Reaktiiviplatvorm
2.2.6.1 - Toite margutuli 2.2.6.5 - Reaktiiviplatvorm

2 Objektiklaasialuse lahter 5 Reaktiivialuse margutuli
2.2.6.2 - Objektiklaasialuse 2.2 6.6 - Reaktiivialuse
lahter margutuli

3 Objektiklaasialuse margutuli 6 Laadimise/eemaldamise nupp
2.2.6.3 - Objektiklaaside aluse 2.2.6.4 - Laadimise/eemaldami
margutuli se nupp

joonis 2-10: Seadme BOND-III esikiilg
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)]

Seletus Seletus

1 Esikiilg 4 Reaktiiviplatvorm
2.2.6.1 - Toite mérgutuli 2.2.6.5 - Reaktiiviplatvorm

2 Objektiklaasialuse lahter 5 Reaktiivialuse margutuli
2.2.6.2 - Objektiklaasialuse 2.2 6.6 - Reaktiivialuse
lahter margutuli

3 Objektiklaasialuse margutuli 6 Laadimise/eemaldamise nupp
2.2.6.3 - Objektiklaaside aluse 2.2.6.4 - Laadimise/eemaldami
margutuli se nupp

joonis 2-11: Seadme BOND-MAX esikiilg

2.2.6.1 Toite margutuli
See toimib jargmiselt.

« Viljas — toide puudub
« Sinine (praegune mudel) vdi Oranz (eelmised mudelid) - sissellitatud, kuid t66tlusmooduli
tarkvara pole veel kaivitatud

« Roheline - sisseliilitatud, slisteem t6otab.

joonis 2-12: Toite margutule varvid (sinine, roheline) seadmel BOND-MAX

2.2.6.2 Objektiklaasialuse lahter

Objektiklaasialuste sisestamiseks on kolm ava (igale varvimiskambrile tiks). Kui objektiklaasialus on
sisestatud, vajutage nuppu Load/Unload (Laadi/eemalda) selle lukustamiseks varvimiskambrisse. Kui
alus on lukustatud, liigutab robotkasi ID-pildistaja alusel olevate objektiklaaside kohale, et objektiklaasid
automaatselt tuvastada.
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2.2.6.3 Objektiklaaside aluse margutuli

Esikiiljel iga objektiklaaside varvimiskambri all olevad mitmevarvilised méargutuled néitavad
objektiklaaside aluse olekut. Seadmetel BOND-MAX on objektiklaaside aluse margutuled integreeritud
Load/Unload (Laadi/eemalda) nuppudesse. Nende seadmete mérgutuli muutub moneks sekundiks
siniseks, kui te seda vajutate.

Objektiklaaside varvimiskambri varvilised margutuled on jargmised.

Viljas — objektiklaaside alust ei ole kohal voi objektiklaaside alus on lukust avatud.
Piisivalt oranz — alus on laaditud ja lukustatud, kuid t66tlemist pole alustatud.
Aluse saab ohutult lukust avada ja eemaldada nupuga Laadi/eemalda.

Piisivalt punane — alust té6deldakse.
Alus on lukustatud ja seda ei saa eemaldada nupuga Laadi/eemalda. Eemaldamiseks peate esmalt
tarkvaras tsikli tihistama.

Vilkuv roheline — t66tlemine on I6ppenud ilma teavitusteta. Vabastage lukust, kasutades
laadimise/eemaldamise nuppu.

Vilkuv punane - tsiikkel on tagasi liikatud v&i tootlemine on I6ppenud teavitustega. Vabastage
lukust, kasutades laadimise/eemaldamise nuppu.

joonis 2-13: Objektiklaaside aluse margutulede vérvid (oranz, punane, roheline) BOND-MAX seadmel

2.2.6.4 Laadimise/eemaldamise nupp

Nupu Load/Unload (Laadi/eemalda) vajutamine teeb jargmist.

Kui alust ei ole laaditud, ei juhtu midagi.

Kui alus on laaditud ja ei ole lukustatud, lukustab BOND-III v6i BOND-MAX aluse ja kui robotkasi on
saadaval, tuvastab ID-pildistaja objektiklaasi ID.

Kui alus on lukustatud ja tstikkel ei ole alanud, siis BOND-IIl v6i BOND-MAX avab aluse lukustusest.
Kui alus on lukustatud ja tsikkel on I6petatud, siis BOND-IIl ja BOND-MAX avab aluse lukustusest.

Kui alus on lukustatud ja tsiikkel on pooleli, ei ole nupul Load/Unload (Laadi/eemalda) m&ju. Alust
ei saa lukustusest avada enne, kui seda alust kasutav tsiikkel on I6petatud voi katkestatud.

Kui objektiklaasi varvimiskamber on kuum, ei saa te alust lukustada ega lukust avada — oodake, kuni
seade on jahtunud.

2.2.6.5 Reaktiiviplatvorm

Siia paigutatakse reaktiivialused, mis sisaldavad tuvastamissiisteeme, 7 ml ja 30 ml reaktiivimahuteid
ja/vdi 6 ml tiitrimismahuteid. Iga alus vdib sisaldada kuni Gheksat reaktiivi ja reaktiiviplatvorm nelja
reaktiivialust.
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Reaktiivialuse laadimiseks libistage alus platvormile ja lukustusmehhanismile (vt 4.1.4 - Reaktiivide
laadimine). Kui robotké&si on saadaval, tuvastab BOND siisteem reaktiivi igas reaktiivi positsioonis.

2.2.6.6 Reaktiivialuse margutuli

Iga aluse positsiooni all on kahevarviline margutuli, mis toimib jargmiselt.

« Viljas — alust ei tuvastatud.

Kui alus on sisestatud ja margutuli on véljas, kontrollige, kas alus on digesti sisestatud.
« Piisivalt punane - alusel olev reaktiiv on vajalik jargmise kahe minuti jooksul.

Alus on lukustatud ja seda ei saa eemaldada.

« Piisivalt roheline - jargmise kahe minuti jooksul ei ole lihtegi sellel alusel olevat reaktiivi vaja.
Alus on lukustusest avatud ja selle voib ajutiselt eemaldada.

joonis 2-14: Reaktiivialuse méargutule varvid (punane, roheline) BOND-MAX seadmel

2.2.7 Kanistrite lahter

Reaktiivi- ja jadatmemahutid asuvab esikdilje all nii seadmel BOND-III kui ka BOND-MAX. Seadmel on BOND-
MAX ka véline mahuti tavajaatmete jaoks.

Juhiseid kanistrite taitmiseks, tiihjendamiseks ja hooldamiseks vt 12.2 - Kanistrid.

Seadme nduetekohase t66 tagamiseks asetage reaktiivimahutid digesse pesasse
lahtris, nagu on naidatud varvikoodiga nimesildil.
Seadme BOND-IIl kohta vt joonis 2-15; seadme BOND-MAX kohta vt joonis 2-17.

Vastasel korral voib varvimine halveneda.

Mdned seadme BOND-IIl ja BOND-MAX t66tlusmoodulites kasutatavad reaktiivid on
A@ tuleohtlikud.

« Arge asetage lahtist tuld ega siiiiteallikat tédtlusmoodulite ldhedusse.

« Veenduge, et kdik kansitrite korgid on parast taitmist voi tlihjendamist
korralikult suletud.

e 2.2.7.1-BOND-llI
e 2.2.7.2-BOND-MAX

2.2.7.1 BOND-III

Eelmisel BOND-III on kaks labipaistvat luuki, mis véimaldavad lihtsat juurdepaasu kaigile kanistritele.
Hoidke avamisel siini luukide tlaosas.
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Koik objektiklaaside varvimiskambrite jadtmed saadetakse ohtlike jaatmete konteinerisse. Pesuplokist
tulevad jadtmed saadetakse tavalistesse vdi ohtlike jaatmete mahutitesse sdltuvalt reaktiivi olekust
jaatmetes (oeate masdrama loodavad reaktiivid ohtlikuks, kui see on asjakohane — vt 8.2.1 - Reaktiivi
lisamine v&i redigeerimine).

Pohiaine reaktiivide ja jaatmekonteinerite kaaluandurid hoiatavad kasutajat, kui reaktiivitase on madal voi
jaatmetase liiga korge. Iga kanistri olekut naitab visuaalselt Kanistrite valgustussiisteem (BOND-III) |k 32.
Pange tahele, et see slisteem ei sobi eelmise BOND; selle asemel vdite kasutada ekraanil kuvatavaid
ikoone (vt 5.1.3.6 - Kanistri olek).

Siisteemil BOND-III on ruumi jargmiste kanistrite jaoks riiulitel, mis on naidatud joonisel joonis 2-15
vasakult paremale:

Solm Kanister Asukoht | Suurus Varvus Reaktiiv
L
8 ER1 Ulemine 2 Lilla BOND Epitope Retrieval
riiul Solution 1*
9 ER2 2 Helelilla BOND Epitope Retrieval
Solution 2*
1 Vahaeemalduslahus Alumine 5 Punane BOND Dewax Solution*
2 Deioniseeritud vesi riiul 5 Sinine Deioniseeritud vesi
3 Pesupuhver 5 Roheline BOND Pesulahus*
4 Alkohol 5 Oranz Alkohol (reaktiiviklass)
5 Pohiaine jaatmed 5 Hall Tavajaatmed
6 Pohiaine jaatmed 5 Hall Tavajaatmed
7 Ohtlikud jaatmed 5 Pruun Ohtlikud jaatmed

* Kasutage ainult BOND-i reaktiive — @rge asendage alternatiivsete toodetega.
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Kui teie labor ei kasuta epitoobi taastamist ja/vdi vahaeemalduse reaktiivimahutit, saab need haldus-
klientrakenduses keelata — vt 10.6.1.7 - Reaktiivikanistrite blokeerimine.

v
@ ‘;",
BOND
<

Epitope
Retrieval 2

Epitope
Retrieval 1

Veenduge, et
kanistri sildi varv ja
: prinditud kirjeldus
vastaksid seadme
lahtri sildile, mis

- Y] P e—— asub vahetult

o e kanistri all.

joonis 2-15: BOND-III reaktiivimahutid oma kohal
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Kanistrite valgustussiisteem (BOND-IIl)

BOND-III to6tlusmoodulid on varustatud kanistri valgustussiisteemiga, nagu on néidatud joonisel joonis 2-
16 allpool.

joonis 2-16: Kanistrite valgustussiisteem

Kanistrite valgustussiisteem aitab teil ndha vedeliku taset igas mahutis ja tuled on normaalse t66 ajal
pusivalt valget varvi.

Tuled naitavad ka iga kanistri hetkeolekut.

« Kui kanister on peaaegu tihi voi kui jaatmemahuti on peaaegu téis, hakkab selle valge tuli vilkuma.

« Kui kanister on tiihi vdi jadtmemahuti on tais ja see mojutab praegust tsiiklit, hakkab selle
valgustus punaselt vilkuma.

« Kui kanister on eemaldatud, lulitub selle taustvalgustus vélja ja selle sildivalgustus seadme lahtris
hakkab valgelt vilkuma.

Kanistri valgustussiisteem t66tab ainult tarkvaraga BOND 6.0 vdi uuemaga.

Lisateavet selle kohta, kuidas kanistreid kuval System status (Siisteemi olek), vt 5.1.3.6 - Kanistri olek.

2.2.7.2 BOND-MAX

BOND-MAX on varustatud allapoole avaneva luugiga, et saada juurdepéaas kanistritele. Luugil on
labipaistev paneel, mis véimaldab vaadata reaktiivitasemeid kanistrites (mis on ka lébipaistvad).

Luuki hoiavad magnetsulgurid. Luugi avamiseks eelmistel seadmetel (kdepidemeta) tdmmake luugi
mdlema killje lilaosast.

Kanistri lahtriluuk peab varvimistsiklite ajal jaama suletuks. Kui luuk on avatud, ilmub siisteemi
olekukuvale marguanne (vt 5.1.2 - Riistvara olek) ja kdik kdimasolevad tsiiklid voivad peatuda.
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Seadmest tulevad jaatmed saadetakse tavalistesse vdi ohtlike jadgtmete mahutitesse soltuvalt reaktiivi
olekust jadtmetes (oeate masdrama loodavad reaktiivid ohtlikuks, kui see on asjakohane - vt
8.2.1 - Reaktiivi lisamine voi redigeerimine).

BOND-MAX pdhiaine reaktiivimahutitel on vedelikutaseme andurid, mis hoiatavad madala reaktiivitaseme
korral; jadtmemahutitel on samuti vedelikutaseme andurid, mis hoiatavad liiga kérge taseme korral.
Taitmise ja tiihjendamise juhiseid vt 12.2 - Kanistrid.

BOND-MAX omab ruumi jargmiste kanistrite jaoks, vasakult paremale:

Solm Kanister Suurus Varvus | Reaktiiv
(L)
1 Ohtlikud jaatmed 2 Pruun Ohtlikud jaatmed
2 ER1 1 Lilla BOND Epitope Retrieval Solution 1*
3 ER2 1 Helelilla BOND Epitope Retrieval Solution 2*
4 Deparafineerimislahus 2 Punane BOND Dewax Solution*
5 Deioniseeritud vesi 2 Sinine Deioniseeritud vesi
6 Pesupuhver 2 Roheline BOND Pesulahus*
7 Alkohol 2 Oranz Alkohol (reaktiiviklass)

*Kasutage ainult BOND reaktiive — drge asendage alternatiivsete toodetega.

Epitoopide toomise ja/v6i vahaeemalduse reaktiivimahutid saab seadmest eemaldada, kui neid ei
kasutata — vt 10.6.1.1 - Reaktiivikanistrite blokeerimine.

Veenduge, et kanistri sildi varv ja prinditud kirjeldus vastaksid seadme lahtri sildile, mis asub vahetult
kanistri all.

joonis 2-17: BOND-MAX pohiainereaktiivid diges asendis
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ooooo

Seadmega BOND-MAX on kaasas 9-liitrine véline standardne jaatmemahuti.

Kaasasoleval mahutil on kaks korki — (iks litmike jaoks ja teine jadtmete tiihjendamiseks. Arge kunagi
eemaldage selle mahuti liitmikukorki.

joonis 2-18: BOND-MAX viline jaatmemahuti

Vedelikuvoolik Gihendatakse to6tlusmooduli tagakaane alumises paremas nurgas oleva tdukeliitmikuga.
Vedelikutaseme andur Gihendatakse kolmekontaktilise liitmikuga katte ilemises vasakus nurgas (vt joonis
2-26).

Vilise mahuti tiihjendamise ja hooldamise juhiseid vt 12.2.4 - Viline jadtmekanister (ainult BOND-MAX).

ohtlikud. Enne jatkamist veenduge, et olete labinud selleks protseduuriks piisava

| Mdned immunohistokeemilises ja in situ hiibridisatsioonis kasutatavad reaktiivid on
Q koolituse:

a. Reaktiive kasitsedes voi seadet puhastades kandke lateks- voi nitriilkindaid,
kaitseprille ja muud sobivat kaitseriietust.

b. Kasitsege reaktiive ja kondensaati ning kdrvaldage need vastavalt kdikidele
asjakohastele protseduuridele ja riiklikele eeskirjadele, mis laboris kehtivad.

Moned BOND-IIl ja BOND-MAX t66tlusmoodulites kasutatavad reaktiivid on
tuleohtlikud.

« Arge asetage lahtit tuld ega siiiiteallikat té6tlusmoodulite Idhedusse.

« Veenduge, et kdik mahutite lahtised korgid oleksid péarast taitmist voi
tlihjendamist korralikult suletud.

Enne vélise jadtmemahuti tiihjendamist ihendage alati lahti andur ja
vedelikuiihendused (antud jarjekorras). Arge kallake vedelikku mahutist vélja, kui
kaabel ja toru on endiselt ihendatud.

>
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2.2.8  Aspireeriv sond

Aspireeriv sond aspireerib kanistritest reaktiive, viib reaktiivid objektiklaaside varvimiskambrites olevatele
objektiklaasidele ja segab segamiss6lmes kromogeene. Sisaldab vedelikutaseme andurit reaktiivi taseme

tuvastamiseks (vt 8.3.1 - Reaktiivi koguse maaramine).

7N

ff
”d

joonis 2-19: Robotkae aspireeriv sond

Igas kanistris on jadkmaht, milleni sond ei ulatu. Seda mahtu nimetatakse ,tiihimahuks”. Tihimaht on iga
kanistritiitibi puhul erinev (vt tiihimahu vaartusi jaotisest 18.5 - To6tamine peatiikis 18 - Tehnilised
andmed).

Aspireeriva sondi hooldusjuhiseid vt 12.6 - Aspireeriv sond.
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2.2.9  Pesuplokk ja segamissdlm

— ] OO0 —

joonis 2-20: Pesuplokk koos segamissdlmega
Pesemisala on vasakul (nr 1) ja segamisslm paremal (nr 2)

Vasakpoolsel pesualal on vaikesed augud aspireeriva sondi pesemiseks.

Pesuploki parempoolses osas on segamiss6lm, mis koosneb kuuest anumast. Need on liihikese elueaga
reaktiivide segamisviaalid, mida tuleb vahetult enne kasutamist segada. Reaktiivide segamise maéarab
tarkvara soltuvalt reaktiivi tiilibist.

BOND-i tarkvara jalgib segamissdlme olekut ja ei kdivita sisteeme BOND-IIl v6i BOND-MAX, kui sdlme
olek on muu kui puhas ja tihi (vt 5.1.2 - Riistvara olek). Kui kdivitamise ajal teavitatakse, et segamissélm
on maardunud voi selles on vedelikku, veenduge enne teavituse dialoogis OK klopsamist, et pesa oleks
puhas ja tlihi. Kui jatkate maardunud ja/vdi mittetiihja segamissdlmega, voivad reaktiivid saastuda voi
segamisviaalid vdivad iile voolata.

Veenduge alati, et segamissdlm on olemas — t66tlusmoodul ei kdivitu ilma selleta. Kdivitamise ajal
skannib BOND siisteem segamiss6lme sildi, et kontrollida s6lme olemasolu. Kui BOND-i tarkvara ei suuda
seda ID-d tuvastada, kuvatakse teade segamissdlme olemasolu kohta.

Segamissdlme hooldusjuhiseid vt 12.7 - Pesuplokk ja segamissaolm.
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2.2.10 Kanistrirobotid (ainult BOND-III)

joonis 2-21: BOND-i kanistrirobot (1) liigub modda juhtsiini (2) igal objektiklaaside varvimiskambril

Kui pdhirobot ja/véi kanistrirobot jatkab to6tamist rohkem kui 5 sekundit parast
t66tlusmooduli kaane avamist, votke kohe tihendust klienditoega.

BOND seadmel on kolm kanistrirobotit, mis liiguvad igal objektiklaaside varvimiskambril médda juhtsiini
ja jaotavad reaktiivid kdigile objektiklaasidele. Robotid edastavad reaktiive ainult kanistritest, samal ajal
kui aspireeriv sond edastab reaktiive reaktiiviplatvormi mahutitest ja osadest kanistritest. Igal
kanistrirobotil on pesuplokk, mis loputab ja puhastab oma jaotussondi.

2.2.10.1 Kanistriroboti kasitsi algasendisse viimine

Kui kanistrirobot |dpetab to6tamise ja asub piki objektiklaaside varvimiskambrit, vajutage nuppu
Load/Unload (Laadi/eemalda), et see algasendisse tagasi viia. Kui see jaab objektiklaaside
varvimiskambrisse, tehke jargmised toimingud, et viia see kasitsi algasendisse ja taastada objektiklaasid
objektiklaaside varvimiskambris.

1. Veenduge, et to6tlusmoodul oleks joudeolekus ja et tsiikleid poleks planeeritud ega labi viidud,
seejarel liilitage see vilja.

2. Tostke kanistrirobotil olevat jaotusplokki ettevaatlikult (vt joonis 2-22), kuni sond puhastab lilemise
plaadi.

3. Liikake robot médda siini objektiklaaside varvimiskambri taha. Kasutage aeglast ja stabiilset
liikumist — arge liikake liiga kiiresti.

0 Liikake, kuni robot on tlemise plaadi siinist veidi eemal — @rge liikake seda tagasi nii kaugele kui
voimalik.
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joonis 2-22: Tdstke naidatud jaotusplokk lles ja liikake kanistrirobotit mooda objektiklaaside
varvimiskambri juhtsiini

4. Kuirobot on iilemisest plaadist eemal, sulgege kaas ja liilitage t66tlusmoodul uuesti sisse.
Objektiklaaside varvimiskamber peaks kaivitumisprotseduuri kaigus lukustusest vabanema.
Kui objektiklaaside varvimiskamber ei avane, vt 12.4.1 - Objektiklaasi varvimiskambri lukustusest
avamine kasitsi, et saada juhiseid objektiklaaside aluste véljavétmise kohta kohta.

5. Votke objektiklaaside alus ja objektiklaasid vélja.
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2.2.11 Sistlad

Siistlad aspireerivad ja jaotavad siisteemi BOND poolt ndutavaid tapseid reaktiivivedeliku koguseid.
Siistla hooldamise juhiseid vt 12.13 - Siistlad.

(BOND-III) paigaldatud. Kui siistal v6i sustlaliitmik lahti tulevad, vGib surve all olev

f Tavakasutuse ajal veenduge, et siistla luuk oleks suletud (BOND-MAX) ja siistla kate
reaktiiv siistlast vélja pritsida.

2.2.11.1 BOND-III

Seadmel BOND-III on neli sistlapumpa esikiilje all. Esimest kolme stistlapumpa, vasakult paremale,
kasutavad SSA1, SSA2 ja SSA3 kanistrirobotid. Neljandat, pohilist siistlapumpa kasutab aspireeriv sond.

c : ) 3 3 » &
Y BN W s A W SEmas WY e

joonis 2-23: BOND siistlad

oleks taielikult suletud (vt 12.4.1 - Objektiklaasi varvimiskambri lukustusest avamine

2 Veenduge enne tsikli alustamist vai tootlusmooduli [ahtestamist, et siistlamoodul
kasitsi). Vastasel juhul vGivad siistlad kasutamise ajal kahjustuda.

2.2.11.2 BOND-MAX

Seadmel BOND-MAX on (iks siistlapump, mis asub seadme parempoolses osas. See on 9 avaga
siistlaklapp (liks ava ei ole kasutusel), millel on kruvitav siistlatoru ja vdike klamber.

joonis 2-24: BOND-MAX 9 avaga siistal
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Sistlaploki seisukorra kontrollimiseks avage luuk, vajutades luugi eesosas olevat imarat sakiki.

Kandke alati kaitseriietust ja -kindaid.

=
=

i

- -

Kontrollige kaivitamise ajal regulaarselt ja vahetage vajaduse voi viiba kuvamise korral vélja — vt
12.13 - Siistlad.

2.2.12 Toiteldliti

See on (ksik kiikldliti, mis asub to6tlusmooduli paremal kiiljel. Seda kasutatakse t66tlusmooduli sisse- ja
véljalllitamiseks.

« Toiteldliti asukohta seadmel BOND-III vt joonis 2-3.
« Toitellliti asukohta seadmel BOND-MAX vt joonis 2-5.
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2.2.13 Tagakllg

Arge eemaldage to6tlusmooduli katteid ega Uritage ligi paaseda sisemistele
komponentidele. BOND té6tlusmoodulis on ohtlikke pingeid ja neid toiminguid

peaksid tegema ainult Leica Biosystems poolt heakskiidetud kvalifitseeritud

hooldustehnikud.

2.2.13.1 BOND-III

joonis 2-25 kujutab BOND t66tlusmooduli tagumist katet.

)

s s 4
Ll e |
[
@ |1
o
I
1 - ‘
i
-H
|
— N 3
Seletus Seletus
1 Kaitseliilitid 3 Vorgutoite Ghendus

2 Sulavkaitsmed 4 Etherneti ihendus

joonis 2-25: BOND tagakiilg

Kaitsmete vahetamise juhiseid vt 12.14 - Toiteallika kaitsmed.

Arge kasutage seadme BOND-III tdstmiseks kahte musta kdepidet seadme
tagakailjel.
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2.2.13.2 BOND-MAX

joonis 2-26 kujutab BOND-MAX t66tlusmooduli tagumist katet. (Pange tahele, et varasematel seadme
mudelitel on ainult (iks toiteploki ventilaator.)

N
 m—
-

3
1 4
N T
2 5
Seletus Seletus

1 Kaitselilitid 5 External Waste Connection
(véline jaatmelihendus) -

2 Toiteploki ventilaatorid ) ;

. voolikute jaoks (vt
3 Sulavkaitsmed 12.2.4 - Viline jaatmekanister
4 Vorgutoite iihendus (ainult BOND-MAX))

6 Viline jadtmelihendus -
vedelikutaseme anduri jaoks
(vt 12.2.4 - Véline
jaatmekanister (ainult BOND-
MAX))

7 Etherneti Ghendus

joonis 2-26: BOND-MAX tagakiilg

Kaitsmete vahetamise juhiseid vt 12.14 - Toiteallika kaitsmed.
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2.2.13.3 Tootlusmooduli lahtiiihendamine

Seadme BOND-III v6i BOND-MAX t66tlusmooduli toiteallikast lahutamiseks toimige jargmiselt.

1. Lilitage toide to6tlusmooduli paremal kiiljel asuva liiliti abil valja.

2. Jalgige to6tlusmooduli toitekaabli Gihendust (iksus 3 in joonis 2-25 ja liksus 4 injoonis 2-26)
seinani. Eemaldage toitepistik seinakontaktist.

3. Eemaldage pistik to6tlusmooduli tagakaiiljelt lahti.

2.3 BOND kontroller ja terminalid

Kdik BOND siisteemid sisaldavad BOND kontrollerit, kus toimub kogu tarkvara tédtlemine. Uhekohalises
paigaldises (vt 3.1.1 - Uhekohaline konfiguratsioon) kasutatakse klienttarkvara kaitamiseks tihte
klaviatuuri, hiire ja monitoriga kontrollerit. Uhekohalised paigaldised sobivad viie vdi vahema
to6tlusmooduli kaitamiseks.

Laborites, millel on BOND-ADVANCE paigaldised (vt 3.1.2 - BOND-ADVANCE), millel on rohkem kui viis
tootlusmoodaulit, on lisaks ka BOND terminalid. Nendes paigaldisestes toimub enamik kasutaja suhtlusest
BOND tarkvaraga terminalides, millest igaiiks saab juhtida kdiki to6tlusmooduleid. Samuti on vdimalik
juhtida samu t66tlusmooduleid rohkem kui Ghest terminalist.

BOND kontroller jatkab kogu tarkvara t66tlemist. BOND-ADVANCE seadmete kontrolleritel on kérgemad
spetsifikatsioonid kui need, mida kasutatakse ihekohaliste paigaldiste puhul, ning need sisaldavad
mitmetasemelist lilasust, et tagada suureparane tookindlus.

Mé&ned BOND-ADVANCE paigaldised hélmavad sekundaarset (varu)kontrollerit. See kontroller salvestab
kdik protsessid primaarsesse kontrollerisse ja selle saab liilitada sisse, kui primaarsel kontrolleril esineb
tootorkeid. Ideaalis ei tohiks sekundaarsed kontrollerid asuda primaarse kontrolleri [aheduses, et
vahendada tdendosust, et mdélemad kontrollerid saavad kahjustada lokaliseeritud siindmuse tottu.

Objektiklaasi sildi printer ja voéotkoodi kdsiskanner on tihendatud kontrolleriga Gihekohaliste paigaldiste
korral vdi iga terminaliga BOND-ADVANCE paigaldiste korral.

optimaalseks juhtimiseks. Siisteemi juhtimise viivituste voi hairete valtimiseks

2 BOND Kontrolleri operatsioonisiisteem ja tarkvara on loodud BOND siisteemi
arge installige BOND kontrollerisse ega terminali tdiendavat tarkvara.
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2.4 Vootkoodi kasiskanner

joonis 2-27: Vootkoodi kasiskanner

USB vootkoodi késiskannerid on ihendatud kontrolleri ((ihekohalised paigaldised) voi terminalide
(BOND-ADVANCE paigaldised) kiilge. Neid kasutatakse reaktiivide registreerimiseks ja neid saab
kasutada ka objektiklaaside tuvastamiseks, kui kasutatakse 1D- v6i 2D-vd6tkoodi ID-sid (vt

6.5.6 - Objektiklaasi kéasitsi identifitseerimine).

Kui stisteemi BOND uuendati varasemalt versioonilt, saate jatkata olemasoleva voétkoodiskanneri
kasutamist. Kuid see varasem mudel ei toeta 2D-vd6tkoode.

Kui slisteem BOND on paigaldatud, peab vootkoodi kdsiskanner olema paigaldatud ja tookorras. Hooldus-
ja konfigureerimisjuhiseid vt 13.1 - Kdeshoitavad vootkoodiskannerid.

2.4.1 Vootkoodi kasiskanneri kasutamine

Varasem Symboli vootkoodiskanner tekitab laservalgust, hilisem Honeywelli vé6tkoodiskanner aga LED-
valgust. Pange tahele laseri ohuhoiatust allpool.

Laserikiirguse oht. Vdimalik raske silmakahjustus. Viltige otsest silmsidet
laserikiirtega.

Vootkoodi lugemiseks suunake skanner selle poole ja vajutage liilitit. Joondage nii, et punane joon ulatub
vootkoodi kogupikkuseni. Vootkoodi tuvastamisel teeb skanner piiksu ja margutuli muutub roheliseks. Kui
vootkoodi ei tuvastata, teeb skanner piiksu ja margutuli muutub punaseks.

Arge hoidke vodtkoode skannerile liiga lahedal. Kui skanner védtkoodi ei tuvasta, proovige seda
kaugemale liigutada.

Kui skanner on paigutatud alusele, on see vabakaekasutuses ja vootkoodi lugemisel ei ole vaja liilitit
vajutada.
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2.5 Objektiklaasi sildistaja

Uhekohalised BOND siisteemid sisaldavad iiht objektiklaasi sildiprinterit (objektiklaasi sildistajat), mis on
tihendatud kontrolleriga. BOND-ADVANCE paigaldamisel on iga terminaliga Gihendatud eraldi objektiklaasi
sildistaja.

Objektiklaaside sildistajad prindivad kleebised, et kinnitada need identifitseerimiseks objektiklaasidele.
Koik sildid sisaldavad ainulaadset objektiklaasi ID-d, mis on renderdatud kas vodtkoodina voi
tédhtnumobrilise koodina (vt 10.5.2 - Juhu ja objektiklaasi satted). BOND kasutab ID-sid objektiklaaside
to6tlusmoodulitesse laadimisel automaatseks tuvastamiseks. Saate konfigureerida muu teabe ja ID-d
ilmuma siltidele — vt 10.3 - Sildid .

Mones laboris kasutatakse LIS-ist prinditud objektiklaaside silte, kuid siiski on nendes siiteemides BOND
objektiklaasi sildistaja on iga objektiklaasi jaoks, mis on loodud BOND kliinilise klientrakendusega.

Objektiklaaside sildistajad on paigaldatud standardse BOND paigalduse osana. Kui lisate voi asendate
objektiklaaside sildistaja, konfigureerige see haldus-klientrakenduse kuval Hardware (Riistvara) (vt
10.6.3 - Objektiklaasi sildistajad). Kasutage sildi ja lindi vahetamise ning puhastamise kohta teabe
saamiseks sildistajaga kaasas olevaid dokumente.

Kasutage ainult BOND objektiklaasisilte ja triikilinti. Need sildid jaddvad to6tlemise
ajal kinnitatuks ja loetavaksBOND-IIl BOND-MAX.

2.6 Lisavarustus

Selles jaotises kirjeldatakse siisteemiga BOND koos kasutatavat lisavarustust.

e 2.6.1-Objektiklaasid
o 2.6.2-BOND-i universaalsed katteplaadid Covertile
e 2.6.3 - Reaktiivisiisteemid ja mahutid

2.6.1 Objektiklaasid

Kasutage too6tlusmoodulites BOND-III ja BOND-MAX ainult 6ige suurusega objektiklaase. Vale suurusega
objektiklaasid ei pruugi objektiklaaside alustel korralikult istuda ja Covertile'i katteplaadid ei pruugi digesti
nende peal istuda. Mdlemad asjaolud vdivad mdéjutada varvimiskvaliteeti.

Leica Biosystems soovitab stisteemis BOND kasutamiseks ette ndhtud Leica BOND Plus objektiklaase.
Lisaks objektiklaaside aluste BOND ja katteplaatide Covertile optimaalsele suurusele on need positiivselt
laetud objektiklaasid tédhistatud, et ndidata alad, kuhu tuleks 100 pl ja 150 p jaotusteks kude asetada (vt
6.5.8 - Jaotusmahud ja koe asend objektiklaasidel).

Kui kasutate oma objektiklaase, peavad need vastama jargmistele spetsifikatsioonidele.
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Mo6tmed Laius: 24,64-26,0 mm (0,97-1,02 tolli)
Pikkus: 74,9-76,0 mm (2,95-2,99 tolli)

Paksus: 0,8—1,3 mm (0,03-0,05 tolli)
Sildi ala Laius: 24,64-26,0 mm (0,97-1,02 tolli)

Pikkus: 16,9-21,0 mm (0,67-0,83 tolli)
Materjal Klaas, ISO 8037/1

Arge kasutage kahjustatud objektiklaase. Enne to6tlusmoodulisse laadimist
veenduge, et kdik objektiklaasid on objektiklaaside alustel digesti joondatud.

voivad mahtuda labi objektiklaaside aluse ja muuta vedeliku voolamist katteplaadi

2 Arge kasutage iimarate vdi Idigatud nurkadega objektiklaase. Need objektiklaasid
Covertile all, mdjutades varvimiskvaliteeti.

2.6.2  BOND-i universaalsed katteplaadid Covertile

BOND-i universaalsed katteplaadid on labipaistvad plastkatted, mis
asetsevad varvimise ajal objektiklaaside kohal. Kapillaarjoud tdmbab
reaktiivi, mis on jaotatud Covertile’i katteplaatide ja objektiklaaside vahele,
tagades drna ja lihtlase koekatvuse. Katteplaadid minimeerivad vajaliku
reaktiivikoguse ja kaitsevad objektiklaase kuivamise eest kasutuskordade
vahel. Katteplaadid Covertile on BOND-i varvimissiisteemi oluline osa ja
neid tuleb alati kasutada.

Asetage katteplaadid objektiklaasidele parast objektiklaaside asetamist
objektiklaaside alustele (vt 4.1.3.5 - Objektiklaaside laadimine). Veenduge, |
et Covertile'i katteplaadid on digesti asetatud, nii et voti on iga katteplaadi
kaelaosas (pildil ringiga mbritsetud, parempoolne), mis sobitub
objektiklaaside aluse avasse.

Saadaval on kahte tiilipi katteplaate Covertile — neid saab kasutada
vaheldumisi. Uut tlilipi plaat sisaldab funktsioone (séna Leica, véike ringikujuline mérk ja projektsioon
uleval vasakul), mis selgitavad, kui objektiklaasile on katteplaat paigutatud valesti.

joonis 2-28: BOND-i universaalne katteplaat Covertile (algne disain)
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joonis 2-29: BOND-i universaalne katteplaat Covertile (uus disain)

Katteplaate vdib taaskasutada kuni 25 korda, kui need ei ole tugevalt varvi muutnud vdi kahjustatud ning
kui neid puhastatakse nduetekohaselt (vt 12.3 - Katteplaadid Covertile). Kérvaldage kahjustatud
katteplaadid.

ﬁ Moned tuvastussiisteemid, naiteks siisteem BondTM OracleTM HER2 IHC ja slisteem Leica HER2 FISH,
nouavad uute (st kasutamata) katteplaatide kasutamist. Vaadake eelnevalt vastavat kasutusjuhendit.

2.6.2.1 Objektiklaaside alus

Kasutage objektiklaaside aluseid, et hoida objektiklaasid ja katteplaadid Covertile oma kohal, kui laadite
need BOND-IIl v6i BOND-MAX t66tlusmoodulisse. Iga alus mahutab kiimme objektiklaasi.

Objektiklaasialuseid on kahte tiilipi — neid saab kasutada vaheldumisi.

joonis 2-30: Objektiklaasialused (vana (vasakul) ja uus (paremal))

Juhiseid objektiklaaside ja Covertile katteplaatide to6tlusmoodulisse laadimise kohta vt
4.1.3.5 - Objektiklaaside laadimine.

2.6.2.2 Reaktiivialused

Reaktiivialused sisaldavad 7 ml ja 30 ml BOND reaktiivikanistreid ja 6 ml BOND tiitrimiskanistreid. Alused
laaditakse reaktiiviplatvormi to6tlusmoodulisse (vt 2.2.6.5 - Reaktiiviplatvorm).

joonis 2-31: Reaktiivialus

Konteineri asendid reaktiivialustel nummerdatakse kdepidemest kdige kaugemal asuvast otsast
(positsioon 1) kuni lahima otsani (positsioon 9).

Juhiseid reaktiivide to6tlusmoodulisse laadimise kohta vt 4.1.4 - Reaktiivide laadimine.
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2. Riistvara

2.6.3  Reaktiivisisteemid ja mahutid

Reaktiivialustel saab kasutada mitmesuguseid reaktiivimahuti tiitipe.

2.6.3.1 Reaktiivisiisteemid

Reaktiivislisteemid on reaktiivialusel eelnevalt kindlaksmaaratud reaktiivikomplektid. BOND kasutab
kolme tiilipi reaktiivisiisteeme:

« BOND tuvastussiisteemid
o Leica teranostilised siisteemid
« BOND puhastussiisteemid

Lisateavet nende juhtumite kohta vt 8.1 - Reaktiivihalduse lilevaade.

Reaktiivisisteem registreeritakse, skannides reaktiivialuse kiiljel olevad voétkoodid, mitte ei skannita iga
selle komponendi kanistri vootkoodisilte. Sisteemi moodustavad reaktiivimahutid ei ole individuaalselt
registreeritud, need on alusesse lukustatud ja neid ei tohi eemaldada ega Gimber korraldada. Kui
reaktiivislisteem on tiihjaks saanud vdi aegunud, visake kogu alus ja kanistrid ara.

2.6.3.2 BOND kasutusvalmis reaktiivid

BOND kasutusvalmis reaktiive kasutatakse kanistrites, mis sobivad reaktiivialustele. Need reaktiivid
tarnitakse BOND siisteemi jaoks optimeeritud kontsentratsioonis, seega tuleb need enne kasutamist
ainult registreerida ja avada.

Kanistrid sisaldavad erinevas mahus reaktiivi vahemikus 3,75 ml kuni 30 ml, soltuvalt reaktiivi tiilibist.

2.6.3.3 Avatud kanistrid

Avatud kanistrid on tiihjad, puhtad kanistrid kasutajale tarnitud reaktiivi (nt primaarse antikeha reaktiivi)
hoidmiseks. Nad on saadaval suurustes 7 ml ja 30 ml. Avatud kanistreid saab kasutada ainult iihe
reaktiiviga ja neid saab téita nii, et iga kanister edastab maksimaalselt 40 ml reaktiivi (vt 8.3.2.4 - Avatud
reaktiivikanistri taitmine).

Seadmel BOND tohib kasutada ainult BOND avatud kanistreid — d@rge piilidke kasutada teisi kanistreid
(vélja arvatud tiitrimiskanistreid) kasutajale tarnitud reaktiivide jaoks.

2.6.3.4 Tiitrimiskanistrid

Saadaval on ka eriotstarbelised tiitrimiskanistrid (vt 14.2.1.4 - Tiitrimiskomplekt ). Need sisaldavad 6 ml
eemaldatavat siseosa reaktiivi holpsaks vahetamiseks kanistris, nditeks kontsentratsiooni optimeerimise
ajal. Nagu avatud kanistrite puhul, voib iga tiitrimiskanistrit uuesti taita ja kasutada kuni 40 ml reaktiivi
edastamiseks, ilma et see kasutavate siseosade piiranguta. BOND-i tiitrimiskomplektis on igas kanistris
kiimme siseosa, mis on saadaval ettevottest Leica Biosystems.
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Seadme umberpaigutamine

To6tlusmooduli suure vahemaa tagant timberpaigutamiseks voi parandamiseks
voi utiliseerimiseks transportimiseks votke tihendust klienditoega. Té6tlusmoodul

on vaga raske ega ole kasutaja poolt teisaldatav.

Arge blokeerige seadme tagakaanel olevaid ventilatsiooniavasid. Samuti drge
katke kinni siistla luugil olevaid ventilatsiooniavasid (BOND-MAX).

Kui paigutate seadme BOND lihikesele kaugusele, arvestage enne jatkamist jargmisega.

« Veenduge, et pérandakate talub seadme raskust, vt mddtmeid jaotisest 18.2 - Flilisilised andmed
peatiikis 18 - Tehnilised andmed ja tutvuge enne liigutamist kohalike nduetega.

« Enne to6tlusmooduli kasutamist tuleb hinnata elektromagnetilist keskkonda hairingute suhtes.

« Arge kasutage seadet BOND tugevate elektromagnetiliste kiirgusallikate vahetus ldheduses.
Naiteks varjestamata tahtlikud RF-allikad, mis vdivad takistada korrektset t66d.

« Arge tdstke seadet BOND kahveltdstukiga.

« Kasutage ainult kaasasolevat toitejuhet ja veenduge, et kasutaja paaseb juurde toitelihendusele.
« Veenduge enne liigutamist, et toitejuhe ja Etherneti-kaabel on lahti ihendatud.

» Tagage piisav ventilatsioon.

« Tihjendage jadtmemahutid enne teisaldamist.

« Veenduge enne liigutamist, et olete lahti lukustanud seadme BOND (voi kdru BOND-MAX korral)
koik neli ratast, ja lukustage need uuesti, kui asute uues asukohas.

2.8  Seadme kasutuselt kdrvaldamine ja
utiliseerimine

Seade, sh selle osad ja tarvikud, tuleb kdrvaldada vastavalt kohalikele protseduuridele ja eeskirjadele.
Korvaldage kdik seadmega kasutatud reaktiivid vastavalt tootja soovitustele.

Enne seadme voi osade ja tarvikute tagastamist voi kdrvaldamist puhastage ja desinfitseerige need
vastavalt kohalikele protseduuridele ja eeskirjadele.

EL-is tuleb kdik elektroonikajaatmed korvaldada kooskolas elektri- ja elektroonikajaatmete kdrvaldamise
eeskirjadega (2012/19/EL). Véljaspool EL-i asuvates piirkondades jargige elektroonikajaatmete
kdrvaldamise kohalikke protseduure ja eeskirju.

Kui vajate abi, votke Gihendust kohaliku Leica Biosystems esindajaga.
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3. Tarkvara ulevaade
kontrolleril BOND)

See peatiikk on mdeldud selleks, et aidata teil BOND tarkvara ildisi funktsioone tundma dppida. Juhiseid
tarkvara kasutamiseks to6tlusmoodulite kditamiseks ning objektiklaaside, juhtude ja reaktiivide
haldamiseks vaadake vastavatest peatiikkidest. Haldus-klientrakenduse juhiseid vt 10 - Haldus-
klientrakendus (BOND-i kontrolleril).

o 3.1 - Slisteemi arhitektuur

o 3.2-Tarkvara BOND kaivitamine ja valjalllitamine
o 3.3 - Kasutajarollid

o 3.4 -Kiliinilise klientrakenduse liidese lilevaade
o 3.5-Slisteemi BOND andmelaud

o 3.6 -Teavitused, hoiatused ja alarmid

e 3.7 -Aruanded

o 3.8 -Spikker

o 3.9 -Teave siisteemi BOND kohta

o 3.10 - BOND-i andmemaaratlused

e 3.11 - Tarkvaravarskendused
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3. Tarkvara lilevaade (kontrolleril BOND)

3.1 Susteemi arhitektuur

Tarkvara BOND versioon 6.0 sarnaneb varasemate BOND versioonidega igapaevase kasutamise osas,
kuid liidese visuaalset valimust on oluliselt muudetud.

Kasutajad suhtlevad tarkvaraga BOND kahe klientrakenduse — kahe eraldi programmi — kaudu. Need on
kliiniline klientrakendus (voi lihtsalt klientrakendus) ja haldus-klientrakendus. Kliiniline klientrakendus on
igapaevaseks t00ks — reaktiivide, protokollide ning juhtude ja objektiklaaside seadistamiseks t66tlemise
ettevalmistamisel ning seejarel to6tlusmooduli tsiiklite jalgimiseks ja kontrollimiseks. Haldus-
klientrakendust kasutatakse tdpsemate satete konfigureerimiseks, mida péarast algset seadistamist harva
muudetakse. Need hdlmavad objektiklaasisiltide konfiguratsioone, riistvaraiihendusi ja kasutajakontosid
(vt 10 - Haldus-klientrakendus (BOND-i kontrolleril)).

« 3.1.1-Uhekohaline konfiguratsioon
o 3.1.2-BOND-ADVANCE
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3. Tarkvara llevaade (kontrolleril BOND)

3.1.1 Uhekohaline konfiguratsioon

Uhekonhalistel paigaldistel on vaid iiks BOND kontroller, mis on iiks koht kasutaja suhtlemiseks BOND

tarkvaraga (ja selle kaudu t66tlusmoodulite juhtimiseks). BOND kontroller t66tleb siisteemi jaoks tarkvara

ja sailitab slisteemi andmebaasi, kui juhtude ja objektiklaasiteavet hoitakse. Sellel on klaviatuur, hiir ja
monitor ning objektiklaasi sildiprinter ja skanner.

Uhekonhalises paigaldises on viis té6tlusmoodulit. Kui vajate rohkem todtlusmooduleid, minge iile
versioonile BOND-ADVANCE.

Seletus

1 LIS-i ihendus

2 Too6tlusmoodulid (piirang
viis)
, 3 Kiliiniline klientrakendus /
— haldus-klientrakendus

4 BOND kontroller
oy

i

/

h

joonis 3-1: Uhekohalise paigalduse skeem
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3. Tarkvara lilevaade (kontrolleril BOND)

3.1.2 BOND-ADVANCE

Paigaldised BOND rohkem kui viie to6tlusmooduliga on konfigureeritud mitmekohaliste BOND-ADVANCE
paigaldistena. BOND-i kontroller jatkab kogu tarkvara to6tlemist kogu siisteemile, kuid enamik sisenditest
parineb BOND-ADVANCE terminalidest, mis asuvad t66tlusmooduli téoiliksuste lahedal (BOND-i tarkvaras
nimetatakse ,liksusteks”), mida nad juhivad. Uksused on méaératletud haldus-klientrakenduses.

Kontrolleriga iihendatud monitor kuvab BOND-i andmelauda, mis annab Ulevaate iga siisteemis oleva
t66tlusmooduli reaalajas olekust (vt 3.5 - Siisteemi BOND andmelaud). Soovi korral saab andmelaua
Uhendada ka spetsiaalse terminaliga. Haldus-klientrakendust saab kaivitada mis tahes terminalist.

Mones laboris voib olla sekundaarne kontroller, mis varundab kdik BOND-i andmed reaalajas ja mida saab
sisse lilitada, juhul kui primaarne kontroller ei toimi digesti. Lisateavet selle kohta, kuidas seda teha, vt
16.2 - Umberliilitamine sekundaarsele kontrollerile.

Seletus Seletus

1 Tootlusmoodulid tiksustes 4 BOND-ADVANCE kontroller

2 Silisteemi BOND-ADVANCE 5 BOND-ADVANCE terminalid
andmelaud

3 LIS-i thendus

joonis 3-2: BOND-ADVANCE paigaldusskeem — BOND-ADVANCE terminalid juhivad t66tlusmooduleid
Uksustes BOND-ADVANCE kontrolleri kaudu.
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3. Tarkvara llevaade (kontrolleril BOND)

3.2  Tarkvara BOND kaivitamine ja

valjalulitamine

Kaivitamine

Saate tarkvara BOND kaivitada enne voi parast ihendatud to6tlusmoodulite kaivitamist. Tarkvara
kaivitamiseks tehke jargmist.

1.

Uhekohaline: vajadusel kaivitage BOND kontroller ja logige Windowse-i sisse kasutajana
»,BONDUSser". Parooli saate labori juhatajalt. Pange tahele, et kui siisteem on uus, ei ole algset
parooli konfigureeritud.

BOND-ADVANCE : vajadusel kdivitage BOND-ADVANCE kontroller. Andmelaud peaks
automaatselt avanema (kui ei avane, topeltklopsake Windowsi to6laual otseteed BONDDashboard.
Vajutage <F11>, et seada Internet Explorer tdisekraani reziimile).

Kaivitage vajalik terminal ja logige sisse Windowsi kasutajana ,BONDUser". Parooli saate labori
juhatajalt. Pange tahele, et kui siisteem on uus, ei ole algset parooli konfigureeritud.

BONDUSseri parool aegub perioodiliselt ja parast sisselogimist peate parooli vastava viiba
kuvamisel muutma.

Topeltkldpsake sobivat tédlauaikooni, et kdivitada kliiniline klientrakendus véi haldus-
klientrakendus (v6i mdlemad - neid saab kasutada samaaegselt).

Sisestage oma BOND kasutajanimi ja parool.

Kui avate kliinilise klientrakenduse BOND-ADVANCE siisteemis, saate valida liksuse, millega
thendus luua.

BOND-ADVANCE kliiniline klientrakendus jatab viimati valitud Giksuse meelde.

Saate oma parooli igal ajal sisselogimisdialoogis muuta. Jargige laboris kehtivaid parooli
muutmise ja parooli tugevuse protseduure. BOND tarkvara nduab, et paroolid oleksid 4-14
tahemargi pikkused ja sisaldaksid vdahemalt tihte numbrit.

Kldpsake nuppu Log on (Logi sisse).

Siisteem kuvab valitud kliinilise klientrakenduse kuva voi haldusklientrakenduse kuva. Tiitliribal
kuvatakse praegu sisselogitud kasutaja kasutajanimi. Kui muudate kasutajat, peate eelmise
kasutaja vdlja logima ja oma kasutajanimega uuesti sisse logima. BOND-ADVANCE puhul kuvab
tiitliriba ka hetkel valitud liksuse.

kaitage BOND kontrolleril muid rakendusi — see muudab seadme garantii

f Kuna BOND tarkvara juhib olulist riistvara ja tundlike andmete talletamist, arge

kehtetuks. Arge kasutage BOND kontrollerit iildotstarbeliseks andmet6dtluseks.
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3. Tarkvara lilevaade (kontrolleril BOND)

Toolaua taustad

Praegu sisselogitud Windowsi kasutaja tiilibi ja praegu tihendatud kontrolleri voi terminali rolli
eristamiseks kasutatakse erinevaid Windowsi to6laua taustu.

Uhekohaline

Tavaliselt ndete tausta ,Controller BONDUser”, kuid kui hooldustehnik asub té6kohal, voite ndha tausta
»Controller BONDService”. Vt joonis 3-3.

Jeica

BIOSYSTEMS

& 0

3 o9 & o9 BOND

BOND BOND Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone

joonis 3-3: BOND tdodlauataustad: ,Controller BONDUser” ja ,Controller BONDService”

BOND-ADVANCE

BOND-ADVANCE t66laua taustal muutub tihendatud kontrolleri voi terminali ikoon vastavalt oma rollile. Vt
naiteid jaotises joonis 3-4.

= N RS

joonis 3-4: Terminali, autonoomse kontrolleri, esmase kontrolleri ja teisese kontrolleri ikoonid

Néaete ka erinevaid ikoone, mis esindavad kasutaja tltpi. Vt joonis 3-5.

3 & & 7o

joonis 3-5: BONDUseri, BONDService'i, BONDControli ja BONDDashboardi ikoonid
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3. Tarkvara llevaade (kontrolleril BOND)

Viljaliilitamine

Kliinilise klientrakenduse voi haldusklientrakenduse véljaliilitamiseks kldpsake funktsiooniribal ikooni

Lag out

-
L Log out (Logi vélja). Kui sulgete BOND siisteemi tdielikult, saate tarkvara enne voi parast
t66tlusmoodulite valjalilitamist vélja liilitada.

Vajadusel saate kliinilise klientrakenduse vilja liilitada, kui tsiikkel on pooleli. Arge jatke té6tlusmoodulit

ilma klientrakenduseta lahti, kuna te ei néde siis hoiatusi ega alarme. Tsiikli ajal @rge kunagi liilitage BOND
kontrollerit vélja.
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3. Tarkvara lilevaade (kontrolleril BOND)

3.3 Kasutajarollid

Siisteemis BOND on kolm kasutajarolli:

« operaator: saab uuendada reaktiivivaru, luua juhtusid ja objektiklaase, alustada ja kontrollida
varvimist, luua ja redigeerida arste ning koostada aruandeid.

« jdrelevaataja: saab luua ja redigeerida protokolle, reaktiive ja paneele.

« administraator: omab juurdepaasu haldus-klientrakendusele BOND-i kasutajate haldamiseks ja
kogu siisteemi holmavate satete konfigureerimiseks.

Kasutajatel voib olla mitu rolli. Jarelevaatajad saavad operaatori rolli automaatselt. Haldus-
klientrakendust saavad kasutada ainult administraatori rolliga kasutajad ning kliinilist klientrakendust
saavad kasutada ainult kasutajad, kellel on operaatori voi jarelevaataja roll.

Kasutajad luuakse ja nende rollid méaé&ratakse haldus-klientrakenduse kuval Users (Kasutajad) (vt
10.1 - Kasutajad ).

Praegu sisselogitud kasutaja kasutajanimi kuvatakse klientrakenduse akna tiitliribal.

3.4 Kliinilise klientrakenduse liidese
ulevaade

Kliinilise klientrakenduse kuva (ilaosas ja vasakul on tarkvara koikidel lehtedel samad funktsioonid. Selles
jaotises kirjeldatakse neid funktsioone ja kirjeldatakse ka tarkvara Uldisi funktsioone.

e 3.4.1 - Funktsiooniriba

o 3.4.2-Tootlusmooduli vahekaardid
o 3.4.3 - Tabelite sortimine

o 3.4.4-Kuupdaeva vorming

3.4.1 Funktsiooniriba

Funktsiooniriba asub BOND tarkvara kuva (ilaosas ja annab kiire juurdepaasu BOND tarkvara
pohijaotistele.

&Y Gap| Lica

Kldpsake funktsiooniribal ikooni, et minna kuvale véi teostada konkreetne funktsioon, nagu on kirjeldatud
jargmises tabelis.

57 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 kasutusjuhend (mitte USA ja Hiina jaoks) Vers. A05



3. Tarkvara llevaade (kontrolleril BOND)

lkoon Kuvatud kuva (voi Eesmark
teostatud
funktsioon)
S Objektiklaasi Juhtumite loomine ja BOND tarkvaras objektiklaaside

[+ e,

seadistamine

seadistamine.

Lisateavet vt 6 - Objektiklaasi seadistamine (BOND-i
kontrolleril).

Protocol sctup

ﬂ."-
o

(5

-

Protokolli
seadistamine

Protokollide redigeerimine ja haldamine.

Lisateavet vt 7 - Protokollid (BOND-i kontrolleril).

Reaktiivi
seadistamine,
reaktiivivaru ja
reaktiivipaneelid (3
vahekaarti)

Konfigureerige uued reaktiivid, hallake reaktiivivaru ja looge
reaktiivipaneele (markerite komplektid, mida kasutatakse
objektiklaaside loomise kiirendamiseks).

Lisateavet vt 8 - Reaktiivide haldus (kontrolleril BOND).

Zlide hisiory

=t

Objektiklaasi
ajalugu

Kuvage BOND siisteemis analiilisitud objektiklaaside
Uksikasju, vaadake iiksikute objektiklaaside, tsiiklite ja
juhtumite Gksikasju.

Lisateavet vt 9 - Objektiklaaside ajalugu (BOND-i kontrolleril).

Otsing

Objektiklaaside, reaktiivimahutite ja reaktiivislisteemide
tuvastamiseks skannige vootkood voi sisestage kasitsi
objektiklaasi ID vdi reaktiivi ID. Uhtlustatud otsingudialoogi
kasutatakse siis, kui stisteem tuvastab automaatselt
otsingusisu (objektiklaasi voi reaktiivi).

Lisateavet vt 6.5.6 - Objektiklaasi kasitsi identifitseerimine
vOi 8.1.1.3 - Reaktiivi identifitseerimine .

Spikker

Avage see kasutusjuhend.

Viljalogimine

Klientrakendusest véljalogimine

Varundamine

Andmebaasi varundamine ebadnnestus.

* ebadnnestus , _ .
% Lisateavet vt 10.5.3 - Andmebaasi varundamine.
i LIS pole LIS-i moodul on installitud, kuid ei ole praegu LIS-iga
tihendatud Uhendatud.

Lisateavet vt 11.3 - LIS-i ihendamine ja kaivitamine.
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3. Tarkvara lilevaade (kontrolleril BOND)

lkoon Kuvatud kuva (voi Eesmark
teostatud
funktsioon)

LIS Ghendatud LIS-i moodul on installitud ja on praegu LIS-iga ihendatud.
= LLg) Lisateavet vt 11.3 - LIS-i ihendamine ja kaivitamine.

LIS-i teavitused Jarelejaanud LIS-i teatiste arv.
L_;E El,lq_,%ﬂ‘ Lisateavet vt 11.4 - LIS-i teavitused.

Kuva paremas ulanurgas on Leica Biosystems logo. Kldpsake logol, et kuvada dialoog About BOND Teave
kohta. Vt 3.9 - Teave slisteemi BOND kohta.

Kuva paremas (ilanurgas voidakse kuvada hoiatuse ja oleku ikoone. Vt 11 - LIS-i integreerimispakett
(BOND-i kontrolleril) ja 10.4.2 - Kontrolljalg.

3.4.2 Tootlusmooduli vahekaardid

Vahekaardid liidese vasakul poolel avavad kuvad System status (Siisteemi olek), Protocol status
(Protokolli olek) ja Maintenance (Hooldus) iga to6tlusmooduli kohta tiksuses, millega klientrakendus on
thendatud. Vahekaardid ise kuvavad teatud teavet iga to6tlusmooduli hetkeoleku kohta (vt

5.1.1 - T66tlusmooduli vahekaardid).

1036 AN
| 1040 AN
10:33 AM

joonis 3-6: To6tlusmooduli vahekaardid (BOND-MAX)

Kuva System status (Stisteemi olek) naitab t66tlusmooduli olekut, kuva Protocol status (Protokolli olek)
aga kasutatavate protokollide edenemist. Kuval Maintenance (Hooldus) on k&dsud erinevateks
hooldustoiminguteks.

3.4.3 Tabelite sortimine

Paljud kuvad BOND tarkvaras kuvavad andmeid tabelites. KIopsake veeru pealkirja, et sortida veeru
vaartuste jargi. Pealkirja kdrval kuvatakse Ules suunatud kolmnurk, mis naitab, et tabelit sorditakse
tousvas jarjekorras (0-9 A-Z). KlGpsake uuesti, et sortida kahanevas jarjekorras; kolmnurk osutab alla.

Kahe veeru sortimiseks kldopsake esimest veergu, mille jargi sortida soovite, seejarel hoidke all <Shift>
klahvi ja kidpsake teist veergu. Vaartuste jarjekord esimeses veerus ei muutu, kuid kui sama veeru iihe
vaartusega on mitu rida, jarjestatakse read teises veerus olevate vaartuste jargi.

Samuti saate muuta veergude laiust ja lohistada veerge tabelis uutesse kohtadesse.

Koik tabelite sortimisel tehtavad muudatused, ka veeru laiused ja positsioonid, séilitatakse kuni
valjalogimiseni.
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3.4.4  Kuupaeva vorming

Uhekonhaliste paigaldiste puhul on tarkvaras ja aruannetes kasutatud kuupéevi ja kellaaegu BOND
kontrolleri operatsioonisiisteemi maaratud vormingus. Paigaldistes BOND-ADVANCE kasutatakse
terminalides méaaratud vorminguid. Lihikese ja pika kuupdevaga vormingute maksimaalne pikkus on
vastavalt 12 ja 28 tdhemarki.

3.5 Susteemi BOND andmelaud

BOND-ADVANCE installimiseks kuvatakse andmelaud kontrolleri voi terminaliga Gihendatud kuvaril. See
annab reaalajas lilevaate koigist siisteemi to6tlusmoodulitest.

BOND-IIl #2

Seletus Seletus

1 Kellaaeg ja kuupéaev 4 Lopetatud tsiikliga

2 Hoiatust kuvavad to6tlusmoodulid

to6tlusmoodulid 5 Konkreetsete tootlusmoodulite
paanid, mis néitavad
objektiklaaside
varvimiskambrite olekut

3 Teavitust kuvavad
tootlusmoodulid

joonis 3-7: Siisteemi BOND andmelaud

Kuva lilaosas, aja ja kuupdeva paanist paremal, on kolm paani, mis néitavad hoiatustega
t66tlusmooduleid (vasakul), teavitustega to6tlusmooduleid (keskel) ja I6petatud tsiikliga
t66tlusmooduleid (paremal). Kui mingis kategoorias on rohkem kui tiks t66tlusmoodul, siis paane
kuvatakse vaheldumisi.
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Ulemise rea all kuvatakse siisteemi kdigi td6tlusmoodulite paanid tahestiku jarjekorras nime jargi
(seadistatud haldus-klientrakenduses). Paanidel kuvatakse to6tlusmoodulite kdigi kolme objektiklaaside
varvimiskambri olekut pluss koiki lldiseid olekuindikaatoreid, mis rakenduvad moodulitele tervikuna,
jargmiselt.

« Hoiatustega to6tlusmoodulite juures on hoiatusikoon %, ja moodulid kuvatakse punasena.

« Marguandega to6tlusmoodulite juures on marguandeikoon (1 ] ja moodulid kuvatakse sinisena.
o LOpetatud tsiikliga t66tlusmoodulid on rohelised ja vastavate objektiklaaside varvimiskambrite

olekut kuvatakse kui ,Completed” (Lopetatud).
\ g
« Lahtilihendatud to6tlusmoodulite juures kuvatakse lahtiiihendatuse ikooni —E —.

Hoiatuste, teavituste voi |6petatud tsikliga to6tlusmoodulid kuvatakse kuva lilaosas vastavas
positsioonis ja eraldi paanidena tahestikulises loendis allpool.

3.5.1 Objektiklaaside varvimiskamber

Objektiklaaside varvimiskambri olekut ndidatakse t66tlusmooduli paanidel. Olekukategooriaid on kolm:

« Locked (Lukustatud) — kuvatakse, kui objektiklaasialus on lukustatud. Aega ei kuvata.

« Processing (To6tlemine) — alusel on alanud t66tlemine. Veerg Time (Aeg) néitab jarelejaanud aega
tundides, minutites ja sekundites.

« Completed (L6petatud) — to66tlemine on I6petatud. Veerg Time (Aeg) néitab aega tundides,
minutites ja sekundites alates I6petamisest.

Kui tihtki alust ei lukustata, on rida tiihi.

Andmelauaga ei ole voimalik suhelda. Kui andmelaual kuvatakse teade, mis (itleb, et PM vajab
tahelepanu, peab kasutaja suhtlema BOND terminali kaudu.
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3.6

Teavitused, hoiatused ja alarmid

Siisteemil BOND on kolm hoiatustaset: teavitus, hoiatus ja alarm. Marguandeid tahistab ikoon, mis ilmub
kuvale System status (Siisteemi olek) marguandega seotud iiksuse kohale v&i kdrvale. Ka t66tlusmooduli

vahekaardil vdoidakse kuvada ka vastava marguande ikoon, et anda marku olenemata praegu nahtavast

ekraanist (vt 5.1.1 - To6tlusmooduli vahekaardid). Sisteemis BOND-ADVANCE kuvatakse méarguanded ka
andmelaual (vt 3.5 - Siisteemi BOND andmelaud).

Marguandeikooni paremkldpsamine ja teate Attention (T&dhelepanu) valimine kaivitab dialoogi, mis
tapsustab marguande sisu.

Allpool on kirjeldatud kolme marguandetaset ja nendega seotud ikoone.

©

Pisiv

Pisiv

Vilkuv

Teavitus

Annab teavet olukorra kohta, mis vdib nduda kohe voi hiljem sekkumist, et
tsiiklit alustada voi valtida hilisemat to66tlemisviivitust.

Hoiatus

Kohene tegevus on vajalik, et véltida voimalikku viivitust t6otlemisel.
Tootlemise viivitused voivad varvimist kahjustada.

Alarm

Kiire tegutsemine on vajalik. Kui seade t06tles objektiklaase, on see peatatud ja
ei saa jatkata, kuni marguande pohjustanud olukord on lahendatud. T66tlemise
viivitused vodivad varvimist kahjustada.

Lugege hoiatus- ja alarmisénumeid alati kohe, kui néete ikoone (eriti siis, kui
tsiikkel on pooleli). Kiire reageerimine voib véltida objektiklaasi varvimise ohtu
sattumist.

Samuti on soovitatav voimalikult kiiresti reageerida teavitustele, mis ilmnevad
tstkli ajal.
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3.7 Aruanded

BOND-i tarkvara genereerib mitu aruannet. Need avatakse uues aknas BOND aruandevaaturis. Uldine
teave, nagu aeg, koht ja seade, millele aruanne viitab, on toodud aruande pealkirjades. Aruandelehe
jalused nditavad aega ja kuup&eva, millal iga aruanne loodi, ning lehekiilienumbreid.

Juhte, objektiklaase vdi reaktiive sisaldavate aruannete genereerimiseks, eriti paljude t66tlusmoodulite
ja/vdi suure kaibega laborites, vdib kuluda minuteid.

BOND-i aruandevaaturil on véike valik navigeerimise, kuvamise ja valjundi suvandeid. Lisaks standardse
printimisdialoogi avamisele printeri valimiseks ja konfigureerimiseks vdi printimiseks sobivate lehtede
valimiseks saate eksportida aruandeid mitmes vormingus, sh PDF, XLS, CSV ja tekst.

Navigeerimiseks saab kasutada erinevaid klaviatuuri otseteid, nditeks Page Up (Leht liles), Page Down
(Leht alla), Home (Esimene leht) ja End (Viimane leht). Klaviatuuri otseteede kaudu on saadaval ka muud
funktsioonid, naiteks Ctrl-F kuvab otsingudialoogi, Ctrl-S avab salvestamise dialoogi ja Ctrl-P avab
printimise dialoogi.

BOND-i aruanded on dokumenteeritud jargmistes jaotistes:

e 5.3.1-Hooldusaruanne

« 6.7 - Objektiklaaside seadistuse kokkuvdte
o 7.5-Protokolliaruanded

o 8.3.4-Varude aruanne

o 8.3.5- Reaktiivi kasutusaruanne

o 9.4 -Tsikli siindmuste aruanne

e 9.5- Tsikli andmete aruanne

e 9.6 - Juhu aruanne

« 9.8 - Objektiklaaside kokkuvote

e 9.10 - Objektiklaaside lihike ajalugu

Samuti on voimalik eksportida objektiklaasiteavet CSV-vormingus (komaeraldusega vaartused). Vit
9.9 - Andmete eksportimine.

3.7.1 Parandaruanded

Kui teie BOND silisteemi uuendati tarkvaraversioonilt 4.0, ei migreerita enne versiooni uuendamist juhu ja
objektiklaasi andmeid praegusesse andmebaasi. Vanad andmed (edaspidi ,pdrandandmed”) on siiski
kattesaadavad. Nende vaatamiseks avage Start > All Programs > Leica > BONDLegacy Report Viewer
(Start > Kdik programmid > Leica > Parandandmete aruandevaatur). Avaneb BOND tarkvara versioon 4.0.
Vaadake t6odeldud objektiklaase kuval Slide history (Objektiklaasi ajalugu) ja looge aruanded samal viisil,
nagu tegite versioonis 4.0. Nagu versioonis 4.0, saate aruandeid printida aruandeaknast voi salvestada
PDF-vormingus. Selleks valige File > Print (Fail > Prindi) ja printeriks Leica PDF Printer.

Arge looge BOND parandandmete aruandevaaturis juhtusid ega objektiklaase. Kasutage seda ainult
parandandmete vaatamiseks ja aruannete loomiseks.
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3.8  Spikker

Selle kasutusjuhendi avab nii kliinilise kui ka haldus-klientrakenduse funktsiooniribal ikooni Help (Spikker)

Help

kldpsamine.
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3.9 Teave susteemi BOND kohta

Klopsake ekraani paremas lilanurgas Leica Biosystems logo, et kuvada dialoog About BOND (Teave
slisteemi kohta), milles on esitatud siisteemi teave.

About BOND

BOMND Softeare © 2018 tcjm
Laics Biosystems Malbourns

MI12053

BoM: 00000000

I I

joonis 3-8: Dialoog Teave siisteemi BOND kohta

Suur osa dialoogi About BOND (Teave siisteemi kohta) teabest on oluline hoolduspersonalile, kuid ka
laboripersonal vdib pidada seda lildteavet kasulikuks, eriti klienditoega suhtlemisel.

Uldteave on jargmine.

Tarkvaraversioon: tarkvaraversiooni number.

Siisteemi BOND kasutaja: praeguse kasutaja kasutajanimi.

Siisteemi BOND kasutajarollid: praeguse kasutaja rollid.

Keel: praegune keel.

Andmebaasi versioon: andmebaasi versioon (n&itab andmebaasi struktuuri).
Andmeversioon: andmebaasi laaditud andmete versioon.

Piirkondlik teave: maailma piirkond, mille jaoks siisteem on konfigureeritud (installimise ajal).

Saate dialoogis oleva teabe tekstifailina salvestada — kiépsake nuppu Report (Aruanne) ja valige faili
salvestuskoht.

Hoolduslogi

Haldus-klientrakenduses saate luua hoolduslogi aruandeid dialoogi About BOND (Teave siisteemi kohta)
kaudu. Tavaliselt tehakse seda hooldusettevotte esindaja taotlusel. Hoolduslogi loomiseks tehke
jargmist.

1.
2.

Klopsake dialoogi About BOND (Teave siisteemi kohta) valikut Service log (Hoolduslogi).
Valige konkreetne t66tlusmoodul *System*, et teatada siisteemi BOND tarkvara- voi
kontrollerisindmustest, vdi *LIS*, kui siindmused on LIS-siisteemiga seotud.

Valige aruande jaoks ajavahemik voi kiopsake valikut Last 7 days (Viimased seitse p&eva).
Aruande loomiseks kldpsake Generate (Genereeri).
Aruanne kuvatakse aruandevaaturis — vt 3.7 - Aruanded.
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3.10 BOND-i andmemaaratlused

Seadme BOND kontroller salvestab andmemaaratlused, mis sisaldavad kogu siisteemi k&iki reaktiivide ja
protokollide andmeid. Kaasatud on ka vaikeprotokollid ning Leica Biosystems reaktiivide ja
reaktiivislisteemide andmed.

3.10.1 Andmemaaratluste varskendused

Leica Biosystems edastab perioodiliselt andmemaaratluste uuendusi veebisaidil, nt uute, dsja valjalastud
reaktiivide lisamiseks. Juhiseid andmemaéaratluste uuendamise kohta vt 10.4 - BDD .

Andmemaéaratluste uuendamisel tuleb kasutada ainult neid uuendusfaile, millel on laiend .bdd.

Kontrollige oma praegust andmete versiooni dialoogis About BOND (Teave). Dialoogi vaatamiseks
kldpsake Leica Biosystems-i logo BOND tarkvarakuva paremas llanurgas. Vt ka 3.9 - Teave siisteemi
BOND kohta.

3.11 Tarkvaravarskendused

Leica Biosystems vdib siisteemi BOND edasi arenedes avaldada tarkvaravarskendusi. Varskendused
voivad olla pohitarkvarale véi andmebaasile, mis sisaldab vaikeprotokolle, reaktiive ja reaktiivisiisteeme.

Praeguse tarkvaraversiooni numbri leiate dialoogist About BOND (Teave) (vt 3.9 - Teave slisteemi BOND
kohta). Andmebaasiversioon kuvatakse samuti dialoogis About BOND (Teave).
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See peatiikk on mdeldud selleks, et teha teiega koos labi esimene tsiikkel BOND siisteemiga tutvumiseks.
Selles loome néidisjuhtumi ning konfigureerime neli objektiklaasi ja té6tleme neid, testides seadmega
BOND kasutusvalmis primaarseid antikehasid *CD5, *CD3, *CD10 ja *Bcl-6. Kasutame nende antikehade
puhul vaikeprotokolli ja tuvastussiisteemi: *IHC Protocol F ja BOND Polymer Refine. Kirjeldatud
protseduurid kehtivad ka ISH proovide ja protokollide puhul (vahetage antikeha lihtsalt proovi vastu ja
asendage IHK protokollid ISH protokollidega).

4.1  BOND-IIl ja BOND-MAX

Enne alustamist peaksite tutvuma kasutusjuhendi vastavate jaotiste 2 - Riistvara ja 3 - Tarkvara lilevaade
(kontrolleril BOND) peatiikkidega.

e 4.1.1 - Esialgsed kontrollid ja kdivitamine

o 4.1.2 - Protokolli ja reaktiivide kontrollimine
e 4.1.3 - Objektiklaaside seadistamine

o 4.1.4 - Reaktiivide laadimine

e 4.1.5- Protokolli kditamine

e 4.1.6 - Lopetamine

4.1.1 Esialgsed kontrollid ja kaivitamine

Enne tsikli alustamist tehke jargmist.

1. Veenduge, et t66tlusmoodul oleks puhas ja kdik hooldust66d oleks ajakohased (vt
12.1 - Puhastamise ja hoolduse graafik).

Igapaevased tsiiklieelsed toimingud on jargmised.

i. Veenduge praegusel mudelil BOND-MAX, et p&hiaine jaatmekonteinerid ei oleks taidetud
rohkem kui poolenisti. Kasutage praegusel mudelil pooleldi tais taseme juhisena mahuti
sildil olevat valget horisontaalset joont — vt joonis 12-3.

ii. Veenduge, et pdhiaine reaktiivimahutid on dige reaktiiviga vdhemalt poolenisti tais.

2. Kontrollige pesuplokke ja segamiss6lme — vajadusel puhastage voi vahetage.
3. Veenduge, et objektiklaasi sildistajal on piisav varu silte.

4. Kuitootlusmoodul ja kontroller (ja terminal, BOND-ADVANCE jaoks) ei ole sisse liilitatud, lulitage
need nid sisse.

5. Kui kontroller voi terminal to6tab, kaivitage kliiniline klientrakendus.

6. Kui tarkvara on kaivitunud, kontrollige kuvasid Status (Olek), veendumaks, et t66tlusmooduli
teavitusi pole. Parandage, enne kui proovite objektiklaase téddelda.

7. Lllitage objektiklaasi sildistaja sisse.
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4.1.2  Protokolli ja reaktiivide kontrollimine

Veenduge, et protokollid ja reaktiivid, mida tsiiklis kasutate, on tarkvaras seadistatud.

Protokollide kontrollimiseks tehke jargmist.

1.

2.

o

Valige funktsiooniribal ikoon Protocol setup (Protokolli seadistamine) (ndidatud

paremal).
Kontrollige, et tabelis on olemas "*IHC Protocol F".

Kui protokolli ei ole loendis, valige ekraani allosas olevas filtris Preferred status (Eelistatud olek)
valik (All) (Koik) (vt 7.2 - Kuva Protocol Setup (Protokolli seadistamine).)

Valige tabelist protokoll, kidpsake suvandit Open (Ava) ja pange tahele eelistatud
tuvastussiisteemi dialoogiaknas Edit protocol properties (Protokolli atribuutide redigeerimine);
BOND Polymer Refine Detection.

Veenduge, et protokoll oleks dialoogi iilaosas valitud kui Preferred (Eelistatud) (protokolli
madramiseks eelistatuks peate olema sisse logitud jarelevaataja kasutajarolliga).

Reaktiivide kontrollimiseks tehke jargmist.

See kontroll eeldab, et teil on olemas vajalike antikehade varud ja tuvastussiisteem, ning et Feagent sehup
need on registreeritud BOND reaktiivivarus. Lisateavet vt 8.3.3 - Reaktiivide ja ﬂrj
reaktiivislisteemide registreerimine.

1.
2.

Valige funktsiooniribal ikoon Reagent setup (Reaktiivi seadistamine) (ndidatud paremal).

Filtrite ekraani allosas vahekaardil Setup (Seadistus) valige Primaries (Esmased) kui Reagent Type
(Reaktiivi tlitip), Leica Microsystems kui Supplier (Klient) ja All (Koik) kui Preferred status
(Eelistatud olek).

Leidke vajalikud antikehad (*CD5, *CD3, *CD10 ja *Bcl-6) ja tehke topeltklGps dialoogi Edit reagent
properties (Reaktiivi omaduste redigeerimine) avamiseks.

i. Kldopsake suvandit Restore factory default protocols (Taasta tehase vaikeprotokollid) (te
peate tehase vaikesétete taastamiseks olema sisse logitud jarelevaataja kasutajarolliga).
See tagab, et vaikimisi varvimisprotokoll *IHC Protocol F ja vaikimisi eelt66tlusprotokollid on
maératud.

ii. Veenduge, et reaktiiv oleks margitud kui Preferred (Eelistatud) (kui pole, peate olema sisse
logitud jarelevaataja kasutajarolliga, et markida reaktiiv eelistatuks).

iii. Klopsake Save (Salvesta).

Avage niitid ekraani allosas filtrites vahekaart Inventory (Varud) ja valige Reagent containers
(Reaktiivimahutid) kui Package type (Pakendi tiilip), Primaries (Esmased) kui Reagent Type
(Reaktiivitlilip), In stock (Laos) kui Inventory status (Varude olek), Leica Microsystems kui Supplier
(Tarnija) ja Preferred (Eelistatud) kui Preferred status (Eelistatud olek).

Koik vajalikud antikehad peaksid ilmuma koos saadaval mahtudega.
Veenduge, et iga antikeha oleks piisavas koguses.

Samal vahekaardil valige BOND tuvastussiisteemid kui Package type (Pakendi tiilip) ja In stock
(Laos) kui Inventory status (Varude olek). Kontrollige, et tabelis on loetletud eelistatud
tuvastussiisteem, BOND Polymer Refine Detection ja et seda on piisavalt (vt

8.3.1.1 - Tuvastussiisteemide aruandluse maht).
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4.1.3  Objektiklaaside seadistamine

Selles jaotises kirjeldatakse siisteemile BOND objektiklaaside varvimiseks vajalike andmete Slitie: setup
edastamist ja objektiklaaside asetamist to6tlusmoodulisse. E%

Selles jaotises kirjeldatud tarkvaratoiminguid teostatakse kuval Slide setup (Objektiklaasi
sétted). Selle kuva kuvamiseks kiGpsake funktsiooniribal ikooni Slide setup (Objektiklaasi satted).

Vt alajaotisi:

e 4.1.3.1-Juhu andmete sisestamine

o 4.1.3.2-0Objektiklaasi andmete sisestamine
e 4.1.3.3-Kontrollid

o 4.1.3.4-Objektiklaaside sildistamine

e 4.1.3.5- Objektiklaaside laadimine

4.1.3.1 Juhu andmete sisestamine

Koigepealt peame proovipatsiendi jaoks looma tarkvarasse juhu. Meie néites on patsiendi nimeks A
Edward, juhu ID 3688, kelle arst on dr Smith.

1. Klopsake nuppu Add case (Lisa juht) kuval Slide setup (Objektiklaasi s&tted). Tarkvara kuvab
dialoogi Add case (Juhu lisamine).

joonis 4-1: Dialoog Add case (Juhu lisamine)

2. Klopsake viljal Case ID (Juhu ID) ja sisestage ,3688".

Kldpsake véljal Patient name (Patsiendi nimi) ja tippige ,Edward, A”.

4. Klopsake Manage doctors (Halda arste), et avada dialoog Manage doctors (Arstide haldamine).
Kldpsake seal Add (Lisa), et dialoog Add doctor (Arsti lisamine) ja sisestage valjale Name (Nimi)
»Smith”. Veenduge, et ruut Preferred (Eelistatud) oleks margitud. KIopsake Save (Salvesta).

5. Dialoogis Manage doctors (Arstide haldamine) valige ,Smith” ja kiopsake OK.

6. Valige juhu vaikevaartuseks 150 pl jaotusmaht. Seda séatet saab soovi korral objektiklaasi
seadistamisel alistada.

7. Valige véljal Preparation protocol (Ettevalmistusprotokoll) *Dewax (*Vahaeemaldus) voi *Bake and
Dewax (Kuumutamine ja vahaeemaldus), et méarata juhs olevate objektiklaaside
vaikeettevalmistusviis. Seda satet saab soovi korral objektiklaasi seadistamisel alistada.

8. Klopsake OK, et sulgeda dialoogiaken Add case (Lisa kaust) — kuva Slide setup (Objektiklaasi
satted) vasakul pool olevas tabelis kuvatakse uus juht.

w

Lisateavet juhtudega to6tamise kohta vt 6.3 - To6tamine juhtudega.
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4.1.3.2 Objektiklaasi andmete sisestamine

Jargmises etapis loome tarkvaras iga nelja fiilisilise objektiklaasi jaoks ,objektiklaasi”.

1.

Valige kuva vasakul pool olevast juhtude loendist meie uus juht ID 3688.

2. Kldpsake nuppu Add slide (Lisa objektiklaas), et kuvada dialoog Add slide (Objektiklaasi lisamine).

Add slide

Edweard, A.

Case I Toasuse type: [ r———

R +  Test tissue 100 L

Smith Megatrae ssue + 180 pL

Slide 10 .

Pusitive tissue

Cans N

5 Stnining mude:

— B - | - |

Date created:

M-Sap-13 T 53 56 AM
Precass ¥ B -
Harker B
swng =
Praparation -
HIER “HIER: 20 min with ERJ -
=

=3

joonis 4-2: Dialoog Add slide (Objektiklaasi lisamine)

Soovi korral lisage sellele objektiklaasile omane kommentaar.
Veenduge, et koe tlilibiks on valitud Test Tissue (Testkude).

Valige tootlusmoodulile ja koe suurusele sobiv jaotusmaht (vt 6.5.8 - Jaotusmahud ja koe asend
objektiklaasidel).

Eeldame, et objektiklaase to0deldakse BOND-is, seega maaratud jaotusmaht on 150 pl.
Valige reziimis Staining mode (Varvimisreziim) Single (Uksik) ja Routine (Tavaline).
Kldpsake IHC (Immunohistokeemia), et mé&arata IHK protsess.

Valige loendist Marker suvand *CD5 (4C7).

Kaardil Protocols Protokoll) sisestab tarkvara automaatselt juhu jaoks ettevalmistamise
protokollikomplekti ning *CD5 jaoks varvimise ja toomise protokollid.

Kldpsake Add slide (Lisa objektiklaas).

Objektiklaas lisatakse objektiklaaside loendisse, mis asub kuvast Slide setup (Objektiklaasi
sétted). Dialoog Add slide (Lisa objektiklaas) jadb avatuks.

10. Korrake samme 8-9 kolm korda ja valige sammus 8 markeriks *CD3 (LN10), *CD10 (56C6) ja *Bcl-

6 (LN22).

11.Kui k&ik objektiklaasid on lisatud, klopsake Close (Sule), et dialoog Add slide (Objektiklaasi

lisamine) sulgeda.
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4. Lihitutvustus

12.Vaadake iile objektiklaasi loendis olevad iiksikasjad.

1 00000002
*CD5

*IHC F *D *— *H2(20)

V4 00000003

3 00000004
*CD10

*IHC F *D *— *H2(20)

4 00000005
*Bclé

*IHC F *D *— *H2(20)

joonis 4-3: Kuval Slide setup (Objektiklaasi s&tted) on konfigureeritud neli objektiklaasi

Kui teil on vaja objektiklaasi andmeid muuta, topeltkldpsake objektiklaasi, et avada dialoog Slide
properties (Objektiklaasi satted), muutke andmeid vastavalt vajadusele, seejarel klopsake OK.

Lisateavet objektiklaasidega to6tamise kohta vt 6.5 - Objektiklaasidega to6tamine.

Voite kasutada paneele, et lisada kiiresti mitu objektiklaasi, mida tavaliselt kasutate. Paneelide selgitusi
ning nende loomise ja kasutamise juhiseid vt 8.4 - Kuva Reaktiivipaneelid.

4.1.3.3 Kontrollid

6 Kasutage stisteemis BOND alati kontrolle. Soovitame tungivalt asetada sobiv kontrollkude patsiendi
koega samadele objektiklaasidele. Lisaks sellele saate luua eraldi juhu spetsiaalselt kontroll-
objektiklaaside jaoks. Pdhjalikumat selgitust vt 6.2 - To6tamine kontrollidega.

4.1.3.4 Objektiklaaside sildistamine

Niud olete valmis objektiklaaside siltide printimiseks ja kinnitamiseks objektiklaasidele.

1. Klopsake valikut Print labels (Prindi sildid) kuval Slide setup (Objektiklaasi satted).

2. Klopsake valikut All slide labels not yet printed (Koik objektiklaasisildid pole veel prinditud) ja
seejérel Print (Prindi).
Sildid on prinditud.
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4. Luhitutvustus

3. Veenduge, et objektiklaasi hdgus ala (kus silti kasutatakse) on kuiv, seejarel pange silt nii, et
objektiklaasi ID-ga voi vootkood oleks objektiklaasi otsaga paralleelne. Kui objektiklaasi hoitakse
sildiga pealpool, peab silt olema parempoolsel killjel.

000055
v

joonis 4-4: Oigesti paigaldatud silt

Lisateavet vt 6.6 - Objektiklaaside sildistamine.

4.1.3.5 Objektiklaaside laadimine

Laadige objektiklaasid jargmiselt.

1. Hoidke objektiklaasi sildiotsast nii, et proov oleks kdige (ileval.

2. Suunake objektiklaas iile tiihja positsiooni objektiklaaside alusel, nii et objektiklaasi sildiots on iile
slivendi aluse kiiljel (vt joonis 4-5). Asetage objektiklaas alla, nii et see istub alusel siivistatud
asendis.

joonis 4-5: Objektiklaasi asetamine objektiklaaside alusele

72 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 kasutusjuhend (mitte USA ja Hiina jaoks) Vers. A05



4. Lihitutvustus

3. Hoidke Covertile'i katteplaati tagumisest osast ja asetage see objektiklaasile, sobitades katteplaadi
kaelal oleva votme objektiklaaside aluse siivendisse (tahistatud ringiga joonisel joonis 4-6). Uue
disainiga Covertile'i katteplaadid tahendavad, et katteplaadile triikitud séna ,Leica” peab olema
oigetpidi, mis nditab, et katteplaat on digetpidi.

joonis 4-6: Covertile'i katteplaadi paigutamine objektiklaasile

4. Kui kdik objektiklaasid ja Covertile'i katteplaadid on alusele laaditud, tdstke alust ja jatke see tiihja
objektiklaaside varvimiskambri sissepaasu kiilge. Liikake alus moodulisse nii kaugele kui vdimalik.
Kui alus on paigas, peab see kergelt sisse libisema ja kuuldavalt kldpsama.
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4. Luhitutvustus

4.1.4 Reaktiivide laadimine

Nidd tuleb t66tlusmoodulisse asetada tuvastussiisteemi (BOND Polymer Refine) ja markerite kanistrid
(CD5,*CD3, *CD10 ja *Bcl-6).

Reaktiivimahutid vbivad transportimise ajal imber kukkuda, jattes korgi imber
< reaktiivijaagid. Reaktiivimahutite avamisel kandke alati nduetekohaseid kaitseprille,

=

== kindaid ja kaitseriietust.

- -

Reaktiivide laadimiseks seadme BOND-III voi BOND-MAX t66tlusmoodulisse toimige jargmiselt.

1. Asetage markerite kanistrid reaktiivialustele, joondades mahutitel olevad sooned aluse
slivenditega. Vajutage alla, kuni kanistrid klopsavad paika.
Markerikanistrid vdib soovi korral asetada tuvastussiisteemi aluste varukambritesse.

joonis 4-7: Reatiivimahuti reaktiivialusel
(nooled naitavad reaktiivimahuti ja reaktiivialuse sooni)

2. Avage koik markeri- ja tuvastussiisteemi kanistrid. KIopsake kaaned lahti ja pd6rake tagasi, kuni
need haakuvad kanistrite taga olevatel sakkidel.
3. Veenduge, et vootkoodisildid oleksid kanistrite kiilge tdielikult kinnitunud — vajutage alla kdik

kerkivad sildid.

74 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 kasutusjuhend (mitte USA ja Hiina jaoks) Vers. A05



4. Lihitutvustus

4. Asetage reaktiivialused to66tlusmooduli reaktiiviplatvormile. Kasutage platvormil olevaid juhikuid, et

alused 0Oigesti platvormile juhtida.
Kui alus jéuab platvormi I6ppu, peaks see lukustuma. Aluse LED muutub roheliseks, et ndidata, et
alus on paigas.

Seletus

1 Aluse lukustusmehhanism

2 Tootlemismooduli lukustusport

joonis 4-8: Reatiivialuse sisestamine

5. Kuva Siisteemi olek kuvamiseks kldpsake tarkvaras t66tlusmooduli vahekaarti.

Reaktiiviveerg kuvatakse heledama varviga ja tumeda piirjoonega, mis néitab, et alus on
pildistamise ootel. Stisteem BOND pildistab reaktiivide ID-d kohe, kui pearobot on saadaval, ja
varskendab seejarel reaktiivide ikoonid.

*CD5
*CD30
"CD10

K67

ucpIaeq) auley Jaukod puog

joonis 4-9: Reaktiivialuse olek, nagu on naidatud kuval ,Siisteemi olek”
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Kui reaktiividega on probleeme, kuvab tarkvara sellel ekraanil tdhelepanu ikooni. Lisateabe
saamiseks paremklopsake ikooni (vt 5.1.3.4 - Reaktiiviprobleemide lahendamine).

0 Pange tahele, et reaktiivialuseid saab eemaldada igal ajal, kui aluse LED on roheline. Kui 2 minuti
jooksul on vaja alusel olevat reaktiivi, muutub LED punaseks, ndidates, et alus on lukustatud (vt
2.2.6.5 - Reaktiiviplatvorm).
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4. Lihitutvustus

4.1

.5 Protokolli kaitamine

Kui objektiklaasid ja reaktiivid on konfigureeritud ja t66tlusmoodulisse laaditud, olete valmis to6tlemist
alustama.

1.
2.

o

o

Veenduge, et to6tlusmooduli kaas oleks suletud.

Vajutage laaditud objektiklaaside aluse all oleval esikiiljel olevat nuppu Load/Unload
(Laadi/eemalda).

BOND-IIl vdi BOND-MAX lukustab aluse ja objektiklaaside aluse margutuli peaks oranzilt pdlema.

Kuulake, kuidas objektiklaaside alus lukustub — kui kostub valjusid pragunemise vi kidpsumise
helisid, on tdenaoline, et Covertile'i katteplaadid on paigast ara. Sellisel juhul avage alus
lukustusest, eemaldage ning kontrollige objektiklaase ja Covertile'i katteplaate.

Niipea kui p&hirobot on saadaval, loob BOND siisteem objektiklaasidele pildi.

Kui moni vajalik reaktiiv pole saadaval, kuvab tarkvara objektiklaaside loendi all hoiatusikooni.
Lisateabe saamiseks paremklopsake ikooni.

Kui ei ole tundmatuid ega sobimatuid objektiklaase, on objektiklaasid niild varvimistsiikliks valmis.
Edenemisriba on algetapis (vt 5.1.6.2 - Tsiikli edenemine) ja analiilsitsiikli olek on Slides ready
(Objektiklaasid valmis) (vt 5.1.6.1 - Tsiikli olek).

Klopsake - et kdivitada protokoll (v6i voite seadistada seadme hiljem kaivituma, vt
5.1.8 - Viitkaivitus).

Siisteem plaanib tsiikli, seejarel lilitub edenemisriba t66tlemise faasi ja tsiikli olekuks on Proc
(OK) (T66tlemine (OK)).

Kaivitage korraga ainult Gks analliisitsiikkel ja oodake 1-2 minutit enne jargmise analiilisitsiikli
alustamist. Parast iga tsiikli kdivitamist oodake veidi, et veenduda selle edukas kaivitumises. Kui
tsiikkel ei kaivitunud, on selle olekuks Rejected/Slides ready Tagasiliikatud / objektiklaasid valmis.
Vit 5.1.6.1 - Tsikli olek.

Tsukli tootamise ajal ei vabasta selle objektiklaaside varvimiskamber laadimise/mahalaadimise nupp
objektiklaaside alust.

Klopsake tsiiklist loobumiseks _ kuva System status (Siisteemi olek) all (vt 5.1.7 - Tsiikli
kdivitamine voi peatamine).
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4. Luhitutvustus

4.1

.6 Lopetamine

Kui to6tlemistsiikkel on 16ppenud, siis to6tlusmooduli vahekaardi ikoon vilgub (vt 5.1.1 - T66tlusmooduli
vahekaardid). Kui tsiikli ajal esines ootamatuid siindmusi, on kuva tekst punane ja teavituse siimbol ilmub
aluse alla ja m&jutatud objektiklaasidele. Sellisel juhul kontrollige kuva System status (Siisteemi olek)
hoiatusikoonide suhtes ja paremkldpsake neid, et kuvada teave hoiatuse oleku kohta. Samuti peaksite
kontrollima aruannet Run Events Report (Kéivita siindmused) (vt 9.4 - Tsiikli sindmuste aruanne), et naha
muud teavet kaituse ajal esinevate probleemide kohta.

Kui tsiikkel on 16ppenud:

1.

o

5.

Eemaldage reaktiivialused.

Sulgege reaktiivimahuti kaaned kindlalt, et valtida reaktiivide aurustumist, ja sailitage reaktiivid
kohe sildil vdi reaktiivide andmelehel soovitatud viisil.

Vajutage nuppu Load/Unload (Laadi/eemalda) ja eemaldage objektiklaaside alused
t66tlusmoodulist.

Kuulake uuesti, kas aluse eemaldamisel kostub pragunemise voi kldpsamise helisid. Kui kuulete, et
kontrollige, kas objektiklaaside varvimiskambris ja selle imber ei ole purunenud objektiklaase, mis
vOib juhtuda, kui objektiklaas on valesti joondatud; sel juhul vétke lihendust klienditoega.

Asetage objektiklaaside alus tasasele stabiilsele pinnale. Eemaldage Covertile'i katteplaadid,
hoides objektiklaasi silti all ja surudes seejarel katteplaadi kaela ettevaatlikult allapoole, et
katteplaadi ots objektiklaasilt maha tdsta.

Arge libistage Covertile'i katteplaati iile objektiklaasi pinna, sest vdite kude kahjustada, muutes
objektiklaaside lugemise raskeks.

Tdstke Covertile'i katteplaadid objektiklaaside kiiljest ja puhastage need, nagu on kirjeldatud
jaotises 12.3 - Katteplaadid Covertile.

Eemaldage objektiklaasid ja jatkake nende t06tlemise jargmise sammuga vastavalt
laboriprotseduuridele.

Saate valida mis tahes objektiklaaside uuesti to6tlemise (vt 9.3 - Objektiklaaside omadused ja
objektiklaasi kordustsiikkel).

See IOpetab teie esimese BOND siisteemi tsiikli.
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5. Olekukuvad (BOND-i
kontrolleril)

Kliinilises klientrakenduses on igal to6tlusmoodulil kaks olekukuva ja liks hoolduskuva, mis valitakse akna
vasakus Ulanurgas olevatelt vahekaartidelt, kui vasakpoolsetelt vahekaartidelt on valitud t66tlusmoodul.
Kuva System status (Siisteemi olek) pakub véimalust juhtida siisteemi vaate kaudu, mis néitab
objektiklaaside ja reaktiivide paigutust moodulis. Kuva Protocol status (Protokolli olek) annab teavet
konkreetsete objektiklaaside protokolli edenemise kohta. Kuval Maintenance (Hooldus) on erinevate
hooldustoimingute kasud.

« 5.1-Kuva Status Screen (Siisteemi olek)
« 5.2 -Protokolli oleku kuva
« 5.3 -Kuva Maintenance (Hooldus)
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5. Olekukuvad (BOND-i kontrolleril)

5.1  Kuva Status Screen (Sisteemi olek)

Sellel kuval saate to6tlemist juhtida ning see kuvab objektiklaasialuste ja laaditud reaktiivide andmed,
samuti slisteemi reaktiivide oleku, jaatmed ja blokeeringud.

Empa e wNs Pl

e

Unkocknd

joonis 5-1: Seadme BOND-IIl kuva System status (Siisteemi olek)

Tootlusmooduli vahekaardid olekukuvadest vasakul annavad visuaalse kokkuvotte seotud to6tlusmooduli
olekust. KIdpsake vahekaarti, et ndha t66tlusmooduli tiksikasjalikku olekut.

Lisateavet vt:

e 5.1.1-Tootlusmooduli vahekaardid

o 5.1.2-Riistvara olek

o 5.1.3 - Reaktiivi olek

o 5.1.4-0bjektiklaasi teave

o 5.1.5- Laaditud objektiklaasi identifitseerimine
e 5.1.6 - Tsukli edenemisriba

e 5.1.7 - Tsuikli kdivitamine voi peatamine

« 5.1.8 - Viitkaivitus
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5. Olekukuvad (BOND-i kontrolleril)

5.1.1 Tootlusmooduli vahekaardid

Tarkvara kuvab kuva vasakus servas iihe vahekaardi iga to6tlusmooduli kohta siisteemis
(Uhekohaline) voi liksuses, millega klientrakendus on Gthendatud (BOND-ADVANCE). Kui kdigi @
tootlusmoodulite kuvamiseks pole piisavalt vertikaalset ruumi, kerige iles ja alla, kasutades

kuvatavaid noolenuppe (paremal kuvatav lesnool).

>

| masam

joonis 5-2: Téotlusmooduli vahekaart (BOND-III)

Iga vahekaart naitab to6tlusmooduli nime ja ristkilikukujulised ikoonid nditavad mooduli objektiklaasi
varvimiskambrite olekut (vt allpool). To6tlusmooduli kuva System status (Siisteemi olek) kuvamiseks
kldpsake vahekaarti. Kui t66tlusmooduli vahekaart (vt dlal), ilmuvad selle imber sinine piirjoon ja
paremale suunatud nool.

5.1.1.1 Objektiklaaside varvimiskambri olekud

Allpool on toodud objektiklaasi varvimiskambri olekute néited, mida vdite to6tlusmooduli vahekaardil
naha.

Enne tsiiklit tehke jargmist.

Tuhi ristkilik: alust ei ole voi see ei ole lukustatud.

Animeeritud ID-numbrid ja pidevribad: alust pildistatakse.

o

Objektiklaasidega aluse ikoon: objektiklaasisildid on pildistatud ja alus on tsikliks
valmis.

Tsiikli ajal.

Ajanait mustaga, liikuvate tappidega vasakul: alus t66tab ja ootamatutest stindmustest
pole teatatud. Kuvatav aeg on aluse eeldatav [6petamise aeg.

Ajanait punasega, liikkuvate tappidega vasakul: alus to6tab ja teatatud on ootamatutest
stindmustest. Kuvatav aeg on aluse eeldatav |6petamise aeg.

Vilkuv aeg kuvatakse mustana, liikkumatud tapid vasakul: tsiikkel I6petati ndidatud ajal,
ootamatest siindmustest ei teatatud.

Vilkuv aeg kuvatakse punasena, liikumatud tapid vasakul: tsiikkel 1dpetati naidatud ajal,
toimusid ootamatud stindmused.

Tsiikkel katkestati.
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5. Olekukuvad (BOND-i kontrolleril)

5.1.1.2 Tootlusmooduli olekud

Tarkvara jalgib pidevalt siisteemi olekut ja vbib kuvada ikoone t66tlusmooduli vahekaardil jargmiselt.

lkoon Tahendus lkoon Tahendus
_&';_ Tootlusmoodul ei ole Hoiatus!
ihendatud.
BOND tarkvara tuvastas ootamatu
oleku.
:: (Vilkuv) Tootlusmoodulit Alarm (vilkuv):
— |dhtestatakse. e . o
T60 jatkamiseks vajab to6tlusmoodul
kasutaja sekkumist.
To6tlusmoodulit hetkel @ To6tlusmoodul 13bib
hooldatakse. hooldustoiminguid.
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5. Olekukuvad (BOND-i kontrolleril)

51.2 Riistvara olek

l‘.k' . .. .
Ikoonid kuva paremas alumises nurgas kuvavad hoiatust vOi alarmi #**  kui slisteemisBOND on

o
probleem, voi teabeindikaatorit @ , kui stisteemil on ildine teavitus. Lisateabe saamiseks
paremklopsake ikooni.

q Uldine siisteemirike v8i hooldustoimingu meeldetuletus.

~

q llmub kas kaane avamisel véi (ainult BOND-MAX) kui kanistri luuk on

& varvimistsikli ajal avatud. Need peavad olema t66tlusmooduli kdivitamiseks
suletud.

(i)

Kui varvimistsiiklit ei toimu, ilmub selle asemel teabeindikaator == .

Reaktiiv puudub v6i on ebapiisav.

Tootlusmoodul on kaivitanud lahtestamise ja ei ole veel Uritanud segamiss6ime
skannida.

Segamissdlme ldhtestaamise ajal ei identifitseeritud. SdIme ei pruugi olla kohal
vOi see voib olla olemas, kuid vootkoodi ei tuvastatud.

Vajaduse korral asetage seadmesse puhas segamissdlm. Paremklopsake ikooni
jajargige juhiseid, et teavitada slisteemi, et segamissdlm on paigas.

viimase sulgemise ajal maardunud).
Veenduge, et oleks olemas puhas segamiss6lm, seejarel tehke ikoonil
paremkldps ja kinnitage.

Segamissdlme puhastamine ebadnnestus.

Jarelejaanud puhtaid viaale kasutades saate siiski jatkata. Vastasel juhul peate
teavituse kustutamiseks tootlusmooduli taaskaivitama.

Kui teavitus ei kao, voib see viidata vedelikusiisteemi probleemile — votke
thendust klienditoega.

Puhtaid segamisviaale ei ole saadaval.

3
% Segamissdlme olek on kéivitamisel maardunud (nt s6Im oli té6tlusmooduli

Oodake, kuni t66tlusmoodul mdne viaali puhastab ja jatkake seejarel
tavaparaselt.

Kui viaale ei puhastata, tuleb vdib-olla t66tlusmoodul taaskaivitada. Kui teavitus
ei kao, voib see viidata vedelikusiisteemi probleemile — vétke tihendust
klienditoega.

0 Vajadusel voite segamissdlme késitsi puhastada. Vt jaotist 12.7 - Pesuplokk ja segamissolm.
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5. Olekukuvad (BOND-i kontrolleril)

5.1.2.1 Soojendi torked

Koiki BOND-III ja BOND-MAX liugsoojendeid jalgitakse eraldi ja need tahistatakse temperatuurivea korral
rikkega (vt joonis 5-3). Rikkega soojendi korral votke tihendust klienditoega.

€5

joonis 5-3: Eraldiseisva soojendi tdrge

Arge piiiidke t66delda objektiklaasi, mis nduab kuumutamist rikkega mérgitud positsioonis. Kui soojendil
tekib tsiikli ajal rike, vOib see objektiklaasi selles positsioonis kahjustada. Kui soojendi talitlushaire on
ohutusrisk, voib see lilitada vélja t66tlusmooduli kogu objektiklaasisoojenduse (vt joonis 5-4).

= = =
=4 2 =
— =2 =

joonis 5-4: Hallid soojendisiimbolid igas positsioonis tahistavad taielikku soojenduse valjaliilitamist

Kui objektiklaasisoojendus on vilja lilitatud, peate to6tlusmooduli vélja lilitama ja uuesti kdivitama ning
kuumuti lukustuse avama. Voite jatkata objektiklaaside positsioonide kasutamist rikkega soojenditega,
kuni seal to6deldud objektiklaasid ei vaja kuumutamist.

5.1.2.2 Temperatuuri nditamine

Kui objektiklaasi varvimiskamber on imbritseva keskkonna temperatuurist kdrgem, ilmub kuva System
status (Slisteemi olek) allservade juurde temperatuurindidik.

Kuva allosas olev temperatuuriindikaator naitab, et objektiklaasi varvimiskamber on soe voi kuum.

I¢ ¢

joonis 5-5: Temperatuuriindikaator — soe (vasak) ja kuum
(parem)
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Ka kuval System status (Siisteemi olek) olevad objektiklaasialuste piirjooned muudavad varvi, et nédidata
temperatuuri: sinine, kui alus on imbritseval temperatuuril, oranz, kui alus on soe, ja punane, kui alus on
kuum.

41 00000404 _
PmeaTe e o -} 89°C
) 711°C we

. Nﬂ-‘g ‘N&g

joonis 5-6: Objektiklaasialuste temperatuurindidikute piirjooned: soe (vasak) ja kuum
(parem)

HOIATUS! Viltige kokkupuudet objektiklaaside varvimiskambrite ja nende imbrusega.
Need vdivad olla vdaga kuumad ja pdhjustada tdsiseid pdletusi. Jatke
objektiklaaside varvimiskambrid ja nende imbrised 20 minutiks parast t66
I6petamist jahtuma.
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51.3 Reaktiivi olek

Kuva System statud (Siisteemi olek) paremal poolel kuvatakse identifitseeritud reaktiivide olek.
Allolevates jaotistes kirjeldatakse kasutatud ikoone ja seda, kuidas parandada moéningaid ekraanil
naidatud reaktiiviprobleeme.

o 5.1.3.1 - Reaktiivisiisteemid

o 5.1.3.2 - Reaktiivikanistrid

o 5.1.3.3 - Reaktiivitasemed

o 5.1.3.4 - Reaktiiviprobleemide lahendamine

o 5.1.3.5- Tuvastamata reaktiivide parandamine
« 5.1.3.6 - Kanistri olek

5.1.3.1 Reaktiivisiisteemid

BOND-i tuvastussiisteem voi
Hond Polymer Refine Detection Leica teranostiline siisteem

BOND-i puhastussiisteem

Bond Aspirating Froba
Cleaning System

5.1.3.2 Reaktiivikanistrid

0 Reaktiivikanistrite ikoonidel on BOND-iga kaasas olevate reaktiivide nimede ees tarn (*).

BOND-i kasutusvalmis primaarne antikeha.

oot Reaktiivide andmed sisestatakse nende registreerimisel BOND-i tarkvara poolt
automaatselt. Kuvatakse reaktiivi liihendatud nimi.

[— BOND-i kasutusvalmis ISH proov.
*KAPPApD L . . _ .

Reaktiivide andmed sisestatakse nende registreerimisel BOND-i tarkvara poolt
automaatselt. Kuvatakse reaktiivi lihendatud nimi.
Kasutajapoolne primaarne antikeha BOND-i avatud vai tiitrimiskanistris.

chs Nende reaktiivide andmed tuleb enne registreerimist kasitsi kuval Reagent Setup
(Reaktiivi seadistamine), lisades registreerimisel ndutava partii numbri ja
aegumiskuupdeva. Kuvatakse reaktiivi lihendatud nimi.
Kasutajapoolne ISH proov BOND-i avatud vai tiitrimiskanistris.

EBER

Nende reaktiivide andmed tuleb enne registreerimist kasitsi sisestada kuval
Reagent Setup (Reaktiivi seadistamine), lisades registreerimisel néutava partii
numbri ja aegumiskuupaeva. Kuvatakse reaktiivi lihendatud nimi.
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*anfiBIOTIN

"Enzymal

YaH2O

Fr
R

=

5.1.3.3

BOND-i kasutusvalmis abiained.

Reaktiivide andmed sisestatakse nende registreerimisel BOND-i tarkvara poolt
automaatselt. Kuvatakse reaktiivi liihendatud nimi.

BOND-i ensiiim BOND-i avatud voi tiitrimismahutis.

BOND-i ensiiiim tuleb kasutaja poolt ette valmistada ja avatud kanistrisse panna,
kuid reaktiivi seadistamise andmed on BOND-i tarkvaras eelnevalt maaratletud.
Registreerimisel on ndutav ainult partii number ja aegumiskuupéev.

Kasutaja poolt tarnitud lisareaktiiv BOND-i avatud vaoi tiitrimiskanistris.

Nende reaktiivide andmed tuleb enne registreerimist kasitsi sisestada kuval
Reagent Setup (Reaktiivi seadistamine), lisades registreerimisel néutava partii
numbri ja aegumiskuupéeva. Kuvatakse reaktiivi lihendatud nimi.

Tarkvara ei tuvastanud selles positsioonis reaktiivi.

Reaktiivi olemasolul vaadake andmeid probleemi lahendamise kohta jaotisest
5.1.3.5 - Tuvastamata reaktiivide parandamine. Kui pildistaja ei suuda tihti
Oigesti ID-sid pildistada, puhastage ID-pildistaja aken (vt 12.9 - ID-pildistaja).

BOND-i tarkvara tuvastas selle reaktiiviga seotud probleemi. Lisateabe
saamiseks paremkldopsake teavitussiimbolit.

Voib juhtuda, et BOND-i tarkvara ei tundnud reaktiivi ara. Sellisel juhul kasutage
reaktiivi skannimiseks kadeshoitavat skannerit ja lisage reaktiiv varudesse. Kui ID
on kahjustatud, sisestage ID kasitsi. Lisateavet leiate jaotisest 8.3.3 - Reaktiivide
ja reaktiivislisteemide registreerimine.

BOND:-i tarkvara tuvastas selle reaktiiviga voi reaktiivisiisteemiga seotud
probleemi. Lisateabe saamiseks paremklopsake teabesiimbolit.

Reaktiivitasemed

Reaktiivisiisteemide ikoonid néitavad kuval System status (Siisteemi olek) ainult kolme taset.

Bond Polymer Refine Detection Tais kuni umbes 20%
ulatuses téis

Bond Polymer Refine Detection Madal (umbes 20% alles
kuni peaaegu tiihi)

o

Bond Polymer Refine Detection Tuhi
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Kasutusvalmis reaktiivid ja avatud kanistri ikoonid néitavad reaktiivitaset tdpsemalt.

*CO10 *CO10 *CO10 ‘D10 :
AL *C010

joonis 5-7: Kasutusvalmis reaktiivide tasemete naited on toodud kuval System status (Siisteemi olek)

Reaktiivi- vOi reaktiivislisteemi varude iksikasjalikuma teabe vaatamiseks paremkldpsake ikooni ja valige
hiipikmeniiiist Inventory ... (Varud). Imub kuva Reagent inventory details (Reaktiivivarude andmed). Vit
jaotist 8.3.2 - Reaktiivi voi reaktiivisiisteemi andmed.

5.1.3.4 Reaktiiviprobleemide lahendamine

Kui BOND-i tarkvara tuvastab enne tsikli kaivitumist probleemi reaktiiviga, mida on vaja to6tlemisel,
kuvab tarkvara kuval System status (Siisteemi olek) reaktiivikanistri kujutisel objektiklaasialuse all
tahelepanuikooni. Kui probleem tekib tsiikli ajal, ilmub reaktiivi riistvaraoleku ikooni kohale
tahelepanuikoon, nagu selles jaotises eespool kirjeldatud. Lisateabe saamiseks probleemi kohta
paremklopsake tahelepanuikooni.

Kui peate reaktiivi asendama voi seda lisama, eemaldage probleemset reaktiivi sisaldav reaktiivialus,
asendage ndutav reaktiiv voi lisage seda alusele ja laadige alus uuesti.

Pange tahele, et kui té6tlemine on pooleli ja reaktiivi on vaja mingil alusel 2 minuti jooksul, ei saa te seda
alust eemaldada ilma tsiiklit tiihistamata. Seda naitab punaselt pdleva reaktiivialuse indikaator.

5.1.3.5 Tuvastamata reaktiivide parandamine

Kui reaktiivi ei tuvastata, toimige jargmiselt.
1. Kontrollige, kas:

« Reaktiivikanister on reaktiivialusele digesti asetatud
« Reaktiivikanistri kork on avatud ja kinnitatud kanistri tagakiiljele
« Kanistri Gilemisel esikiiljel on kahjustamata reaktiivi véotkoodi ID.

2. Veenduge, et reaktiivi varu on registreeritud.

« Kui reaktiiv pole registreeritud, registreerige see nii, nagu on kirjeldatud jaotises
8.3.3 - Reaktiivide ja reaktiivislisteemide registreerimine

3. Nild saate kas

i. eemaldada reaktiivialuse (seejarel markige (les vastava reaktiivi kordumatu
pakendiidentifikaator (UPI)) ja sisestada see uuesti, et siisteem automaatselt reaktiivialuse
identifitseeriks, voi

ii. kui reaktiivialuse uuesti sisestamine ei ole tohus lahendus, saate reaktiivi kdsitsi
identifitseerida — paremklGpsake kanistri ikooni kuval System status (Siisteemi olek) ja
kldpsake alammeniiiis Select... (Vali...). Sisestage ilaltoodud reaktiivi UPI ja klpsake OK.
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Pildil kuvatakse siimbol “,QM‘, mis identifitseerida kasitsi tuvastatud reaktiivi, vt joonis 5-8 allpool.

Siimbol (ja kasitsi tuvastatud reaktiiv) eemaldatakse reaktiivialuse eemaldamisel.

[
19:
[

*CD20

joonis 5-8: Kasitsi sisestatud reaktiiv

5.1.3.6 Kanistri olek

Kuva System status (Siisteemi olek) paremas alanurgas kuvatakse jadtmemabhuti ja reaktiivikanistri
ikoonid. Kanistrid on sildistatud ja varvid vastavad paigaldatud kanistritele. Kanistriikoonide asukohad
slisteemi olekukuval naitavad vastavate kanistrilahtrite flilisilisi positsioone t66tlusmoodulis.

Iga toéotlusmoodulitiitibi tegeliku kanistrikonfiguratsiooni leiate jaotisest 2.2.7 - Kanistrite lahter.

o] o}

"ER1 "ER2
*Dewax D *BWash “Alcohal *BlkWast *BlkWast *HazWast

joonis 5-9: Kanistrid (BOND-III konfiguratsioon)

DE]U@DDD 5

"HazWast "ER1 "ERZ "Dewax "D ‘B\Wazh “aAlcohol "Blkias!

joonis 5-10: Kanistrid (BOND-MAX konfiguratsioon)
Koige parempoolsem ikoon tahistab valist jadgtmemahutit

Allpool on kirjeldatud kdigi eespool nimetatud kanistrite sisu.

Kanistri silt Kanistri sisu
*Dewax BOND Dewax Solution
*DI Deioniseeritud vesi
*BWash BOND Wash Solution
*Alcohol Alkohol (reaktiiviklass)
*BlkWast Po&hiaine jaatmed
*HazWast Ohtlikud jaatmed
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Kanistri silt Kanistri sisu
*ER1 BOND Epitope Retrieval Solution 1
*ER2 BOND Epitope Retrieval Solution 2

BOND-III

Tarkvara kuvab BOND-III reaktiivikanistrite ja jaatmemahutite vedelikutaset. Kui reaktiivitase on madal voi
jaatmetase korge, kuvatakse séltuvalt probleemi raskusastmest teavitus, alarm (vilkuv) vdi hoiatuse
ikoon. Paremkldpsake ikooni, et vaadata hoiatussdnumit ja teha probleemi lahendamiseks vajalikud
toimingud - vt 12.2.2 - Kanistrite tditmine voi tihjendamine.

Markus. Kui ilmub hoiatussiimbol, peatatakse t66tlemine, kuni probleem on kérvaldatud.

BOND-IIl kasutab kanistrite oleku téahistamiseks jargmisi piltsimboleid.

Siimbol Kirjeldus

Kanister on tais.

Kanister on tdidetud iile poole.

Kanister on taidetud alla poole.

Kanister on peaaegu tiihi vdi tiihi.

Kuvatakse, kui:

o )| WD =N

« jaatmemahuti on peaaegu téis ja tuleb kohe tiihjendada
« reaktiiv hakkab otsa saama ja kanister tuleb kohe téita
o kanister puudub

« tsikli alustamiseks ebapiisav kogus

Vit jaotist 12.2.2 - Kanistrite taitmine vdi tiihjendamine.

Kuvatakse, kui tsiikkel on peatatud jargmise tottu:

« jadtmemahuti on tais ja tuleb viivitamatult tiihjendada (hoiatus)
Vol « reaktiiv on otsas ja kanister tuleb viivitamatult taita (hoiatus)
« kanister puudub ja on to6tlemiseks vajalik (alarm)

Vit jaotist 12.2.2 - Kanistrite tditmine voi tihjendamine.

0 Kanistri olek kuval System status (Stisteemi olek) slinkroniseeritakse valgustussiisteemiga, nagu on
kirjeldatud jaotises Kanistrite valgustussiisteem (BOND-III) [k 32.
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BOND-MAX

Tarkvara kuvab kanistri kohal tédhelepanuikooni (nagu Ulal), kui tuvastab probleemi (nt reaktiivikanistri
tase on madal voi jadtmemahuti tase on kdrge). Andmete kuvamiseks paremklopsake teavitusikooni.
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5.1.4  Objektiklaasi teave

Allolevad 16igud kirjeldavad ikoone, mida kasutatakse objektiklaasi teabe téhistamiseks siisteemi oleku
kuval. Samuti kirjeldatakse objektiklaasi hiipikmendiii suvandeid.

o 5.1.4.1 - Objektiklaasi ikoonid

o 5.1.4.2 - Objektiklaaside aluse hiipikmeniii

o 5.1.4.3 - Objektiklaasistindmuste teavitused

o 5.1.4.4 - Mittelihilduva objektiklaasi satete parandamine

5.1.4.1 Objektiklaasi ikoonid

Kuval System status (Siisteemi olek) kuvatakse graafiliselt iga kolme objektiklaasi alust ikooniga iga
objektiklaasi kohta. Objektiklaasi ikoonid tahistavad objektiklaaside olekut.

Teie slisteemi saab konfigureerida kasutama tahtnumbriliste objektiklaasisiltide optilist margituvastust
(OCR) voi vodtkoode. M&lemal juhul saab objektiklaasiikoonid konfigureerida, et need sisaldaks
objektiklaasisiltide jaadvustatud pilte. Kui soovite olemasolevaid satteid muuta, votke Gihendust
klienditoega.

Objektiklaasi ikoonide nadited on toodud jargmistes tabelites.

Objektiklaasi ikoonid OCR-siltide jaoks

Pildistatud ja automaatselt identifitseeritav objektiklaas (vt

00000009 o o . o
5.1.5.1 - Automaatne objektiklaasi identifitseerimine)

*CD10

= Pildistatud objektiklaasisilt, kuid slisteem ei suuda seda
identifitseerida (ikoon naitab sildiala pilti)

1 unnmmul
m.}.."“'“ (-)'

Objektiklaas, mis on kuvatud ja kasitsi identifitseeritud —

9 |~ markige Ules objektiklaasil olev siimbol (punases ringis) (vt
cpl0 | - jaotist 5.1.5.2 - Laaditud objektiklaaside késitsi
identifitseerimine)

00000007 ——.

Objektiklaas ei thildu tihe vdi mitme alusel oleva
objektiklaasiga (vt jaotist 5.1.4.4 - Mittelhilduva
objektiklaasi s&tete parandamine)

00000009 B

*CD10

Selles positsioonis pole objektiklaase
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00000009

*CD10

el

0oooooo04

“Neg =]

HDU{’DHD?(E-{“.

Objektiklaaside tootlemine siindmuse teavitusega

(vt jaotist 5.1.4.3 - Objektiklaasislindmuste teavitused)

Objektiklaasi ikoonid vootkoodisiltidele

Selles positsioonis ei ole objektiklaasi ega objektiklaasipilti,
kuid siisteem ei suuda seda identifitseerida

Pildistatud ja automaatselt identifitseeritav objektiklaas

(vt jaotist 5.1.5.1 - Automaatne objektiklaasi
identifitseerimine)

Objektiklaas, mis on kuvatud ja kasitsi identifitseeritud —
markige Ules objektiklaasil olev siimbol (punases ringis) (vt
jaotist 5.1.5.2 - Laaditud objektiklaaside kasitsi
identifitseerimine)

Objektiklaas ei thildu tihe vdi mitme alusel oleva
objektiklaasiga (vt jaotist 5.1.4.4 - Mittelihilduva
objektiklaasi satete parandamine)

Objektiklaaside to6tlemine siindmuse teavitusega

(vt jaotist 5.1.4.3 - Objektiklaasisiindmuste teavitused)

9
et0 [ ]
gooooo04 A
"Neg [*-]
00000003 -
00—

Topeltkldpsake slisteemi BOND poolt tuvastatud objektiklaase, et avada dialoogiaken Slide properties
(Objektiklaasi omadused). Kui tsiiklit pole alustatud, saate redigeerida dialoogiaknas objektiklaasi
andmeid, kuid seejarel peate printima objektiklaasile uue sildi, aluse eemaldama, uue sildi paigaldama ja
tagasi laadima.

BOND 6.0 kasutusjuhend (mitte USA ja Hiina jaoks) Vers. AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 93



5. Olekukuvad (BOND-i kontrolleril)

5.1.4.2 Objektiklaaside aluse hiipikmeniiu

ParemklGpsake objektiklaasidel objektiklaaside aluse kujutisel kuval System status (Siisteemi olek), et
kuvada objektiklaaside aluse suvandid.

Kask Kirjeldus

Valige kasitsi... Lubatud, kui objektiklaasi ei identifitseeritud automaatselt.

Valige see dialoogiakna Slide Identification (Objektiklaasi
identifitseerimine) avamiseks, mis véimaldab identifitseerida
objektiklaasi, mis on siisteemis konfigureeritud (vt 5.1.5.2 - Laaditud
objektiklaaside kasitsi identifitseerimine).

Selle suvandi saab valida ka siis, kui topeltkldpsate tuvastamata
objektiklaasi.

Tahelepanuteade... Vaadake téhelepanusdnumit, kui objektiklaasil kuvatakse siindmuse
teavitus (vt 5.1.4.3 - Objektiklaasislindmuste teavitused).

Kaivita sindmused Looge tsiikli kohta aruanne Run Events Report (Tsiikli siindmuste
aruanne) (vt 9.4 - Tsiikli sindmuste aruanne).

Viitkaivitus Valige tsiikli jaoks viitkdivitus (vt 5.1.8 - Viitkaivitus).

5.1.4.3 Objektiklaasisiindmuste teavitused

00000009

*CD10 [. S

joonis 5-11: Siindmuste teavitusega objektiklaas

Kui ootamatu siindmus tekib té6tlemise ajal, ilmub objektiklaasi ikoonile marguande siimbol. See teavitus
ei ndita tingimata, et varvimine ei olnud piisav. Kui ilmub teavituse siimbol, peab siisteemi operaator voi
labori jarelevaataja tegema jargmised lisaetapid kinnitamaks, et objektiklaas sobib diagnostiliseks
kasutamiseks.

1. Paremkldpsake objektiklaasi ja valige Run events (Tsiikli sindmused), et luua tsiikli siindmuste
aruanne (vt 9.4 - Tsiikli stindmuste aruanne).
Koik teavituse pdhjustanud siindmused kuvatakse paksus kirjas. Slisteemi operaator voi labori
jarelevaataja peab hoolikalt kaaluma loetletud teavitussiindmusi, kuna need annavad olulisi
andmeid objektiklaasiteavitussiindmuste iseloomu kohta.

2. Kontrollige varvitud kude hoolikalt.
3. Kontrollige hoolikalt koiki kontrollobjektiklaase.

Kui labor ei suuda varvimiskvaliteeti kinnitada, tuleb patoloogi teavitusest informeerida voi test uuesti
teha.

Uhes tsiikli sindmuste aruandes vdib olla mitu teavitust. Kui tsiikkel I6peb olekuga Done (notification)
(Valmis (teavitus)), veenduge, et kogu aruannet kontrollitaks. Kui olekuks on Done (OK) (Valmis (OK)), ole
vaja aruannet kontrollida.
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5.1.4.4 Mitteuhilduva objektiklaasi satete parandamine

Kui slisteem BOND tuvastab mittelihilduva objektiklaasi, maarab ta tdhed punases paksus kirjas aluse
kaigil objektiklaasidel paremal llal. Sama tdhega objektiklaasid on dhilduvad.

000A A
*CD10
00000008 B
*Ki67

joonis 5-12: Mittelihilduvad objektiklaasid

Objektiklaasid muutmiseks tihilduvaks eemaldage objektiklaaside alus ja eemaldage mitteiihilduvad
objektiklaasid v6i muutke objektiklaaside atribuute (kui neis esines vigu). Objektiklaasi atribuutide
muutmisel peate muudetud objektiklaaside sildid uuesti printima ja need enne aluse uuesti laadimist
objektiklaasidele kinnitama.

Lisateavet objektiklaaside tihilduvuse kohta vt 6.9 - Objektiklaaside Ghilduvus.

5.1.5 Laaditud objektiklaasi identifitseerimine

Koige tavalisemas to66voos laaditakse siisteemist BOND voi LIS-ist parit siltidega objektiklaasid
tootlusmoodulisse ja seejarel identifitseeritakse automaatselt. Identifikaatoriks loetakse siltidel olevaid
vootkoode voi, kui kasutatakse tahtnumbrilisi ID-sid, kasutatakse optilist margituvastust (OCR). Kui silt
maardub voi muul pohjusel ei dnnestu seda lugeda, saate selle tarkvara BOND jaoks kasitsi
identifitseerida. Moned t66vood kasutavad késitsi identifitseerimist tooprotsessi osana (vt

6.8 - Objektiklaasi ja juhu loomine ettevalmistuseta).

5.1.5.1 Automaatne objektiklaasi identifitseerimine

Siisteem BOND suudab automaatselt identifitseerida standardseid BOND-i vootkoodiga voi tahtnumbrilise
koodiga objektiklaasi silte, mis on loodud BOND-i objektiklaasi sildistaja abil (nagu kirjeldatud jaotises

6.6 - Objektiklaaside sildistamine) ja LIS-i prinditud objektiklaase, millel on kasutatud &ratuntavat
voGtkoodi vormingut (vt 11.3 - LIS-i thendamine ja kaivitamine). Kui objektiklaaside alus on lukustatud,
uritab stisteem igat objektiklaasi silti identifitseerida ja seda vastavusse viia objektiklaasiga, millel on
olnud prinditud silt. Kui silti on véimalik prinditud objektiklaasiga vastavusse viia, identifitseeritakse
objektiklaas automaatselt ja lisatoiminguid pole vaja teha.

Kui siisteem kasutab OCR-i (v&i on Leica Biosystems-i hooldusesindaja poolt vo&tkoodi vaikeséatetest dra
muudetud), jaddvustab see objektiklaasi identifitseerimise protsessi ajal iga sildi pildi. Need pildid
kuvatakse jargmistes aruannetes, et luua pisiv kirje objektiklaasi vastenduse kohta.

e 9.4 - Tsiikli sindmuste aruanne
e 9.5- Tsiikli andmete aruanne
e 9.6 - Juhu aruanne

Kui slisteem ei suutnud silti identifitseerida, tuleb objektiklaas identifitseerida kasitsi, kasutades
objektiklaasi kéasitsi identifitseerimise protseduuri (vt jargmist jaotist).
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5.1.5.2 Laaditud objektiklaaside kasitsi identifitseerimine

Susteemides, mis on seadistatud igat objektiklaasi silti pildistama (OCR ja m&ned v66tkoodisiisteemid),
saab automaatse identifitseerimise nurjumisel objektiklaase identifitseerida kasitsi, kui need on laaditud
tootlusmoodulisse. Kasutage laaditud objektiklaasi kasitsi identifitseerimiseks jargmist protseduuri.

1. Kui siisteem ei suuda objektiklaasi automaatselt identifitseerida, kuvab tarkvara sildi pildi.

-
anonni e
" "KAPPADPD

o)

joonis 5-13: Objektiklaasi ei identifitseerita automaatselt

2. Abistatud ID dialoogiakna avamiseks on jargmised vdimalused.

i. Tehke objektiklaasipildil topeltklops voi
ii. ParemklGpsake pilti ja valige hiipikmeniilist kdsk Select manually (Vali kasitsi).

3. Niild kuvatakse dialoogiaken Slide Identification (Objektiklaasi identifitseerimine).

) |
Caam liat Sliden Slidw tray: 2
TR R TR TR
- ; ’ 3
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joonis 5-14: Objektiklaasi tuvastamise dialoogiaken

Vasakpoolsel paanil (iiksus 1) on loetletud k&ik to6tlemata objektiklaasidega juhud. Vaikesatetes
kuvatakse ainult nende objektiklaasidega kaustad, mille jaoks on prinditud sildid (sellega saate
kaasata kaustad, mille jaoks pole prinditud silte — vt 6.8.2.2 - Vélised objektiklaasisildid).

Objektiklaasisildid praeguses objektiklaaside varvimiskambris on ndha parempoolsel paanil (iiksus
2).

Dialoogiakna avamisel t&stetakse valitud objektiklaas parempoolsel paneelil esile (liksus 3) ja
kuvatakse suurendatult. Hoidke kursorit parempoolsel paanil objektiklaasi kohal, et ndha pildi
veelgi suuremat suurendamist.

Keskmisel paanil (liksus 4) ndidatakse vasakpoolsel paanil valitud juhu jaoks konfigureeritud
objektiklaase, kus objektiklaase pole veel t66tlusmoodulis kuvatud tihegi objektiklaasiga
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vastavusse viidud. Ka vaikesatetes kuvatakse ainult prinditud siltidega objektiklaasid, kuid seda
saab muuta, et nédidata kd&iki juhu jaoks konfigureeritud objektiklaase (vt 6.8.2.2 - Vilised
objektiklaasisildid)

Siin on véimalik luua vajadusel uusi juhte ja objektiklaase kdskudega New case (Uus juht) ja New
slide (Uus objektiklaas) (juhiseid vt jaotisest 6.8 - Objektiklaasi ja juhu loomine ettevalmistuseta).
Alltoodud juhised eeldavad, et kdik vajalikud objektiklaasid on juba BOND-is konfigureeritud.

4. Kasutage valitud sildi pildil paremal nahtavat teavet, et maarata juht, kuhu objektiklaas kuulub.
Valige juht juhtude paanilt (liksus 1).
Objektiklaaside loend (liksus 4) taidetakse selle juhu jaoks konfigureeritud mittevastendatud
objektiklaasidega.

5. Niitd vastendage tundmatu objektiklaas objektiklaaside loendi objektiklaasiga (liksus 4).
Valige objektiklaas ja kldpsake kasku Insert (Sisesta).

Objektiklaas eemaldatakse objektiklaaside loendist ja parempoolse paani pilt varskendatakse,

]
naitamaks, et objektiklaas on identifitseeritud. Simbol i tahistab, et objektiklaas on kasitsi
valitud.

Jargmine identifitseerimata objektiklaasisilt, kui see on olemas, on niiiid identifitseerimiseks esile
tostetud.

6. Vastendage koik identifitseerimata objektiklaasid, korrates (ilaltoodud samme.

7. Kui koik alusel olevad objektiklaasid on identifitseeritud, kldpsake dialoogiakna sulgemiseks OK.
Kui klopsate kdsku Cancel (Tihista), voivad kdik objektiklaasi identifitseerimised kaotsi minna.

8. Kuval System status (Siisteemi olek) kuvatakse niiiid k&ik alusel olevad objektiklaasid koos

objektiklaaside andmetega. Kasitsi identifitseeritud objektiklaasid hdlmavad sildi pilti ja siimbolit
Ay
LQM' mis naitab, et objektiklaas on kasitsi valitud.

00000007

]
o0 [

joonis 5-15: Kasitsi tuvastatud objektiklaas enne t66tlemist

9. Kasitsi valitud objektiklaase toodeldakse tavaparaselt.

Objektiklaasi pilt kuvatakse jargmistes aruannetes, et luua piisiv kirje objektiklaasi vastenduse kohta.

e 9.4 - Tsikli sindmuste aruanne
e 9.5- Tsiikli andmete aruanne
e 9.6 - Juhu aruanne
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5.1.5.3 Siisteemid El OLE seadistatud iga objektiklaasi sildist pildi
tegemiseks

Neid objektiklaase saab siiski kéasitsi identifitseerida, kuid see vdib hdlmata objektiklaaside aluse
eemaldamist.

Markige iles nende objektiklaaside ID ja positsiooninumber (mérgitud objektiklaaside alusele katteplaadi
Covertile kaela all), mida automaatselt ei identifitseeritud.

Laadige objektiklaaside alus uuesti ja topeltkldpsake vastaval objektiklaaside positsioonil kuval System
status (Siisteemi olek) (lugedes objektiklaaside varvimiskambri ilemisest positsioonist allapoole).
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5.1.6

Tsukli edenemisriba

Iga objektiklaasialuse graafika all on edenemise indikaatorid. Need annavad kiire visuaalse lilevaate tsikli
olekust ja edenemisest.

e 5.1.6.1 - Tsiikli olek

e 5.1.6.2 - Tsikli edenemine

e 5.1.7.1 - Tslikli peatamine

o 5.1.8.1 - Viitkaivituse aja madramine

5.1.6.1 Tsiikli olek
Iga edenemisindikaatori alaosas kuvatakse jooksva tsiikli number ja olek. Véimalikud tsiikliolekud on
jargmised.
Tsiikli olek Kirjeldus
Lukustamata Objektiklaasialus on lukustamata.
Lukustatud Objektiklaasialus on lukustatud, kuid seda pole veel vdimalik kdivitada. See
olek tekib tavaliselt enne objektiklaaside pildistamise I6petamist.
Objektiklaasid Koik objektiklaasi varvimiskambris olevad objektiklaasid on pildistatud.
valmis
Kaivitamine Kaivitusnuppu on vajutatud ja slisteem teeb kaivituseelseid kontrolle ja

plaanimist.

Tagasi liikatud /

Siisteem BOND dritas tsiklit kdivitada, kuid see ebadnnestus.

objektiklaasid Tagasiliikkamise kdige tdendolisemad pdhjused on puuduvad reaktiivid,

valmis madalad reaktiivitasemed vdi tais jaatmemahuti. Looge tsiikli sindmuste
aruanne, lahendage koik sellega seotud probleemid ja taaskaivitage tsiikkel.

Plaanitud Tsikkel on plaanitud, kuid ei ole t66d alustanud. Tsiikli edenemise

indikaator naitab plaanitud kaivitusaega.

Tootlemine (OK)

Tsikkel tootab, ootamatuid siindmusi ei ole toimunud.

To6tlemine
(teavitus)

Tsikkel tootab, toimunud on ootamatud siindmused.
Andmeid vaadake tsiikli siindmuste aruandest.

Katkestamine

Tstuikkel katkestatakse. See juhtub, kui operaator vajutab stopp-nuppu.

Valmis (OK)

Tootlemine I16petatud, ootamatuid siindmusi ei toimunud.

Valmis (teavitus)

Tootlemine I16petatud, toimusid ootamatud stindmused.
Andmeid vaadake tsiikli siindmuste aruandest.
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5.1.6.2 Tsiikli edenemine

Iga objektiklaaside aluse kujutise all olev edenemisriba néitab visuaalselt tsiikli edenemist. Edenemisriba
naitab kriitilisi aegu, praegust edenemist kriitilise aja suhtes ja kasutab tsukli edenemise nelja etapi
tahistamiseks jargmisi varve.

« Sinine - objektiklaasialus on lukustatud, t66tlemist ei ole alustatud

« Punane - t66tlemist ei ole alustatud ja kaivitusaja limiit on iletatud

« Roheline — té6tlemine

« Lilla — tsiikkel on |dpetatud ja seda hiidreeritakse.

Voite tsiikli edenemise 16igus hiirekursori peatada, et kuvada tsiikli olek, nt Time since locked
(Lukustamisest mo6dunud aeg), Time to completion (Lopetamiseni jaanud aeg) ja Time from completion
(Lopetamisest moddunud aeg), nagu ndidatud joonisel joonis 5-16.

9:09 AM
-
-
S
11:25 AM
Run %0: Done (notification)

Run 90: Done (notification))

Time since completion: 22:23

joonis 5-16: Tsukli oleku kuva

Objektiklaasid valmis — kadivitamine

Kui objektiklaasid on pildistatud ja tsiikkel on kdivitamiseks valmis ning kaivitusnupu vajutamisest voi
viitkdivituse kéivitamisest on moddas veidi aega, kuvab riba jargmisi tiksuseid (vt jaotisest joonis 5-17
tootenumbreid).

4
1 8:50 AM
-
2 - | 5
F
3 9:50 AM
Run 88: Slides ready 6
Seletus Seletus
1 Aluse lukustamise kellaaeg 4 Praegune edenemine
2 Sobiv kaivitusperiood (sinine riba) 5 Kaiviusaeg lletas perioodi
(vt Aktsepteeritav kaivitusperiood (punane riba)
ja alarm Ik 101) 6 Tsikli olek (vt 5.1.6.1 - Tsiik
3 Lubatav kaivitusaja piirang olek)

joonis 5-17: Tsiikli edenemine (kaivitamine)
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Aktsepteeritav kaivitusperiood ja alarm

Alustage to0tlemist alati niipea kui vdimalik parast objektiklaasialuste lukustamist. Objektiklaase ei
hiidreerita kaivitusperioodi ajal (aluse lukustamise ja t66tlemise alustamise vahel), nii et kui see periood
on liiga pikk, voib kude kahjustuda. BOND-i tarkvara aitab teil seda jalgida, jalgides aluste lukustamisest
mooddunud aega ja ndidates laaditud objektiklaasi tiilibile (parafineeritud véi deparafineeritud) lubatud
maksimaalset kaivitusperioodi. Sobivad kaivitusperioodid kuvatakse visuaalselt sinise ribana
edenemisribal Slides ready (Objektiklaasid valmis) (vt Glalpool). Kui deparafineeritud objektiklaaside puhul
pole té6tlemine parast lubatud kaivitusperioodi veel mdnda aega alanud, siis tekib alarm.

Kaivitusperioodid ja deparafineeritud objektiklaaside alarmi periood on naidatud allpool. K&ik ajad
algavad aluste lukustamisest:

Lubatav kiivitusperiood vo6i alarm Aeg (min) aluse lukustamisest
Deparafineeritud objektiklaaside lubatud 15
kaivitusperiood
Deparafineeritud objektiklaaside alarmini kuluv 25
aeg
Parafineeritud objektiklaaside lubatud 60

kaivitusperiood

Kui téotlemine ei ole kaivitusperioodi jooksul alanud, vdite alused eemaldada, et objektiklaase kasitsi
hiidreerida. Kui aluse uuesti sisestate, kdivitab BOND-i tarkvara uue tsiikli, maarates tsiklile uue ID-numbri
ja alustades uuesti perioodide loendamist.

Lubatavad ajalimiidid rakenduvad ainult kohe kaivitatavate tsiiklite korral; need ei kehti viitkdivitusega
tsiiklite puhul.
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Plaanitud

Parast seda kui tsiikkel on kaivitatud kaivitusnupu voi viitkaivitusega, plaanitakse see siisteemis.
Ajavahemikus graafiku ja to6tlemise alguse vahel — mis vdib viitkdivituse korral olla pikk — kuvatakse
edenemisribal jargmised liksused (vt joonis 5-18 tootenumbreid).

1 8:48 AM | 4
2 S HII| 5
3 10:36 AM |¢— 6
Run 85: Scheduled ! 7
Seletus Seletus
1 Aeg tsikli plaanilise alguseni 5 Tootlemisjargne

2 Viivitus enne kaivitamist (sinine hildreerimisperiood (lilla riba)

riba) 6 Ligikaudne tsiikli Idpetamise aeg
Toctlemisperiood (roheline riba) 7 Tsikliolek (vt 5.1.6.1 - Tsikli
olek)

4 Praegune edenemine
joonis 5-18: Tsikli edenemine (kaivitamine, viitkdivitusega)

Tootlemise ajal

Tootlemisfaasis kuvatakse ribal jargmised liksused (vt (iksuste numbreid jaotistest joonis 5-19).

1 8:53 AM | 4

2 — £

3 10:40 AM | 6
Run 86: Proc(OK) !

Seletus Seletus

1 Planeeritud kaivitusaeg 5 Tootlemisjargne

2 Kaivitusperiood - sinine: kaivitus hiidreerimisperiood (lilla riba)

OK, punane: kaivituslimiit on 6 Ligikaudne tsiikli Idpetamise aeg
letatud 7 Tsiikli olek (vt 5.1.6.1 - Tsiikli
3 Tootlemisperiood (roheline riba) olek)

4 Praegune edenemine

joonis 5-19: Tsikli edenemine (t66tlus)
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5.1.7  Tsukli kaivitamine vdi peatamine

Tsikli alustamiseks laadige ja lukustage objektiklaaside alus. Alus pildistatakse ja slisteem kontrollib
jargmist, et tsiiklit saaks kaivitada.

« KOoik objektiklaasid Ghilduvad
« KOoik reaktiivid on saadaval.

Kui objektiklaase pildistatakse, seatakse tsiikli olekuks Slides ready (Objektiklaasid valmis) (vt

5.1.6.1 - Tsiikli olek) ja kaivitusfaasis kuvatakse edenemisriba (vt 5.1.6.2 - Tsikli edenemine). Kui
objektiklaaside mittelihilduvused on lahendatud, kdik objektiklaasid identifitseeritud ja vajalike reaktiivide
kohalolek kontrollitud, saab tsiiklit alustada.

o Tsikli voimalikult kiireks kaivitamiseks klopsake e 5] . Viitkaivituse valimiseks paremklopsake
alust ja valige hiipikmeniiiist Delayed start (Viitkdivitus); tdpsemaid juhiseid vt jaotisest
5.1.8 - Viitkaivitus

« Tsiikli olekuks on seatud Starting (Kaivitumine), kui tsiiklieelsed kontrollid ja plaanimine on
IOpetatud.

Edenemisriba jaab kaivitusfaasi.

« Kui plaanimine on I6ppenud, saab olekuks Scheduled (Plaanitud).

Tootlusfaasis kuvatakse niilid edenemisriba. Kuvatakse plaanitud kaivitusaeg ja riba
vasakus otsas kuvatakse kaivitustingimus (OK vdi ajapiirang Uletatud).

« Kui to6tlemine algab plaanitud ajal, muutub olekuks Proc (OK) (To6tlemine (OK)).

Kui kaivitusaja piirang Uletati, kaob hoiatus vdi alarm pérast té6tlemise tegelikku
kaivitumist. Edenemisriba algusloik jaab siiski punaseks.

« Pange tahele, et olekud Starting (Kdivitamine) ja Scheduled (Plaanitud) vdivad v&tta veidi
aega ja on voimalik, et kdivitusaja limiit Gletatakse. Kui see on tdenaoline, saate
objektiklaaside aluse avada ja enne taaskaivitamist objektiklaase kasitsi niisutada. Kui avate
aluse enne to6tlemise algust, ei loeta tsiiklit katkestatuks ja selle saab taaskaivitada.

0 Kaivitage korraga ainult tiks tslikkel ja oodake 1-2 minutit enne jargmise tsiikli alustamist. Parast iga
tsiikli kaivitamist oodake veidi, et veenduda selle edukas kaivitumises. Kui tsiikkel ei kdivitunud, on selle
olekuks Rejected/Slides ready Tagasiliikatud / objektiklaasid valmis. Vt jaotist 5.1.6.1 - Tstikli olek.

5.1.7.1 Tsiikli peatamine

Pérast kaivitusnupu vajutamist (voi viitkaivituse aktiveerimist) kuni té6tlemise tegeliku alguseni — kui
tsiikkel on olekus Starting (Kaivitumine) voi Scheduled (Plaanitud), saab t66tlemise peatada, ilma tsiklit
katkestamata. Tootlemistaotluse tiihistamiseks sel ajal vabastage objektiklaaside alus t66tlusmoodulist
(selle perioodi jooksul on kaivitamis- ja katkestamisnupud keelatud). Objektiklaasiteave ja&db siisteemi ja
soovi korral saab tsiikli hiliem taaskéivitada. Loendisse Slide History (Objektiklaasi ajalugu) kirjutatakse
tagasiliikatud kaituse kohta iiks rida.

Parast tootlemise algust tsiikli katkestamiseks kldpsake nuppu = . Tootlusmoodul I6petab tsikli
parast praeguse etapi [dpetamist. Objektiklaaside olek kuval Slide history (Objektiklaasi ajalugu) ekraanil
muutub olekuks Done (notification) (Valmis (teavitus)).

0 Enne tsiikli katkestamist kaaluge hoolikalt, kuna katkestatud tsiiklit ei saa taaskaivitada, ja objektiklaasid,
mille t6otlemist pole I6petatud, vdivad olla rikutud.
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5.1.8  Viitkaivitus

Parafineeritud objektiklaasidega tsiiklid saab slisteemis BOND plaanida kaivituma kindlaksmaaratud ajal
(kuni Uiks nadal praegusest ajast). Naiteks voib 60sel kaivituvad tsiiklid ajastada nii, et need IGpevad
jargmisel paeval veidi enne t606 alustamist. Objektiklaasid paiknevad ohutult, endiselt parafineeritud, kuni
algab to6tlemine ja toctlusele jargnev hiidratsiooniperiood on minimeeritud.

Mdned mitte-Leica Biosystems reaktiivid vdivad rikneda, kui neid hoitakse pikka aega t66tlusmoodulites
viitkaivitust ootavana. Kontrollige reaktiivi andmelehti toote kasutamise ja sailitamise kohta. Nagu alati,
soovitab Leica Biosystems testkoega objektiklaasidele asetada kontrollkude.

5.1.8.1 Viitkaivituse aja maaramine

Aluse kaivitamiseks viitkdivitusega valmistage objektiklaasid ette nagu tavaliselt ja lukustage
objektiklaaside alus. Kui tsiikli olek on Slides ready (Objektiklaasid valmis), valige kuval System status
(Stisteemi olek) paremklGpsuga avanevast aluse hiipikmeniilist Delayed start (Viitkaivitus).

Maérake dialoogiaknas Delayed start (Viitkaivitus) kuup&ev ja kellaaeg, millal soovite, et alus kaivituks, ja
klopsake OK (vt Kuupdeva- ja kellaajavalijate kasutamine |k 184). Stisteem ldheb olekusse Starting
(Kaivitumine), nagu tavaliselt, ja plaanib tsikli kooskdlas teiste operatsioonidega. Alus ootab olekuga
Scheduled (Plaanitud) mé&aratud algusajani, kui algab tavaline t66tlemine.

104 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 kasutusjuhend (mitte USA ja Hiina jaoks) Vers. A05



5. Olekukuvad (BOND-i kontrolleril)

5.2 Protokolli oleku kuva

See kuva kuvab iiksikasjalikku teavet konkreetsete objektiklaaside oleku kohta.
Kuva Protocol status (Protokolli olek) kuvamiseks minge kuvale System status (Siisteemi olek) ja
kldpsake vahekaarti Protocol status (Protokolli olek).

P seeewrt SHeway 2 A

El: » ¢« 5 s

EEl EEEETTEEETECE T T
......
.....

B TordWehSowsam DO

B B Wish S D00
¢ TodERSemnE 0
| BordERdcken? 003

U BodERZen: MM 100

joonis 5-20: Kuva Protocol status (Protokolli olek)

Selleks et naha, kuidas tsiikkel objektiklaasil edeneb, kidpsake vastavat objektiklaasi positsiooni nuppu
kuva llaserva lahedal. [Ima objektiklaasita positsioonidele vastavad valikunupud muudetakse tuhmiks ja
te ei saa neid valida.

Kui patsiendi nimi on vabasse ruumi mahtumiseks liiga pikk (objektiklaaside alus 1, 2 ja 3), liihendatakse
nimi I6pus numbriga ,....". Kui soovite ndha patsiendi taisnime hiipikvaljal, liikuge hiirekursoriga (le
lihendatud nime.

Objektiklaasi positsiooni valimisel kuvab tarkvara moned objektiklaasi andmed ja protokolli edenemise.
Objektiklaasi tdiendavate andmete vaatamiseks klopsake kasku View details (Vaata andmeid), et
kdivitada dialoogiaken Slide properties (Objektiklaasi atribuudid).

Valitud objektiklaasi protokolli etapid kuvatakse objektiklaasi andmete all. Praegune etapp on sinisega
esile tdstetud. Lopetatud etappe kuvatakse rohelises ringis linnukesega voi ootamatute siindmuste korral

kuvatakse ikoon
Kui praeguse etapi kdik ndutavad toimingud on tehtud, kuid enne jargmise etapi algust on ooteperiood,
siis linnuke voi on hall. See jaab halliks jargmise etapi alguseni, kui see muutub normaalseks varviks.

Saate vaadata tsiikli sindmusi, paremklGpsates etapiloendit ja valides hiipikmeniist Run events (Tsukli
siindmused). Dialoogiakna Slide properties (Objektiklaasi omadused) saate avada ka hiipikmeniiiist.
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5. Olekukuvad (BOND-i kontrolleril)

5.3  Kuva Maintenance (Hooldus)

Kuva Maintenance (Hooldus) kuvamiseks avage kuva System status (Siisteemi olek) ja klopsake
vahekaarti Maintenance (Hooldus).

essing module: BOND-III #1

5i
s 1k 1 thve EXCINED Uieer Manusal for ssasimbenarnce and safity inilucions.
ect a mamsenance command #om e It beiow.

42 Replace syringe
1037 AM
42 Chean tuiics
42 Chean aspimating probe
1036 &M 42 Feptace spirating probe
080 KM
1031 AW 42 Clean bulk Nuid roboi probes

42 Ruptace bulk Muid robot prote

[ meinmnece ot

joonis 5-21: Kuval Maintenance (Hooldus) on all loetletud kdsunupud paljudeks hooldustoiminguteks.

Kask Kirjeldus

Vaheta siistal Kontrollib to6tlusmoodulit siistla voi siistalde asendamisel.

Vt jaotist 12.13 - Sustlad.

Puhasta vedelikusiisteem Eeltdidab vedelikuslisteemi.

Vt jaotist Vedelikustisteemi puhastamine Ik 262.

Puhasta aspireeriv sond Puhastab aspireeriva sondi BOND-i aspireeriva sondi
puhastussiisteemiga.

Vit jaotist 12.6.1 - Aspireeriva sondi puhastamine.

Asenda aspireeriv sond Kontrollib to6tlusmoodulit aspireeriva sondi asendamisel.

Vit jaotist 12.6.2 - Aspireeriva sondi asendamine.

Puhasta kanistrirobotite sondid | Liigutab kanistrirobotid (ainult BOND-III) asendisse, kus neid
saab puhastada.

Vt jaotist 12.12.1 - Kanistriroboti sondide puhastamine

Asenda kanistriroboti sondid Liigutab kanistrirobotid (ainult BOND-IIl) asendisse, kus nende
sondid saab asendada.

Vit jaotist 12.12.2 - Kanistriroboti sondide asendamine

Hooldusaruanne Loob valitud to6tlusmoodulile hooldusaruande. See kask on
alati saadaval.

Vt jaotist 5.3.1 - Hooldusaruanne

Kuval Maintenance (Hooldus) kuvatakse parajasti valitud t66tlusmooduli nimi ja seotud hoolduskaskude
nupud. Dialoogiakende jarjestus aitab teil valitud hooldustoimingut teha.

Kui hooldust6o pole véimalik, nditeks kui hooldus on juba pooleli, siis see nupp keelatakse. Kdik
kdsunupud (v.a Maintenance report (Hooldusaruanne)) on keelatud, kui t66tlusmoodul on lahti
tihendatud.
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5. Olekukuvad (BOND-i kontrolleril)

5.3.1 Hooldusaruanne

Hooldusaruanne kuvab teavet kindla t66tlusmooduli kohta teie valitud ajavahemiku jooksul.
1. Valige kliinilises klientrakenduses to6tlusmooduli vahekaart, et kuvada selle kuva System status
(Stisteemi olek).

2. Klopsake vahekaarti Maintenance (Hooldus) ja seejérel nuppu Maintenance report
(Hooldusaruanne).

Maintenance report

Select processing module

Serial N*: 3210123 n

MNams: BOND-II #1
Type BOND-I
Time span

From: 05-Apr-16
Tt 05-Apr-17

Last twelve months

Generate Cancel

joonis 5-22: Hooldusaruande dialoogiaken

Valige ripploendist t66tlusmoodul ja seejarel valige soovitud ajavahemik, kasutades nuppe From (Alates
kuupéevast) ja To (Kuni kuupdevani). Teine voimalus on kldpsata valikut Last twelve months (Viimased
kaksteist kuud), et maarata ajavahemik sellele perioodile.

Hooldusaruande loomiseks klopsake kdsku Generate (Genereeri).

Aruanne kuvatakse uues aknas. Aruande iilemises paremas nurgas kuvatakse jargmises tabelis olev
teave.

vili Kirjeldus
Asutus Asutuse nimi, mis on sisestatud haldus-klientrakenduse kuva Laboratory
settings (Laborisatted) véljale Facility (Asutus) — vt 10.5.1 - Laborisatted
Ajavahemik Aruande poolt hdlmatava ajavahemiku algus- ja |16ppkuupéev
To6tlusmoodul T66tlusmooduli kordumatu nimi, mis on sisestatud haldus-klientrakenduse

kuva Hardware configuration (Riistvara konfiguratsioon) véljale Name (Nimi)
- vt 10.6.1 - T66tlusmoodulid

Tootlusmooduli To6tlusmooduli kordumatu seerianumber
seerianumber
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5. Olekukuvad (BOND-i kontrolleril)

Aruandega seotud olulised punktid on loetletud allpool:

Siisteemi olekukuval (nagu jaotises 5.1.2 - Riistvara olek) kuvatakse t66tlusmooduli ikooni kohal
tahelepanuikoon, mis sisaldab paremkldpsuga avanevat meeldetuletusteavitust hooldustoimingute
téhtaja kohta (millal kuvatakse hinnanguline kuupéev koos teatega Due now (T&htaeg kaes)).
Jargmiste hooldustoimingute hinnangulised kuupéaevad pdhinevad t66deldud objektiklaaside arvul
ja/vdi soovituslikul ajavahemikel.

Kui aruandeperioodil ei ole siindmuste ajalugu, kuvatakse ajalootabeli asemel vastav teade.

Ajalootabeli esimene kuupéev on kas aruandeperioodi algus vdi t66tlusmooduli kasutuselevdtu
kuupaev, kui see toimus hiljem. Veerus Objektiklaase viimasest hooldusest / asendusest olevad
kirjed naitavad alati 0 objektiklaasi.

Ajalootabeli viimane kuup&ev on aruandeperioodi I16pp.

Iga varvimiskambri kohta on antud objektiklaaside arv, samuti kdigi kolme kambri objektiklaaside
arv kokku. Parast iga edukat hooldustoimingut Iahtestatakse arvud vaartusele 0.

Iga varvimiskambri kanistriroboti proovi kohta on eraldi objektiklaaside arv.

Iga varvimiskambri siistla kohta on eraldi objektiklaaside arv.

Pohisistlal on eraldi objektiklaaside arv.

Hooldustoimingud vdivad BOND-i versioonis 5.0 vdi varasemas versioonis kuvada veerus
Lopetamise olek teate Unknown (Teadmata).

BOND-i versioonis 4.0 vdi varasemas versioonis tehtud hooldustoiminguid ei kuvata.
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6. Objektiklaasi
seadistamine (BOND-i
kontrolleril

Siisteemi BOND poolt toddeldavate objektiklaaside loomise standardne t66voog hdlmab jargmisi
pShietappe.

Loikude ettevalmistamine objektiklaasidel.

Juhu loomine objektiklaasidele BOND-i tarkvaras (juhu saab ka importida LIS-ist).

Arsti andmete lisamine vdi redigeerimine, kui vaja.

Objektiklaaside andmete sisestamine (v&i LIS-ist importimine).

Kontrollobjektiklaaside loomine labori tavapraktikate kohaselt.

Objektiklaaside sildistamine (kui need pole juba LIS-i siltidega sildistatud).

Objektiklaaside laadimine objektiklaasialustele ja objektiklaasialuste asetamine
to6tlusmoodulisse.

No o srwdh=

Kui objektiklaaside t66tlus on alanud, saate kuval Slide history (Objektiklaasi ajalugu) luua mitmeid
objektiklaasi-, juhu- ja kditusaruandeid. Vt Iahemalt jaotisest 9 - Objektiklaaside ajalugu (BOND-i
kontrolleril).

Kui standardne t66voog ei sobi teie laboriga, on véimalikud alternatiivsed to6vood.

Selles peatiikis on jargmised jaotised.

« 6.1 -Kuva Slide Setup (Objektiklaasi satted)

o 6.2 - Tootamine kontrollidega

o 6.3-Tootamine juhtudega

e 6.4 - Arstide haldamine

o 6.5- Objektiklaasidega to6tamine

« 6.6 - Objektiklaaside sildistamine

« 6.7 - Objektiklaaside seadistuse kokkuvote

« 6.8-Objektiklaasi ja juhu loomine ettevalmistuseta
o 6.9 - Objektiklaaside thilduvus
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6. Objektiklaasi seadistamine (BOND-i kontrolleril)

6.1  Kuva Slide Setup (Objektiklaasi
satted)

Kuval Slide setup (Objektiklaasi satted) kuvatakse juhud ja objektiklaasid, mis on seadmesse BOND
sisestatud, kuid mida pole veel té6deldud. LIS-i integreeritud siisteemide puhul néditab see LIS-ist
imporditud juhte ja objektiklaase. Mitte-LIS-slisteemide puhul loote ja redigeerite vajaduse korral juhte ja
objektiklaase sellel kuval. Objektiklaasid peavad kuuluma juhtu, seega peate looma juhu, enne kui saate
objektiklaase luua.

Kuva Silde setup (Objektiklaasi satted) kuvamiseks klopsake funktsiooniribal objektiklaasi satete ikooni

Slide setup

Side setup Coe T oo Y e
| Dcoerame ] skies e 1]
L2 - B2 Snacky, Alert Joangh 1 :
|
130416 E5HRefine Barjarsin Highiraer Kgvin Parnel 1
A1 H41E-HE Fanni Hurkiy AT Jesdry 1 1. HOMHA3E L
R U
AN FH0-HIS Ll Bmih Kt Panrel 12 EE D S i os=
CEnld - JE4EED £oan Chizwey Coacilia Hey 12 S
CHE - IS T L e Verw Kpn Parnsl &
500 - 26419 Lz Erd Thomas Madherwss 1
CENEd - TSI Ay (F5en Cueisbis Mancahan 3
CEQ04 - Z55TE3 45 Chas Kl Sizwnra Fhinehan a
(CE005 - J55TH] Chics P Bagon Ariir Jesary 1
CE0E - JE5TEN Sbura b Wsallerw Kichsolas Marahan i
CE0E - J55T0 Suzzan Moax Hicholas Maraian i
1T - 28N fazra Marsnal Crpring Hagyman r
S0 - 252400 Sally Faafcner Ja o Glaser a
CE002 - 253413 Jarais Dovarcan Jaiod Claser 1
L=l - &34 Hail, Al vy i
CS3301 - E27ESD Ausres Ewwr Juck Browms il
CEII0 - EXTER hamaa Broan Jack Hiowne 4
100 - B Bau Ayta A Joasry 1]
Poeiitivg Taain cosrals: 21 Tonal cases: 23
Hmguive Smaue cosirole: 24 Total sliden: 143

joonis 6-1: Kuva Slide setup (Objektiklaasi satted)

joonis 6-1 kuva kuva Slide setup (Objektiklaasi satted). Kuva lilemises paremas nurgas on juhtudega
tootamiseks mdeldud funktsioonid. Kuva paremal pool on ka objektiklaasidega to6tamiseks mdeldud
funktsioonid.
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6. Objektiklaasi seadistamine (BOND-i kontrolleril)

6.2 Tootamine kontrollidega

Leica Biosystems soovitab BOND siisteemi kontrolle regulaarselt kasutada. Pidage meeles, et kontrollid
peaksid olema kogu protsessi testid. Pohjalikumat selgitust vt 14.3 - Kvaliteedikontroll.

Stisteemi BOND talitluse tapseks testimiseks soovitab Leica Biosystems tungivalt asetada sobiv
kontrollkude samale objektiklaasile kui patsiendikude.

Kuna kontrollkoe asetamine koos testkoega on tungivalt on soovitatav, siis vdimaldab BOND tarkvara
kasutada ainult kontrollkoega ja reaktiivi kontrollidega objektiklaase. Veenduge, et ainult kontrollkoega
objektiklaasid on hasti margistatud, et véltida segiajamist patsiendi proovidega.

6.2.1 Kontrollkude

Objektiklaasid tuleb tarkvarasse BOND sisestada lihe jargmise koetiilibiga.

o Testkude
« Negatiivne kude
« Positiivne kude

See madratakse dialoogiaknas Add slide (Objektiklaasi lisamine) (vt 6.5.2 - Objektiklaasi loomine).
Patsiendi testkoega objektiklaasid tuleb seada kui ,Test tissue” (Testkude). Kasutage juhtnuppude satteid
,Positive tissue” (Positiivne kude) ja ,Negative tissue” (Negatiivne kude) ainult kontrollkoega
objektiklaaside puhul.

Iga kord, kui uue objektiklaasi koetiilipi dialoogiaknas Add slide (Objektiklaasi lisamine) muudetakse,
tiihjeneb vali Marker (Marker) automaatselt, et tagada dige markeri valimine koele.

Negatiivse voi positiivse koega objektiklaasid on kuval Slide setup (Objektiklaasi seadistamine) vastavalt
téhistatud kui ,— véi ,+"“. Kuval Slide History (Objektiklaasi ajalugu) kuvatakse veerus Type (Tiilip) iga
objektiklaasi kohta ,Test” (Test), ,Negatiivne” (Negatiivne) véi ,Positive” (Positiivne).

Selleks, et objektiklaasid ise juhtseadistena selgelt eristuks, lisame vaikeobjektiklaasi siltide mallidele
teabevilja ,Tissue type” (Koe tlilip). See prindib positiivse koe kontrollsiltidele suure téhise (+) ja
negatiivse koe kontrollsiltidele tdhise (-). Testkoe viljale ei prindita midagi. Soovitame lisada selle vilja
muudele konfigureeritavatele objektiklaasisiltidele (vt 10.3 - Sildid ).

6.2.2 Kontrollreaktiiv

Objektiklaasid seadistatakse kontrollreaktiiviga, valides objektiklaasi konfigureerimisel markeriks sobiva
reaktiivi standardsete antikehade voi proovide asemel.

IHK puhul sisaldab tarkvara BOND negatiivse kontrollreaktiivi valikut. Kui IHK on dialoogiaknas Add slide
(Objektiklaasi lisamine) valitud, valige ripploendist Marker *Negative (*Negatiivne). BOND pakub nende
toimingute jaoks BOND pesulahust.

ISH puhul sisaldab tarkvara BOND RNA ja DNA negatiivseid ja positiivseid kontrollreaktiive. Valige loendist
Marker sobiv kontrollproov.

Kontrollreaktiividega objektiklaase ei tahistata spetsiaalselt muud moodi kui kuval Slide setup
(Objektiklaasi satted) ja objektiklaasi sildil ndidatud markerinimega, kui vastava objektiklaasi sildi mallil
on olemas vali Marker.
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6. Objektiklaasi seadistamine (BOND-i kontrolleril)

6.3 Tootamine juhtudega

Selles jaotises kirjeldatakse kuvast Slide setup (Objektiklaasi seadistamine) vasakul pool olevaid
funktsioone, mis vbimaldavad juhtudega t66tada. Kirjeldava jaotise jarel esitatud alajaotised annavad
juhiseid juhule andmete lisamiseks, nende muutmiseks ja kustutamiseks.

Allolevad jaotised:

e 6.3.1-Juhu kontrollid ja aktiivse juhu teave

e 6.3.2 - Juhu identifitseerimine

e 6.3.3-Juhu lisamine

e 6.3.4-Juhu dubleerimine, taastamine ja aegumine
e 6.3.5-Juhu redigeerimine

e 6.3.6 - Juhu kopeerimine

o 6.3.7 - Paevajuhu véimalus

e 6.3.8 - Juhu aruanne

6.3.1 Juhu kontrollid ja aktiivse juhu teave

Uue juhu andmete lisamiseks klopsake kdsku Add case (Lisa kaust). 6.3.3 - Juhu lisamine kirjeldab
protsessi.

Klopsake kasku Edit case (Redigeeri juhtu), et redigeerida olemasoleva juhu andmeid. 6.3.5 - Juhu
redigeerimine kirjeldab protsessi.

Klopsake kasku Delete case (Kustuta juht) olemasoleva juhu kustutamiseks. 6.3.5.1 - Juhu kustutamine
kirjeldab, kuidas juhtu kustutada.

Klopsake kasku Copy case (Kopeeri juht), et lisada juhu koopia ja juhu objektiklaasid. 6.3.6 - Juhu
kopeerimine kirjeldab, kuidas juhtu kopeerida.

Ké&sk Edit (Redigeeri), Delete (Kustuta) ja Copy (Kopeeri) on saadaval ka hiipikmends, kui juhtu
paremklopsata.

Kldpsake Case report (Juhu aruanne) (juhtude loendi all), et vaadata valitud juhu aruannet (vt 6.3.8 - Juhu
aruanne).

Nuppude all olev tabel naitab aktiivse juhu teavet jargmiselt.

Juhu ID Juhu identifitseerimine. See vdib sisaldada tahti ja numbreid.

Kuna see vili voib sisaldada nii tahti kui ka numbreid, siis tabeli veerupealkirja
Juhu ID kldpsamine sorteerib selle vélja tekstina — numbriga 10 algav
identifikaator sorditakse numbriga 2 algavast identifikaatorist ettepoole.

Patsiendi nimi Patsiendi identifitseerimine.

Arsti nimi Patsiendi eest vastutava arsti voi vastava patoloogi nimi.

Objektiklaasid | Valitud juhu jaoks konfigureeritud to6tlemata objektiklaaside arv.

Kui objektiklaaside t66tlemine algab, viiakse need kuvalt Slide setup
(Objektiklaasi seadistamine) kuvale Slide History (Objektiklaasi ajalugu) ja seda
numbrit uuendatakse vastavalt.
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6. Objektiklaasi seadistamine (BOND-i kontrolleril)

Vasakpoolsel ribal oleva punase ribaga juht naitab, et sellel on tiks v6i mitu prioriteetset LIS-i objektiklaasi
(vt 11.2.5 - Prioriteetsed objektiklaasid).

Aktiivsete juhtude loendi all on kokkuvote kdigist juhtudest ja objektiklaasidest jargmiselt.

Positiivsed koekontrollid | Kdigi praegu sisestatud ja mitte kaivitatud juhtude positiivsete
koekontrollide koguarv.

Negatiivsed koekontrollid | Kdigi praegu sisestatud ja mitte kaivitatud juhtude negatiivsete
koekontrollide koguarv.

Juhte kokku Aktiivsete juhtude koguarv.

Objektiklaaside koguarv Koigi praegu sisestatud ja mitte kaivitatud juhtude objektiklaaside
koguarv.

6.3.2 Juhu identifitseerimine

Siisteem BOND kasutab kahte peamist juhu identifikaatorit: juhu ID ja juhu number (tarkvaras vastavalt
Case ID ja Case No).

« Juhu ID: kasutaja sisestatud juhu ID, kasutades labori identifitseeriisskeemi. Stisteemis BOND
loodud juhtude puhul sisestatakse juhu loomisel dialoogivéljale Add case (Juhu lisamine) juhu ID.
LIS-ip-siisteemide puhul saadakse juhu ID LIS-ist (kus seda véidakse nimetada
registreerimisnumbriks véi muud moodi).

« Juhu nr: kordumatu identifitseerimisnumber, mille siisteem BOND mé&arab automaatselt igale
slisteemis olevale juhule (nii slisteemis BOND loodud kui LIS-ist saadud). Dialoogiaknas Case
properties (Juhu omadused) kuvatakse juhu number.

BOND-i versioonides enne 4.1 puudus ndue, et juhu ID-d olid kordumatud, seega oli voimalik kasutada
kahte v6i enamat eraldi juhtu, millel oli sama juhu ID. Kuid juhtudel oleks tdené&oliselt erinevate patsientide
nimed ja kindlasti oleks neil erinevad juhtude numbrid. BOND-i versioonis 4.1 ja uuemates versioonides
peavad koik uued juhu ID-d olema kordumatud.

Juhud identifitseeritakse sageli ka patsiendi nime jérgi, kuid patsientide nimed ei ole ndutavad ja need ei
pea olema kordumatud.
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6. Objektiklaasi seadistamine (BOND-i kontrolleril)

6.3.3 Juhu lisamine

Juhu lisamiseks kuvalt Slide setup (Objektiklaasi seadistamine), toimige jargmiselt.

1.

Kldpsake kuval Slide setup (Objektiklaasi seadistamine) kdasku Add case (Lisa juht), et kuvada
dialoogiaken Add case (Juhu lisamine) (vt joonis 6-2).

Al case

Casa lO: |

Patant nama:

Casa commants:

Dardnr: _— n
Manape doctors

Add case Casa b

Dispanse vakime: T
¥ 150l

Praparatian profneel: ‘Diawax -

=3

joonis 6-2: Dialoogiaken Add case (Juhu lisamine)

Sisestage véljadele Case ID (Juhu ID), Patient name (Patsiendi nimi), Case comments (Juhu
markused) ja Doctor (Arst) vastavad andmed.

Juhte on voimalik lisada ilma juhuteabeta.

Kui vajalikku arsti arsti pole arstiloendis, lisage ta, kldpsates kdsku Manage doctors (Halda arste),
et avada dialoogiaken Manage doctors (Arstide haldamine) (vt 6.4 - Arstide haldamine).

Valige selle juhu jaoks loodud objektiklaaside jaotusmaht, kui see ei ole sama mis juba
konfigureeritud vaike-jaotusmaht.

Pange tdhele, et kdik seadmes BOND toddeldavad objektiklaasid vajavad 150 pl jaotusmahtu.
Lisaks kasutatakse ISH varvimisel 150 pl jaotusmahtu kdigil t66tlusmooduli tiitpidel.

Teavet kasutatavate alade kohta objektiklaasidel ja jaotusmahtude kohta vt 6.5.8 - Jaotusmahud ja
koe asend objektiklaasidel.

Valige loendist Preparation protocol (Ettevalmistusprotokoll) ettevalmistuse valik (vt joonis 6-2), et
muuta see antud juhu jaoks loodud objektiklaasidele vaikevalikuks.

Dialoogiaknast lahkumiseks andmeid siisteemi sisestamata kldpsake kasku Cancel (Tihista).
Juhu andmete sisestamiseks kldopsake OK.

Juht lisatakse juhtude loendisse.

Kui juhu ID on siisteemis juba olemas, avaneb dialoogiaken Case ID duplication (Juhu ID
dubleerimine (vt 6.3.4 - Juhu dubleerimine, taastamine ja aegumine).
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6.3.4 Juhu dubleerimine, taastamine ja aegumine

Tarkvaraversioonid enne BOND 4.1 voimaldasid erinevatel juhtudel kasutada sama juhu ID-d. Sellised
juhud voisid olla lldiselt eristatavad patsiendi nime jargi ja eristuse tagas ka juhu number, mis on alati
unikaalne. BOND ei vdimalda enam uutel juhtudel kasutada olemasoleva juhuga sama ID-d - igale uuele
juhule tuleb anda kordumatu juhu ID véi see tuleb maaratleda samana, mis siisteemis juba on.

Kui sisestate juhu, mille juhu ID on juba siisteemis olemas, kuvatakse dialoogivéli Case ID duplication
(Juhu ID dubleerimine), mis néitab olemasolevat juhtu sama juhu ID-ga. Olemasoleva juhu kasutamiseks
valige see ja kiopsake Use selected (Kasuta valitud) (vt ka Juhtude ihendamine Ik 115). Muul juhul
tlhistage see dialoogiaknas ja muutke juhu ID-d, et luua juht uue juhuna.

Juhud dialoogiaknas Case ID duplication (Juhu ID dubleerimine) v&ivad olla kustutatud, aegunud (st
juhud, mille puhul k&ik objektiklaasid on t66deldud - vt allpool) voi voivad olla praegused juhud, mis on
endiselt kirjas kuval Slide setup (Objektiklaasi seadistamine). Kui valitud on aegunud juht ja see
taastatakse, deldakse, et juht on taastatud.

LIS-i juhtude dubleeritud juhu ID-de selgitust vt jaotisest Duplikaadijuhu ID 1k 198.

6.3.4.1 Juhtude iihendamine

Kui redigeerite juhu ID-d, et muuta see samaks olemasoleva juhu ID-ga, ja seejarel klopsate Use selected
(Kasuta valitud) ja seejérel kuvatavas dialoogiaknas Case ID duplication (Kausta ID dubleerimine), viiakse
koik redigeeritud juhus olevad tootlemata objektiklaasid olemasolevasse juhtu.

Tootlemata objektiklaasidega juhtu on vdimalik redigeerida; seega ei ole voimalik muuta juhtu, millega
toodeldud objektiklaasid on seotud.

6.3.4.2 Toodeldud juhu nahtavusaeg

Juhu viimase objektiklaasi to6tlemisel I6petamisel eemaldatakse juht (vaikesattena) kuvalt Slide setup
(Objektiklaasi seadistamine) 10 minuti jooksul parast objektiklaasialuse lukustusest avamist.

Saate siisteemi BOND seadistada nii, et juhud jadvad kuvale Slide setup (Objektiklaasi seadistamine)
kindlaksmaaratud arvuks paevadeks parast viimase juhtude objektiklaaside t66tlemist. Maarake see
t60deldud juhu nahtavusaeg haldus-klientrakenduse kuval Laboratory (Labor) (vt 10.5.2 - Juhu ja
objektiklaasi satted).

Aegunud juhud salvestatakse slisteemis, kuid neid ei saa vaadata. Aegunud juhte saab taastada
loendisse, lisades juhu uuesti (taastades selle) voi lisades juhule objektiklaasi LIS-i kaudu.

Juhte, mis ei sisalda to0deldud objektiklaase, ei kustutata objektiklaasi seadistamise kuvalt kunagi
automaatselt.
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6.3.5 Juhuredigeerimine

Juhu andmete muutmiseks valige juht loendist ning kldpsake siis Edit case (Redigeeri juhtu). Tarkvara
kuvab dialoogiakna Case properties (Juhu atribuudid). Saate seda kasutada sarnaselt eelnevalt
kirjeldatud dialoogiaknaga Add case (Juhu lisamine).

Kui redigeerite juhu andmeid, millele objektiklaasisildid on prinditud, printige sildid enne objektiklaaside
t6otlemist uuesti (selle toime kohta kuvatakse teade kuval).

6.3.5.1 Juhu kustutamine

Juhu kustutamiseks valige see loendist ja kiopsake seejarel Delete case (Kustuta juht).

Kui juht BOND kuval Slide setup (Objektiklaasi sétted) sisaldab ainult téotlemata objektiklaase, saate juhu
kasitsi kustutada, mérkides selle olekuks ,expired” (aegunud). (K&ik LIS-i juhud aeguvad automaatselt
niipea, kui need ei sisalda to6tlemata objektiklaase.)

Juhtu ei saa kasitsi kustutada, kui see sisaldab to6deldavaid voi toddeldud objektiklaase.

Juhu kustutamine kustutab ka kdik selle juhu jaoks loodud t66tlemata objektiklaasid.
Saate taastada kustutatud juhtude, kuid mitte nende objektiklaaside andmed.

6.3.6  Juhu kopeerimine

Juhtude kopeerimine voimaldab mugavat patsiendi jaoks uue juhu seadistamist. Soovi korral saate uue
juhu andmeid muuta vdi need séilitada samana. Uus juhu number luuake automatselt ja peate sisestama
uue juhu ID.

Juhtu ei saa kopeerida, kui see sisaldab objektiklaasi, mis viitab kustutatud protokollile.

Kopeeritud objektiklaasid on valmis siltide printimiseks ja to6tlemiseks kuval Slide setup (Objektiklaasi
seadistamine). Kustutage soovimatud objektiklaasid, tehes neil paremklGpsu ja valides Delete slide
(Kustuta objektiklaas).

Juhu kopeerimiseks tehke jargmist.

1. Valige juhtude loendist juht, mida kopeerida, mis asub kuva Slide setup (Objektiklaasi seadistus)
vasakus servas.
2. Klopsake kdsku Copy case (Kopeeri juht); tarkvara kuvab dialoogiakna Copy case (Juhu
kopeerimine).
3. Sisestage uus juhu ID ja muutke vajadusel juhu andmeid.
4. Valige vastavalt vajadusele Unprocessed slides (To6tlemata objektiklaasid) voi All slides (Koik
objektiklaasid).
« ToOOtlemata objektiklaasid — ainult tootlemata objektiklaaside kopeerimiseks algsest juhust.
« Koik objektiklaasid — et kopeerida kdik objektiklaasid (t66tlemata, toodeldavad ja
166deldud) algsest juhust. Siisteem maérgib koik uue juhu objektiklaasid té6tlemata
olekusse.
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5. Kldpsake OK.
Siisteem loob uue juhu ja kopeerib objektiklaasid, sh markused, vastavalt valikule. Kdik kopeeritud
objektiklaasid (sh LIS) kaituvad samamoodi nagu dialoogiaknas Add Slide (Objektiklaasi lisamine)
loodud objektiklaasid (vt 6.5.1 - Objektiklaasi véljade ja juhtnuppude kirjeldus).

6.3.7  Paevajuhu voimalus

Siisteemi BOND saab konfigureerida nii, et see loob automaatselt uue juhu iga 24 tunni jarel, voimaldades
iga paeva koikide objektiklaaside loomist samas juhus. See vdib sdasta aega laborites, kus té6deldakse
vaheses koguses objektiklaase, sest patsientide nimesid ja kausta ID-sid pole sisestatud. Paevajuhul on
jargmised omadused.

« Juhu ID on seatud uue pdeva kuupaevale.

« Jaotusmahu ja ettevalmistusprotokolli vaikevaartus on maaratud haldus-klientrakenduses. Neid
saab redigeerida.

« Viljad Patient name (Patsiendi nimi) ja Doctor (Arst) jadvad tiihjaks ning neid ei saa muuta.

Saate soovi korral siiski tavaparasel viisil Uksikuid juhte luua, kui pdevajuhu véimalus on sisse liilitatud.
Juhised pdevajuhu véimaluse jaoks leiate jaotisest 10.5.2 - Juhu ja objektiklaasi satted.

6.3.8 Juhu aruanne

Saate genereerida aruandeid Gksikjuhtude kohta. Aruannetes kuvatakse pdhijuhu andmed ja teave kdikide
juhus olevate objektiklaaside kohta, nt objektiklaasi ID ning sellega kasutatud protokollid ja reaktiivid.
Aruande printimisel on ruumi igale objektiklaasile kommentaari kirjutamiseks. Taielikku kirjeldust vt

9.6 - Juhu aruanne.

Looge juhu aruanded kuvadelt Slide setup (Objektiklaasi satted) ja Slide history (Objektiklaasi ajalugu).
Valige sobiv juht v6i objektiklaas ning klopsake nuppu Case report (Juhu aruanne). Juhu aruanded
sisaldavad ainult nende objektiklaaside reaktiiviandmeid, mida on t60deldud ja t66tlusmooduli
lukustusest avatud.

6.4  Arstide haldamine

Siisteem BOND salvestab arstide loendi, keda soovi korral lisada juhu andmetele. Valige loendist
eelistatud arstid dialoogiaknas Add case (Juhu lisamine) vGi Case propertiess (Juhu omadused), voi
lisage vGi redigeerige arste dialoogiakas Manage physicians (Arstide haldamine), mis on avatud sama
juhu omaduste dialoogidest.

Iga arsti kohta kuvatakse jargmised véljad.
o Nimi: arsti nimi
o LIS ID: labori infosiisteemi antud kordumatu identifikaator (kui on kohaldatav)

« Eelistatud: arsti eelistatud olek (juhtude loomisel on ripploendis saadaval ainult eelistatud arstid).
See olek mé&aratakse dialoogiaknas Edit doctor (Arsti redigeerimine).
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Need vaartused kuvatakse ka dialoogiaknas Edit doctor (Arsti redigeerimine). Lisaks on dialoogiaknas
Edit physician (Arsti redigeerimine) jargmised andmed.

« ID: kordumatu ID, mille siisteem BOND automaatselt loob ja maarab
« Kommentaarid: redigeeritav vali lildise kommentaari voi tdiendava nimeteabe jaoks

Kui dialoogiaken Manage doctors (Arstide haldamine) on avatud, klopsake uute arstide lisamiseks
kaskuAdd (Lisa) voi olemasolevate arstide andmete muutmiseks Edit (Redigeeri). Redigeerimised
piirduvad kommentaaride véljaga ja eelistatud olekute muutmisega — péarast arsti loomist ei saa arsti
nime muuta.

Arste saab kustutada dialoogiaknast Manage doctors (Arstide haldamine). Kustutatud arstiga juba
loodud juhtumid jatkavad arsti nime naitamist, kuid uutel juhtudel ei ole arst kattesaadav. Kustutatud arsti
nime ei saa uue arsti jaoks uuesti kasutada.
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6.5 Objektiklaasidega tootamine

Selles jaotises kirjeldatakse objektiklaaside loomist ja haldamist kuval Slide setup (Objektiklaasi s&tted).
Viimane jaotis kirjeldab jaotusmahu séatet ja seda, kuidas see mdjutab koe paigutust objektiklaasidel.

o 6.5.1- Objektiklaasi valjade ja juhtnuppude kirjeldus
e 6.5.2 - Objektiklaasi loomine

o 6.5.3 - Objektiklaasi kopeerimine

e 6.5.4 - Objektiklaasi redigeerimine

e 6.5.5- Objektiklaasi kustutamine

« 6.5.6 - Objektiklaasi kasitsi identifitseerimine

o 6.5.7 - Objektiklaaside paneeli lisamine

« 6.5.8-Jaotusmahud ja koe asend objektiklaasidel
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6.5.1 Objektiklaasi valjade ja juhtnuppude kirjeldus

Objektiklaaside loendi lilaosas on kaks nuppu:

« Valitud juhule objektiklaasi lisamiseks kiGpsake nuppu Add slide (Lisa objektiklaas).
« Valitud juhule paneeli lisamiseks kiépsake nuppu Add panel (Lisa paneel). Lisateavet vt jaotisest
6.5.7 - Objektiklaaside paneeli lisamine.

Kuva paremal poolel olevas objektiklaasi loendis kuvatakse kuva vasakul poolel valitud juhu
objektiklaaside andmed. Iga objektiklaas kuvab objektiklaasi ID ja sellel objektiklaasil kdivitatavate
protokollide andmed. Objektiklaasidest paremal asuvad sildialad on tahistatud varvikoodiga, mis naitab,
kus need loodi.

1. 00D00401 Valge:

*CO10

THCF D — "HH0) objektiklaas, mis on loodud dialoogiaknas Add slide
(Objektiklaasi lisamine) (vt 6.5.2 - Objektiklaasi loomine)

2. 0000402 Kollane:

"Coin
objektiklaas, mis on loodud dialoogiaknas Slide

i identification (Objektiklaasi tuvastamine) (vt
6.8 - Objektiklaasi ja juhu loomine ettevalmistuseta)
2. 00000404 Helehall:
“CD10
HG F 1D " H229) LIS-i objektiklaas (vt 11 - LIS-i integreerimispakett (BOND-i

kontrolleril))

Objektiklaasidel on ka jargmised siimbolid.

3. 00000405 = Miinusmark:
*CO10
THE F 1D M) negatiivse koe objektiklaas (vt etappi 4 jaotises

6.5.2 - Objektiklaasi loomine)

4. 00000406 = Plussmark:
gl
WHCE "D M2 positiivse koe objektiklaas (vt etappi 4 jactises

6.5.2 - Objektiklaasi loomine)

1. 00000407 P Punane P:

*COAD

THCF D ' *HIE0) LIS-i prioriteetne objektiklaas (vt 11.2.5 - Prioriteetsed
objektiklaasid)

6. 00000408 2w Proovi silt:

*COD - =4

HCF "D " H20) = objektiklaasi silt on prinditud

Topeltkldpsake objektiklaasi, et avada dialoogiaken Slide properties (Objektiklaasi omadused).
Paremkldopsake objektiklaasi selle kustutamiseks voi sellele sildi printimiseks.
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6.5.2  Objektiklaasi loomine

Objektiklaaside loomise juhiseid Leica teranostiliste siisteemide jaoks vaadake siisteemiga
kaasasolevaid juhiseid.

Uue objektiklaasi loomiseks tehke jargmist.

1. Kldpsake juhtude loendis juhtu.
2. Kldpsake kasku Add slide (Lisa objektiklaas), et kuvada dialoogiaken Add slide (Objektiklaasi
lisamine).

Toaw type: Déapemsan volume:

St
Slide ID:

Cane N
" Stninieg

[ — ¥ BC

Markar

Saaning
Prepasaticn
HIER

= 2

joonis 6-3: Dialoogiaken Add slide (Objektiklaasi lisamine)

Uuele objektiklaasile antakse automaatselt unikaalne Slide ID (Objektiklaasi ID), kuid seda ei
kuvata enne objektiklaasi salvestamist dialoogiaknas nupu Add slide (Lisa objektiklaas)
vajutamisel.

3. Soovi korral lisage objektiklaasile kommentaar.

4. Valige koetlilip (testkude, negatiivne kude, positiivne kude), kldpsates iihte raadionuppu riihmas
Tissue type (Koetiilip). Lisateavet juhtelementide kohta vt jaotistest 6.2.1 - Kontrollkude ja
14.3.2 - Koekontrollid.

5. Vajadusel muutke objektiklaasi jaotusmahtu (vt 6.5.8 - Jaotusmahud ja koe asend
objektiklaasidel).

6. Valige varvimisreziim.

. Valige esimesel viljal Single (Uks) (vaikesate), kui objektiklaasi varvitakse lihe véarviga, voi
Sequential DS (Jarjestikune kaksikvérving) voi Parallel DS (Paralleelne kaksikvérving)
kaksikvarvingu puhul (vt 7.1.1 - Varvimismeetodid).

« Valige teisel véljal Routine (Tavavérving) (vaikesate) (valige Oracle ainult siis, kui see on
suunatud siisteemi BondTM OracleTM HER2 IHC juhistele).

7. Valige vérvimisprotsess (IHK voi ISH).
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8.

o

Valige primaarne antikeha vdi proov ripploendist Marker vahekaardil Single (Uks) iihekordse
varvimise korral v6i vahekaardil First (Esimene) jarjestikuse kaksikvarvingu korral. Kui valitud on
paralleelne kaksikvarving, valige marker vahekaardil Parallel DS (Paralleelne kaksikvérving).
Negatiivse IHK kontrollreaktiivi kditamiseks valige kas vaikimisi maaratud negatiivne reaktiiv
*Negative vdi teie loodud negatiivne reaktiiv (vt 14.3.3 - Negatiivse reaktiivi kontroll IHK jaoks).

Negatiivse ISH kontrollreaktiivi kditamiseks valige *RNA negatiivne kontrollproov v6i *DNA
negatiivne kontrollproov.

Positiivse ISH kontrollreaktiivi kdaitamiseks valige *RNA positiivne kontrollproov vdi *DNA positiivne
kontrollproov.

Uksuste lisamiseks véi eemaldamiseks ripploendist Marker valige kuva Reagent Setup (Reaktiivi
seadistamine) véljal Preferred reaktiiv voi tiihistage valik. Lisateavet vt jaotisest 8.2.1 - Reaktiivi
lisamine voi redigeerimine.

Valige iga tootlemisetapi jaoks sobiv protokoll.

Primaarse antikeha voi proovi valimisel sisestab tarkvara vaikeprotokollid. Kontrollige, kas iga etapi
jaoks on maaratud diged protokollid, ja valige vajadusel vastavast ripploendist uus protokoll. Valige
* - - - - kui konkreetse etapi jaoks ei ole protokoll vajalik.

Vaikeprotokollid mé&aratakse kuval Reagent Setup (Reaktiivi seadistamine). Vt jaotist
8.2.1 - Reaktiivi lisamine voi redigeerimine.

Uksuste lisamiseks vai eemaldamiseks rippoendist Protocol (Protokoll) valige kuva Protocol setup
(Protokolli seadistamine) véljal Preferred (Eelistatud) protokoll véi tiihistage valik. Lisateavet vt
jaotisest 7.2.1 - Protokolli andmed.

10. Jarjestikuse kaksikvarvingu kasutamisel kldpsake vahekaarti Second (Teine) ja valige teine

marker.
Nagu esimese markeri puhul, kontrollige vaikeprotokolle ja vajaduse korral muutke neid.

11.Kl6psake Add slide (Lisa objektiklaas).

Kask Add slide (Lisa objektiklaas) lisab objektiklaasi koos hetkel kuvatud andmetega
dialoogiaknas Add slide (Objektiklaasi lisamine) ja seejarel jaab dialoog avatuks. See teeb valitud
juhule paljude objektiklaaside kiire lisamise lihtsaks.

12.Kui olete juhule objektiklaaside lisamise |6petanud, kiopsake kasku Close (Sulge).

122

© Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 kasutusjuhend (mitte USA ja Hiina jaoks) Vers. A05



6. Objektiklaasi seadistamine (BOND-i kontrolleril)

6.5.3  Objektiklaasi kopeerimine

ﬁ Objektiklaasi ei saa kopeerida, kui see viitab kustutatud protokollile.

Olemasoleva objektiklaasi kopeerimiseks tehke jargmist.

1.

2.
3.

Topeltkldpsake kopeeritavat objektiklaasi, et avada dialoogiaken Slide properties (Objektiklaasi
atribuudid).

Klopsake Copy slide (Kopeeri objektiklaas).

Nupu Add slide (Lisa objektiklaas) vajutamisega muutub dialoogiaken aknaks Add slide (Lisa
objektiklaas).

Kontrollige objektiklaasi andmeid ja muutke neid vastavalt vajadusele.

Kldpsake Add slide (Lisa objektiklaas).

Kopeeritud objektiklaasiga samale juhule lisatakse uus objektiklaas (sh kommentaarid).

6.5.4  Objektiklaasi redigeerimine

Objektiklaasi andmete redigeerimiseks kuval Slide setup (Objektiklaasi seadistus) topeltkldpsake seda, et
avada dialoog Slide properties (Objektiklaasi atribuudid). Muutke andmeid, nagu on kirjeldatud jaotises
6.5.2 - Objektiklaasi loomine.

ﬁ Kui redigeerite juba prinditud sildiga objektiklaasi andmeid, printige silt enne objektiklaasi tootlemist

uuesti.

6.5.5  Objektiklaasi kustutamine

Objektiklaasi eemaldamiseks objektiklaaside loendist paremkldpsake seda objektiklaaside loendis kuval
Slide setup (Objektiklaas satted) ja valige siis alammeniiiist Delete slide (Kustuta objektiklaas). Valitud
objektiklaasi kustutamiseks voite kasutada ka klahvi Delete (Kustuta).

6.5.6  Objektiklaasi kasitsi identifitseerimine

Koiki siisteemis BOND olevaid objektiklaase saab igal ajal identifitseerida. KIdpsake funktsiooniribal

Search
ikooni Search (Otsi) , et avada dialoogiaken Manual ID entry (ID kasitsi sisestamine).

Manual ID eniry
Select search mode:
| Automatic Slide Reagent package

Eniler ihve shde o reagent ID. (The slide 10 is case sensilive]
Cick Validate when complebed.

joonis 6-4: ID kasitsi sisestamise dialoogiaken
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Uhe- vdi kahemddtmelise vddtkoodisildiga objektiklaaside puhul, nditeks siisteemi BOND poolt prinditud
objektiklaaside puhul, skannige silt, et avada objektiklaasi dialoogiaken Slide properties (Objektiklaasi
atribuudid). Vi sisestage kasitsi 8-kohaline numbriline ID, sealhulgas algusenullid, ja kiépsake siis
Validate (Valideeri).

Tahtnumbriliste ID-dega objektiklaaside puhul sisestage véljale neljakohaline objektiklaasi ID (sildi ID neli
esimest marki) ja kldpsake valikut Validate (Valideeri).

6.5.7  Objektiklaaside paneeli lisamine

Paneel on eelmaaratletud markerite komplekt seotud koetiilipidega. Paneele saab kasutada, et kiiresti
lisada teatud arv objektiklaase koos nendega tavaliselt kasutatavate markeritega — vt 8.4 - Kuva
Reaktiivipaneelid.

Juhule objektiklaasipaneeli lisamiseks toimige kuval Slide setup (Objektiklaasi seadistamine) jargmiselt.

1. Kldpsake nuppu Add panel (Lisa paneel). Kuvatakse dialoogiaken Add test from panel (Testide
lisamine paneelilt).

2. Valige ripploendist paneel. Kuvatakse paneelis olevad objektiklaasid.

3. Vajaduse korral eemaldage moned objektiklaasid, tiihjendades markeruudud ja kidpsates seejérel
nuppu OK.

BOND lisab objektiklaasid juhule.

« ISH-objektiklaaside puhul seatakse jaotusmaht automaatselt kagusele 150 pl.
« IHK-objektiklaaside puhul on jaotusmahuks seatud juhu vaikevaartus.
« KOoikide objektiklaaside puhul seatakse juhule vaikimisi ettevalmistusprotokoll.

0 Paneele saab kasutada objektiklaaside lisamiseks Uiksik vdi paralleelse DS varvimisreziimiga, kuid
mitte jarjestikulise DS-ga.

6.5.8  Jaotusmahud ja koe asend objektiklaasidel

BOND-i tarkvaral on kaks jaotusmahu satet, mis on maaratud igale objektiklaasile dialoogiaknas Add slide
(Lisa objektiklaas) (vt 6.5.2 - Objektiklaasi loomine). 100 ul satet saab kasutada ainult IHK objektiklaaside
jaoks BOND-MAX-i t66tlusmoodulis — kdik objektiklaasid, mis on t66deldud BOND-lIl-is ja kdik ISH
objektiklaasid (mdlema t66tlusmooduli tiitibi puhul) peavad kasutama 150 pl sétet.

Jaotusmahu sate maarab, kuidas reaktiiv objektiklaasil paikneb, ja véljastatud koguse:

« 100 pl jaotuse puhul tdmmatakse katteplaate Covertile umbes poolenisti objektiklaasilt tagasi ja
aspireeriv sond edastab antikeha katteplaadi Covertile (ilaosale (umbes poolenisti allapoole
objektiklaasidele).

« 150 pl jaotuse korral katavad katteplaadid Covertile enamikku objektiklaasidest. Reaktiiv
edastatakse taas katteplaatide Covertile {ilaossa, nii et objektiklaaside suurem piirkond saab
reaktiivi.

Erinevus reaktiivi saavate objektiklaaside piirkondades naitab kui oluline on kude digesti paigutada. 100 pl
jaotuse korral saab tavaliselt varvida ainult lihe proovi ning see tuleb asetada objektiklaasi alumisele
poolele (sildist eemale). 150 pl jaotuse korral mahuvad kaks koeproovi objektiklaasidele kergemini v&i kui
on vaid Uks, tuleb see asetada objektiklaasi keskele. Kasutatavad objektiklaasi piirkonnad erinevate
jaotusmahu satete jaoks on naidatud joonisel joonis 6-5. Leica BOND Plus objektiklaasid on tahistatud, et
naidata piirkondi, kuhu kude asetada tuleks.
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100 pl 150 pl

Kasutatav
ala

joonis 6-5: Viirutatud alad naitavad, kuhu saab erinevate jaotusmahtudega objektiklaasidele paigutada
kude.
Paigutust margistavad punktid on nédidatud Leica BOND Plus objektiklaasidel (vt 2.6.1 - Objektiklaasid).

BOND-i to6tlusmoodul jaotab ainult 150 pl asendisse — kui laaditakse 100 pl jaotusmahuga objektiklaasid,
ei saa te tootlemist alustada.

Nii BOND-MAX kui BOND-III IHK objektiklaaside puhul on jaotatava antikeha mahud néidatud
dialoogiaknas Add Slide (Objektiklaasi lisamine) — 100 pl v&i 150 pl. ISH-objektiklaaside puhul (mdlemal
seadmel) rakendatakse 150 pl satet ja téotlusmoodulid kasutavad 150 pl katteplaadi Covertile ja sondi
asendeid. Siiski jaotab slisteem BOND rohkem kui 150 pl proovi:

« RNA proovide puhul jaotab BOND 220 pl kahes etapis — 150 pl ja 70 pl;
« RNA proovide puhul jaotab BOND 240 pl kahes etapis — 150 pl ja 90 pl.

Olenevalt protokollist kehtivad pesu- ja muudes etappides erinevad mahud.

Jaotusmahu vaikevaartused

BOND-MAX IHK puhul saab jaotusmahu (150 pl v6i 100 ul) maéarata iga objektiklaasi jaoks eraldi, kuid
BOND-i tarkvara véimaldab konfigureerida kaks vaiketaset. Seadistada saab siisteemiiilese vaikesatte (vt
10.5.2 - Juhu ja objektiklaasi satted). Seda saab lksikjuhtude puhul alistada, kui juhu vaikevaartused on
maératud dialoogiaknas Add case (Juhu lisamine) (vt Juhu lisamine (Jaotis 6.3.3 Ik 114)). Ja I6puks saab
maarata konkreetsete objektiklaaside jaoks dialoogiaknas Add slide (Objektiklaasi lisamine) jaotusmahu
(vt 6.5.2 - Objektiklaasi loomine).

Koigil objektiklaasidel peab olema sama jaotusmaht, mida sama tsiikli ajal koos t6odelda (vt
6.9 - Objektiklaaside thilduvus).
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6.6  Objektiklaaside sildistamine

Koik slisteemis BOND varvitud objektiklaasid tuleb tarkvaras identifitseerimiseks sildistada, et nendega
kaivitataks diged protokollid. Kdigil siisteemis BOND loodud objektiklaasisiltidel on sildi ID (renderdatud
téhtnumobriliste markidega voi 1D v&i 2D vodtkoodina), mida kasutatakse objektiklaaside automaatseks
identifitseerimiseks téotlusmoodulites. Automaatselt saab identifitseerida ka LIS-is loodud silte (koos 1D
v0i 2D vootkoodi ID-dega). Siiski tuleks alati objektiklaaside siltidele lisada tdiendavat inimloetavat teavet,
et objektiklaase oleks voimalik identifitseerida, kui sildi ID-sid ei ole véimalik automaatselt identifitseerida,
naiteks kui need on maardunud (vt 10.3 - Sildid ).

Enne seadmesse laadimist tuleb objektiklaasidele kinnitada sildid. Veenduge, et objektiklaasid on digesti
kinnitatud, et ID-pildstaja saaks tShusalt siltide ID-sid skannida (1D- voi 2D-v66tkood) voi pildistada
(tahenumbriliste ID-de puhul ja teatud satete korral ka vo6tkoodide puhul).

BOND-i objektiklaasi sildistajaga tuleb kasutada Leica Biosystems tarnitud objektiklaasi silte.

o 6.6.1 - Siltide printimine ja objektiklaasidele rakendamine
e 6.6.2 - Objektiklaaside ID-d ja sildi ID-d

6.6.1 Siltide printimine ja objektiklaasidele
rakendamine

6 Uksikule objektiklaasile sildi printimiseks paremkldpsake objektiklaasi ja valige Print label (Prindi
silt). Sel juhul dialoogiakent Print slide labels (Objektiklaasi siltide printimine) ei kuvata. Siisteemis
BOND-ADVANCE, mis sisaldab maaratletud Gksusi, kasutatakse siltide printimiseks vaike-
objektiklaasisildistajat. Vastasel juhul kasutatakse loetelu esimest objektiklaasisildistajat (vt
10.6.3 - Objektiklaasi sildistajad).

1. Kui koik teie objektiklaasid on seadistatud, klopsake kuval Slide setup (Objektiklaasi seadistamine)
kdsku Print labels (Prindi sildid).

2. Valige, kuidas printida objektiklaasisilte.
« KOoik objektiklaasisildid, mida pole veel prinditud — objektiklaasid k&igil juhtudel, mille jaoks
ei ole silte prinditud.
« Koik objektiklaasisildid, mida pole praeguse juhu jaoks veel prinditud — praeguse juhu
objektiklaasid, mille jaoks pole veel silte prinditud.
« Praegune juht — kdik praegu valitud juhu objektiklaasid, sh need, mis on eelnevalt prinditud.

ﬁ Objektiklaasisildid prinditakse nende juhtude loomise jarjekorras ja iga juhu piires objektiklaaside
loomise jarjekorras.

3. Valige kasutatav objektiklaasisildistaja.
(Seadke haldus-klientrakenduse kuval Hardware (Riistvara) vaikesildistaja — vt 10.6.2 - Uksused.)

4. Klopsake Print (Prindi).

ﬁ Kui objektiklaasi sildi printimine on pooleli, ilmub kuva Slide setup g

(Objektiklaasi sildistamine) vasakusse alaossa vilkuv ikoon.
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5. Veenduge, et objektiklaasi hdgus osa, kuhu silt paigaldatakse, on taiesti kuiv (salvratiga pihkimine
ei ole piisav), seejarel kinnitage silt objektiklaasi ID-ga objektiklaasi servaga paralleelselt.

6. Kui objektiklaasi hoitakse sildiga tilespoole, peab silt olema paremal pool (objektiklaasi samal
kiljel kui kude).
Joondage silt ruudukujuliselt ja otse, kuna té6tlusmoodul ei saa valesti joondatud silte korralikult

pildistada.
000055 Oige: BoDoEE Vale: Vale:
——— silt on silt asetseb iile silt on viltu.
v paigutatud X objektiklaasi
ruudukujuliselt ja servade.
objektiklaasi
servadest
seespool.

joonis 6-6: Asetage silt objektiklaasi servadest sissepoole

pind véib pohjustada objektiklaasisildi (ja objektiklaasi) kleepumist katteplaadi

2 Paigutage koik sildi osad objektiklaasi servadest sissepoole. Katmata kleepuv
Covertile voi muude seadmeosade kiilge ning objektiklaasi kahjustada.

6.6.1.1 Valine deparafineerimine ja epitoobi taastamine

Kui deparafineerimist ja epitoobi taastamist tehakse véljaspool siisteemi BOND, on kdige parem péarast
objektiklaaside sildistamist deparafineerimine ja epitoobi taastamine. See véldib objektiklaaside
kuivamist objektiklaaside andmete sisestamisel ja siisteemi BOND seadistamist ndutava(te) protokolli
(de) kaivitamisel ning véldib ka raskuste tekkimist margade objektiklaaside margistamisel parast neid
etappe.

Kui kasutate seadme deparafineerimiseks kstileeni, valtige sildi puudutamist, et see ei maarduks. Voite
sildi alguses kinnitada ka BOND objektiklaasi sildi kattega.

Pikaajaline kstileeni ja/voi veega leotamine v6i nendega kokkupuude vdib véhendada objektiklaasi ID-sildil
oleva liimaine efektiivsust. Soovitame, et silte ei kastetaks rohkem kui kiimneks minutiks ksiileeni ega
vette. Seadme deparafineerimisel ja dehiidreerimisel on oluline hoida reaktiivi tase objektiklaasil allpool
silti.

Arge kasutage ksiileeni, ksiileeni asendajaid ega muid reaktiive, mis vdivad

2 Kasutage ainult lahust BOND Dewax Solution seadmetel BOND-IIl ja BOND-MAX.
seadme osi kahjustada ja pohjustada vedeliku lekkimist.

6.6.2  Objektiklaaside ID-d ja sildi ID-d

Iga kord, kui luuakse uus objektiklaas, annab siisteem BOND sellele kordumatu objektiklaasi ID. Iga kord,
prinditakse objektiklaasisilt, loob siisteem BOND ka kordumatu sildi ID.

Sildi ID-d saab haldus-klientrakenduse kaudu konfigureerida tahtnumbriliseks ID-ks (OCR), 1D-vo&tkoodiks
v0i 2D-v6otkoodiks (vt 10.5.2 - Juhu ja objektiklaasi satted).
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LIS-i objektiklaaside puhul voib objektiklaasi ID maaratleda LIS-iga ja see vdib olla mis tahes numbriline
vaartus (kuni 8 numbrit).

6.6.2.1 Vootkoodi sildi ID-d

Voo6tkoodi siltidel on 4-ASCII siimbolites sildi ID, mis on selle objektiklaasi kordumatu identifikaator.

6.6.2.2 Tahtnumbrilised sildi ID-d

Tahtnumbriliste siltide puhul on esimesed neli marki kordumatu ,objektiklaasi ID”, mis prinditud sildil
sisaldab lisaks kolmekohalist sufiksit, mis aitab tagada objektiklaasi korrektse identifitseerimise
pildistamise ajal.

6.6.2.3 Objektiklaaside identifitseerimine

Kui sildid asetatakse objektiklaasidele, suudab siisteem objektiklaaside varvimiskambrites igas
positsioonis olevaid objektiklaase identifitseerida (vt 5.1.5.1 - Automaatne objektiklaasi
identifitseerimine).

llma objektiklaasi ID-ta vdi tundmatute objektiklaasi ID-dega objektiklaasid tuleb siisteemi jaoks kasitsi
identifitseerida (vt 5.1.5.2 - Laaditud objektiklaaside kasitsi identifitseerimine) voi tuleb printida silt ja see
objektiklaasile kinnitada ja objektiklaas tuleb uuesti pildistada.

Konfigureerige teave, mida kuvada objektiklaasisiltidel, haldus-klientrakenduse kuval Label configuration
(Sildi konfigureerimine) (vt 10.3 - Sildid ).
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6.7 Objektiklaaside seadistuse
kokkuvote

Objektiklaasi seadistuse kokkuvote loetleb k&ik objektiklaasid (kbigil juhtudel), mis on hetkel kuval Slide
setup (Objektiklaasi seadistamine) konfigureeritud. Objektiklaasid riihmitatakse juhtude kaupa
andmetega, nagu marker ja jaotusmaht. Aruande alumises osas on loetelu kdikidest aruandes olevatel
objektiklaasidel vajaminevatest reaktiividest ja reaktiivisiisteemidest, igalihe testide arvuga. Seadmetel
BOND-MAX ja BOND-III on eraldi loendid.

Aruanne on tsiikli ettevalmistamisel vaartuslik abivahend. See aitab tagada, et mingile alusele asetatud
objektiklaasid omavahel Gihilduvad (vt 6.9 - Objektiklaaside tihilduvus), ning néitab reaktiive ja
reaktiivislisteeme, mis tuleb laadida.

Objektiklaasi seadistamise aruande loomiseks kldpsake kasul Slide setup Summary (Objektiklaasi
seadistamise kokkuvote).

Aruanne kuvab iga objektiklaasi kohta jargmist teavet.

vali Kirjeldus
Objektiklaasi ID Siisteem BOND maarab igale objektiklaasile unikaalse identifikaatori
Marker Marker(id)
Varvimisprotokoll Varvimisprotokoll
Ettevalmistus Ettevalmistusprotokoll (kui on olemas)
HIER HIER-i protokoll (kui on olemas)
Ensiiim Ensiitimi toomise protokoll (kui on olemas)
Jaotusmaht Reaktiivi jaotusmaht (vt 6.5.8 - Jaotusmahud ja koe asend
objektiklaasidel)
Koe tiilip Testkude, positiivne kontrollkude vdi negatiivne kontrollkude

ﬁ Jarjestikuste kahekordse varvimise objektiklaaside puhul kuvatakse kaks rida markeri, protokollide,
jaotusmahu ja koetiilibi veergudes, riihmitatud objektiklaasi ID jargi.

Lisateavet aruandeakna ja printimissuvandite kohta vt 3.7 - Aruanded.
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6.8  Objektiklaasi ja juhu loomine
ettevalmistuseta

Vaikimisi on BOND siisteem konfigureeritud nii, et uusi juhte ja objektiklaase saab luua pérast
objektiklaaside aluse t66tlusmoodulisse laadimist ja objektiklaaside pildistamist.

Alltoodud esimene jaotis sisaldab juhiseid selle ettevalmistuseta juhu ja objektiklaasi loomise kohta.
Teine jaotis kirjeldab alternatiivsete to6voogude suvandite satteid.

« 6.8.1 - Uute juhtude ja/vdi objektiklaaside loomine pérast pildistamist
« 6.8.2-0n-Board objektiklaaside identifitseerimise valikud

6.8.1 Uute juhtude ja/voi objektiklaaside loomine
parast pildistamist

Jargige allolevat protseduuri, et lisada juhu ja objektiklaasi teave parast objektiklaaside laadimist ja
kuvamist (protseduur sarnaneb jaotises 5.1.5.2 - Laaditud objektiklaaside kasitsi identifitseerimine
kirjeldatud abistatud ID protseduuriga, kuid hélmab niilid ka uute juhtude ja objektiklaaside loomist).

1. Laadige objektiklaasid to6tlusmoodulisse tavalisel viisil.
Tarkvaras BOND ei ole vaja juhte ega objektiklaase luua — kasutada saab kasitsi kirjutatud voi
kolmanda osapoole silte.

2. Suisteem ei tunne objektiklaase ara, seega kuvatakse siltide pildid.

o (o
i) i
)

Daanna ..

sy pmed (_}
joonis 6-7: Objektiklaasi ei identifitseerita automaatselt

ﬁ Kui sildi pilte kindla t66tlusmooduli jaoks pidevalt ei kuvata, vdib seade olla konfigureeritud
objektiklaasisiltide pilte mitte jaddvustama. Selle t66tlusmooduli jaoks nende sétete
Uimberkonfigureerimiseks votke ihendust klienditoega.

130 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 kasutusjuhend (mitte USA ja Hiina jaoks) Vers. A05



6. Objektiklaasi seadistamine (BOND-i kontrolleril)

3. Dialoogi Slide identification (Objektiklaasi tuvastamine) kdivitamiseks on jargmised véimalused.
i. Topeltkldpsake objektiklaasi pilti.
ii. ParemklGpsake pilti ja valige alammeniilist kdsk Select manually (Vali kasitsi).

Kuvatakse dialoogiaken Slide identification (Objektiklaasi tuvastamine) ja saadaval on nupud New
case (Uus juht) ja New slide (Uus objektiklaas) (liksused 1 ja 2 jaotises joonis 6-8).

Casa [ Sl Side wray: 2
T T v~ 3
LS - 4539 soumpn Shocy, Alan :ﬁﬂl_"ﬁ e ) Ea |
= —

AN EG-RE K Panl Bargaa e

g Bk |
HENIEHE Acter oy Faraa Harley s
TGN oin Faanal At Sk TR =23 |
CHID - 4860 Catihi Hay ey Gty

LT T |
CEME-ZTN A KavinFaaned Dlevn s ]
CEIED - 7T Thoeus. LizEnd ] ﬂ
EE1E4 - SEERE Dutisa Play (Tden m B

wan? )
CHOD -TRAN A4S Suranas Dok Kt n
CEGDE - IEPH) Al oy o F: B
CEDE - i Fichlm blarshn haiza -
CHGOE - FEEPE Pk Sz Mg m
S5 - 35500 Cowama Zaces Vianbul
CHI0 - 753401 Incod Glmar Sy Pk ﬁ

joonis 6-8: Objektiklaasi tuvastamise dialoog objektiklaasi oleku kuvaga

ﬁ Moénes laboris voivad nupud New case (Uus juht) voi mélemad — New case (Uus juht) ja New slide (Uus
objektiklaas) - olla keelatud — vt 6.8.2 - On-Board objektiklaaside identifitseerimise valikud.

Aktiivne objektiklaas tostetakse objektiklaasialusel esile (liksus 3).

Dialoogiaknas on objektiklaasi suurendatud pilt (liksus 4), mis aitab objektiklaasi tuvastada.
Hoidke kursorit parempoolsel paneelil objektiklaasi kohal, et néha sildi veelgi suuremat suurendust.

Vasakpoolsel paanil on loetletud kdik juhud praeguste objektiklaasidega. Vaikesatetes kuvatakse
ainult nende objektiklaasidega juhud, mille jaoks on prinditud sildid (saate seda muuta, et kaasata
juhte objektiklaasidega, mille jaoks pole prinditud silte, vt 6.8.2.2 - Vélised objektiklaasisildid).

Keskmisel paanil kuvatakse vasakpoolsel paanil valitud juhu jaoks konfigureeritud objektiklaasid,
kus objektiklaase pole veel t66tlusmoodulis kuvatud objektiklaasidega vastavusse viidud. Ka
vaikesatetes kuvatakse ainult prinditud siltidega objektiklaasid, kuid seda saab muuta, et ndidata
kdiki juhu jaoks konfigureeritud objektiklaase.

0 Veenduge, et valiksite dige sildi pildi, kuna vale valiku korral vbib see objektiklaase mdjutada.
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4. Uue juhu loomiseks klopsake nuppu New case (Uus juht) (iiksus 1).
Looge valitud objektiklaasile tavaparasel viisil uus juht (vt 6.3.3 - Juhu lisamine).

5. Pérast nupu OK kldpsamist dialoogiaknas Add case (Lisa juht), valige dialoogiaknas Slide
identification (Objektiklaasi tuvastamine) uus juht.

6. Asja loodud juhule uue objektiklaasi loomiseks kidpsake New slide (Uus objektiklaas) (iiksus 2).
See avab dialoogiakna Add slide (Lisa objektiklaas).

7. Looge tarkvaras uus objektiklaas parempoolsel paneelil valitud fiilisilise objektiklaasi jaoks
tavaparasel viisil (vt 6.5.2 - Objektiklaasi loomine).
Lisamisel kuvatakse uus objektiklaas dialoogiakna keskmisel paanil (st kui vasakul juhtude loendis
on valitud uus juht).

8. Veenduge, et parempoolsel paanil on endiselt valitud dige sildi pilt, ja kldpsake kéasku Insert
(Sisesta), et sobitada see uue objektiklaasiga keskmisel paanil.
Objektiklaas eemaldatakse keskmiselt paanilt ja parema paani sildi pilt asendatakse, et ndidata
objektiklaasi slisteemiteavet, kuna see sisestati asja loodud objektiklaasi kohta.
Objektiklaaside valesti vastendamisel saate selle sammu tagasi v6tta, valides parempoolsel paanil
objektiklaasi ja klopsates kdsku Remove (Eemalda).

9. Nild saab objektiklaasi tavalisel viisil toodelda.
Korrake uute juhtude ja objektiklaaside loomise protseduuri objektiklaaside aluse lilejadnud
objektiklaaside puhul.
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6.8.2  On-Board objektiklaaside identifitseerimise
valikud

Haldus-klienrakenduse sétted voivad lubada voi jdustada erinevaid objektiklaasi identifitseerimise
t60voogusid, lubades voi keelates valikuliselt suvandeid dialoogis Slide identification (Objektiklaaside
identifitseerimine).

6.8.2.1 Piirake voi keelake objektiklaaside ja juhtude loomine
ettevalmistusteta

Vaikimisi voimaldab siisteem BOND teil laadida objektiklaase, mida pole BOND-i tarkvaras loodud (v&i
LIS-ist imporditud) ja luua tarkvaras juhte ja objektiklaase pérast objektiklaaside pildistamist, kasutades
dialoogiakent Slide identification (Objektiklaasi identifitseerimine). Soovi korral voite slisteemi
seadistada nii, et see keelaks sel viisil uute juhtude loomise (kuid lubaks siiski uute objektiklaaside
loomise olemasolevatele juhtudele), voi keelaks objektiklaaside (ja juhtude) loomise parast
objektiklaaside laadimist. Olenevalt teie valitud sattest on nupud New case (Uus juht) voi nii New case
(Uus juht) kui ka New slide (Uus objektiklaas) dialoogiaknas Slide identification (Objektiklaasi
identifitseerimine) keelatud (vt joonis 6-8).

Juhu ja objektiklaasi ettevalmistuseta loomise suvandeid saab piirata haldus-klientrakenduse kuval
Laboratory Configuration (Labori konfigureerimine) (vt 10.5.2 - Juhu ja objektiklaasi satted).

6.8.2.2 Vailised objektiklaasisildid

Saate seadistada stisteemi BOND nii, et see nduaks (voi mitte), et stisteem BOND peab kdik objektiklaasid
enne tootlemist printima. LIS-i ja mitte-LIS-i objektiklaaside jaoks on eraldi satted.

Mitte-LIS-i objektiklaaside korral nduab vaikesate stisteemi BOND poolset printimist. See tdhendab, et
stisteemi BOND prinditud fiilisilisi objektiklaase ei vastendata automaatselt tarkvaras nende jaoks loodud
objektiklaasidega (isegi kui ID-d on samad). Peale selle ei saa objektiklaase dialoogiaknas Slide
identification (Objektiklaaside identifitseerimine) kasitsi vastendada, sest seal kuvatakse ainult siisteemi
BOND poolt prinditud objektiklaasid. Seetdttu peavad laborid, millel puudub BOND—-LIS-i integreerimine,
mis vdimaldab silte kirjutada kasitsi voi printida kolmanda osapoole seadmetele, selle valiku vilja lilitada.
See vdimaldab kdiki siisteemis loodud objektiklaase vastendada t66tlusmoodulisse laaditud
objektiklaasidega, olenemata sellest, kas stisteem BOND prindib silte voi mitte.

Siisteemi BOND poolt printimata siltidega objektiklaaside to6tlemise lubamiseks tiihistage valik Force
printing in BOND (Sundprintimine siisteemis) haldus-klientrakenduse kuval Laboratory (Labor) (vt
10.5.2 - Juhu ja objektiklaasi satted). (Valikut Force printing in BOND (Sundprintimine siisteemis) ei ole
vaja tiihistada, et lubada juhu ja objektiklaasi ekspromptloomine — vt 6.8.2.1 - Piirake voi keelake
objektiklaaside ja juhtude loomine ettevalmistusteta.)

Objektiklaasid, mis on loodud enne valiku Force printing in BOND (Sundprintimine siisteemis) tiihistamist,
ei ole todtlemiseks saadaval enne, kui nende sildid on prinditud, kuigi parast selle valiku tihistamist
loodud objektiklaasidel ei pea olema sildid prinditud.

LIS-i objektiklaaside puhul ei ndua vaikesate stiseemi BOND poolset printimist. See tadhendab, et LIS-i
prinditud siltidega objektiklaase saab automaatselt tarkvaras olevate objektiklaasidega vastendada BOND
(imporditud LIS-ist). V&i kui automaatset vastet ei saa teha (nt objektiklaasi silti maardub), saate
objektiklaase kasitsi sobitada, kasutades dialoogiakent Slide identification (Objektiklaasi
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identifitseerimine). Kui teie toovoos on aga LIS-is loodud objektiklaase, kuid soovite, et siisteem BOND
prindiks sildid, liilitage valik sisse (valige Force LIS printing in BOND (Sunni LIS-printimine) haldus-
klientrakenduses kuval LIS — vt 10.2 - LIS).
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6.9 Objektiklaaside uhilduvus

Selleks, et iga tsiikli etapid stinkroonitaks viisil, mis tagab aluse kdigi objektiklaaside optimaalsed
tulemused, kontrollib BOND-i tarkvara objektiklaaside aluse laadimisel objektiklaaside dhilduvust. Kuval
System status (Siisteemi olek) kuvatakse thildumatud objektiklaasid. Enne tsiikli alustamist peate
Uhildumatud objektiklaasid eemaldama v&i asendama (vt 5.1.4.4 - Mittelhilduva objektiklaasi satete
parandamine).

Tavaparaste objektiklaaside tihildumiseks peavad need:

« olema sama jaotusmahuga;

« olema koik kas liksikvarvinguga, paralleelse kaksikvarvinguga voi jarjestikuse kaksikvarvinguga;

« kasutama sama ettevalmistusprotokolli;

« kasutama sama varvimisprotokolli ja

» kasutama uhilduvaid eelto6tlusprotokolle ja/voi ISH denatureerimise ja hiibridisatsiooniprotokolle.

Protokolli Gihilduvuse reeglid on esitatud jaotises 6.9.1 - Protokolli Ghilduvus.

Objektiklaasi seadistamise aruanded (6.7 - Objektiklaaside seadistuse kokkuvdte ) abistavad teid, et
saaksite igale alusele laadida thilduvad objektiklaasid.

6.9.1 Protokolli Ghilduvus

Varvimis- ja ettevalmistusprotokollidel on jaigad Ghilduvuspiirangud, samas kui kuumuse ja ensiiim-
eeltootlusprotokollide ning ISH hiibridisatsiooni- ja denatureerimisprotokollide puhul on olemas veidi
ruumi variatsioonide jaoks. Nende protokollide tihilduvus oleneb t66tlusmooduli tiitibist (BOND-III voi
BOND-MAX), protokolli sammude arvust ja kestusest ning seadme olekust nende sammude ajal.
Protokollid on thilduvad, kui need tegurid on samad vdi erinevad viisidel, mida saab varvimiskvaliteeti
mojutamata sobitada.

Allpool on loetletud kdigi protokollitiitipide tihilduvusreeglid.

6.9.1.1 Varvimisprotokollid

Iga objektiklaasi puhul tuleb kasutada sama varvimisprotokolli. Jarjestikuse kaksikvarvingu puhul tuleb
kasutada sama kahte varvimisprotokolli samas jarjekorras.

IHC ja ISH objektiklaase ei saa segada ihekordsetes varvimistsiiklites, kuid neid saab kombineerida
jarjestikustes kahekordsetes varvimistsiiklites.

6.9.1.2 Ettevalmistusprotokollid

Uuringuprotokollide ,dewax” (deparafineerimine) ja ,bake and dewax"” (kuumutus ja deparafineerimine)
puhul

1. Koikide alusel olevate objektiklaaside puhul tuleb kasutada sama protokolli.

2. Ettevalmistusprotokolliga objektiklaase ei saa ilma ettevalmistusprotokollita objektiklaasidega
segada.
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6.9.1.3 Eeltootluse protokollid

Koos voib kasutada ainult kuumt6étlusega, ainult enstiiimtéotlusega, kuum- ja ensiiimtodtiusega
objektiklaase ning epitooptdctusega lldse mitte. Eeltddtlemata objektiklaasid hiidreeritakse samal ajal,
kui protokoll to6tab teistel objektiklaasidel (kuumtéotlemine eelneb alati ensiiimtostlemisele).

Sarnaselt on iihilduvad kdik objektiklaaside kombinatsioonid ISH denaturatsiooni ja hiibridisatsiooniga ja
ilma nendeta.

Allolevates jaotistes on toodud tingimused eelté6tlusprotokollide Ghilduvuseks sama eeltootlustiitibi
protokollidega.

Kuum-eeltootlus

1. Kuum-eeltootluse protokollid Ghilduvad, kui neil on:

i. sama arv etappe ja
ii. samad inkubatsiooniajad iga etapi puhul, vélja arvatud kuumtd6tluse etapid.

Samaaegsete kuumtootlusetappide puhul kasutatakse etapi jaoks maaratud pikimat kestust
kdikide objektiklaaside puhul. Objektiklaase, millel on liihem kindlaksmaaratud kestus,
kuumutatakse ainult nende jaoks konfigureeritud aja jooksul, parast mida liilitatakse
objektiklaasisoojendi toide vilja.

2. Epitooptddtlemise lahuseid 1 ja 2 kasutavaid protokolle vdib tsiiklites segada.

3. Kuum-eeltdotlust kasutavaid objektiklaase vdib kasutada alustel, mille objektiklaasid ei saa
eeltdotlust — eeltdotlust mittesaavad objektiklaasid hiidreeritakse timbritseval temperatuuril
epitooptddtluse lahusega, samal ajal kui teisi objektiklaase toodeldakse.

Ensiim-eeltootlus

1. Ensliim-eelto6tluse protokollid Ghilduvad, kui neil on:

i. sama arv etappe ja
ii. iga etapi puhul samad inkubatsiooniajad.

2. Tsiiklis saab kasutada kuni 2 enstitimitidpi.

3. Eeltdotlust saavaid objektiklaase voib toodelda alustel, mille puhul ei kasutata ensiiiim-eeltd6tlust
— eeltootlust mittesaanud objektiklaasid hiidreeritakse timbritseval temperatuuril, samal ajal kui
teisi objektiklaase toddeldakse.

6.9.1.4 ISH denaturatsioon

Denaturatsiooniprotokollid tGhilduvad siis, kui nende inkubatsiooniaeg on sama.
Inkubatsioonitemperatuurid voivad erineda.

6.9.1.5 ISH hiibridiseerimine

Hibridisatsiooniprotokollid Gihilduvad, kui neil on samad inkubatsiooniajad. Inkubatsioonitemperatuurid
voivad erineda.
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BOND-i tarkvaras on protokollid koeproovide varvimiseks tehtavate etappide seeriad.

Siisteemiga BOND on kaasas eelmaératletud Leica Biosystems protokollide kogum, mida ei saa
redigeerida ega kustutada. Eelnevalt maaratletud protokolle on p&hjalikult testinud ja valideerinud Leica
Biosystems. Need annavad teadaolevalt suurepédrased varvimistulemused, kui neid digesti kasutatakse.
Siiski saate luua oma protokolle, kopeerides ja redigeerides olemasolevaid protokolle.

Olete vastutav ise loodud voi redigeeritud kasutajaprotokollide testimise ja valideerimise
eest. Protokolli loomise ja salvestamise vdimalus ei tdhenda, et see sobib ettenahtud
Ulesande jaoks.

Selles peatiikis on jargmised jaotised.

o 7.1-Protokollititibid

« 7.2 -Kuva Protocol Setup (Protokolli seadistamine)
o 7.3-Uute protokollide loomine

o 7.4 -Kasutajaprotokollide redigeerimine

« 7.5-Protokolliaruanded

o 7.6 - Eelmaaratletud protokollid
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7.1 Protokollituubid

Koikidel stisteemi BOND protokollidel on tiilip vastavalt nende konkreetsetele funktsioonidele, mida need
on ette nahtud tditma. Naiteks eelvarvingu HIER-i protokollid on dhte tiilipi, IHK jarjestikuse topeltvarvingu
protokollid teist tiiipi.

« Protokolli tiilipi ei saa muuta.
« Uue protokolli loomiseks peate kopeerima olemasoleva protokollitiiiibi, millega soovite uut
protokolli kasutada. Seejarel saate redigeerida protokolli etappe vastavalt vajadusele.

Tavaliselt kasutatakse igas to66tlemistsiiklis eri tiilipi protokolle objektiklaaside ettevalmistamiseks,
markerite rakendamiseks ja kromogeeni rakendamiseks. Need jarjestused ja protokollid, mida nad
kasutavad, nduavad enamasti topeltvarvingu jaoks modifitseerimist.

e 7.1.1-Varvimismeetodid
e 7.1.2-Protokolli jarjestused

7.1.1 Varvimismeetodid

Kaksikvarving on kahe erineva markeri ja kromogeenide kasutamine thel objektiklaasil. BOND-i siisteemil
on kaks kaksikvarvingu meetodit: jarjestikune kaksikvarving — rakendab kaks markerit iksteise jarel eraldi
varvimisprotokollides; paralleelne kaksikvarving — rakendab kaks markerit, mis on segatud kokku
skokteiliks” ihekordse varvimise protokollis.

Protokolli loomiseks ja redigeerimiseks kasitletakse lihekordset varvimist jarjestikuse kaksikvarvingu
erijuhuna.

Igal varvimisprotokollil on varvimismeetod, mis néitab selle rolli kaksik- vdi tihekordse varvimise suhtes.
Jarjestikuse kaksikvarvingu protokollidel on kolm varvimismeetodi valikut:

« (Uhekordne — kasutamiseks eraldi, ihe markeri rakendamiseks
« esimene - kasutamiseks esimese protokollina jarjestikuses kaksikvarvingus
« teine — kasutamiseks teise protokollina jarjestikuses kaksikvarvingus

Koik eelmaaratletud jarjestikused kaksikvarvingu protokollid on rakendatavad varvimismeetodiga Single
(Uhekordne), mida ei saa muuta. Kasutaja loodud jarjestikuste kaksikvarvingu protokollide
varvimismeetodit saab siiski muuta valikuliselt liksikuks vdi mitmeks. Naiteks saab kasutaja protokolli
konfigureerida mdnikord liksikuks kasutamiseks, ja monikord ka esimeseks protokolliks kaksikvarvingus.

Paralleelse kaksikvarvimise protokollidel on ainult iks varvimismeetodi valik: Parallel DS (Paralleelne
kaksikvarvimine).

Kui paralleelse kaksikvarvingu jaoks ei ole sobiv eelmaératletud paralleelse kaksikvarvingu protokoll
kasutamiseks vdi kopeerimiseks saadaval, redigeerige Gihekordse varvimise protokolli, et see sisaldaks
teist kromogeeni ja teisi vajalikke lisareaktiive. Lisareaktiive saab laadida avatud kanistritesse.
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Protokolli titbid ja varvimismeetodid kuvatakse allolevas tabelis.

Varvimine

Tiiiip Varvimisreziim Kirjeldus
IHK véarvimine Uhekordne Protokoll (ihe antikeha
. Lo tuvastamiseks tihekordse
Uhekordne varvimine ja i
e varvimise puhul
jarjestikune
kaksikvarvimine Esimene Protokoll esimese antikeha
tuvastamiseks jarjestikulisel
kaksikvarvimisel
Teine Protokoll teise antikeha
tuvastamiseks jarjestikulisel
kaksikvarvimisel
IHK varvimine Paralleelne Protokoll antikehakokteili

Paralleelne
kaksikvarvimine

kaksikvarvimine

tuvastamiseks paralleelses
kaksikvarvimises

ISH tuvastamine Uhekordne Protokoll Gihe proovi

. L tuvastamiseks lihekordse

Uhekordne varvimine ja L

N varvimise puhul

jarjestikune

kaksikvarvimine Esimene Protokoll esimese proovi
tuvastamiseks jarjestikusel
kaksikvarvimisel

Teine Protokoll teise proovi

tuvastamiseks jarjestikusel
kaksikvarvimisel

ISH tuvastamine Paralleelne Protokoll kokteilimarkerite

Paralleelne
kaksikvarvimine

kaksikvarvimine

tuvastamiseks paralleelses
kaksikvéarvimises (praegu selles
kategoorias ei ole protokolle)

Eelnev varvimine

BOND-III ja BOND-
MAX

Ettevalmistus Ei kohaldata Deparafineerige voi kuumutage
objektiklaasi (koe kleepumiseks),
seejarel deparafineerige kude

Kuum-eeltootlus Ei kohaldata Epitoobi kattesaadavaks tegemine
kuumuse abil

Ensiiim-eeltootlus Ei kohaldata Epitoobi kattesaadavaks tegemine
enstimide abil

ISH denaturatsioon Ei kohaldata DNAISH
denaturatsiooniprotokollid

ISH hiibridiseerimine Ei kohaldata ISH hiibridisatsiooniprotokollid
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7.1.2  Protokolli jarjestused

Tavaliselt rakendatakse igale objektiklaasile eri tiilipi protokollide jarjestus. See on koe-, markeri- ja lldiste
laboriprotseduuride ettevalmistamise, epitoobi kattesaadavaks tegemise, denatureerimise,
hiibridiseerimise ja varvimise protokollide valik. Neid jarjestusi saab maarata igale objektiklaasile eraldi
objektiklaasi loomise ajal (vt jaotist 6.5.2 - Objektiklaasi loomine), kuid BOND-i tarkvara voimaldab
madrata vaikeprotokolle objektiklaasi loomise kiirendamiseks, kui spetsiaalsed protokollid pole vajalikud:

« vaike-ettevalmistusprotokoll (nt *Dewax) maéaratakse haldus-klientrakenduses kogu BOND-i
siisteemile (vt jaotist 10.5.2 - Juhu ja objektiklaasi satted);

« koigi teiste protokollitiitipide vaikesatted méaaratakse igale markerile kuval Reagent Setup
(Reaktiivi seadistamine) (vt jaotist 8.2.1 - Reaktiivi lisamine v&i redigeerimine).

Maarake sobivad vaikeprotokollid nii, et liksikute objektiklaaside ettevalmistamise aeg oleks minimaalne.
Saate vajaduse korral muuta objektiklaaside loomisel iiksikute objektiklaaside protokolle.

Jarjestikuste protokollide kaivitamise jarjekord maaratakse automaatselt BOND-i tarkvara poolt ja see
kuvatakse allolevas tabelis. Proovi jaotamist ja eemaldamist ei hdlma Ukski protokoll — see juhtub samuti
automaatselt.

Jérjekord Protokoll (voi proov) IHK voi Kommentaar
ISH
1 Ettevalmistus Molemad | Vaha valikuline seadmes eemaldamine
keemiaks ettevalmistamisel.
2 HIER Mélemad | Enamiku objektiklaaside puhul

kasutatakse kas protokolli HIER voi EIER

(kuumuse abil epitoobi - teatud juhtudel mdlemat voi mitte

kattesaadavaks tegemine)

kumbagi.
3 EIER Molemad
(enstilimide abil epitoobi
kattesaadavaks tegemine)

4 Proovi pealekandmine ISH Ei ole kasutaja poolt valitud, BOND
sisaldab siin automaatselt sobivat
protokolli.

5 Denaturatsioon ISH DNA-proovide denaturatsiooni protokoll.

DNA-proovide puhul tuleb alati kasutada
denaturatsiooni.

6 Hubridisatsioon ISH ISH ndutud hiibridisatsiooniprotokoll.

7 Proovi eemaldamine ISH Ei ole kasutaja poolt valitud, BOND
sisaldab siin automaatselt sobivat
protokolli.

8 Varvimine Médlemad | Kromogeeni ja seotud reaktiivide

pealekandmiseks ndutav protokoll.
Selles protokollis véljastatakse IHK
primaarsed reaktiivid.
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Protokollijarjestuste jaoks valitud protokollid vdivad olla eelnevalt maaratletud vdi saate luua kohandatud
protokolle ja valida need (vt jaotist Peatiikk 7.3 - Uute protokollide loomine).
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7.1.2.1 Jarjestikuse kaksikvarvingu protokollid ja protokolli jarjestused

Jarjestikused kaksikvarvingud kéivitavad pohimdtteliselt kaks (ihe varviga protokollijarjestust liksteise
jarel. Need vdivad olla kaks IHK jarjestust, kaks ISH jarjestust vai iks neist kummastki jarjestusest.
Tavaliselt, kuid mitte kdigil juhtudel, kasutab esimene marker DAB-kromogeeniga BOND-i siisteemi
Polymer Refine Detection ja teine marker kasutab Fast Redi kromogeeniga BOND-i siisteemi Polymer
Refine Red Detection.

Sageli vdib mdne teist markerit rakendava jarjestuse protokolli vahele jatta voi seda tuleks muuta.
Esimese ja teise markeri varvimisprotokollide etappe tuleb tavaliselt samuti muuta (protokollid vajavad
tingimata moningaid muudatusi, et méarata sobiv varvimismeetod — vt jaotist 7.1.1 - Varvimismeetodid).
Allpool on toodud mdned soovitused jarjestikuse kaksikvarvingu protokolli voi protokollijarjestuse
muutmise kohta. Tulemuste kontrollimiseks peate kdigil juhtudel tegema oma testid.

« Ettevalmistusprotokolle saab kasutada ainult esimese markeri jarjestuses — BOND-i tarkvara ei
luba teise markeri jaoks ettevalmistusprotokolli valimist.

« Sageli on epitoobi kdttesaadavaks muutmine vajalik enne esimese markeri rakendamist ainult ks
kord. Kui teise markeri jaoks on vajalik tdiendav kattesaadavaks muutmine, vdib liihem kestus olla
piisav.

« Hiibridisatsiooni tuleb kasutada mélema markeri puhul ISH kaksikvarvingus, kuid vaiksem kestus
kui Uiksiku varvingu puhul v&ib olla teise markeri jaoks piisav.

« Kaksikvarvingul kahe DNA-prooviga on sageli vajalik denaturatsioon ainult tiks kord enne esimese
markeri rakendamist. Kui teise markeri jaoks on vaja tdiendavat denaturatsiooni, on tavaliselt vaja
l[ihemat kestust.

« Varvimisprotokollide puhul saavutatakse parimad tulemused tavaliselt siis, kui hematoksiiliini
segment eemaldatakse esimese protokolli I6pust ja peroksiidi ploki segment (kui see on olemas)
eemaldatakse teise protokolli algusest.
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7.2  Kuva Protocol Setup (Protokolli

seadistamine)

Protokollidega t66tamiseks klopsake funktsiooniribal Protocol setup (Protokolli seadistamine) ikooni

Protacol sctup

Frotocol setup

HE Protaesl F

HE Protosn G

IHE Frotoeal F (15
Hagative F

“FISH Pasloca A
“15H Frotoesl &
15H Freteesd B

FEH Protossl ABDS

Pretced group:

K atainirg

IHE ptainrg

HE siaining

THEC siaining

THE siaining

KL staiing

K ataiirg

IHE staining

IHE staining

H deection
H dulictios

H dutuetian

H detection

H detection

Froimeal tpe:

Siorel Priymaer Biien 4L proscet

o Fulymver R Fied IHE proiocol

ChvomaPia 1 Dusl 1K protoecd

1 Dl IHG prstocel

Biard Putymer Dufine B protmesl
Biard Prtymer Rede B1G promest
Bard Pulymer Fine BIC promeosl
FI5H Sysiam proiccl - 30 Tast

Bord Pulysser Rafiog RNA 1584 protoc

H detection  FIGH Sy

Bard Pulymer Fiine DHA 15 protocol

Sinng sians Prstocol ongin

SR 3

Leicn e
Leitn -1

Leica 10-ige-11

Frefemsd snus

LI S S N O T R T O S I S S S

T A

joonis 7-1: Kuva Protocol setup (Protokolli seadistamine)

Kuval Protocol setup (Protokolli seadistamine) on tabel, mis loetleb k&ik protokollid koos p&hiandmetega.

Eelmaératletud protokollidel on oma nime ja liihendi esimeseks margiks tarn (*).

Saate valida sellest tabelist protokolli sellisteks toiminguteks nagu kopeerimine, redigeerimine ja aruande

koostamine. Nendele toimingutele padseb juurde tabeli kohal v6i paremkldpsuga avanevas meniiis

olevate nuppude kaudu.

Tabeli all olevad filtrid vdimaldavad mé&arata kuvatava protokolli tiiiibi. Saate valida varvimis- ja
eelvarvimisprotokollide vahel ning seda konkreetse protokollitiitibi kuvamiseks tdpsustada (vt

7.1 - Protokollitlitibid). Lisaks saate varvimismeetodit, protokolli lahtekohta ja eelistatud olekut filtreerida.
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Uuringuplaani loendis olevat teavet on kirjeldatud allpool.

Pealkiri Kirjeldus Valikud
Protokolli nimi Uuringuplaani taisnimi Eelmé&aratletud (Leica Biosystems)
protokollid algavad alati tarniga (*)
Protokolli tidp Kirjeldab protokolli funktsiooni Vit jaotist 7.1 - Protokollittitibid
Kirjeldus Kirjeldab protokolli funktsiooni ja
rakendust
Muutja Identifitseerib, kes protokolli 16i vdi | Leica tahistab eelmaaratletud Leica
kes seda viimati muutis Biosystems-i protokolli

Muutmiskuupédev | Protokolli loomise vdi viimase
muutmise kuupaev

Eelistatud Kuvab protokolli eelistatud oleku Margitud - see on eelistatud protokoll,
mida saab dialoogiaknas Add slide
(Objektiklaasi lisamine) valida

Pole margitud — see ei ole eelistatud
protokoll ja seda ei saa dialoogiaknas
Add slide (Objektiklaasi lisamine)
valida
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7.2.1 Protokolli andmed

Kuval Protocol setup (Protokolli seadistamine) loetletud protokolli avamiseks vaatamiseks voi
redigeerimiseks topeltklopsake seda (voi tdstke see esile, seejarel kidpsake nuppu Open (Ava). Tarkvara
kuvab dialoogi Edit Protocol properties (Protokolli atribuutide redigeerimine) koos protokolli andmetega.

Eelmaaratletud Leica Biosystems-i protokollide puhul on redigeeritav ainult eelistatud sate, kuid
kasutajaprotokollide puhul saab redigeerida ka muid satteid.
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joonis 7-2: Kasutajaprotokolli dialoogiaken Edit protocol properties (Protokolli atribuutide redigeerimine)

Dialoogiaknas kuvatakse vahekaart iga t66tlusmooduli tiitibi kohta (BOND ja BOND-MAX), mis on podi
jaoks tellitud (v6i mdlemad vahekaardid, kui Gihtegi pole tellitud).

Uue protokolli loomisel v&i kasutajaprotokolli redigeerimisel kuvatakse ka nupp Import protocol (Impordi
protokoll). Vt tdpsemalt jaotisest 7.4.4 - Mitme seadme tiilibid ja protokolliversioonid.

Valige tabeli all olev kdsk Show wash steps (Kuva pesutsiikli etapid), et vaadata k&iki protokolli etappe
(sh pesutstikli etapid). Pesuetappide peitmiseks tiihistage valik.

Dialoogiaknas Edit Protocol properties (Protokolli atribuutide redigeerimine) kuvatakse jargmine
protokolli teave.

Nimi Protokolli taisnimi.

Lihendatud nimi Protokolli lihendatud nimi, mida kasutatakse naiteks objektiklaasi
etikettidel.

Kirjeldus Protokolli lihikirjeldus.

Varvimisreziim (Vt allpool)

Protokolli tdp Tllp naitab protokolli funktsiooni ning maarab lubatud etapid ja
reaktiivid.
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Eelistatud Selle protokolli jaoks eelistatud tuvastussiisteem.
tuvastussisteem See ei kehti eelvarvimise protokollide kohta.

Selles dialoogiaknas protokolli teabe all olev tabel loetleb kéik protokolli etapid ja nende atribuudid (vt
jaotist joonis 7-2). Kasutajaprotokollide muudetavaid etappe redigeeritakse selles tabelis (vt jaotist
7.4 - Kasutajaprotokollide redigeerimine).

Tabelis on toodud jargmised andmed.

Uksus Kirjeldus
Etapp nr Protokolli etappide labimise jarjekord.
Pesemine Margitud, kas etapp on pesuetapp.
Reaktiiv Selles etapis kasutatud reaktiiv.
Tarnija Reaktiivi tarnija. Seda ei saa redigeerida.
Umbritsev Margitud, kui etapp toimub Umbritseva keskkonna temperatuuril.
Temperatuur Valitud objektiklaasi temperatuur, kui see ei ole iimbritsev (ainult eelvarvimise
protokollid).
Ink. (min) Reaktiivi objektiklaasile jatmise minimaalne aeg.

7.2.1.1 Varvimismeetod

Varvimisprotokollid sisaldavad varvimismeetodi jaotist. Uksikvarvingu ja jarjestikuse kaksikvarvingu
protokollidel on jargmised valikud.

« Single (Uksik) — protokoll iiksikvarvingu jaoks

« First (Esimene) — jarjestikuse kaksikvarvingu esimene protokoll

« Second (Teine) - jarjestikuse kaksikvéarvingu teine protokoll

Paralleelse kaksikvarvingu protokollidel on ainult iiks varvimismeetodi valik: Parallel DS (Paralleelne
kaksikvarving).

Lisateavet varvimismeetodite kohta vt jaotisest 7.1.1 - Varvimismeetodid.

7.2.1.2 Eelistatud olek

Dialoogiaknas Add slide (Objektiklaasi valimine) saab valida ainult eelistatud protokolle, seega tuleks
protokollid, mida kavatsete kasutada, muuta eelistatuks. Selleks valige markeruut Preferred (Eelistatud) -
tlihjendage markeruut, kui soovite seada valikuks mitte eelistatud.
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7.3  Uute protokollide loomine

Saate luua uusi protokolle, kopeerides olemasoleva kasutaja vdi Leica Biosystems-i protokollid. Kui
kopeerite protokolli, jaab protokolli tiilip fikseerituks ja seda ei saa hiljem muuta. Seega, kui soovite luua
uue IHK protokolli, peate kopeerima olemasoleva IHK protokolli; HIER-protokolli jaoks kopeerima
olemasoleva HIER-protokolli jne.

Protokolli kopeerimiseks valige see loendist kuval Protocol setup (Protokolli seadistamine) ja kldpsake
seejérel nuppu Copy (Kopeeri). Valitud protokolli koopia kuvatakse niilid dialoogiaknas New Protocol
properties (Uue protokolli omadused), mis on redigeerimiseks valmis.

Uus protokoll nduab kordumatut nime ja lihendatud nime, mis peab vastama kdoigile reeglitele, mis on
toodud jaotises 7.4.3 - Protokolli reeglid. Te ei pea muutma muud uue protokolli osa peale protokolli nime
ja lihendatud nime muutmise. Loomulikult saate muuta protokolli mis tahes aspekti, nagu on kirjeldatud
jaotises 7.4 - Kasutajaprotokollide redigeerimine.

Pérast redigeerimist kiopsake Save (Salvesta). Kui protokoll on reeglitega kooskélas, palutakse teil
kinnitada, et loote protokolli omal vastutusel. See teade on meeldetuletus, et Leica Biosystems ei suuda
prognoosida iihegi kasutaja loodud voi redigeeritud protokolli tulemuste kvaliteeti. Kui kinnitate, et soovite
jatkata, salvestatakse protokolli muudatused.
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7.4  Kasutajaprotokollide redigeerimine

Saate redigeerida kasutajaprotokolle (kuid mitte Leica Biosystems-iprotokolle), kasutades dialoogiakent
Edit protocol properties (Redigeeri protokolli atribuute). Protokolli redigeerimiseks valige see loendist
kuval Protocol setup (Protokolli seadistamine), seejérel kiopsake kdsku Open (Ava) (voi topeltklGpsake
protokolli). Teise véimalusena konfigureerige uus protokoll, kopeerides sama tiilipi olemasoleva
protokolli ja redigeerides seda (vt 7.3 - Uute protokollide loomine).

Varvimisprotokollides saab reaktiivi etappe lisada ja eemaldada ning lisada uusi reaktiive ja
inkubatsiooniaegu. Tdiendavaid pesetappe saab lisada v6i eemaldada.

Eelvarvimisprotokollide etappide arvu ei saa muuta, kuid mone etapi temperatuure ja inkubatsiooniaegu
saab. Lubatud muudatuste loendit vt 7.4.3 - Protokolli reeglid.

Kuna uue reaktiivi jaotusele peavad jargnema pesuetapid, lisab uue reaktiivi sisestamine
varvimisprotokolli automaatselt protokollildigu, mis sisaldab reaktiivietappi ja kolme pesuetappi.

Protokolli redigeerimisel on muudetud v&i uutel etappidel, millel on kogu vajalik teave, vasakul poolel
roheline riba. Lisateavet vajavatel sammudel on punane riba.

Redigeerimise ajal saate vaadata kdiki protokollietappe voi peita pesuetappe, kasutades tabeli all olevat
valikunuppu Show wash steps (Kuva pesuetapid).

Enamiku protokollietappide puhul méaarake inkubatsiooniaeg alla 30 minuti. Pikem aeg v6ib pdhjustada
koe kuivamist. Kui vajatakse pikemat inkubatsiooniaega, dubleerige etappi iiks vdi mitu korda ja jagage
ndutav ajavahemik etappide vahel. Uks erand on ISH hiibridisatsioonietapid, mis on alati pikemad kui 30
minutit ja mida ei tohi kunagi lihemateks etappideks jagada.

Protokolli loomise ja salvestamise vdimalus ei tdhenda, et see sobib ettendhtud lilesande jaoks. Olete
vastutav ise loodud vdi redigeeritud kasutajaprotokollide testimise ja valideerimise eest.

o 7.4.1 - Protokolli etappide redigeerimine

o 7.4.2 - Protokolli etappide lisamine ja eemaldamine
o 7.4.3 - Protokolli reeglid

o 7.4.4 - Mitme seadme tiitibid ja protokolliversioonid
o 7.4.5-Protokollide kustutamine

7.4.1 Protokolli etappide redigeerimine

Jérgige alltoodud juhiseid, et konfigureerida uus protokoll dialoogiaknas New protocol properties (Uue
protokolli atribuudid) v&i redigeerida olemasolevat protokolli dialoogiaknas Edit protocol properties
(Redigeeri protokolli atribuute). Vit jaotist 7.4.3 - Protokolli reeglid, et veenduda, et looksite kehtiva
protokolli.

Iga kord, kui protokolli salvestate, salvestatakse sellest koopia siisteemi. Protokolli aruande loomisel
peate valima neist (ihe (vt jaotist 7.5 - Protokolliaruanded). Mitme protokolliversiooni kasutamise
valtimiseks salvestage protokolle ainult siis, kui olete konfigureerimise I6petanud.
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a s

Uute protokollide puhul sisestage protokolli nimi ja lihendatud nimi.

Sisestage soovi korral protokolli kirjeldus.

Ma&érab varvimisprotokollide varvimismeetodi (vt 7.1.1 - Varvimismeetodid).

Maérake protokollile olek Preferred (Eelistatud) (vt jaotist 7.2.1.2 - Eelistatud olek).
Varvimisprotokollide puhul valige protokolliga kasutatav tuvastussiisteem ripploendist Preferred

detection system (Eelistatud tuvastussiisteem).

6. Lisage vGi eemaldage protokolli etapid (vt jaotist 7.4.2 - Protokolli etappide lisamine ja
eemaldamine), kuni teil on protokolli jaoks vajalik arv etappe.

1. Muutke redigeeritavaid parameetreid uutes ja olemasolevates protokollietappides, topeltkldpsates
parameetrit, mida soovite muuta.

7.4.2

Valige ripploendist reaktiiv.

Markus. Valige *MARKER, et ndidata etappi, kus IHK protokollides kasutatakse primaarset
antikeha. Pesuetappides saab kasutada ainult pesulahust *BOND Wash Solution voi
*deioniseeritud vett.

Maérake inkubatsiooniaeg minutites ja sekundites (mm:ss). See on minimaalne aeg, millal
objektiklaas enne jargmist etappi on kohal. Inkubatsiooniaja piiranguid vt etapist 9 jaotises
7.4.3 - Protokolli reeglid.

Uldiselt soovitab Leica Biosystems reaktiivi pealekandmise etappide puhul
inkubatsiooniaegu mitte dle 30 minuti. Kui on vaja pikemat kestust, looge sama reaktiivi
jaotuseks duplikaatetapid (vt 7.4.2.2 - Reaktiivide duplikaatetapid).

Valige temperatuur (md&ne etapi puhul varvimisprotokollide eeltditmisel):

Kui soovite seada temperatuuri, mis ei ole imbritsev, eemaldage esmalt marge parameetri
Ambient (Umbritsev) vaartuselt. Seejérel valige tiihi parameeter Temperature (Temperatuur)
ja sisestage temperatuur Celsiuse kraadides tdisarvuna.

Kui soovite muuta temperatuuri imbritsevaks, valige ja markige parameeter Ambient
(Umbritsev).

Lubatud temperatuurivahemikke vt etapist 8 jaotises 7.4.3 - Protokolli reeglid.

Muudetud parameetrite kinnitamiseks kldpsake mis tahes muud etappi.

Protokolli etappide lisamine ja eemaldamine

Kasutaja IHk ja ISH protokollide etappe saate lisada ja eemaldada, kuid mitte varvimisprotokollide korral.
Lisage vdi eemaldage etapid nuppude abil protokollietappide tabeli all. Nupud on kontekstitundlikud ning
nende saadavus ja funktsioonid erinevad sdltuvalt valitud etapist.

Uksikasjalikke juhiseid vt jargmistest jaotistest.

o 7.4.2.1 - Reaktiivisegmendid
o 7.4.2.2 - Reaktiivide duplikaatetapid
o 7.4.2.3 - Pesuetapid
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7.4.2.1 Reaktiivisegmendid

Uue reaktiivisegmendi lisamiseks (reaktiivi etapp ja kolm kohustuslikku pesemist) tehke jargmist.
1. Valige reaktiiv ja kldpsake kasku Insert Segment (Sisesta segment). Uus segment sisestatakse
selle reaktiivi kohale.

6 Kui valite viimase reaktiivi, vOite uue segmendi reaktiivi alla sisestada.

Loendis kuvatakse uus segment (reaktiivi ja pesuetappidega). Pesuetappidel on rohelised ribad,
mis tahistavad salvestatud protokolli muudatust. Reaktiivi etapil on punane riba, mis naitab, et
peate etapi jaoks reaktiivi valima.

2. Topeltklopsake tiihja parameetrit Reagent (Reaktiiv) ja valige ripploendist vajalik reaktiiv.
Redigeerige uue reaktiivi teisi parameetreid ja vajaduse korral pesuetappe.

Segmendi eemaldamiseks valige reaktiiv ja klopsake kdsku Delete Segment (Kustuta segment).
Duplikaatreaktiiviga segmendi kustutamiseks kustutage esmalt duplitseerimine.

7.4.2.2 Reaktiivide duplikaatetapid
Duplikaatetapp on etapp, kus kaks vdi enam identset reaktiivi jargnevad Uksteisele ilma vahepealsete
pesemisetappideta.

1. Valige etapiloendist reaktiivi etapp duplitseerimiseks.
2. Klopsake Duplicate (Duplitseeri).
3. Uus identsete parameetritega etapp lisatakse praeguse etapi kohale.
Uuel etapil on roheline riba, mis tahistab salvestatud protokolli muudatust.

4. Vajaduse korral redigeerige uue etapi inkubatsiooniaega.

6 Kui muudate duplikaatetapi reaktiivi tiiipi, tuleb muuta ka kdiki muid reaktiivi etappe -
duplikaatetapid peavad kasutama sama reaktiivi.

Duplikaatetapi kustutamiseks valige see ja klopsake Delete duplicate (Kustuta duplikaat).

7.4.2.3 Pesuetapid

6 Pesuetappide lisamine voib muuta objektiklaasidel vedeliku omadusi ja pohjustada puudulikku varvimist.
Enne diagnostilist kasutamist valideerige alati uued voi redigeeritud protokollid.

Peate tagama, et deioniseeritud veega pesemise etapp oleks paigutatud enne ja parast
kromogeenietappi.

<

6 Kui te pesuetappe ei née, valige etappide loendi piirkonna all olev valikunupp Show wash steps (Kuva
pesuetapid).

Taiendava pesuetapi sisestamiseks tehke jargmist.

1. Valige etapiloendist olemasolev pesuetapp (ISH ja IHK protokollid).
2. Kldpsake Insert wash (Sisesta pesu).
Nii ISH kui ka IHK protokollidele lisatakse praeguse pesujarjestuse |0pus uus pesuetapp.
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Uuel pesuetapil on roheline riba, mis tahistab salvestatud protokolli muudatust.
3. Muutke vajaduse korral pesuetapi parameetreid etapiloendis.
Pesuetapi kustutamiseks valige see ja klopsake kédsku Delete wash (Kustuta pesu). Nii ISH kui ka IHK

protokollide puhul saate eemaldada ainult pesuetapid, mis vastavad pesujarjestuses kolmele
kohustuslikule toimingule.

7.4.2.4 Ettevalmistusetapid

6 Véite lisada ja eemaldada (kuid mitte redigeerida) deparafineerimise ja alkoholietappe
ettevalmistusprotokollides, arvestades teatud reegleid.

Tédiendava deparafineerimisetapi sisestamiseks tehke jargmist.

1. Valige etappide loendist olemasolev deparafineerimise etapp.
2. Kldpsake Insert reaktiiv (Sisesta reaktiiv).
Valitud deparafineerimise etapi kohale lisatakse uus deparafineerimise etapp.

Deparafineerimise etapi kustutamiseks valige see ja klopsake kasku Delete step (Kustuta etapp).

6 Kustutataval deparafineerimise etapil peab olema mitte-imbritseva temperatuuri sdate. Samuti peab
protokollil olema praegu rohkem kui kolm deparafineerimise etappi.

Taiendava alkoholietapi sisestamiseks tehke jargmist.

1. Valige etappide loendist olemasolev alkoholietapp.
2. Kldpsake Insert wash (Sisesta pesu).
Valitud alkoholietapi kohale lisatakse uus alkoholietapp.

Alkoholietapi kustutamiseks valige see ja kiopsake kdsku Delete step (Kustuta etapp).

6 Protokollil olema praegu rohkem kui kolm alkoholietappi.

7.4.3  Protokolli reeglid

Iga teie loodud voi redigeeritud protokoll peab enne salvestamist vastama teatud pohireeglitele. Pange
tahele, et need reeglid ei garanteeri, et protokoll annab kasutamisel vastuvdetavaid tulemusi.

1. Protokolli nimi peab:

i. olema kordumaty;
ii. algama muu margiga kui tiihik voi tarn.

2. Protokolli [ihendatud nimi peab:
i. olema kordumaty;
ii. algama muu margiga kui tihik voi tarn;
iii. sisaldama kuni 8 tdhemarki.

3. Koik IHK protokollid peavad sisaldama vahemalt Giht markerietappi.

4. Koik varvimisprotokollid peavad sisaldama vahemalt (ihte reaktiivi Leica Biosystems-i
tuvastussusteemist.

5. Reaktiivi etappidele peab jargima kas kolm pesuetappi (vdhemalt) voi sama reaktiiv.
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6. Varvimisprotokollide korral peavad viimased kolm etappi olema pesuetapid.
7. IHK varvimisprotokollide puhul peab iga etapp olema iimbritseval temperatuuril.

8. Varvimisprotokollide korral peavad kuumutatud etapi temperatuurid jadma jargmises tabelis
toodud vahemikku.

Protokolli etapp Temperatuurivahemik (°C)
Kuumutus ja deparafineerimine, 35-72
kuumutusetapp
Kuumusega eeltdotlus 35-100
Ensliim-eeltd6tlus 35-100
Denaturatsioon 70-100
Hibridisatsioon 37-65

9. Etapi inkubatsiooniajad, mis tuleb mé&arata minutites ja sekundites (mm:ss), peavad jadma
jargmises tabelis toodud vahemikesse. Vahemikke ei rakendata:

Protokolli etapp Inkubatsioonivahemik (minutites)
Kuumutus ja deparafineerimine, 0-60
kuumutusetapp
Kuumuse eelto6tlus (imbritseva temperatuuri | 0-15
etapid)
Kuumuse eelto6tlus (kuumutuse etapid) 5-60
Ensiilim-eeltootlus (1. etapp) 0
Ensiilim-eeltootlus (enstitimi etapid) 0-15
Denaturatsioon 5-20
Hibridisatsioon 20-950
Varvimisprotokollid, reaktiivi etapid 0-60
Varvimisprotokollid, pesuetapid 0-55

Uldiselt viltige reaktiivi pealekandmise etappide puhul inkubatsiooniaegu iile 30 minuti. Kui on vaja
pikemat kestust, looge sama reaktiivi jaotuseks duplikaatetapid (vt jaotist 7.4.2.2 - Reaktiivide
duplikaatetapid).

10.Iga etapp peab olema taielikult maaratletud reaktiivi, inkubatsiooniaja ja (kui see on kohaldatav)
temperatuuriga.

11. Uksiku ja jarjestikuse kaksikvarvingu protokollidel v&ib olla ainult iiks segatud reaktiiv (nt segatud
DAB) protokolli kohta, mida kasutatakse maksimaalselt protokolli kahes etapis. (Seega voib
jarjestikuse kaksikvarvingu protseduuril olla kaks segatud reaktiivi — liks igas protokollis — ja kuni
neli etappi - igas protokollis kaks.)

Paralleelse kaksikvarvingu protokollid vbivad sisaldada kahte segatud reaktiivi ja igat segatud
reaktiivi voib protokollis kasutada kuni kaks korda.

12.K&ik varvimisprotokolli segareaktiivi(de) valmistamiseks vajalikud komponendid tuleb hankida
protokolli eelistatud komplektist.
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7.4.4  Mitme seadme tilbid ja protokolliversioonid

Siisteemidele BOND t66tlusmoodulitega BOND-III ja BOND-MAX vdib igal protokollil olla kahe
seadmetiilibi jaoks eraldi versioonid. Sama protokolli erinevad versioonid sisaldavad riistvaraerinevusi,
nagu seadmete BOND-III kiirem jahutamine (protokollietapid, kus objektiklaase jahutatakse, on tavaliselt
BOND-lII-i protokolliversioonides liihemad kui BOND-MAX-i versioonide vastavates etappides). Moned
protokolliversioonide erinevused pole tarkvaras kuvatavas etappide loendis nahtavad, nt BOND-III-i
protokolliversioonid sisaldavad varjatud juhiseid kanistrirobotitele, mida BOND-MAX-i seadmetel ei ole.

Koigil BOND-i siisteemidel on kdigi eelmaaratletud protokollide BOND-IIl ja BOND-MAX versioonid. Kui
slisteemi lisatakse uut tlilipi seade, peate looma uue seadmetiiibi jaoks olemasolevate kasutaja
maaratud protokollide versioonid. Selleks kopeerige (importige) sobiv versioon teisest protokollist ja
redigeerige seda (vt allpool).
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7.4.4.1 Protokolli versiooni importimine

Uue seadmetiiiibi protokolliversiooni loomiseks jargige alltoodud juhiseid. Seda meetodit saab kasutada
ka olemasolevate protokolliversioonide ilekirjutamiseks, kuid seda ei tohiks tavaliselt parast algset
konfigureerimist vaja minna.

1. Valige kuval Protocol setup (Protokolli seadistamine) kasutaja protokoll, mille jaoks soovite luua
uue versiooni. KIdpsake Open (Ava).
Avaneb dialoogiaken Edit protocol properties (Protokolli atribuutide redigeerimine).

2. Klopsake Import protocol (Impordi protokoll).
Avaneb dialoogiaken Import protocol (Protokolli importimine).

3. Valige ripploendist Processing modules (To6tlemismoodulid) uus seadmetiiiip.
Dialoogiaknas kuvatavate protokollide loendit uuendatakse nii, et see kuvaks ainult
protokolliversioone valitud seadmetiiiibi jaoks.

4. Voimalus on ka valida voi tiihistada valik Preferred (Eelistatud), et kuvada ainult eelistatud voi kik
protokollid.

5. Valige loendist kopeeritav protokoll ja kldpsake kdsku Import (Impordi).
Et konfigureerimine oleks lihtsam, valige véimalikult sarnane protokoll sellele, mille jaoks uut
versiooni loote. Naiteks valige protokoll, mis kasutab sama tuvastussiisteemi ja kui véimalik, millel
on sama arv etappe.

Dialoogiaken Import protocol (Protokolli importimine) sulgub. Vahekaart dialoogiaknas Edit
Protocol properties (Protokolli atribuutide redigeerimine) uue seadmetiiiibi jaoks on niiiid taidetud
imporditud protokolliversiooniga.

ﬁ Varskendatakse ainult valitud seadmetiiiibi vahekaarti.

6. Redigeerige uut protokolliversiooni, et see toimiks olemasoleva protokolliversiooniga vordvaarselt
(vtjaotist 7.4.1 - Protokolli etappide redigeerimine). To6tlusmooduli vahekaartide vahel saate
kldpsata andmeid kaotamata.

7. Klopsake Save (Salvesta).

t’ Kasutaja vastutab selle eest, et protokollid tagavad mdlema t66tlusmooduli tiilibi jaoks
samavaarse varvimise.

7.4.5 Protokollide kustutamine

Kasutajaprotokolli kustutamiseks valige see loendist kuval Protocol setup (Protokolli seadistamine) ja
kldopsake nuppu Delete (Kustuta).

Eelmaératletud Leica Biosystemsi protokolle (algavad tarniga) ei saa kustutada. Voite need siiski peita —
avage protokollid ja tiihistage valik Preferred (Eelistatud), seejarel seadke kuval Protocol setup (Protokolli
seadistamine) filtri Preferred status (Eelistatud olek) vaartuseks Preferred (Eelistatud).
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7.5 Protokolliaruanded

Protokolliaruannetes kuvatakse valitud protokollide etapiandmed. Aruande loomiseks valige protokoll
loendist kuval Protocol setup (Protokolli seadistamine) ja seejérel kldpsake nuppu Report (Aruanne). Kui
stisteemis on nii BOND-MAX kui ka BOND-IIl seadmeid, valige soovitud protokolliversiooni jaoks
to6tlusmooduli tiilip ja seejarel kidpsake kdsku Generate report (Genereeri aruanne). Saate valida
protokolli praeguse v&i varasema versiooni. Kui olete I6petanud, klopsake kdsku Generate report (Loo
aruanne).

Aruanne genereeritakse ja kuvatakse uues aknas. Aruande iilemine parempoolne osa kuvab teavet
jargmises tabelis.

vali Kirjeldus
Taisnimi Uuringuplaani taisnimi.
ID Uuringuplaani kordumatu identifitseerimisnumber.
Tidp Protokolli tiitip (vt 7.1 - Protokollitlitibid).
Koostaja Kuvatud versiooni loonud inimese kasutajanimi.
Loomise aeg Eelmaaratletud protokollide puhul on kuupéev ja kellaaeg, millal protokoll

imporditi andmebaasi andmevéarskenduses. Kasutaja maaratletud
protokollide puhul loomise kuupaev ja kellaaeg.

Asutus Asutuse nimi, mis on sisestatud haldus-klientrakenduse kuval Laboratory
Settings (Laborisatted) (vt 10.5.1 - Laborisatted).

Varvimise olek Rollid, millele protokoll sobib seoses kaksik- v&i (iksikvarvinguga (vt
7.2.1.1 - Varvimismeetod).

Aruande p&hiosa kuvab iga etapi kohta jargmist teavet.

« Reaktiiv ja tarnija

« Etapi tiilip (reaktiiv voi pesu)

« Inkubatsiooniaeg

« Temperatuur

» Jaotuse tiilip (kirjeldab katteplaadi Covertile asukohta ja jaotusmahtu - seda vdib nduda
hooldust6otaja)

Lisateavet aruandeakna ja printimissuvandite kohta vt jaotisest 3.7 - Aruanded.

BOND 6.0 kasutusjuhend (mitte USA ja Hiina jaoks) Vers. AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 155



7. Protokollid (BOND-i kontrolleril)

7.6 Eelmaaratletud protokollid

Jargmistes jaotistes kirjeldatakse eelmaaratletud protokolle, mis tarnitakse tarkvara BOND osana.

Loetletud protokollid vdivad muutuda, kui neid varskendatakse enne jargmist tarkvara véljalaset.
Alltoodud loend on avaldamise ajal ajakohane.

e 7.6.1-Varvimisprotokollid
e 7.6.2-Protokollide eelvarvimine

7.6.1 Varvimisprotokollid

Iga varvimisprotokoll on ette nahtud konkreetse BOND-i tuvastussiisteemi kasutamiseks.

Uksikasjalikku teavet iga tuvastussiisteemi kohta leiate iga tootega kaasas olevast juhendist vdi Leica
Biosystems-i veebisaidilt www.LeicaBiosystems.com.

Protokollide redigeerimise funktsioone kasutades voite neid protokolle kasutada omaenda kohandatud
protokollide pdhiliste ehitusplokkidena (vt 7.3 - Uute protokollide loomine ja 7.4 - Kasutajaprotokollide
redigeerimine).

Mdned allpool loetletud protokollid on méeldud kasutamiseks koos tuvastussiisteemidega, mis ei pruugi
teie piirkonnas olla regulatsioonidega heakskiidetud. Neid protokolle teie tarkvaras ei kuvata.

7.6.1.1 IHC

Nimi Eelistatud Tuvastamissiisteemi markused
tuvastussiisteem
*IHC Protocol B | BOND Intense R Biotiini/streptavidiini siisteem, mis sobib
Detection uurimisrakendusteks, mille puhul on vajalik sekundaarse

antikeha avatud valik. See tagab peroksiidi ploki,
intensiivse DAB varvimise ja hematoksdliini
vastandvarvimise (sh siniseksvarvimise).

*IHC Protocol F | BOND Polymer BOND:-i slisteemis kasutamiseks optimeeritud kdrge
Refine Detection amplifikatsiooniga, biotiinivaba tuvastussiisteem. Annab
suure intensiivsusega varvimisel membraaniga seotud
antigeenide terava definitsiooni.

*IHC Protocol H | Siisteem Leica Taielik HER2 tuvastussiisteem, mis koosneb HER2
Bond™ Oracle™ esmasest antikehast ja HER2 negatiivsest kontrollist, mis
HER2 IHC on koost6os vaga tundliku kompaktse poliimeeripdhise

tuvastamissisteemiga.

Siisteem sisaldab HER?2 profiilipdhiseid

MARKUS. isal prof o
Saadavus séltub k?ntrollobjektlklaz.a"se.z, m|s voimaldavad vastuvarvimiseks
regulatiivsest taisautomaatset, jarjepidevat HER2

heakskiidust. immunohistokeemilist profiili.
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Nimi Eelistatud Tuvastamissiisteemi markused
tuvastussiisteem
*|HC Protocol J | BOND Polymer In vitro kasutamisel on vaga tundlik Compact Polymer-
Refine Red slisteem, mis tagab erepunase immunovarvimise
Detection leeliselises fosfataasis, samuti hematoksiiliini vastuvarvi

(sealhulgas sinakasvarv).

*|HC Protocol K

ChromoPlex™ 1
Dual Detection (100
test)

Kasutamiseks in vitro koega seotud hiire ja kiilikute IgG
primaarsete antikehade tuvastamiseks.

See on moéeldud formaliinis fikseeritud parafiini
sisestatud koe osade varvimiseks BOND-i stisteemis.

*|HC Protocol K
- 50 test

ChromoPlex™ 1
Dual Detection (50
test)

Kasutamiseks in vitro koega seotud hiire ja kilikute 1gG
primaarsete antikehade tuvastamiseks.

See on moéeldud formaliinis fikseeritud parafiini
sisestatud koe osade varvimiseks BOND-i stisteemis.

7.6.1.2 ISH

Nimi

Eelistatud
tuvastussiisteem

Tuvastamissiisteemi markused

*FISH Protocol
A

Siisteem Leica
HER2 FISH - 30 test

MARKUS.
Saadavus soltub
regulatiivsest
heakskiidust.

Taielik kahe prooviga slisteem LSI HER2/CEP17 FISH,
mis koosneb RTU LSI HER2/CEP17 kahe analiiiisiga
pesulahusest ja hiibridisatsioonijargsest pesulahusest 2.
Tuvastab HER2 geeni amplifikatsiooni FISH abil FFPE-i
inimrinnavahi koeproovides. Kasutamiseks in vitro
diagnostikas.

Markus. LSI ja CEP on ettevotte Abbott Molecular Inc.
kaubamargid. Koik digused on kaitstud. Kasutatakse litsentsi
alusel.

*|SH Protocol A

BOND Polymer
Refine Detection

BOND:-i slisteemis kasutamiseks optimeeritud kdrge
amplifikatsiooniga, biotiinivaba tuvastusstiisteem.
Tuvastab RNA anti-FITC linkeri abil.

*|SH Protocol B

BOND Polymer
Refine Detection

BOND-i slisteemis kasutamiseks optimeeritud kdrge
amplifikatsiooniga, biotiinivaba tuvastussiisteem.
Tuvastab DNA antibiotiini linkeri abil.
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7.6.2 Protokollide eelvarvimine

Protokolli tiiiip Protokolli nimi Markused

Ettevalmistus *Dewax Ettevalmistusprotokollid kasutavad BOND-i Dewax
Solutionit parafiinivaha eemaldamiseks, mida
kasutatakse koe lisamiseks ja proovi
rehiidreerimiseks.

*Bake and Dewax Enne deparafineerimist kude kuumutatakse, et
parandada selle kleepuvust objektiklaasi kiilge.
Lisateavet vt 14.2.3 - Deparafineerimine ja
kuumutamine

Kuumuse *HIER with ER1 or ER2 Epitoobi kattesaadavaks muutmine

eeltootlus kuumutamisega tekitab osadeks I6igatud koele
kuumutatud puhverlahuse, mis aitab muuta koe
struktuuri ja parandada varvimist. Saadaval on
mitmeid eelmaaratletud eelté6tlusprotokolle, mis
erinevad kasutatavast pikkuse ja temperatuuri

poolest.
Ensiim- *Enzyme 1 Saadaval on kaheksa enstiim-eelto6tluse
eeltdotlus protokolli.
*Enzyme 2
Need protokollid varieeruvad kasutatava ensiimi
*Enzyme 3 o S
ja inkubatsiooniaegade osas.
*Enzyme 5
ISH *Denaturation (10 min) On olemas (ks (10-minutiline) eelméaéaratletud ISH
denaturatsioon denaturatsiooni protokoll.
ISH *|SH Hybridization (2Hr) | On kaks eelm&aratletud ISH
hiibridiseerimine hibridisatsiooniprotokolli (2 tundi ja 12 tundi).

*|SH Hybridization (12Hr)
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8. Reaktiivide haldus
kontrolleril BOND)

Siisteem BOND peab arvestust kdikide slisteemis kasutatavate mittepohiaine reaktiivide kohta, jalgides

iga reaktiivikanistrit ja selle sisu. Samuti vdimaldab see objektiklaasipaneele seadistada maaratud, et juhu
loomist kiirendada.

Selles peatiikis on jargmised jaotised.

o 8.1 - Reaktiivihalduse llevaade

« 8.2 - Aken Reagent Setup (Reaktiivide seadistamine)
o 8.3 - Kuva Reaktiivide inventuur

o 8.4 -Kuva Reaktiivipaneelid
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8. Reaktiivide haldus (kontrolleril BOND)

8.1 Reaktiivihalduse ulevaade

Reaktiivide haldamine siisteemis BOND holmab konkreetse reaktiivi andmete seadistamist ja hooldamist,
koikide reaktiivipakendite (valja arvatud p&hiaine reaktiivide) varude haldamist ja markeritekomplektide
loomist, mida nimetatakse paneelideks, kasutamiseks objektiklaasi loomisel.

Reaktiivihalduse kuvade avamiseks nende toimingute ajal kldpsake funktsiooniribal ikooni Feagent setup
Reagent setup (Reaktiivi seadistamine). ﬂli

Kldpsake kuva lilemises vasakus nurgas olevaid vahekaarte, et avada soovitud kuva (Setup
(Seadistus), Inventory (Varud) voi Panels (Paneelid)).

Reagent setup

m

™ Y 7 ™ S
“C010 (5628 o1 Firiasy ar [ —— )
“CO1E [Caket) ‘Lo
O30 Ty am Primargarbbody  Leica
COE Ry Primargarthasy  Leica Mioayeisms
“EE0 [1612) oM Frimaryantbody  Lewa Momsysiems.

“TOS HET) w05 Frimary aribody  Lekca Meisysiems
“CO3E [EO3E4) €05 Primary artbsty L Mbticyilinna

“COT JLF5) “HEW® 07 Frimarpartbody Lo Wberosyalens
“Cytokmeatin 20 (a2 5) THH Primarparkbesy  Leca Msrseyulems
“Cytvdaeatin 31 FVET] R Prmargarthody  Leea Moiseyyiems
“Cytvknsabn T [RN7) L= Frmaranbbody  Leka Moieysems
*Esivogen Recasior P11} ‘ER Primary aribody  Lewca Mamsysienms

HRAP Frimar antbody  Lasa Wbt ies stinrs.

‘i Primary anthody  Lawca Mecrosysiers
*immraglkisuln [ [DRN1C) o Primarp arkbady  Lexa Mcrmayslems

“imemraghezun G (Patyciesl] g Primargarebesy  Lsics Mosayiems

R R R A A N N A S N S ST N

“Wedan A (4103 "Ml Frimarg arbbody Lk Mcimeyvieme.
*Magative "Hag Primary anbbody  Lat=salory Specited
[e——— Fomageni typm Sappime Frufuras stakis

joonis 8-1: Kuva Reagent setup (Reaktiivi seadistamine)

Kuval Reagent setup (Reaktiivi seadistamine) voidakse kuvada taielik loend k&igist BOND-i siisteemile
teadaolevatest reaktiividest. Loendis ei ole lihtegi eelpakendatud reaktiivisiisteemi, nt BOND-i
tuvastusstisteem, kuid loendis on kirjas siisteemi kuuluvad reaktiivid. See sisaldab ka segareaktiive, mis
segatakse to6tlusmoodulis tuvastussiisteemide komponentidest. Seda kuva kasutatakse reaktiivi
omaduste vaatamiseks, uute reaktiivide loomiseks siisteemis ja reaktiivi suvandite maaramiseks.

Seevastu kuval Reagent inventory (Reaktiivide varud) ndidatakse reaktiivisiisteemide ja eraldi pakendatud
reaktiivide laoseisu. Mis tahes reaktiivi voi siisteemitiibi puhul kuvatakse loendis kogu varu koos
teabega ka lksikute pakendite kohta.

Kuva Reagent panels (Reaktiivide paneelid) voimaldab luua markerite komplekte, mida tavaliselt
kasutatakse teatud diagnooside puhul koos. Objektiklaasi loomise ajal BOND-i tarkvaras loob paneeli
valimine iga markeri jaoks objektiklaasi, mis kiirendab oluliselt seda protsessi.

« 8.1.1-Uldine teave

e 8.1.2-Teranostilised siisteemid
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8.1

1 Uldine teave

8.1.1.1 - Reaktiivide kategooriad
8.1.1.2 - Reaktiivi todvoog

8.1.1.3 - Reaktiivi identifitseerimine
8.1.1.4 - Reaktiivi asendamine

8.1.1.1 Reaktiivide kategooriad

BOND-i siisteemis saab kasutada nelja tlilipi vedelikusiisteemi vedelike:

BOND-i tuvastussiisteemid: eelnevalt pakendatud tuvastusreaktiivide alused kasutamiseks koos
markeritega, mille kasutajad objektiklaasi seadistamisel valisid

Leica teranostilised slisteemid: eelnevalt pakendatud markerite alused ning abi- ja
tuvastusreaktiivid, mis on mdeldud abiks patsientide hindamisel, kelle puhul kaalutakse teatud
ravimi kasutamist. Siisteemid voivad sisaldada kontrollobjektiklaase (vt 14.1.2 - Teranostilised
slisteemid)

BOND-i puhastussiisteemid: eelnevalt pakendatud puhastuslahuse alused kasutamiseks seadmete
puhastamisel (vt 12.6.1 - Aspireeriva sondi puhastamine)

Reaktiivikanistrid: liksikud reaktiivikanistrid, mis sisaldavad markereid (esmased voi proovid) véi
lisareaktiive, kasutusvalmis v&i avatud kanistrites (vt 2.6.3 - Reaktiivisiisteemid ja mahutid)

BOND-i tuvastussiisteeme, puhastussiisteeme ja teranostilisi slisteeme nimetatakse uhiselt
reaktiivisisteemideks.

Marker tahendab IHK-s olevat primaarset antikeha vdi ISH-s olevat proovi.

Reaktiivid on jagatud jargmisteks reaktiivitutipideks.

Primaarsed: IHK-s kasutatav markeri reaktiiv

Proov: ISH-s kasutatav markeri reaktiiv

Lisad: kdik mittemarkerite reaktiivid, mida kasutatakse koe to6tlemiseks enne voi parast varvimist
markeriga

Segatud: lisareaktiivid, mis on loodud protokolli to6tamise ajal reaktiivislisteemis olevatest
komponentidest voi Uiksikute kanistrite komponentidega. Segatud reaktiive ei saa kunagi varuda,
kuid need peavad olema siisteemis olemas protokolli etappidesse kaasamiseks.

Reaktiivide ja reaktiivisiisteemide loendeid kuvadel Reagent Setup (Reaktiivide seadistus) ja Reagent
Inventory (Reaktiivide varu) saab filtreerida nende klassifikatsioonide jargi.
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8.1.1.2 Reaktiivi toovoog

Enne kui BOND-i siisteem saab kasutada mis tahes reaktiivi, peab siisteem selle kolmeetapilise protsessi
kaigus tuvastama.

1. Reaktiivi tiilip tuleb lisada kuva Reagent Setup (Reaktiivi seadistamine) reaktiivide loendisse — koik
Leica Biosystems-i kasutusvalmis reaktiivid ja paljud Leica Biosystems-i abireaktiivid (sealhulgas
BOND-i tuvastatavad, teranostilistes ja puhastussiisteemides) on eelmaaratletud, kuid kasutajad
peavad loendisse lisama ka teisi reagente.

2. Uute varude vastuvdtmisel skaneeritakse tiksikud reaktiivikanistrid ja reaktiivisisteemid BOND-i
slisteemi voi margitakse registreerituks, et need varudesse lisada.

1. Kui reaktiiv voi slisteem on kasutamiseks valmis, laaditakse see reaktiivialusele, kus BOND-i
slisteem selle tuvastab ja uuendab reaktiivi kasutamise ajal varusid.

BOND-i tarkvara salvestab iga iiksiku kanistri ja stisteemi sisu ning iga reaktiivitliibi kogumahu. Leica
Biosystems-i reaktiivide puhul saate méaarata kordustellimuse limiidi, et hoiatada teid, kui varud on
otsakorral. Vt punkti Minimaalsete varude satte muutmine jaotises 8.3.2 - Reaktiivi voi reaktiivisiisteemi
andmed

8.1.1.3 Reaktiivi identifitseerimine

Reaktiivikanistritel on identifitseerimiseks kaks vodtkoodi. Kanistrite esikiiljel olevaid pikemaid vo&tkoode
kasutatakse kanistrite registreerimiseks ja nende identifitseerimiseks parast registreerimist (vt jaotist
8.3.3 - Reaktiivide ja reaktiivisiisteemide registreerimine). Kanistrite tilaosas (kaane all) olevad lilhemad
voGtkoodid on unikaalsed pakendiidentifikaatorid (UPI), mida BOND-i siisteem kasutab kanistrite
tuvastamiseks, kui need téotlusmoodulisse laaditakse. UPI-d kasutatakse laaditud reaktiivikanistri, mille
skannimine ei 6nnestunud, kéasitsi identifitseerimiseks (vt jaotist 5.1.3.5 - Tuvastamata reaktiivide
parandamine).

Reaktiivisiisteemidel on aluse kiilgedel kaks vootkoodi. Kasutage neid vootkoode siisteemide
registreerimiseks ja nende identifitseerimiseks parast registreerimist. Reaktiivisiisteemi liksikute
kanistrite peal ja esikiiljel on UPI-v66tkoodid. BOND-i tarkvara kasutab neid siisteemide tuvastamiseks
tootlusmoodulisse laadimisel ja automaatse tuvastamise nurjumise korral tuleb need sisestada kanistrite
kasitsi tuvastamiseks.

Saate kuvada teavet mis tahes registreeritud reaktiivide voi reaktiivisiisteemide kohta igal ajal, skannides
uuesti kanistri kiiljel oleva pika vootkoodi voi reaktiivisiisteemi kiiljel olevad kaks vé6tkoodi.

Kui pakendit ei saa skannida, avage dialoogiaken Manual ID entry (ID késitsi sisestamine), klopsates kas

Seanch
ikooni Search (Otsi) funktsiooniribal voi nuppu Enter ID (Sisesta ID) kuval Reagent Inventory
(Reaktiivi varu).

Sisestage pakendi ID voi ID-d ja klopsake kasku Validate (Valideeri) (reaktiivisiisteemide puhul klopsake
valikut Validate (Valideeri) parast iga vootkoodi sisestamist). See avab kanistri voi siisteemi
dialoogiaknas Reagent inventory details (Reaktiivivarude andmed) vdi Reagent system inventory details
(Reaktiivisiisteemide varude andmed).
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8.1.1.4 Reaktiivi asendamine

Tootlemismoodulisse tuleb enne to6tlemise alustamist laadida piisav kogus koiki vajalikke reaktiive. Aeg-
ajalt ei pruugi aga algselt olemas olnud vajalik reaktiiv saadaval olla. Selle pohjuseks voib olla see, et
kasutaja on reaktiivialuse eemaldanud voi et reaktiivikanistris oli reaktiivi véahem, kui algselt maaratud.
Sellisel juhul plitiab BOND-i siisteem asendada puuduva reaktiivi sama tlilipi reaktiiviga teisest kanistrist.
BOND-i siisteemis kasutatakse reaktiivi asendamisel jargmisi reegleid.

« Siisteem piilab algul asendada puuduva reaktiivi sama tiilipi reaktiiviga samast
reaktiivisiisteemist.

Kui see dnnestub, jatkub tsiikkel ilma ette teavitusteta.

« Seejarel pliiab siisteem asendada puuduva reaktiivi teise allikaga, millel on sama tiilip ja sama
partiinumber.

Kui see dnnestub, jatkub tsiikkel ilma ette teavitusteta.

« Seejdrel pliliab slisteem asendada puuduva reaktiivi teise allikaga, millel on sama reaktiivitiilip ja
mistahes partiinumber.

Kui see dnnestub, siis tsiikkel jatkub, kuid mojutatud objektiklaasidel on sindmuse teavitus.

« Kui reaktiivi asendamine ei ole voimalik, asendatakse reaktiiv mojutatud objektiklaasidel pohiaine
reaktiiviga koikide jaotuste puhul kuni tsiikli [dpuni.
Tsikkel jatkub, kuid mdjutatud objektiklaasidel siindmuse teavitus.

« Kui kodik objektiklaasid on mdjutatud ja neil tuleb teha asendus p&hiaine reaktiividega, siis tsiikkel
katkestatakse.

8.1.2 Teranostilised stisteemid

Leica teranostilised tooted siisteemile BOND koosnevad reaktiivisiisteemidest ning vdivad sisaldada
kontrollobjektiklaase. Noutavad on ka standardsed p&hiaine reaktiivid ja mone siisteemi puhul
abireaktiivid.

Jargige alati teranostiliste siisteemidega kaasas olevaid juhiseid ja poorake tahelepanu jargmisele.

« Siisteemiga BondTM OracleTM HER2 IHC tarnitavaid kontrollobjektiklaase nimetatakse Oracle’i
kontrollobjektiklaasideks ning need erinevad Oracle'i tsiklitega kasutatavatest ettevottesisestest
kontrollobjektiklaasidest.

« Ettevottesisesed kontrollobjektiklaasid luuakse tarkvaras, kasutades standardseid valikute
Tissue type (Koe tiilip) ja Marker sétteid dialoogiaknas Add slide (Objektiklaasi lisamine),
kuid mitte suvandit Oracle control (Oracle’i kontroll).

« Oracle'i kontrollobjektiklaasid tuleb seadistada suvandi Oracle control (Oracle’i kontroll) abil
lisaks sobivale suvandile Tissue type (Koe tiilip).

« Oracle’i kontrollobjektiklaase saab kasutada ainult konkreetse siisteemiga, millest need périnevad.

« Oracle’i objektiklaasisiltides kasutatakse spetsiaalseid Oracle'i siltide malle, mis on maaratletud
haldus-klientrakenduse kuvalLabels (Sildid) (vt 10.3 - Sildid ).
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8.2  Aken Reagent Setup (Reaktiivide
seadistamine)

Kuval Reagent setup (Reaktiivide seadistamine) kuvatakse loend kdigist BOND-i tarkvarale teadaolevatest
reaktiividest, sh reaktiivisiisteemides sisalduvatest reaktiividest, ja reaktiividest, mis on segatud
tootlusmoodulis reaktiivisiisteemi komponentidest. Kdik BOND-i kasutusvalmis primaarsed reaktiivid on
loetelus eelmé&aratletud (ja neid ei saa eemaldada), samuti BOND-i kasutusvalmis ISH-proovid ja mitmed
tavalised Leica Biosystems-i abireaktiivid.

Tabeli all olevad filtrid voimaldavad maarata kuvatava reaktiivi tiilibi. Te ei saa filtreerida pakenditiiipide
alusel, kuid saate seda teha reaktiivittilipide alusel (primaarsed, proovid, abireaktiivid, segareaktiivid,
Oracle'i reaktiivid ja paralleelsed kaksikvarvimise primaarsed reaktiivid ja proovid) ning tarnija ja
eelistatud oleku alusel.

Tabeli kohal olevad nupud véimaldavad teil: lisada loendisse uusi reaktiive, avada tabelis valitud reaktiiv,
et vaadata voi muuta selle andmeid, voi kustutada tabelis valitud reaktiiv (te saate kustutada ainult mitte-
Leica Biosystemsi reaktiive).

ﬁ Siin loetlemata reaktiive ega kasutaja maaratletud reaktiive, millel ei ole eelistatud olekut, ei saa
registreerida.

Tabel sisaldab iga reaktiivi kohta jargmisi andmeid.

Nimi Reaktiivi taielik nimi.
Alguse *-mark tahistab eelmaaratletud Leica Biosystems-i reaktiivi.

Lihinimi Reaktiivi lthinimi, mida kasutatakse objektiklaasi siltidel ja kuval Status
(Olek).

Taip Reaktiivi tltp, nditeks primaarne.

Tarnija Reaktiivi tarnija nimi.

Eelistatud Margistatud (eelistatud) markerid kaasatakse objektiklaaside

konfiguratsiooniloenditesse mujal BOND-i tarkvaras.

Redigeeritavad reaktiivi atribuudid

Lisaks nimele ja tarnija andmetele on reaktiivide redigeeritavad atribuudid jargmised.

1. Markeritel

i. vaikimisi valitud protokollid, kui marker valitakse objektiklaasi loomise ajal (vt jaotist
6.5.2 - Objektiklaasi loomine). Uhe markeri rakenduse ning esimese ja teise rakenduse jaoks
kaksikvarvimisel saab seadistada erinevaid protokolle;
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ii. eelistatud olek — objektiklaasi loomise ajal kuvatakse ripploendis Marker ainult eelistatud
markerid (vt jaotist 6.5.2 - Objektiklaasi loomine) ja paneeli loomise ajal dialoogiaknas
Reagent panels properties (Reaktiivpaneelide atribuudid) loendit Available markers
(Saadaolevad markerid) (vt jaotist 8.4.1 - Paneeli loomine). Reaktiivide kuva loendeid saab
filtreerida ka sellele atribuudi alusel;

iii. ohtlik olek — ohtlikeks margitud markerid pestakse vilja ohtlike jadtmete hulka. Seda satet
ei saa eelmaaratletud reaktiivide puhul muuta.

2. Abireaktiividel

i. pOhiainereaktiivid, mis reaktiiviga Ghilduvad — BOND-i siisteem véldib automaatselt
kokkusobimatute abi- ja pohireaktiivide sattumist kokku;
ii. eelistatud olek - reaktiivide kuva loendeid saab selle atribuudi alusel filtreerida.
iii. ohtlik olek — ohtlikuks margitud reaktiivid pestakse vélja ohtlike jadtmete hulka. Seda satet
ei saa eelmaaratletud reaktiivide puhul muuta.

Vaadake jaotisi:

o 8.2.1 - Reaktiivi lisamine vdi redigeerimine
o 8.2.2 - Reaktiivi kustutamine

8.2.1 Reaktiivi lisamine voi redigeerimine

Reaktiivide loendisse lisamiseks klopsake kuval Reagent setup (Reaktiivi seadistamine) kdsku Add (Lisa)
. BOND-i tarkvara kuvab dialoogiakent Add reagent (Lisa reaktiiv). Vt joonis 8-2 allpool.

Diefauit st proteed

Dfiuit HER prsteeel

Diefait a2y protcs

Compatishe bulis:

joonis 8-2: Reaktiivi lisamise dialoogiaken

Olemasoleva reaktiivi andmete muutmiseks valige see ja kidpsake kasku Open (Ava) voi topeltklopsake
seda. Avaneb dialoogiaen Edit Reagent properties (Reaktiivi atribuutide redigeerimine). See on sama, mis
dialoogiaken Add reagent (Lisa reaktiiv) koos sisestatud valitud reaktiivi liksikasjadega.

Reaktiivide lisamiseks voi redigeerimiseks jargige jargmisi juhiseid.

1. Uue reaktiivi lisamisel sisestage véljale Name (Nimi) kirjeldav nimi.
Uued reaktiivid ei saa alata téarniga ,*“, mis on ette nahtud ainult Leica Biosystems-i reaktiividele.

Olge ettevaatlik ja arge kasutage nime, mis voib pdhjustada reaktiivi segiajamist teisega
protokollide voi objektiklaaside loomisel.

BOND 6.0 kasutusjuhend (mitte USA ja Hiina jaoks) Vers. AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 165



8. Reaktiivide haldus (kontrolleril BOND)

Uute reaktiivide puhul sisestage viljale Abbreviated name (Lihendatud nimi) lihinimi. Liihendatud
nimed on piiratud kaheksa margiga.

See nimi kuvatakse kuva Status (Olek) objektiklaasi ikoonidel ja prinditakse objektiklaasi siltidele.

Kui BOND-i siisteem on LIS-iga Gihendatud, sisestage LIS-is kasutatud reaktiivi nimi véljale Public
name (Avalik nimi) (ei kehti abireaktiivide kohta).

Uue reaktiivi loomisel valige ripploendist Type (TUlp) reaktiivi tiilip. Dialoogiaken muutub olenevalt
valitud tiilibist.

Sisestage véljale Supplier (Tarnija) reaktiivi tarnija nimi.

Kui reaktiiv on marker (st primaarne antikeha vdi RNA v6i DNA proov), valige vaikeprotokollid, mida
kasutada markerit kasutavates erinevat tiitipi varvimistsiklites.

Valige véljalt Single/double stain (Uhekordne/kaksikvarvimine) Single/Sequential DS
(Uhekordne/jarjestikune DS), et maéarata vahekaardil Single (Uhekordne) iihekordse varvimistsiikli
markerite vaikeprotokollid. Markerite puhul jarjestikustes kaksikvarvingu tsiklites maarake
esimese ja teise rakenduse vaikeprotokollid vahekaartidel First (Esimene) ja Second (Teine).

Valige Parallel DS (Paralleelne kaksikvéarving), et maarata markerite vaikeprotokollid paralleelse
kaksikvarvingu tsiklite puhul.

Kui reaktiiv on RNA v&i DNA proov, ilmuvad lalolevatele vahekaartidele taiendavad protokollid
(denaturatsioon ja hiibridisatsioon).

Eelmé&aratletud BOND-i markerite puhul vajutage nuppu Restore factory default protocols (Taasta
tehase vaikeprotokollid), kui soovite taastada protokollide tehase vaikesatted, mida soovitatakse
markeri jaoks (te peate tehase vaikesétete taastamiseks sisse logima koos jarelevaataja
kasutajarolliga).

Ainult siis, kui reaktiiv on kasutaja loodud abiaine, kontrollige pdhiaine lahuste sobivust ja vajaduse
korral kohandage.

Vaikimisi kuvab enamik siisteeme BOND Wash Solution (*BWash) ja deioniseeritud vesi (*DI)
loendis Compatible bulks (Sobivad p&hiained). See tahendab, et (ihte neist lahustest kasutatakse
vedelikusiisteemis reaktiivi vétmiseks ja aspireerimiseks. Kuigi pdhiaine lahused ei tohi
lisareaktiiviga vahetult kokku puutuda, voib tekkida vaike kokkupuude aspireeriva sondiga. Selle
vbimaluse valtimiseks valige kogu aeg péhiaine lahus, milda te ei soovi reaktiiviga kokku puutuda
lasta, ja kiopsake <<, et teisaldada see loendisse Available bulks (Saadaolevad pohiained).

Olemas peab olema vahemalt Giks pdhiaine lahuse komplekt.

tekkida, kui kokkusobimatutel lahustel lasta omavahel kokku puutuda. Vétke

2 Ebarahuldavad varvimistulemused ja voimalik t66tlusmooduli kahjustus voib

Uhendust Leica Biosystemsiga, et teha kindlaks, kas lahused thilduvad.

9.

Markerite puhul klopsake valikut Preferred (Eelistatud), et kuvada esmane vi proov objektiklaasi
seadistuse dialoogiaknas.

Lisareaktiivide puhul kasutatakse eelistatud olekut ainult loendi filtrite poolt kuval Reagent Setup
(Reaktiivi seadistamine) ja Inventory (Tootmisaruanne).

Kui soovite, et reaktiiv loputataks ohtlike jaatmete mahutisse, kldpsake nuppu Hazardous (Ohtlik).

10. Reaktiivi andmete BOND-i siisteemi lisamiseks klopsake nuppuSave (Salvesta).

Klopsake Cancel (Tlhista) mis tahes ajal protsessi jooksul, et valjuda muudatusi tegemata.

166

© Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 kasutusjuhend (mitte USA ja Hiina jaoks) Vers. A05



8. Reaktiivide haldus (kontrolleril BOND)

8.2.2 Reaktiivi kustutamine

Reaktiivi kustutamiseks valige see loendist kuval Reagent setup (Reaktiivi seadistamine) ja kiopsake
Delete (Kustuta). Eelmaératletud Leica Biosystemsi reaktiive (algavad térniga) ei saa kustutada.

Reaktiivi andmete kustutamisel eemaldatakse ka selle reaktiivi pakendite varude andmed. Kustutatud
reaktiivi voi varu uUksikasju ei saa taastada.

Kui te ei vaja enam reaktiivi, mida olete varem kasutanud, on parem see markida mitte-eelistatuks, kui
kustutada. See eemaldab selle enamikult tarkvara kuvadelt, kuid séilitab selle siisteemis.
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8.3  Kuva Reaktiivide inventuur

Kuval Reagent Inventory (Reaktiivide inventuur) on loetletud kdik BOND-i siisteemis registreeritud
reaktiivid ja reaktiivislisteemid ning nende praegune varu. Kasutage seda kuva varude vaatamiseks ja
haldamiseks.

Reagent setup

GO0 [S6CE) i Primary antibody L)
“immanagiisubn G Lk Primary antiady PRaL o0 0

*CO20 (M) Leca Mereysieme Primary antibady PAIS0E

joonis 8-3: Kuva Reaktiivide varu

Leica Biosystems-i reaktiivid, mille varude maht on miinimumist vdiksem, on kuval punasega esile
tostetud.

Tabeli all olevad filtrid voimaldavad seada kuvatava reaktiivi voi slisteemi tiilibi.

BOND-i tuvastamiseks, Oracle’i ja puhastussiisteemide jaoks —mis on valitud filtris Package type
(Pakendi tiilip) — saate filtreerida kohe atribuudi Inventory status (Varude olek) jargi, et vaadata kdiki
registreeritud siisteeme, ainult varudes olevaid v&i neid, mille tase on alla tellimistaseme.

Konkreetsete reaktiivikanistrite puhul saate filtreerida ka atribuutide nagu Supplier (Tarnija), Preferred
status (Eelistatud olek) ja Reagent type (Reaktiivi tlilip) jérgi, et vaadata reaktiive Primaries (Esmased),
Probes (Proovid), Parallel DS Primaries (Paralleelse kaksikvarvingu esmased), Parallel DS Probes
(Paralleelse kaksikvarvingu proovid), Ancillaries (Abiained) voi All (KGik).
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Olenevalt reaktiivi tilibist vdidakse kuvada mdningaid vdi kéiki jargmisi andmeid.

Nimi Reaktiivi taielik nimi.

Tarnija Reaktiivi tarnija nimi. Ei ole reaktiivislisteemide kohta naidatud.

Tuilp Reaktiivi tlilip, nditeks primaarne. Ei ole reaktiivisiisteemide kohta naidatud.
Katalooginumber Reaktiivi katalooginumber, mida tuleb uuel tellimisel esitada. Seda ei ndidata

reaktiivisiisteemides (veerg on olemas, kuid kdik vaartused on tiihjad).

Kogus (ml) Saadaoleva reaktiivi kogus. See hdlmab kdiki registreeritud reaktiivipakendeid,
mis on hetkel t66tlusmoodulisse laaditud voi mitte (vt jaotist 8.3.1 - Reaktiivi
koguse madramine).

Tsikleid jaanud Oracle’i stisteemide puhul allesjaanud tsiiklite arv siisteemis.
Puhastusi jaanud Allesjaanud puhastuste arv puhastussiisteemides.
Min (ml) Ainult Leica Biosystemsi reaktiivide puhul: varu kogus, mille korral teil palutakse

juurde tellida (vt jaotist 8.3.2.1 - Minimaalsete varude satte muutmine).

Min (tsiiklid) Oracle'i stisteemide puhul allesjaanud tsiklite arv, mille kohta teil palutakse
tellimust muuta (vt jaotist 8.3.2.1 - Minimaalsete varude satte muutmine).

Min (puhastused) Puhastussiisteemide puhul allesjdanud puhastuste arv, mille juurde teil
palutakse uusi tellida (vt jaotist 8.3.2.1 - Minimaalsete varude satte muutmine).

Reaktiivi tabeli kohal olevad juhtnupud vdimaldavad teil reaktiivivaru hallata.

« Klopsake nuppu Details (Andmed), et ndha teavet valitud reaktiivitiiiibi tiksikute reaktiivpakndite
kohta ja maarata nende jaoks suvandid. Lisateavet vt jaotisest 8.3.2 - Reaktiivi vOi reaktiivisiisteemi
andmed.

« Klopsake dialoogiaknas Manual ID entry (ID sisestamine kasitsi) siisteemile reaktiivivaru
lisamiseks nuppu Enter ID (Sisesta ID), kui kdsiskanner ei suuda ID-d automaatselt tuvastada.
Lisateavet leiate jaotisest 8.3.3 - Reaktiivide ja reaktiivisiisteemide registreerimine.

« Klopsake nuppu Details report (Andmete aruanne) tabelis loetletud reaktiivide voi
reaktiivisisteemide aruande loomiseks.

Vi jaotist 8.3.4 - Varude aruanne. KIdpsake nuppu Reagent Use (Reaktiivi kasutus), et genereerida
aruanne reaktiivi kasutamise kohta kindlaksmaaratud ajaperioodi jooksul. Vt jaotist 8.3.5 - Reaktiivi
kasutusaruanne

Vt ka jaotisest 8.3.1 - Reaktiivi koguse maaramine reaktiivivarude BOND poolt jalgimise uldkirjeldust.
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8.3.1 Reaktiivi koguse maaramine

Siisteem BOND kasutab reaktiivialuse kanistrites olevate reaktiivide koguse maaramiseks kaht meetodit:
arvutab koguse esialgse koguse ja jargneva kasutuse pohjal ning méoddab seda otse, kasutades
vedelikutaseme tajumise (LLS) siisteemi.

Koguse arvutamine tugineb reaktiivi algsele kogusele, lahutades reaktiivi jaotamisel ja lisades seda
taitmiseks (avatud kanistrid). Kui reaktiiv aurustumise v6i mahaloksumise tottu kaotsi laheb, véivad
tekkida lahknevused.

LLS-i siisteem on integreeritud aspireerivasse sondi. See tuvastab reaktiivi kogused, tuvastades reaktiivi
korguse, kui aspireeriv sond mahutitesse kukub. Vaikeseadete korral viiakse LLS-i koguse modtmine
(sageli nimetatakse ka tilkumistestiks) automaatselt labi erinevatel tingimustel, nditeks kui kanistrit ei ole
moodetud rohkem kui 30 pdeva. Reaktiiv vdib olla aurustunud voi kanistrit voib kasutada teises
slisteemis. Need vaikimisi reaktiivitaseme kontrolltestid on planeeritud ajale, mil need ei takista
tootlemist, seega on voimalik, et algselt arvatavalt saadaval olevat reaktiivi ei ole plaanitud analiilisideks
vajalikku kogust. Sellisel juhul aktiveerub alarm ja kasutaja peab kanistri uuesti tditma (ainult avatud
mahutid) voi tagama sobiva alternatiivse reaktiivi olemasolu (vt jaotist 8.1.1.4 - Reaktiivi asendamine).

Soovi korral voite seadistada BOND-i siisteemi reaktiivitaseme kontrollimiseks enne igat to6tlemistsiiklit.
See on seadistatud eraldi avatud kanistrite, kasutusvalmis kanistrite ja reaktiivisisteemide jaoks. Sate
tagab, et kaivitatavatel tsuklitel on I6petamiseks piisavalt reaktiivi, kuid see viivitab t66tlemisega, kui
tehakse reaktiivitaseme kontrollteste. Maarake need valikud haldus-klientrakenduse paanil Laboratory
settings (Laborisatted) (vt jaotist 10.5.1 - Laborisatted).

8.3.1.1 Tuvastussiisteemide aruandluse maht

Selleks, et maarata BOND-i tuvastussiisteemidele esitatud kogused, mis on vérreldavad lksikute
kanistrite omadega (mis vdimaldab hinnata objektiklaaside arvu, mille puhul véib tuvastussiisteemi
kasutada), esitatakse tuvastussiisteemi mahud milliliitrites tihe kanistri kohta. Kuna tuvastussiisteemid
koosnevad erinevate mahtudega kanistritest, tuleb rakendada selles jaotises kirjeldatud mahust
teatamise reeglit.

Pange tahele, et see reegel ei kehti Oracle’i voi puhastussiisteemide puhul, mis esitavad vastavalt tsiiklite
vOi puhastuste arvu.

Tuvastussilisteemide puhul esitatakse maht siisteemi suurima tksiku kanistri kohta. Naiteks kui suurim
kanister mahub 30 ml, teatatakse slisteemi maht 30 ml suhtes. BOND-i tarkvara eeldab, et kdik uute
siisteemide kanistrid on téis, nii et stisteem suurim 30 ml kanister on esmaregistreerimisel ndidatud 30 ml
mahuga.

Reaktiivi kasutamisel on esitatud vaartus vaikseima suhtelise mahuga kanistri maht. Kui selle kanistri
maht ei ole sama mis siisteemi suurimal kanistril, siis normaliseeritakse vaartus suurima kanistri mahu
suhtes. Naiteks siisteemis, kus on mitu 30 ml kanistrit ja kaks 2,4 ml kanistrit, vdib olla, et tihel 2,4 ml
kanistritest on algmahtude suhtes vaikseim reaktiivikogus. Kui sellel on 1,2 ml alles (pool algmahust), siis
on kogu slisteemi maht esitatud poolena 30 ml, s.t 15 ml.
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8.3.2 Reaktiivi voi reaktiivisisteemi andmed

Reaktiivi voi reaktiivisiisteemi iiksikute pakendite andmete kuvamiseks topeltkldpsake reaktiivitiiiibil
reaktiivivaru tabelis vdi valige see ja kldpsake nuppu Details (Uksikasjad).

“Happa Prabe
Puackage nams Kazos Frabe, 3.8
Cataig K" PROGSS inivum slock 1800

Shaw o Naminhly Ervdy g

1 T O (7 e [ e [ o e
TOETRE1A -hag-21 15-Agr-11 RED GED
HOETREZ [\ Eep]] FFat-1 1511 (3 GED
HOETRE [\TesT] oFee-11 1-Ag-11 BED GED
SOETREST . ST ] 111 EED 5ED
DOERLEN ] 01 D-Fet-11 g 1) BED 5 ED

joonis 8-4: Dialoogiaken Reagent inventory details (Reaktiivivaru andmed)

Dialoogiaknas Varude andmed kuvatakse valitud reaktiivi voi slisteemi iga liksikpakend. Dialoogivaljad ja
valikud erinevad olenevalt reaktiivi pakendi tiilibist ja tarnijast. Vaikimisi ndidatakse ainult neid pakendeid,
millel on vaba, aegumata reaktiiv. Samuti saate kuvada tiihje pakendeid (mis ei ole jdudnud
aegumiskuupé&evani) voi koiki pakendeid, mis aegusid viimase kuu jooksul - valige dialoogis vastavalt kas
Available (Saadaval), Empty (Tihi) voi Expired (Aegunud).

Reaktiivi Package name (Pakendi nimi) kuvatakse koigi reaktiivi pakendi tlilipide puhul. Peale selle
kuvatakse BOND-i reaktiividel katalooginumber tellimise jaoks ja BOND-i reaktiividel (kuid mitte
slisteemidel) on ka pakendi nimi, mis sisaldab pakendi suurust.

BOND:-i reaktiividel ja slisteemidel on ka véli Minimum stock (Minimaalne varu), millel ndidatakse varude
taset, mille juures peate reaktiivi juurde tellima (vt jaotist 8.3.2.1 - Minimaalsete varude satte muutmine).

Kasiskannerit kasutades saate registreeritud reaktiivikanistri voi reaktiivisiisteemi kiilgmist vootkoodi
(vootkoode) skannida, et kaivitada reaktiivivarude andmete dialoogiaken. Skannitud varuiiksus tGstetakse
andmete tabelis esile ja suvandi Show Kuva filtrid (saadaval, tiihi vdi aegunud) seadistatakse
automaatselt vastavalt vajadusele.
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Dialoogiakna tabelis kuvatakse iga reaktiivipakendi kohta jargmine teave.

UPI Pakendi kordumatu identifikaator (vt jaotist 8.1.1.3 - Reaktiivi
identifitseerimine).

Partii nr Pakendi partiinumber.

Aegumiskuupéaev Pakendi aegumiskuupdev. Pakendeid ei tohi kasutada parast seda
kuupéaeva.

Registreeritud Kuupéev, millal pakend esmakordselt BOND-i siisteemis registreeriti.

Esimene kasutus Kuupaev, millal pakendit esmakordselt BOND-i siisteemis kasutati.

Margitud tiihjaks Kuupéev, millal pakend margiti tihjaks. Selle v6ib tarkvara seada

automaatselt voi kasitsi (vt jaotist 8.3.2.3 - Pakendi markimine tiihjaks voi
mittetiihjaks).

Algkogus (ml) Uues, taispakendis oleva reaktiivi kogus.
Ei ole reaktiivisiisteemidel ndidatud.

Kogus (ml) Reaktiivi praegune kogus kanistris. Tuvastussiisteemide kohta vt jaotist
8.3.1.1 - Tuvastusslisteemide aruandluse maht.

Taitmiskogus (ml)  Avatud kanistri puhul reaktiivi jarelejaanud kogus, mille puhul voib kanistri

uuesti taita.

Puhastusi jaanud Puhastussiisteemide puhul puhastuste arv, mida saab teha jarelejaanud
reaktiiviga.

Tsikleid jaanud Oracle'i stisteemide puhul tsiiklite arv, mida saab kaitada jarelejaanud
reaktiiviga.

Varude andmete dialoogiakende nupud v&imaldavad konfigureerida varude vahemikku (sobib
pakenditiiiibile) ja luua iiksikasjaliku aruande konkreetse reaktiivi voi siisteemi kohta. Allolevad jaotised
kirjeldavad konfigureerimise ja aruandluse suvandeid.

8.3.2.1 Minimaalsete varude satte muutmine

Eelmaaratletud Leica Biosystems-i reaktiividel ja reaktiivislisteemidel vdib olla seadistatud minimaalne
varude tase. Kui kogu reaktiivivaru langeb alla maaratud taseme, tdstetakse reaktiiv kuval Reagent
Inventory (Reaktiivivaru) punaselt esile, et kasutaja saaks reaktiivi voi slisteemi uuesti tellida.

Minimaalsete varude satte muutmiseks kiGpsake Set minimum stock level (Maara varude
miinimumtase). Sisestage hiipikdialoogis ndutav varude miinimumtase véljale Minimum (Minimaalne).
Kasutage milliliitreid, tsiikleid voi puhastusi, olenevalt pakendi tiilibist. KIdpsake OK.

8.3.2.2 Reaktiivi aruanne

Klopsake suvandit Details report (Andmete aruanne) ainult valitud reaktiivi voi reaktiivsiisteemi aruande
loomiseks. Lisateavet vt 8.3.4 - Varude aruanne.
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8.3.2.3 Pakendi markimine tiithjaks voi mittetiihjaks

Reaktiivipakendi saab markida tiihjaks, néiteks kui see havitatakse enne selle taielikku kasutamist.
Selleks valige tabelis olev pakend ja klopsake seejarel kasku Mark as empty (Margi tiihjaks). Tarkvara
maérab praeguse kuupéeva valjale Marked empty (Margitud tiihjaks).

Tlhjaks margitud reaktiivipakendi taastamiseks valige see tabelist ja kldpsake Mark not empty (Margi
mittetlihjaks). Seda saab teha ainult siis, kui pakend pole t66tlusmoodulisse laaditud. Pakendil on reaktiivi
kogus enne tiihjaks markimist.

Valige tabeli kohal olev raadionupp Empty (Tiihi), et kuvada tiihjaks margitud tiksused.

8.3.2.4 Avatud reaktiivikanistri taitmine

BOND-i avatud reaktiivikanistrite korduskasutamine véimaldab véljutada kuni 40 ml kindlat reaktiivi.
Kanistrite taitmiste arv ei ole piiratud, kui taidate kanistri vaiksema kogusega.

Avatud kanistri taitmiseks kasutage jargmisi juhiseid.

1. Taitke kanister soovitud koguses reaktiiviga.

2. Skannige kanister (nagu on kirjeldatud jaotises 8.3.3 - Reaktiivide ja reaktiivisiisteemide
registreerimine), seejérel klopsake nuppu Refill (Tdida uuesti).
Taitenupp ei ole saadaval, kui kanistrisse lisatakse rohkem reaktiivi kui 40 ml piirmaar.

3. Maadrake uue reaktiivi aegumiskuupéaev.

Pange tahele, et avatud kanistri tditmisel (kas esmakordsel taitmisel voi taastaitmisel) eeldab tarkvara, et
kanister on taidetud selle kanistri jaoks maksimaalse mahuni, st mahuni (ml), mille kasutaja reaktiivi
esmakordsel registreerimisel méaaratles, voi praeguse mahuni pluss iilejadanud lubatud taitemaht. Esitatud
maht korrigeeritakse vajadusel, kui tehakse reaktiivitaseme kontroll. Seda ei pruugi juhtuda enne, kui
kanistrit on kasutatud.

Iga avatud kanister lukustatakse teatud reaktiivi jaoks selle esmasel registreerimisel. Igas avatud
kanistris tuleb iga kord, kui seda tadidetakse, kasutada sama reaktiivi.
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8.3.3  Reaktiivide ja reaktiivisisteemide registreerimine

Reaktiivipakendi registreerimine lisab selle varudesse. Enne pakendi registreerimist peab reaktiiv olema
kirjas kuval Reagent Setup (Reaktiivi seadistamine).

Reaktiivipakendid tuleb registreerida enne nende kasutamist seadmeted BOND-III v6i BOND-MAX.

Kui laadite registreerimata reaktiivikanistri to6tlusmoodulisse, ei tunne tarkvara seda ara ja kuvab

™
teabeikooni U selles reaktiivi asukohas kuval System status (Siisteemi olek).

BOND-i tarkvara jalgib reaktiivi kasutust ja teavitab teid, kui reaktiiv tuleb vélja vahetada.

Arge (iritage uuesti taita kasutusvalmis BOND-i reaktiivikanistrit, sest BOND-i tarkvara tunneb &ra, et
tegemist on kasutatud kanistriga ja keeldub seda kasutamast.

Kui BOND ei tuvasta registreerimiseks skannitavat uut reaktiivipakendit, ei pruugi teile olla paigaldatud
uusimat BOND Data Definitions (BDD) faili. Otsige veebist uusim BDD-fail, seejérel laadige see alla ja
installige (haldus-klientrakenduse kuval BDD update (BDD varskendus), kui selle Data version
(Andmeversioon) on hilisem kui dialoogiaknas About BOND (Teave). Parast uusima BDD-faili installimist
taaskaivitage kliiniline klientrakendus ja proovige uuesti uut reaktiivikanistrit voi reaktiivislisteemi
registreerida.

Erinevat tiilipi reaktiivipakendite registreerimise meetodeid on kirjeldatud jargmistes jaotistes.

o 8.3.3.1 - Reaktiivisiisteemide registreerimine

o 8.3.3.2 - BOND-i kasutusvalmis reaktiivide registreerimine
« 8.3.3.3 - Mittekasutusvalmis reaktiivide registreerimine

e 8.3.3.4-1D sisestamine kasitsi
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8.3.3.1 Reaktiivisiisteemide registreerimine

BOND-i tuvastamise, teranostilise vdi puhastussiisteemi registreerimiseks skannige kaks reaktiivialuse
kiiljel olevat vootkoodi.

Manel reaktiivisiisteemil on reaktiivialusel ainult Giks vootkood, nditeks ainult Gihe vdi kahe kanistriga
slisteemid.

Tarkvara kuvab dialoogiakna Add reagent system (Reaktiivislisteemi lisamine).

HOIATUS! Laserikiirguse oht. Vdimalik raske silmakahjustus.
Viltige otsest silmsidet laserikiirtega.

joonis 8-5: BOND-i tuvastussiisteemi registreerimine

Kontrollige, kas dialoogiaknas olevad andmed vastavad pakendi andmetele, seejarel kldpsake nuppu OK.

0 Arge (iritage registreerida tiksikuid reaktiivikanistreid, mis on osa reaktiivisiisteemist.
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8.3.3.2 BOND-i kasutusvalmis reaktiivide registreerimine

BOND-i kasutusvalmis reaktiivipakendi registreerimiseks skannige mahuti esikdiljel olev voétkood.
Tarkvara kuvab dialoogiakna Add reagent package (Reaktiivipakendi lisamine).

Add reagent package

Glial Fibrillary Acidic Protein (GAS5), 7 mL
Catalog N°: PADD26 UPI: 00690422
Supplier: Leica Microsystems

Lot N*: 07360 Expiration date: 30-Apr-25
Initial vol. {(mL) 7.00

B =3

joonis 8-6: BOND-i reaktiivipakendite registreerimine

Kontrollige, kas dialoogiaknas olevad andmed vastavad pakendi andmetele, seejarel kldpsake nuppu Add

(Lisa).

8.3.3.3 Mittekasutusvalmis reaktiivide registreerimine

Reaktiive, mida ei tarnita BOND-i kasutusvalmis pakendites, saab kasutada BOND-i siisteemis, BOND-i
avatud vai tiitrimiskanistrites. Kui mittekasutusvalmis reaktiiv on ette valmistatud ja lisatud 7 ml v&i 30 ml
kanistrisse voi 6 ml tiitrimiskanistrisse, registreeritakse see tapselt samamoodi kui BOND-i reaktiivid:

1.

o

Veenduge, et reaktiiv oleks siisteemis loodud ja eelistatav. Varude registreerimiseks tuleb
eelistada kasutaja maaratletud reaktiivi. (vt jaotist 8.2.1 - Reaktiivi lisamine voi redigeerimine).
Pange tahele, et ensiitimid, mis on loodud ensiiiimide eelto6tluskomplektiga BOND-i Enzyme
Pretreatment Kit, on siisteemis eelnevalt méaaratletud ega vaja késitsi loomist.

Skannige avatud vai tiitritud mahuti esikiljel olev vootkood, et avada dialoogiaken Add open
container (Lisa avatud kanister).

Valige ripploendist Reagent name (Reaktiivi nimi) reaktiivi nimi. (Tarnija nimi on nédidatud sulgudes
reaktiivi nime korval.)

Loendis on koik siisteemis loodud eelistatavad mitte-BOND-i abireaktiivid ja markerid, samuti neli
eelmaaratletud ensiiiimi, mida saab valmistada ensiilimide eelté6tluskomplektiga BOND Enzyme
Pretreatment Kit. Kui te pole siisteemis reaktiivi loonud, tihistage see dialoogiaknast Add open
container (Avatud kanistri lisamine) ja tehke esimesena seda (vt 1. etappi dlal).

Sisestage reaktiivi partiinumber reaktiivi tarnija dokumentatsioonist.

Kldpsake vélja Expiration date (Aegumiskuupéev), et seada aegumiskuupaev kalendri
juhtelementidega (voi kuupéev sisestada).

Saate sisestada osalised kuupdevad, nagu P/K, PP/KK vdi PP/KKK; arvestatakse kdesolevat
aastat. Kui sisestate naiteks KK/AAAA voi KKK/AAAA, arvestatakse selle kuu esimest péeva.
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Kui sisestate kehtetu kuupdeva, kuvatakse valja Expiration date (Aegumiskuup&ev) imber punane
piirjoon ja kuvatakse valideerimise veateade.

Kui kldpsate valjalt Expiration date (Aegumiskuupéev) eemal, vormindatakse kehtiv
kuupdevakanne automaatselt imber, et see vastaks siisteemi kuupdevavormingule. Kui enne
kehtetu kuupéaeva sisestamist sisestati vahemalt iiks kehtiv kuupaeyv, lahtestatakse vali viimasele
sisestatud kehtivale kuupaevale, kui klopsate sellest eemale.

6. Reaktiivi registreerimiseks klopsake OK.

8.3.3.4 ID sisestamine kasitsi

Kui siisteem BOND ei suuda reaktiivi vootkoodi lugeda, tehke kuval Reagent Inventory (Reaktiivivarud)
jargmist.
1. Klopsake Enter ID (Sisestage ID).
BOND-i tarkvara kuvab dialoogiakna Manual ID (Kasitsi ID).

2. Sisestage reaktiivi ID (reaktiivi pakendi esikiiljel oleva vo6tkoodi kdrval) dialoogiakna tilemisse
ritta.

3. Kldpsake Validate (Valideeri).
Kui on rohkem kui iks v66tkood, nagu tuvastussiisteemide puhul, kldpsake pérast iga
pakendinumbri sisestamist kdsku Validate (Valideeri).

4. Parast pakendinumbri sobivuse kontrollimist kuvab tarkvara vastava dialoogiakna Add reagent
package (Reaktiivi pakendi lisamine).

5. Kontrollige pakendi andmed ja lisage neid vajadusel dialoogiaknas Add reagent package (Reaktiivi
pakendi lisamine), seejarel klopsake pakendi registreerimiseks nuppu OK.

8.3.4 Varude aruanne

Saate luua aruande kuval Reagent Inventory (Reaktiivide varud) tabelis kuvatavate reaktiivide voi
reaktiivisiisteemide varude kohta. Genereeritud aruanne naitab teavet iga kuvatava reaktiivi voi siisteemi
kohta, sh kogu allesoleva varu kohta. Kui varu maht on vadiksem kui ettendhtud miinimumtase (vt

8.3.2.1 - Minimaalsete varude satte muutmine), margitakse see aruandes kui Low (Madal).

Seadistage ekraani allosas olevad filtrid, et kuvada teid huvitavaid reaktiive voi reaktiivisiisteeme, seejarel
kldpsake valikut Details report (Andmete aruanne). Aruanne genereeritakse ja kuvatakse uues aknas.

Reaktiivivaru aruande iilemine parempoolne osa kuvab teavet jargmises tabelis.

vili Kirjeldus

Asutus Asutuse nimi, mis on sisestatud viljale Facility (Asutus) haldus-
klientrakenduse kuval Laboratory settings (Laboris&tted) — vt
10.5.1 - Laborisatted

Teema Filtri satted, mida kasutatakse reaktiivide voi reaktiivisiisteemide valimiseks
aruandes.
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Iga tabelis loetletud reaktiivi kohta kuvab aruande pdhiosa jargmist:
e Nimi
« alles olev varu (margistatud, kui selle tase on reaktiivi miinimumtasemest madalam)
« katalooginumber (BOND-i kasutusvalmis kanistrite jaoks) v&i ,open” (avatud mahutite jaoks)
« tlilip (esmane, proov, abiaine vdi reaktiivististeem)
« tarnija

Iga Uiksiku reaktiivipakendi kohta kuvatakse aruandes jargmised andmed:

« UPI

« partii number

« aegumiskuupaev

« registreerimise kuupéev

« esmakordse kasutamise kuupaev
« viimase kasutamise kuupaev

« allesjaanud kogus

Lisateavet aruandeakna ja printimissuvandite kohta vt jaotisest 3.7 - Aruanded.
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8.3.5 Reaktiivi kasutusaruanne

Reaktiivi kasutusaruanne naitab kasutatud reaktiivi kogust ja seda, mitu testi selle reaktiiviga
kindlaksmaaratud aja jooksul toodeldi. Teavet konkreetsete kanistrite kohta ja esitatakse reaktiivide
koguarvud.

Aruanne holmab koiki kindlaksmaéaratud perioodil kasutatud reaktiive, olenemata hetkel kuval Reagent
Inventory (Reaktiivivaru) kuvatavatest reaktiividest. Reaktiivisiisteemi kasutamine ei ole héImatud.

Klopsake valikut Reagent usage (Reaktiivi kasutamine), et avada kuup&eva valimise dialoogiaken, kus
peate maarama perioodi, mille kohta aruannet soovite. Mdarake From (Alates) ja To (Kuni) kuupdevad ja
kellaajad (vt Kuupdeva- ja kellaajavalijate kasutamine |k 184) ning klopsake kasku Generate (Loo).
Aruanne genereeritakse ja kuvatakse uues aknas.

Reaktiivi kasutusaruande lilemine parempoolne osa naitab teavet jargmises tabelis.

vili Kirjeldus

Asutus Asutuse nimi, mis on sisestatud haldus-klientrakenduse kuva Laboratory
settings (Laborisatted) véljale Facility (Asutus) — vt 10.5.1 - Laborisatted

Ajavahemik Aruande poolt kaetava ajavahemiku algus- ja I6ppkuupaev

Aruandes kuvatakse iga antud perioodil kasutatud reaktiivi kohta jargmised andmed:

« nimi (reaktiivi liihendatud nimi);

« iga kasutatud kanistri UPI;

« iga kasutatud kanistri partiinumber;

« iga kasutatud kanistri aegumiskuupéaeyv;

« toodeldud objektiklaaside arv, nii kanistri kohta kui ka reaktiivi koguhulga kohta;

« antud perioodil kasutatud reaktiivi kogus, nii kanistri kohta kui ka reaktiivi koguhulga kohta.

Lisateavet aruandeakna ja printimissuvandite kohta vt 3.7 - Aruanded.
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8.4  Kuva Reaktiivipaneelid

Paneel on kasutaja maaratud markerite kogum. Saate kasutada paneele, et siisteemi kiiresti lisada mitu
objektiklaasi.

Paneele saab kasutada ainult tavaliste lksikvarvinguga objektiklaaside puhul; neid ei saa kasutada
kaksikvarvinguga objektiklaaside seadistamiseks. Paneelide loomiseks peab teil olema jarelevaataja
kasutajaroll.

Akna Reagent Panels (Reaktiivi paneelid) kuvamiseks kidpsake funktsiooniribal ikooni Reagent setup
(Reaktiivi seadisramine) ikooni ja seejarel vahekaarti Panels (Paneelid).

Lisateavet vt jaotisest

o 8.4.1 - Paneeliloomine
o 8.4.2 - Paneeli andmete vaatamine voi redigeerimine
o 8.4.3 - Paneeli eemaldamine

8.4.1 Paneeli loomine

Paneeli loomiseks tehke jargmist (teil peab olema jérelevaataja kasutajaroll).

1. Kldpsake Add panel (Lisa paneel).
Tarkvara kuvab dialoogiakna Reagent panel properties (Reaktiivipaneeli omadused).

nt panal propertias.
Panal nasme: ERZ Pane
Avallable markore: Fanel cosmaing:
o ey - "HERZ Hagaitvn Garfrol Lec Tost
“Exrogen Recepior (5F11) Liiea Wicrowyats il
NPT W . .- |
ET— [P— - ]
mepra—— PP . ]
vtk & 1 A1 1 s M ©

joonis 8-7: Dialoogiaken Reagent panel properties (Reaktiivipaneeli omadused)

Dialoogiaknast Reagent panel properties (Reaktiivipaneeli omadused) paremal olevas tabelis on
kirjas paneeli sisu ja vasakul olevas tabelis on loetletud kdik saadaolevad markerid.

2. Sisestage paneeli nimi véljale Panel name (Paneeli nimi) dialoogiakna (ilaosas.
Paneeli ei saa ilma nimeta salvestada.

3. Paneelile markeri lisamiseks valige vasakul olevast tabelist saadaolevate antikehade vo6i proovide

Testtissue >
loendist liksus ja kldpsake seejarel

Pos. issue >

Positiivse koe kontrolli lisamiseks kldpsake markerit ja kldpsake seejarel

Negatiivse koe kontrolli lisamiseks kldpsake markerit ja kldpsake seejarel
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4. Uksuse eemaldamiseks paneelilt valige see paremal olevast tabelist ja kldpsake

ﬁ Paneelidel peab olema testkude. Paneeli, millel pole testkude, ei saa salvestada.

5. Kui paneel on 0ige, kldpsake andmete salvestamiseks OK.
Kui te ei soovi paneeli salvestada, kldpsake Cancel (Tiihista).

8.4.2  Paneeli andmete vaatamine voi redigeerimine

Paneeli andmete vaatamiseks valige see kuva Reagent Panels (Reaktiivi paneelid) vasakul pool olevast
tabelist. Paneelil olevad markerid kuvatakse kuva paremal pool olevas tabelis. Paneeli redigeerimiseks
kldpsake suvandit Panel properties (Paneeli omadused) ja redigeerige seda, nagu on kirjeldatud jaotises
8.4.1 - Paneeli loomine.

8.4.3 Paneeli eemaldamine

Paneeli eemaldamiseks siisteemist valige see aknas Reagent Panels (Reaktiivipaneelid) olevast tabelist
ja klopsake Remove panel (Eemalda paneel). Teil palutakse eemaldamine kinnitada.

ﬁ Eemaldage paneelid ettevaatlikult. Kustutatud paneelide andmeid ei saa taastada.
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9.

Objektiklaaside ajalugu
(BOND-i kontrolleril)

Kuval Slide History (Objektiklaasi ajalugu) kuvatakse plaanitud, hetkel toimuvad voi |6petatud tsiiklite
andmedBOND.

Tsliklite puhul, mis olid plaanitud, kuid peatati enne t66tlemise alustamist (aluse lahtilukustamisel), tuleb
nende individuaalsed objektiklaasikirjed ajalooloendist eemaldada ja asendada terve aluse (ihe reaga, mis
kuvab olekut Rejected (Tagasi lilkatud). Neile tsiiklitele saab luua tsiiklisiindmuste ja tsiikliandmete
aruandeid.

Selles peatiikis on jargmised jaotised.

9.1 - Kuva Objektiklaaside ajalugu

9.2 - Objektiklaasi valimine

9.3 - Objektiklaaside omadused ja objektiklaasi kordustsikkel
9.4 - Tsiikli sindmuste aruanne

9.5 - Tsikli andmete aruanne

9.6 - Juhu aruanne

9.7 - Protokolli aruanne

9.8 - Objektiklaaside kokkuvdte

9.9 - Andmete eksportimine

9.10 - Objektiklaaside liihike ajalugu
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9. Objektiklaaside ajalugu (BOND-i kontrolleril)

9.1  Kuva Objektiklaaside ajalugu

Slide: hisiory

Objektiklaaside ajaloo andmete vaatamiseks voi tsiiklisindmuste, tsiikliandmete voi
juhuaruannete loomiseks valige funktsiooniribal ikoon Slide History (Objektiklaaside ajalugu).

Slide history
T - L e - R e e | e |
I T T T T T T
Ity t3 E2 00000288 Wiy Chirs F: Bacen CENE . 255750 Tast e prograss .
Tt L DO0003ES “hing Chirs P Bacon CSN05 - 256790 Teat I progeess
prreeiy a D001 “King Chirs P Siacon CE0E - JEET0 Taat = progeses
roheg 13 w GOsE kg [E— CENE 260 Tem [R—
TTheg L Chire F: Bagon C3206 - 266780 Test
Mg A3 a4 Chirs F: Bacon CE05 . 255750 Test
T-fug-13 a4 Chirs P Bacon CENE . 255750 Tast
IM-degt kT Chirs F: Bazon
IT-fmgt
T 13
g ! L 3
g 13 o I progres
o E. I priggees
o Iz progpan
b I progeen
g 13 » s Gos T pgens
Moheg 1 =0 02000400 ‘coo Cherry Dale LM - B2 Test = progees.
Fbag Y 90 00000367 ‘Wl Jact Daan CEMIS - 5a75ad Test I progres
Mohag 1t 0 020003} ‘Wt Arranda Frands CS2224 - 5275039 Tast e grugas
i 1D roamsbears vy el it soquinbily
=== ==

joonis 9-1: Kuva Slide history (Objektiklaaside ajalugu)

Objektiklaaside ajaloo loendis kuvatakse t66deldud objektiklaasid perioodil, mis on maaratletud loendi
kohal olevas filris Date range (Kuup&evavahemik), vi konkreetne objektiklaas, mis leiti filtri Slide ID
(Objektiklaasi ID) abil (vt 9.2 - Objektiklaasi valimine).

Pange tahele, et kuvatavad tsiikli ID-numbrid ei pruugi olla jarjestikku kasvavad. Tsiikli ID-number
maadratakse siis, kui objektiklaasialused lukustatakse, nii et kui alus lukustatakse, avatakse ja seejarel
uuesti lukustatakse (enne tsiikli algust), tsiikli ID-number suureneb (ihe sammu vérra ja enne esimest
lukustamist maaratud number jaab vahele.

Jérgneb objektiklaasi varvikood, mida kasutati kuval Slide setup (Objektiklaasi seadistamine) (vt jaotist
6.5.1 - Objektiklaasi véljade ja juhtnuppude kirjeldus).

« Valge: dialoogiaknas Add slide (Objektiklaasi lisamine) loodud objektiklaasid

« Kollane: dialoogiaknas Slide identification (Objektiklaaside identifitseerimine) loodud
objektiklaasid (vt jaotist 6.8 - Objektiklaasi ja juhu loomine ettevalmistuseta)

« Helehall: LIS-i objektiklaasid

« Punane: prioriteediga LIS-i objektiklaasid (vt jaotist 11.2.5 - Prioriteetsed objektiklaasid)

183 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 kasutusjuhend (mitte USA ja Hiina jaoks) Vers. A05



9. Objektiklaaside ajalugu (BOND-i kontrolleril)

Igal objektiklaasil on loendis esitatud jargmised vaartused.

« Tootlemise kuupaev (objektiklaasi tootlemise alguskuupédev)
o TskliID

« Objektiklaasi ID

« Marker (esmase antikeha v&i proovi nimi)

« Patsiendi nimi

o JuhulID

« Tiilp (testkude voi positiivne voi negatiivne kontrollkude)

o Olek (pooleli v6i valmis, ja kas toimus ootamatuid stindmusi; samuti vGib see oll ,tagasiliikatud”
tsiiklite puhul, mis peatati enne t66tlemise algust)

0 Kui olekuks on Done (notification) (Valmis (teavitus)), kontrollige aruandest Run Events Report (Tsikli
slindmuste aruanne), kas ootamatud siindmused vdisid varvimist m&jutada. Ootamatud stindmused
kuvatakse paksus kirjas.

Objektiklaasi teabe vaatamiseks valige see loendist ja klopsake seejarel Gihte nuppu loendi all.

9.2  Obijektiklaasi valimine

Filtreerige objektiklaase, et loetleda need kuval Slide History (Objektiklaaside ajalugu), kuvades koik
maaratletud perioodil téddeldud objektiklaasid, voi kuvage konkreetne objektiklaas, sisestades
objektiklaasi ID. Kldpsake rippmentilid ja valige seejarel objektiklaasifilter, mida soovite kasutada.

Kuupdevavahemiku objektiklaasifilter

Slide history

Slidu filars | D rasge Bl oot B eom B = et (B eesam Lasi sareen days
I T T T

joonis 9-2: Kuupaevavahemiku objektiklaasifilter

Kasutage objektiklaasifiltrit Date range (Kuup&evavahemik), et maarata kuva aruandlusperiood;
kuvatakse ainult antud ajavahemikus t66deldud objektiklaasid. Ma&rake From (Alates) ja To (Kuni)
kuupé@evad ning vajaduse korral kellaajad ajaperioodi maaratlemiseks. Seejarel kldpsake valikut Apply
(Rakenda) objektiklaaside kuvamiseks.

Kui méaaratletud perioodil toodeldi iile 1000 objektiklaasi, kuvatakse ainult esimene 1000. Kogu komplekti
andmete vaatamiseks tuleb objektiklaasi andmed eksportida — vt jaotist 9.9 - Andmete eksportimine.

Viljale To (Kuni) on algselt seatud praegune kuupéev ja kellaaeg ning véljale From (Alates) tapselt iiks
nadal enne. Satete muutmisel voite selle konfiguratsiooni juurde tagasi pd6rduda, kipsates valikut Last
seven days (Viimased seitse padeva).

Kuupaeva- ja kellaajavalijate kasutamine

Kuupéeva, kuu ja aasta maaramiseks kldpsake kalendriikooni ja valige kuupaev. Kerige kuude vahel,
kldpsates nooli kalendri tiitliribal. V6i kidpsake tiitliriba keskel, et valida teine kuu vdi kerida Iabi aastate.
Teise voimalusena voite kuupdeva otse véljale triikkida.
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Kellaaja maaramiseks kiépsake ajavaljal ja kasutage (les- ja allanooli (v6i klaviatuuri Gles- ja allanooli).
Kursori asukohast olenevalt muutub aeg iihe tunni, kiimne minuti voi ihe minuti vorra. Teise vimalusena
vOite aja otse véljale triikkida.

Objektiklaasi ID filter

Kasutage konkreetse objektiklaasi kohta teabe leidmiseks valikut Slide ID (Objektiklaasi ID). Sisestage
objektiklaasi ID véljale Slide ID (Objektiklaasi ID) ja kipsake Apply (Rakenda).

9.3 Objektiklaaside omadused ja
objektiklaasi kordustsukkel

Objektiklaasi omaduste vaatamiseks loendis Slide History (Objektiklaasi ajalugu) valige objektiklaas ja
seejérel klopsake Slide properties (Objektiklaasi omadused) (v6i topeltklopsake). See on sama dialoog,
mis avati kuval Slide setup (Objektiklaasi seadistamine) (6.5.4 - Objektiklaasi redigeerimine).

Kui dialoogiaken Slide properties (Objektiklaasi omadused) avati kuvalt Slide History (Objektiklaasi
ajalugu) (kuna objektiklaasi toodeldi voi seda toodeldakse), ei saa patsiendi voi testi liksikasju
redigeerida, kuid valjale Comments (Kommentaarid) saab kommentaare lisada v&i objektiklaase uuesti
t6odelda — vt 9.3.1 - Objektiklaaside uuesti tootlemine.

9.3.1 Objektiklaaside uuesti tdotlemine

Kui objektiklaas ei vasta nduetele, vdib selle uuesti to6tlemiseks margistada lipuga. Objektiklaasi uuesti
t66tlemiseks kasutage dialoogiaknas Slide properties (Objektiklaasi omadused) jargmist protseduuri.

1. Klopsake kédsku Copy slide (Kopeeri objektiklaas).
Dialoogiaken Slide properties (Objektiklaasi omadused) muutub dialoogiaknaks Add Slide
(Objektiklaasi lisamine) koos redigeeritavate véljadega.

2. Tehke vajalikud muudatused ja klopsake kdsku Add slide (Lisa objektiklaas).

3. Kinnitage juht, patsient ja arst kopeeritud objektiklaasi jaoks, et lisada objektiklaas kuvale Slide
setup (Objektiklaasi seadistamine).
Dialoogiaken Add slide (Objektiklaasi lisamine) ja&db avatuks, et saaksite soovi korral lisada veel
objektiklaase.

4. Klopsake Close (Sule), et naasta kuvale Slide History (Objektiklaasi ajalugu).
5. Toodelge dsja loodud objektiklaase tavalisel viisil.
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0.4  Tsukli sindmuste aruanne

Aruanne, mis on loodud kuval Slide History (Objektiklaasi ajalugu), kuvab koik alusel olevad
objektiklaasid, millega koos valitud objektiklaasi toddeldi. Aruande loomiseks klépsake nuppu Run events
(Tsiikli sindmused).

Tsikli sindmuste aruandeid saab luua ka objektiklaaside to6tlemise ajal. Paremkldpsake kuvadel System
status (Siisteemi olek) voi Protocol status (Protokolli olek) vastavat tsiiklit voi loendit ja valige meniilist
Run events (Tsiikli sindmused). Objektiklaasi teavituse p&hjustanud siindmused kuvatakse paksus kirjas,
et neid oleks lihtne leida.

Tsukli sindmuste aruande tilemine parempoolne osa kuvab teavet jargmises tabelis.

vali Kirjeldus
TM seerianumber Tsikli jaoks kasutatud t66tlusmooduli seerianumber
To6tlusmoodul Tsikli jaoks kasutatud to6tlusmooduli nimi
Objektiklaaside alus Tsiklis kasutatud objektiklaaside varvimiskambri number
Jaotusmaht Jaotatud reaktiivi maht (vt 6.5.8 - Jaotusmahud ja koe asend
objektiklaasidel)
Algusaeg Tsukli kaivitamise kuupéev ja kellaaeg
Tsikli edenemine Kas tsiikkel on [6ppenud voi todtab veel
Varvimisreziim Kasutatav varvimisreziim, naiteks Single routine (Uksik tavavarving)

Aruande Ulaosas kuvatakse koikide tsiikli objektiklaaside siltide kujutised. Aruande pdhiosa kuvab tsiikli
stindmuste ajad, numbrid ja kirjeldused. Sindmuse numbrit kasutab vajaduse korral Leica Biosystems
vigade jalgimiseks.

Lisateavet aruandeakna ja printimissuvandite kohta vt jaotisest 3.7 - Aruanded.
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0.5 Tsukli andmete aruanne

See aruanne, mis on loodud kuvalt Slide History (Objektiklaasi ajalugu), nditab samal alusel olevate
objektiklaaside andmeid kui hetkel valitud objektiklaas. Alus peab olema t66tlemise I6petanud ja lukust
avatud. Aruande loomiseks kldpsake nuppu Run details (Tsiikli andmed). Aruande (ilemine parempoolne
osa kuvab teavet jargmises tabelis.

Vali

Kirjeldus

TM seerianumber

Tsukli jaoks kasutatud to6tlusmooduli seerianumber

TM nimetus

Tsukli jaoks kasutatud to6tlusmooduli nimi

Objektiklaaside alus

Tsiklis kasutatud objektiklaaside varvimiskambri number

Algusaeg

Tsikli kaivitamise kuupaev ja kellaaeg

Tsiikli kaivitas

Tsukli kdivitanud isiku kasutajanimi

Iga tsiiklis oleva objektiklaasi kohta naitab aruande pdhiosa objektiklaasi sildi kujutist ja jargmist teavet.

Vali

Kirjeldus

Objektiklaasi ID

BOND-i slisteem maarab igale objektiklaasile unikaalse identifikaatori

Objektiklaasi looja

Objektiklaasi loonud isiku kasutajanimi vdi vajaduse korral ,LIS”

Juhu nr BOND-i tarkvara genereeritud kordumatu juhu identifikaator
Koe tiilip Testkude, positiivne kontrollkude voi negatiivne kontrollkude
Jaotusmaht Jaotatud reaktiivi maht (vt jaotist 6.5.8 - Jaotusmahud ja koe asend

objektiklaasidel)

Patsiendi nimi

Patsiendi identifikaator

JuhuID

Juhu identifikaator sisestati objektiklaasi seadistamisel

Varvimisprotokoll

Kasutatav varvimisprotokolli

Ettevalmistus

Kasutatav ettevalmistuse protokolli (kui see on olemas)

HIER-i protokoll

Kasutatav HIER-i protokolli (kui on olemas)

Ensiiimiprotokoll

Kasutatav enstilimide toomise protokolli (kui on olemas)

Denaturatsioon

Ainult ISH puhul kasutatav denaturatsiooni protokoll (kui see on olemas)

Hibridisatsioon

Ainult ISH puhul kasutatav hiibridisatsiooniprotokoll (kui on olemas)

LIS-i viide [2 kuni 7]

Taiendav LIS-i viiteteave siisteemide kohta, kuhu on installitud LIS-ip (vt
jaotist 11.2.6 - LIS-i objektiklaasi andmevéljad)

Varvimine

Kasutatav varvimisreZiim, néiteks Single routine (Uhekordne
tavavarvimine)

Lopetamise olek

Naitab, kas objektiklaasi toodeldakse, kas see on I6petatud voi kas seda
hinnatakse. Samuti, kas teatati teavitussiindmustest.

Kommentaarid

Kommentaarid saab sisestada objektiklaasi atribuutidesse igal ajal
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Vali

Kirjeldus

Allkirjastamine:

Allkirjavali on prinditud paberkandjal reserveeritud koht, kus jarelevaataja
objektiklaase allkirjastada

Kasutatud reaktiivid (v

i eelistatav komplekt, mis sisaldab segareaktiivi koostisosi)

UPI

Iga selle objektiklaasi jaoks kasutatava reaktiivi voi eelistatud komplekti
kordumatu pakendiidentifikaator

Nimi Selle objektiklaasi jaoks kasutatud reaktiivi vdi eelistatud komplekti nimi
Avalik nimi Avalik nimi, siisteemidele, kuhu on installitud LIS-ip
Partii nr Selle objektiklaasi jaoks kasutatud reaktiivi voi eelistatud komplekti partii

number

Aegumiskuupéaev

Selle objektiklaasi jaoks kasutatud reaktiivi voi eelistatud komplekti
aegumiskuupaev

Lisateavet aruandeakna ja printimissuvandite kohta vt jaotisest 3.7 - Aruanded.

9.6

Juhu aruanne

Selles aruandes kuvatakse iga objektiklaasi andmed samas juhus kui hetkel valitud objektiklaas. Aruande
saab luua kuvalt Slide setup (Objektiklaasi seadistamine), kuvalt Slide History (Objektiklaasi ajalugu) ja
dialoogiaknast Slide Identification (Objektiklaasi tuvastamine). Juhu aruande tilemises paremas nurgas
kuvatakse jargmises tabelis olev teave.

Vali

Kirjeldus

Juhu ID

Juhu identifikaator sisestati objektiklaasi seadistamisel

Patsiendi nimi

Patsiendi nimi

Juhu kommentaarid

Lisateave juhu kohta

Arst

Patsiendi eest vastutava arsti v6i suunava patoloogi nimi

Arsti kommentaarid

Arsti lisateave

Loodud

Juhu loomise kuupéev ja kellaaeg

Juhu nr

BOND-i siisteemi genereeritud kordumatu juhu identifikaator

Aruande poéhiosa kuvab juhu iga objektiklaasi kohta jargmise teabe.

Vali

Kirjeldus

Objektiklaasi ID

BOND-i siisteem maarab igale objektiklaasile unikaalse identifikaatori

Objektiklaasi looja

Objektiklaasi loonud inimese kasutajanimi voi vajaduse korral ,LIS".

Tsikkel

Tsikli number, milles objektiklaasi toodeldi

Tsukli kaivitas

Tsukli kdivitanud isiku kasutajanimi

Koe tllp

Testkude, positiivne kontrollkude voi negatiivne kontrollkude
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Vali

Kirjeldus

Jaotusmaht

Jaotatud reaktiivi maht (vt jaotist 6.5.8 - Jaotusmahud ja koe asend
objektiklaasidel)

Varvimisprotokoll

Kasutatav varvimisprotokolli

Ettevalmistus

Kasutatav ettevalmistuse protokolli (kui see on olemas)

HIER-i protokoll

Kasutatav HIER-i protokolli (kui on olemas)

Enstiimiprotokoll

Kasutatav ensiiimide toomise protokolli (kui on olemas)

Denaturatsioon

Ainult ISH puhul kasutatav denaturatsiooni protokoll (kui see on olemas)

Hibridisatsioon

Ainult ISH puhul kasutatav hiibridisatsiooniprotokoll (kui on olemas)

LIS-i viide (2 kuni 7)

LIS-i viiteteave siisteemide kohta, kuhu on installitud LIS-ip (vt jaotist
11.2.6 - LIS-i objektiklaasi andmevaljad)

Varvimine

Kasutatav varvimisreziim, néiteks Single routine (Uhekordne
tavavarvimine)

Lopetamise olek

Naitab, kas objektiklaasi toodeldakse, kas see on I6petatud voi kas seda
hinnatakse. Samuti, kas teatati teavitussiindmustest.

Kommentaarid

Kommentaarid saab sisestada objektiklaasi atribuutidesse igal ajal

Allkirjastamine:

Allkirjastamine on prinditud paberkandjal reserveeritud koht, kus
jarelevaataja saab allkirjastada hinde ja kommentaarid

Kasutatavad reaktiivid

UPI Iga objektiklaasi jaoks kasutatava reaktiivi kordumatu
pakendiidentifikaator

Nimi Iga selle objektiklaasi jaoks kasutatud reaktiivi nimi

Avalik nimi Avalik nimi, siisteemidele, kuhu on installitud LIS-ip

Partii nr Objektiklaasi jaoks kasutatud reaktiivi partiinumber

Aegumiskuupéaev

Objektiklaasi jaoks kasutatud reaktiivi aegumiskuupaev

Lisateavet aruandeakna ja printimissuvandite kohta vt jaotisest 3.7 - Aruanded.

9.7

Protokolli aruanne

Valitud objektiklaasidel kasutatud protokollide aruannete loomiseks valige objektiklaas ja klopsake
Protocol report (Protokolli aruanne). Valige objektiklaasil kasutatavate protokollide hulgast soovitud
protokoll ja kldpsake aruande loomiseks nuppu Report (Aruanne). Aruande kirjeldust vt jactisest

7.5 - Protokolliaruanded.
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9.8  Objektiklaaside kokkuvote

Objektiklaaside to6tlemise kokkuvdte naitab kindlaksmaaratud ajavahemiku jooksul alustatud
tootlemisega objektiklaaside arvu. Teave kuvatakse nii tabelina kui ka graafilises vormingus
kindlaksmaaratud aja jooksul toodeldud objektiklaaside arvuna ihiku kohta.

Toodeldud objektiklaaside arvu esitamiseks klopsake valikut Slide summary (Objektiklaaside kokuvote)
kuval Slide history (Objektiklaaside ajalugu), et avada dialoogiaken Slide summary (Objektiklaaside
kokkuvote).

Valige rippmentiiist Processing module (T66tlusmoodul) kas konkreetne t66tlusmoodul oma nimega véi
All (K&ik) (kdik toctlusmoodulid voi BOND-ADVANCE'is kdik tootlusmoodulid liksuses, millega
klientrakendus on praegu seotud).

Viljal Resolution (Resolutsioon) valige ajaiihik, mida kasutada alustatud objektiklaaside arvu esitamiseks,
nt Day (P&ev) koostab aruande, mis naitab kindlaksmaaratud ajaperioodi jooksul iga p&dev alustatud
objektiklaaside arvu, samas kui Month (Kuu) néitab iga kuu selle perioodi jooksul alustatud
objektiklaaside arvu.

Maérake kuupdevad To (Kuni) ja From (Alates). Valjal Resolution (Resolutsioon) méaéaratud ajaiihik algab
kuup&evast From (Alates) ja kestab, kuni on tistihikutes kuupdeva To (Kuni) lahedal, kus perioodi
I6petamiseks vdib olla vajalik osalihik.

Aruande eelvaate kuvamiseks kiépsake Generate (Genereeri).

Lisateavet aruandeakna ja printimissuvandite kohta vt jaotisest 3.7 - Aruanded.
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9.9

Klopsake kuval Slide history (Objektiklaaside ajalugu) nuppu Export data (Ekspordi andmed), et luua fail,

Andmete eksportimine

mis sisaldab kdigi valitud kuupdevavahemikus to6tlemise |6petanud objektiklaaside liksikasju.

Eksporditud fail on standardses komadega eraldatud vaéartuste (csv) failivormingus ja faili on lihtne
importida kolmanda osapoole tabelarvutusrakendusse, nagu Microsoft Excel. Parast arvutustabelisse
importimist esitatakse andmed vormingus, mis véimaldab (s6ltuvalt arvutustabeli funktsionaalsusest)
sortimist, otsingut ning kohandatud aruannete ja graafikute loomist.

Iga valitud kuup@evavahemikus oleva objektiklaasi kohta lisatakse eksporditud failile jargmine teave.

Tootlemise kuupaev
TM seerianumber
Objektiklaasi ID
Tsukli kaivitas
Markeri UPI

Markeri UPI 2

Patsiendi nimi

Koe tiilip (testkude vdi positiivne voi negatiivne

kontrollkude)

Olek

Kommentaarid
Ettevalmistusprotokolli nimi
HIER-i protokolli nimi
Ensiiimiprotokolli nimi

Denaturatsiooni protokolli nimi

Hiibridisatsiooniprotokolli nimi

Varvimisprotokolli nimi
HIER-i protokolli nimi 2
Enstiiimiprotokolli nimi 2

Denaturatsiooni protokolli nimi 2

T66tlusmooduli vahekaardid
Run ID (Tstikli D)
Objektiklaasi looja
Varvimine

Markeri nimi

Markeri nimi 2

Juhu ID

Arst

Jaotusmaht

Ettevalmistusprotokolli versioon
HIER-i protokolli versioon
Ensitimiprotokolli versioon

Denaturatsiooni protokolli
versioon

Hibridisatsiooniprotokolli
versioon

Varvimisprotokolli versioon
HIER-i protokolli versioon 2
Ensliimprotokolli versioon 2

Denaturatsiooni protokolli
versioon 2
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« Hiubridisatsiooniprotokolli nimi 2 « Hubridisatsiooniprotokolli
versioon 2

« Varvimisprotokolli nimi 2 « Varvimisprotokolli versioon 2

o Tuvastamissiisteemi nimi « Tuvastussiisteemi seerianumber

o Tuvastussiisteemi nimi 2 « Tuvastussiisteemi seerianumber
2

ﬁ Veerud pealkirjas nr 2 on olulised ainult jarjestikuse kaksikvarvimisega objektiklaaside puhul; need
maaratlevad selle objektiklaasi teise varvimisega seotud teabe.

Objektiklaasi andmete eksportimiseks kasutage jargmist protseduuri.

1. Valige vajalik kuupdevavahemik (vt jaotist 9.2 - Objektiklaasi valimine).
2. Kldpsake nuppu Export data (Ekspordi andmed).
3. Valige koht faili salvestamiseks, kui seda kiisitakse.

Fail salvestatakse allalaadimiskausta (voi valige teise kausta salvestamiseks nupp Save as
(Salvesta kui).

Salvestatud faili saab avada standardses tabelarvutusprogrammis, néiteks Microsoft Excelis, ja seda
saab kasutada rakenduses saadaolevate funktsioonide kohaselt. Faili avamisel peate v6ib-olla maarama
moned failiparameetrid. Fail on csv-vormingus, parameetrid on jargmised.

« FailitiiGp on eraldajatega
« Eraldaja voi eristaja on koma
« Kasutage iildist veeruvormingut.

ﬁ Markus. Eksporditud objektiklaasi andmetes olev to6tlemise algusaeg ei vasta tépselt objektiklaasi ajaloo

algusajale. Objektiklaasi ajaloo ekraanil kuvatav algusaeg on tsiikli kdivitamise nupu 5 | vajutamise
kellaaeg. Kuid eksporditud andmetes kajastatud aeg on aeg, millal tsiikkel to6tlusmoodulis tegelikult
kaivitus.
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9.10 Objektiklaaside ltuhike ajalugu

Liihikeses objektiklaaside ajalooaruandes kuvatakse teave koigi toddeldud (v6i veel téodeldavate)
Uksuses olevate objektiklaaside kohta ajavahemiku jooksul, mida kasutati objektiklaaside valimiseks
kuval Slide history (Objektiklaaside ajalugu). Aruandel on véljalogimisala ja seda saab kasutada
toodeldud objektiklaaside kirjena.

Liihikese objektiklaaside ajalooaruande loomiseks avage kuva Slide History (Objektiklaaside ajalugu)
ning valige kuupé&ev ja kellaaeg From (Alates) ja To (Kuni), et kuvada kdik selle aja jooksul t66deldud
Uiksuses olevad objektiklaasid (vt 9.2 - Objektiklaasi valimine). Aruande loomiseks kidpsake valikut Brief
slide history (Liihike objektiklaaside ajalugu).

Suure analiiiisivdimekusega laborites voib kuva Slide History (Objektiklaaside ajalugu) vaikeajavahemik
sisaldada tuhandeid objektiklaase. Selle arvu objektiklaaside kohta aruande loomiseks kulub minuteid -
kaaluge véimaluse korral lihemate ajavahemike maaramist, mitte vaikesatte aktsepteerimist.

Aruanne sisaldab iga objektiklaasi kohta jargmisi andmeid.

« JuhuID » Koe tlilip

« Patsiendi nimi « Jaotusmaht
o Objektiklaasi ID o Olek

o Marker « Viljalogimine
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10. Haldus-klientrakendus
(BOND-i kontrolleril

Kogu stisteemi BOND (ildine konfiguratsioon (v.a protokollid ja reaktiivid) viiakse labi eraldi
tarkvararakenduses, haldus-klientrakenduses. Haldus-klientrakenduse saavad kéaivitada ainult
administraatori rolliga kasutajad, kellele on kdik funktsioonid saadaval.

Haldus-klientrakendusel on jargmised kuvad, mis on avatavad ikoonidest klientrakenduse (ilaosas oleval
funktsiooniribal.

Sattings Hardware Help Log out

3 ) & 6) 0

« 10.1 - Kasutajad
e 10.2-LIS

« 10.3-Sildid

. 10.4-BDD

« 10.5- Satted

« 10.6 - Riistvara
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10.1 Kasutajad

BOND-i siisteemi kasutajaid hallatakse haldus-klientrakenduse kuval User management (Kasutajate
haldus). Saate kasutajaid luua, redigeerida ja keelata. Te ei saa kasutajaid kustutada — need jaavad
slisteemi alatiseks. Kuid saate kasutajad keelata, keelates nende juurdepaasu kummalegi
klientrakendusele.

Lubatud kasutajatel on rollid, mis annavad neile tarkvaras erinevad digused. Haldus-klientrakenduse
saavad avada ainult administraatori rolliga kasutajad (milles nad saavad taita k&iki funktsioone).
Operaatorirolliga kasutajad saavad registreerida reaktiive, seadistada ja to6delda objektiklaase ning luua
aruandeid, kuid ei saa redigeerida reaktiivi andmeid, reaktiivipaneele ega protokolle. Jarelevaataja rollis
kasutajatel on kdik operaatori digused, kuid nad saavad redigeerida ka reaktiivide andmeid, paneele ja
protokolle. Kasutajatel vdib olla mitu rolli.

1 2 3 4
User management
Show users Add user
Dl\)salla\:user 5
o 6
L o]
10 9 8 7
Seletus Seletus
1 Koigi BOND-i kasutajate loend 7 Reset (Ldhtestamine)
2 Filtreerige kdigi kasutajate kuvamiseks voi Salvestamata muudatuste tagasivotmine
lihtsalt lubatud v6i keelatud kasutajate 8 Save (Salvestamine)
kuvamiseks Praeguse kasutaja muudatuste salvestamine
Valitud kasutaja andmed 9 Praegu valitud kasutaja — tema andmed on
4 Paroolinduete teade naidatud kuva paremal servas
Disable user (Kasutaja keelamine) 10 Add (Lisa)
Praegu valitud kasutaja keelamine (v&i uuesti Kldpsake ekraani paremal asuvate viljade
lubamine) tiihjendamiseks, et lisada uuele kasutajale
andmeid

6 Roles (Rollid)
Valige kasutaja rollid

joonis 10-1: Kuva User management (Kasutajate haldus)
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Iga uus kasutaja vajab kasutajanime ja parooli. Need on vajalikud kliinilisse ja haldus-klientrakendusse
sisselogimiseks. Kui kasutaja on loodud, ei saa kasutajanime muuta, kuid parooli saab muuta. Kasutaja
saavad BOND-i sisselogimisdialoogides igal ajal oma parooli muuta ja administraator saab seda muuta
ka kuval User Management (Kasutajate haldus). Parool peab koosnema 4-14 margist ja sisaldama
vahemalt Giht numbrit.

Paroolid on tundlikud suurte ja vaikeste tdhtede suhtes ning soovitatav on kasutada nii suur- kui
vaiketahti. BOND-i tarkvara valideerib paroolid nende muutmisel; te ei saa parooli salvestada enne, kui see
vastab miinimumnduetele. Arge jagage paroole teiste todtajatega. Kui olete seadmest eemal, logige alati
oma kontolt vilja.

Muud kasutaja andmed (antud ja perekonnanimed ja ametinimetus) on valikulised. Need kuvatakse
logides ja aruannetes.
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10.2 LIS

Enamik LIS-i konfiguratsioone viiakse 1abi hoolduspersonali poolt, kui BOND-i LIS-ip on installitud, kuid
kasutajad saavad kasutada vaikest hulka konfiguratsioonisuvandeid kuval LIS configuration (LIS-i
konfiguratsioon). Kuval on ka veateadete logi.

LIS configuration

You require a license for the BOND LIS-ip, activated with a password provided by Leica Biosystems.
1 License: AAAAAAAAA
2 Duplicate case ID: Resurrect existing case -
3 Force LIS printing in BOND:
4 Enable LIS to update LIS slides 7
5 Enable unprocessed LIS slide lfetime: sy 1

Log messages

orosarLowi Jiogemny Jsoume |

View log 8

1

License (Litsents)
Naitab LIS-ip litsentsi parooli.

Duplicate case ID (Duplikaadijuhu ID)

Maérake toiming juhtude puhul, millel on
sama juhu ID kui olemasolevatel juhtudel.

Force LIS printing in BOND (Sunni LIS-i
printima BOND-is)

Tagab, et kdik LIS-i objektiklaasid prinditaks
BOND-i poolt. Vt jaotist 11.7 - Objektiklaaside
sildid.

Enable LIS to update LIS slides (Luba LIS-i
varskendada LIS-i objektiklaase)

Kirjutab ile (varskendab) t66tlemata
objektiklaasid, kui LIS saadab sama
vootkoodi ID-ga objektiklaasid uuesti. Kui
see séte on keelatud, keeldub BOND LIS-i
katsetest sama vootkoodi ID uuesti
kasutamiseks.

5 Enable unprocessed LIS slide lifetime

(hrs) (Luba tootlemata LIS-i objektiklaasi
eluiga (h))

Kustutab LIS-ist saadud objektiklaasid,
mida ei ole to6deldud sisestatud tundide
jooksul.

Log Messages (Logiteated)

Kuvatakse loendina, kui kldpsate nuppu
View log (Vaata logi) (vt paremal).

Edit LIS data fields (Regigeeri LIS-i
andmevilju)

Konfigureerige objektiklaasi andmete
kuvamine BOND-is.

View log (Logi kuvamine)

Saate kuvada vigade loendi, mis tulenevad
kas LIS-i sdnumitest, mis on saadetud
BOND-ile vbi vastused BOND-It LIS-i
sonumitele. Kldpsake uuesti, et loendit
hiljutiste vigadega varskendada.

joonis 10-2: Kuva LIS configuration (LIS-i konfiguratsioon)
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Litsents

Teil on vaja litsentsi BOND LIS-ip jaoks, mis aktiveeritakse parooliga, mille on andnud Leica Biosystems.
Tavaliselt sisestab parooli teile LIS-i ip-lihendust seadistav hoolduspersonal, kuid kui mitte, siis kuvatakse
ainult véli License (Litsents). Sisestage parool, et LIS-i ip-funktsioon sisse lilitada ja ndha
konfiguratsioonivalikuid ning logi, mida kuvab joonis 10-2.

Duplikaadijuhu ID

Kasutage satet Duplicate case ID (Duplikaatjuhu ID), et seadistada, kuidas lahendada LIS-ist vastu voetud
juhte sama juhu ID-ga, mis on aegunud voi kustutatud LIS-i juhud juba BOND-i siisteemis. (Kui LIS-i juhul
on sama juhu ID kui olemasoleval BOND-i juhul, st BOND-i siisteemis loodud juhul, likatakse see
automaatselt tagasi.) Saadaval on kaks valikut.

« Resurrect existing case: (Taasta olemasolev juht): kui uue juhu vastuvotmisel on selle patsiendi
nimi sama kui olemasoleval juhul, siis olemasolev juht taastatakse (st seda kasutatakse uuesti).
Kui uuel juhul on sama juhu ID, kuid teise patsiendi nimi, likatakse see tagasi.

Kui arsti nimi on muutunud, kasutatakse uut nime.

« Tagasiliikkamisteade: uut LIS-i juhtu ei edastata BOND-i siisteemi. See teade logitakse LIS-i. Peate
muutma LIS-is juhu ID-d ja saatma juhu uuesti.

Kui soovite teavet juhu ID-de duplikaatide kasitlemise kohta mitte-LIS-i juhtudes, vt jaotist 6.3.4 - Juhu
dubleerimine, taastamine ja aegumine. LIS-i juhtude kohta Uldteavet vt jaotisest 11.2.2 - LIS-i juhud.

LIS Slide Data Fields (LIS-i objektiklaaside andmeviljad)

BOND-i LIS-ip-installatsiooni saab konfigureerida nii, et LIS saadab BOND-i siisteemi iga objektiklaasi
kohta kuni seitse parameetrit. Need on ainult vaatamiseks ja kuvatakse vahekaardil LIS dialoogiaknas
Slide properties (Objektiklaasi atribuudid). Kuigi nende parameetrite péhikonfiguratsiooni teostab
hooldustehnik, saate valida parameetrivéljade peitmise ja maarata nende véljade nimed.

Markige valjad, mida soovite kuvada, ja sisestage valjade nimed.
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10.3  Sildid

Kasutage kuva Label templates (Sildimallid), et luua ja redigeerida objektiklaasisiltide malle ning valida
kasutatavad mallid.

BOND-i siisteemis on kaheksa mallitiitipi, kasutamiseks kaheksa objektiklaasitiilibiga:

o BOND:-i ihekordne varvimine

« BOND-i Oracle

» BOND:-ijarjestikune kaksikvarvmine
« BOND:-i paralleelne kaksikvarvimine
o LIS-i ihekordne varvimine

o LIS-i Oracle

o LIS-ijarjestikune kaksikvarvimine

o LIS-i paralleelne kaksikvarvimine

BOND-i mallid on mdeldud BOND-i siisteemis loodud objektiklaasidele ja LIS-i mallid objektiklaasidele, mis
on loodud LIS-is, kuid prinditud BOND-i slisteemist.

Iga objektiklaasi tiilibi kohta on kolm eelméaratletud malli (2D-v66tkood, 1D-v66tkood ja OCR). Neid ei
saa redigeerida ega kustutada. Joonisel 10.5.2 - Juhu ja objektiklaasi satted ndidatud sate BOND label ID
(BOND-i sildi ID) maérab vaikimisi kasutatava malli; OCR-i v6i 2D-vo6tkoodi.

Bond 5.1-It BOND 6.0-le vbi uuemale versioonile tileminekul sailitatakse olemasolevad vaikemallid, samuti
muutuvad kasutamiseks kattesaadavaks 2D-vootkoodi mallid.

Kui teie BOND-i siisteemi uuendati varasemalt versioonilt, saate jatkata olemasoleva voodtkoodiskanneri
kasutamist. Kuid see varasem mudel ei toeta 2D-vo6tkoode.

Teise malli kasutamiseks objektiklaasi tiilibi jaoks kopeerige vaikemall ja redigeerige tulemuseks saadud
skasutajamalli”. Seejarel aktiveerige see, et muuta see malliks, mida BOND-i slisteem seda tiiiipi
objektiklaaside puhul kasutab. Saate luua igale objektiklaasitiitibile mis tahes arvu malle, kuid korraga
saab aktiveerida ainult Ghe.

Lisage siltidele alati piisavalt teavet, et tagada, et kui sildi automaatne
identifitseerimine ebadnnestub, saab silte kasitsi tuvastada. Leica Biosystems
soovitab, et kdik objektiklaasid sisaldaksid jargmisi valju:

« Juhu ID voi patsiendi nimi
« Objektiklaasi ID, kui kasutatakse vootkoode

« Koetiilip — kontrollkudede tuvastamiseks ja
« Marker — kasutatav primaarne antikeha voi proov.
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1
Label templates
slide type: BOND single stain Bl  Ssiide label designer
2 7
T ] I 12345678 |
" 12/12/2016 |
. *mARK(1)
Mr. J. Citizen :
AIHC A (+) :
Dr. Jones :
5
= 4 [+ ]
[ e ] =
4 6
Seletus Seletus
1 Slide type (Objektiklaasi tiilip) 5 Redigeerimispaan vasakul valitud malli
Valige objektiklaasi tiilip — koiki selle tiilibi paigutusega
malle nédidatakse allpool paanil 6 Malli redigeerimise kdsud — vt jaotist joonis
2 Aktiivhe mall (Sinise |innukesega) 10-5 - Sildi malli redigeerimise kasud
3 Valitud mall, mida kuvatakse paremal oleva 7 Template properties (Malli atribuudid)
paani redigeerimisel Praegu valitud mallipaigutuse atribuudid

tervikuna (ainult vaatamine, kuni kldpsate

4 Mallihalduse kdsud - vt jaotist joonis 10- ) ) "
vasakpoolsel paanil nuppu Redigeeri)

4 - Sildimalli halduse kasud

joonis 10-3: Kuva Label templates (Sildimallid)

1 2 3 4

3 3 3 3

Seletus Seletus
1 Maarab hetkel valitud malli, mida 3 Redigeerige praegu valitud malli, kasutades
kasutatakse hetkel valitud objektiklaasittilibi redigeerimise paani ja kdske ekraani
kdigi objektiklaasisiltide jaoks. paremal. Vaikemalle ei saa redigeerida.
2 Kopeerige praegu valitud mall uue 4 Kustutab praegu valitud malli. Vaikemalle ei
kasutajamalli loomiseks. saa kustutada.

joonis 10-4: Sildimalli halduse kasud
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Label templates
Slide type: - Slide label designer
[ ingle stain 10 Template name: ~ BOND single stain 20_1
o e i
Width: 21.0820000807444
il e e e sl M- R f Show outlines: 2
: I 12345678 .
[ | 1 Field name Staining protocol
’ : 12/12/2016 | == = 3
: :
' - . Font wainaron [l
+ *mARK(1) P 4
, e
Mr J C]tlzen 1 Weight: Extra Light -
8 H + g Agnment Left -
:
- ]
_____________________ ]
= 4
=n
7 6 5
Seletus Seletus

1 Template properties (Malli atribuudid) 5 Choose fields (Viljade valimine)

Sisestage malli nimi ja suurus Avage dialoogiaken Choose fields (Véljade

2 Show outlines (Naitab piirjooni) valimine), et paigutusele vilju lisada v&i neid

o . o sealt eemaldada.
Kuvamisvdlja piirjooned redigeerimise
paanil Print (Printimine)

3 Field selection (Vilja valimine) Prindib praeguse paigutuse valitud printeril
Valige vilja tiilip, et see redigeerimispaanil Liugnupp demosildi suurendamiseks ja
esile tdsta. Sisestage viljale demotekst. véhendamiseks

4 Text properties (Teksti atribuudid) Parajasti valitud véli — konfigureerige see
Valitud vélja tekstiatribuutide paanil Text Properties (Teksti atribuudid)
konfigureerimine paremal. Laiuse muutmiseks lohistage

kaste mdlemas otsas vdi kogu vélja
imberpaigutamiseks.
Sildi ID vdi vootkoodi vali — suurust ei tohi
muuta
joonis 10-5: Sildi malli redigeerimise kasud
Vit ka:

o 10.3.1 - Objektiklaaside mallide loomine, redigeerimine ja aktiveerimine

10.3.2 - Teabetlubid
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10.3.1 Objektiklaaside mallide loomine, redigeerimine ja
aktiveerimine

Uute mallide loomiseks kopeerige olemasolevad mallid ja redigeerige neid voi muutke olemasolevaid
kasutajamalle (kuid mitte vaikemalle). Aktiveerige mall, et muuta see siisteemist BOND prinditavate
siltide jaoks kasutatavaks.

e 10.3.1.1 - Uue malli loomine
o 10.3.1.2 - Malli redigeerimine
o 10.3.1.3 - Malli aktiveerimine

10.3.1.1 Uue malli loomine

1. Valige objektiklaasi tiitip, mille jaoks uus mall luuakse.
Kuvatakse koik objektiklaasittilibi olemasolevad mallid.

2. Valige kopeeritav mall (valige mall, mis on kdige sarnasem sellega, mida soovite luua).
3. Klopsake Copy (Kopeeri).

ﬁ 1D-vo6tkoodiga malli kopeerimine loob uue 1D-vootkoodiga kasutajamalli.

2D-vootkoodiga malli kopeerimine loob uue 2D-vootkoodiga kasutajamalli.

OCR-iga malli kopeerimine loob uue OCR-iga kasutajamalli.

10.3.1.2 Malli redigeerimine

1. Valige vasakult paanilt mall ja kldpsake Edit (Redigeeri).
Ekraani paremas osas olev redigeerimise paan, nupud ja atribuudiloendid on lubatud, et saaksite
redigeerida malli paigutust, mis kuvatakse redigeerimise paanil.

2. Vilja piirjoonte vaatamiseks redigeerimispaanil vdite valida kdsu Show outlines (Kuva piirjooned)
(redigeerimispaani jaotises Template properties (Malli atribuudid), Gleval paremal).

3. Sisestage malli nimi jaotises Template properties (Malli omadused).

ﬁ Siltide mallide nimedele kehtib 64-kohaline piirang, samuti kdik sama objektiklaasitiilibi
kategoorias kasutatud nimed peavad olema kordumatud.

4. Redigeerige paigutust:

i. Valjade eemaldamine voi lisamine — kiGpsake Select fields (Vali véljad) ja valige
kuvamiseks objektiklaasi atribuudid (vt jaotisest 10.3.2 - Teabetiilibid kdikide saadaolevate
atribuutide loendit).

Pange tédhele, et automaatseks tuvastamiseks kasutatavat valja Label ID (Siltide ID) ei saa
eemaldada.

ii. Valjade paigutamine - valige ja lohistage valju redigeerimise paanil.
iii. Valjade laiuse muutmine — lohistage kastikesi valjade mélemas otsas. (Véljade kdrgused
madratakse teksti fondi suurusega.)
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Kui valitud vélja laius ei ole malli kasutamisel konkreetsel sildil oleva vaartuse jaoks piisavalt
suur, kdrbitakse tekst ja ellipsi punktid lisatakse nii, et on selge, et on toimunud karpimine.

t’ Vilja Label ID (Siltide ID) suurust ei tohi muuta — see peab jadma vaikesittele, et
tootlusmooduli pildistaja saaks seda lugeda.

iv. Teksti atribuutide seadistamine - valige véli ning méaarake selle font ja fondi suurus, stiil ja
kaal jaotises Text properties (Teksti omadused). Samuti seadistage viljal teksti
joondamine.

t’ Vilja Label ID (Sildi ID) fondi atribuute ei saa muuta — see peab jadma vaikesattele, et
tootlusmooduli pildistaja saaks seda lugeda.

5. Kldpsake Save (Salvesta).

6 Veenduge, et vélja Label ID (Sildi ID) (imber oleks vaba ruumi. Kui tekstile tekib selle ala mis tahes
muudelt véljadelt takistus, voib see hairida automaatset tuvastamist.

10.3.1.3 Malli aktiveerimine

1. Valige vasakult paanilt mall ja kidpsake Activate (Aktiveeri).
Mall on margitud sinise linnukesega, mis naitab, et see on niiid aktiivne.
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10.3.2 Teabetuubid

Sildimalle saab konfigureerida kuvama mis tahes jargmist objektiklaasiteavet, mis on valitud kuva Labels
(Sildid) dialoogiaknast Choose fields (Viljade valimine).

Vilja Label ID (Sildi ID), mida kasutatakse automaatseks tuvastamiseks, ei saa tihestki mallist

eemaldada.

See kuvatakse vootkoodina voi tahemargina, olenevalt siisteemi sattest.

Vali

Kirjeldus

Juhu ID

Objektiklaasi juhu ID (N.B., mitte juhu number - vt 6.3.2 - Juhu
identifitseerimine).

Objektiklaasi looja

Objektiklaasi loonud isiku kasutajanimi vdi vajaduse korral ,LIS"

Denaturatsiooni protokoll

Denaturatsiooni protokolli liihend.

Denaturatsiooni protokoll
2

Teise denatureerimisprotokolli lihend (voib olla vajalik
kaksikvarvimise protokollide puhul).

Jaotusmaht

100 pl vdi 150 pl jaotusmaht.

Arsti kommentaar

BOND:-i siisteemis salvestatud kommentaar suunava arsti kohta (vt
jaotist 6.4 - Arstide haldamine).

Arst

Suunava arsti nimi.

EIER-i protokoll

Enstidmiprotokolli lihend.

EIER-i protokoll 2

Teise ensiiimiprotokolli liihend (v&ib olla vajalik kaksikvarvimise
protokollide puhul).

Asutus

Asutuse nimi, mis on sisestatud viljale Facility (Asutus) haldus-
klientrakenduse kuval Laboratory settings (Laborisatted) — vt jaotist
10.5.1 - Laborisatted.

HIER-i protokoll

HIER-i protokolli liihend

HIER-i protokoll 2

Teise HIER-i protokolli liihend (voib olla vajalik kaksikvarvimise
protokollide puhul).

Hubridisatsiooniprotokoll

ISH hibridisatsiooniprotokolli liihend.

Hubridisatsiooniprotokoll
2

Teise ISH hiibridisatsiooniprotokolli liihend (v6ib olla vajalik
kahekordsete varvimisprotokollide puhul).

LIS-i arsti kommentaar

LIS-ip tlilibiga siisteemide puhul LIS-i siisteemi arsti kommentaar.

LIS-i arst

LIS-ip stisteemide puhul arsti nimi.

LIS-i viide [2-8] BOND-i siisteemi imporditud LIS-i objektiklaasi omadused.
Vt jaotist 11.2.6 - LIS-i objektiklaasi andmevaljad.

Marker Primaarse antikeha voi proovi liihend ihekordse varvimise,
paralleelse kaksikvarvimise voi jarjestikuse kskdikvarvimise esimese
varvimise puhul.

Marker 2 Primaarse antikeha vdi proovi liihend kaksikvarvimise teise varvimise

jaoks.
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Vali

Kirjeldus

Kommentaar patsiendi
kohta

Juhu kommentaar (vt jaotist 6.3.3 - Juhu lisamine).

Patsient

Patsiendi nimi.

Ettevalmistusprotokoll

Ettevalmistusprotokolli Iihend.

Avalik nimi LIS-ip slisteemide puhul primaarse antikeha v&i proovi nimi (vt jaotist
11.2.4 - Avalikud markeri nimed) ihekordse vérvimise voi
kaksikvarvimise esimese varvimise puhul.

avalik nimi 2 LIS-ip sisteemide puhul primaarse antikeha vGi proovi nimi (vt jaotist

11.2.4 - Avalikud markeri nimed) kaksikvarvimise teise varvimise
puhul.

Objektiklaasi kommentaar

Objektiklaasi kommentaar (vt jaotist 6.5.2 - Objektiklaasi loomine).

Objektiklaasi kuupédev

Etiketi printimise kuupé&ev (liihike vorming, nagu on maaratud
Windowsi piirkonna ja keele suvandites (juhtpaneel)).

Objektiklaasi ID (OCR-
reziim)

4-kohaline tahtnumbriline objektiklaasi ID, mis on BOND-i siisteemis
oleval objektiklaasil unikaalne. See on sildi ID esimene osa.

Objektiklaasi ID
(vootkoodireziim)

8-kohaline numbriline objektiklaasi ID, mis on BOND-i siisteemis
oleval objektiklaasil unikaalne.

Objektiklaasi prioriteet

LIS-ip slisteemide puhul objektiklaasi prioriteetsuse hinnang.

Varvimisreziim

Uhekordne varvimine, kaksikvarvimine, diagnostiline vdi teranostiline
objektiklaas.

Varvimisprotokoll

Varvimisprotokolli lihend Gihekordse varvimise voi kaksikvarvimise
esimese varvimise jaoks.

Varvimisprotokoll 2

Varvimisprotokolli [ihend kaksikvarvimise teise varvimise jaoks.

Koe tlitup Testkude vdi positiivne voi negatiivne kontrollkude. BOND prindib
negatiivse kontrolli jaoks vilja (=), positiivse kontrolli jaoks (+) ja
testkoe jaoks mitte midagi.
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10.4 BDD

Kasutage kuva BDD update (BDD véarskendus), et varskendada BOND-i andmemaératlusi ja luua

kontrolljalje faile.

BDD update
Leica Biosystems periodically distributes BDD (BOND Dzla Definitions) updates on the web sile, e.g. to add newly released reagents.
2 File selected:
Import status: Successful
Update log
1 23-Aug-13 11:30:52AM  Information  Test management Finished ’
23-Aug-13 11:30:52 AM Started
23-Aug-13 11:31:49 AM Information Instrument management  Finished
23-Aug-13 11:31:49AM  Information ~ Case management Started
23-Aug-13 11:31:49AM  Information  Case management Finished
23-Aug-13 11:31:49AM  Information Rules management Started
23-Aug-13 11:31:49AM  Information  Rules management Finished
23-Aug-13 11:31:49AM  Information  Import SQL scripts Started
23-Aug-13 11:31:50 AM  Information Impart SQL scripts Finished
23-Aug-13 11:31:50 AM  Information Label management Started
23-Aug-13 11:31:51 AM  Information Label management Finished
23-Aug-13 11:31:54 AM Information BDD update Finished
Seletus Seletus

1 BDD vérskenduste logi

2 Valitud BDD-véarskendusfail

3 BDD varskendamise
edenemisriba ja olek

4 Browse (Sirvi)

Leidke BDD varskendusfail ja
avage see vasakul asuvale

vdljale

Vi

5 Load (Laadi)
Kldpsake, et installida BDD
varskendusfail vasakul olevale
véljale

6 Export audit trail (Ekspordi
kontrolljalg)
Kldpsake kontrolljélje failide

loomiseks -
10.4.2 - Kontrolljalg

joonis 10-6: Kuva BDD update (BDD varskendamine)

o 10.4.1 - BDD varskendused
o 10.4.2 - Kontrolljalg
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10.4.1 BDD varskendused

Leica Biosystems jagab regulaarselt BDD (BOND Data Definitions) varskendusi veebisaidil, nt uute
vdljaantud reaktiivide lisamiseks. BDD varskendusfailidel BOND 6.0 jaoks on faililaiend *.bdd. Installige
need varskendused kuvalt BDD update (BDD varskendused).

kajastavad nende piirkondade erinevaid maarusi. Veenduge, et installiksite oma
piirkonna jaoks Gige varskendusfaili (dialoogiaknas About BOND (Teave BOND-i
kohta) kuvatakse piirkonna teave, vt jaotist 3.9 - Teave slisteemi BOND kohta). Kui
te ei ole kindel, millist faili kasutada, votke (ihendust klienditoega.

2 Erinevate maailmapiirkondade jaoks on erinevad BDD varskendusfailid, mis

BDD varskenduse saate igal ajal installida.

1. Laadige varskendusfail BOND-i kontrollerisse (vdi mis tahes BOND-i terminali BOND-ADVANCE-i
siisteemides).

Avage haldus-klientrakenduses kuva BDD update (BDD varskendus).

Kldpsake nuppu Browse (Sirvi) ja otsige Windowsi dialoogiaknast Open (Avamine) varskendusfaili.
Klopsake BDD-faili kuvamiseks kuva tlal vasakul oleval valjal kdsku Open (Ava).

Klopsake Load (Laadi) mé&aratluste varskendamiseks uute andmetega.

Varskendamise jatkudes kirjutatakse teated varskendamise logisse Update log. Viimases reas
kuvatakse ,BDD varskendus: I6petatud”, kui varskendamine on |dpetatud, ja lilemise paani
edenemisriba all kuvatakse olek Successful (Onnestus).

o g A~ WM

Ainuke viis ndha, kas BDD varskendamine dnnestus, on kuval BDD update (BDD varskendus). Ainuke viis
naha, kas BDD varskendamine onnestus, on kuval BDD update (BDD varskendus). Protsess votab ainult
mone minuti, seetdttu soovitame oodata, kuni varskendamine 16peb, enne kui liigute teisele kuvale.

Kui varskendamine ebadnnestub, taastatakse andmete maaratluste varskendamise eelbe olek ja selle
kohta kuvatakse teade logis Update Log (Uuenduslogi). Kui vdrskendamine nurjub, votke tihendust
klienditoega.

10.4.2 Kontrolljalg

Saate luua kontrolljélje kdigist siisteemi muudatustest, sh sellest, kes muudatused tegi ja millal.
Kontrolljélg kirjutatakse mitmesse CSV-faili, igas failis on erineva kategooria teave. Failid kirjutatakse
kontrolleri kausta: BOND Drop-box\Audit\YYYYMMDD-HHmmss.

Kontrolljélje failide loomiseks tehke jargmist.

1. Avage kuva BDD update (BDD varskendus) ja kiopsake Export Audit trail (Ekspordi kontrolljalg).

2. Valige All data (K6ik andmed), et teha aruanne k&igist muudatustest siisteemi eluea jooksul, vi
Custom date range (Kohandatud kuupéevade vahemik) konkreetse perioodi maaramiseks, seejarel
madarake kuupéevad ja kellaajad From (Alates) ja To (Kuni).

3. Kldpsake nuppu Export (Ekspordi).
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10.5 Satted

Kuval Settings (Satted) on BOND iildised laborililesed siisteemisétted Laboratory settings (Laborisatted)
ja vaikejuhu ning -objektiklaasi satted ja to6voo suvandid (Case and slide settings (Juhu ja objektiklaasi
sétted)).

e 10.5.1 - Laborisatted
e 10.5.2 - Juhu ja objektiklaasi satted
e 10.5.3 - Andmebaasi varundamine

10.5.1 Laborisatted

Ma&éarake paanil Laboratory settings (Labori satted) iildised laborivalikud

Settings
Laboratory settings
Facility Tissue Test Labs 1
Play welcome | 2
Always dip test
Ready-to-use reagents
Reagent systems 3
Open containers
Database Backup
24-hr scheduled backup at (hrs) : 1:00 AM H 4
|5
Last backup failed | 6
Seletus Seletus
1 Facility (Asutus) 4 24-hr scheduled backup at (hrs)
Sisestage labori nimi, mis kuvatakse (Odpéevaringne varundamine (h))
aruannetes Maarake igapdevane automaatne

andmebaasi varundamine (24-tunnise
ajavorminguga) - vt 10.5.3 - Andmebaasi
varundamine.

2 Play welcome (Esita tervitus)

Esitab BOND-i tarkvara kaivitamisel

tervitusteade

. . . 5 Back up now (Varunda kohe)
3 Always dip test (Tee alati reaktiivitaseme o )
Kaivitab kohe andmebaasi varunduse —

kontroll) . _
. . - e 10.5.3 - Andmebaasi varundamine.
Kontrollib enne igat tsiiklit teatud tiilpi
reaktiivikanistrite taset — vt 8.3.1 - Reaktiivi 6 Teave viimase varundamise V0i
koguse maaramine edenemisriba kohta sel ajal, kui varundamine

on pooleli.

joonis 10-7: Kuva Settings (S&tted) Paan Laboratory settings (Laborisatted)
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10.5.2 Juhu ja objektiklaasi satted

Juhu ja objektiklaasi satted vdimaldavad teil maarata:

« mitme konfigureeritava vaartuse vaikevaartused juhu ja objektiklaasi loomisel
« t60voo suvandid juhu ja objektiklaasi loomisel.

Juhu ja objektiklaasi suvandite kirjeldusi vt jaotistest joonis 10-8 ja joonis 10-9.

Case settings

Processed case lifetime: 30| (days)

1 Default preparation: *Dewax ‘
2 Default dispense volume: 150 pL n
3 Cases and slides B2
4
5

Create daily case

| Create impromptu cases or slides:

Seletus Seletus

1 Default preparation (Vaike- 4 Processed case lifetime (T6odeldud juhu

ettevalmistamine)

Vaikimisi ettevalmistusprotokoll uute
juhtude jaoks.

Default dispense volume (Vaike-
jaotusmaht)

Vaike-jaotusmaht uute juhtude jaoks.

Create impromptu cases/slides
(Ettevalmistuseta juhu/objektiklaasi
loomine)

Maéarake suvandid juhtude ja/voi
objektiklaaside loomiseks parast
objektiklaaside laadimist — vt 6.8.2 - On-
Board objektiklaaside identifitseerimise
valikud.

nahtavusaeg)

Paevade arv, mille jooksul juht jaab
parast juhu viimase objektiklaasi
tootlemist objektiklaasi seadistuse
kuvale — vt 6.3.4.2 - Toodeldud juhu
nahtavusaeg.

Create daily case (Igapaevase juhu
loomine)

Looge automaatselt (iks juht iga paev
koigile sellel paeval t66deldud
objektiklaasidele - vt 6.3.7 - Pdevajuhu
voimalus.

joonis 10-8: Juhu sétted paanil Case and slide settings (Juhu ja objektiklaasi satted)
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Slide settings
1 Staining mode: Single n
Force printing in BOND v 3
2 BOND label ID OCR
+ Barcode
Seletus Seletus
1 Staining mode (Varvimisreziim) 3 Force printing in BOND (Sundprintimine
Uute objektiklaaside vaikesate — vt BOND-is)
6.5.2 - Objektiklaasi loomine. Lubab téodelda ainult BOND-is prinditud
2 BOND label ID (BOND-i sildi ID) siltidega objektiklaase — vt 6.8.2 - On-

Board objektiklaaside identifitseerimise

Maarake BOND-is loodud objektiklaaside .
valikud.

peamised sildi identifikaatorid 1D- vdi 2D-
vootkoodi voi tahtnumbrilise tekstina
(OCR).

joonis 10-9: Objektiklaasi sétted paanil Case and slide settings (Juhu ja objektiklaasi s&tted)

10.5.3 Andmebaasi varundamine

Andmebaas talletab kriitilise tdhtsusega patsienditeavet ja on BOND-i siisteemi digeks toimimiseks
hadavajalik, seega tuleb siisteem taastada, kui andmebaas on rikutud. BOND-i siisteemil on automaatse
ja kasitsi varundamise siisteem:

» automaatsed igapaevased varundused
« vajadusel kasitsi tehtavad varukoopiad

Kdik varundusfailid salvestatakse BOND-i kontrollerisse kausta:
B:\BOND Drop-box\Backups

Iga varunduse tiilibi jaoks luuakse kaks faili, mis on alati sama nimevorminguga:
[Facility name]_BOND_YYYY-MM-DD-HH-mm-ss

kus asutuse nimi on sisestatud haldus-klientrakenduse kuval Settings (Satted) (vt jaotist

10.5.1 - Laborisatted) (voi kui asutuse nime pole sisestatud, on see vaikimisi ,Facility”). Nimi sisaldab
varundamise kaivitamise kuupé@eva ja kellaaega. Pdhivarundusfaili laiend on .dump ja seal on ka logifail
laiendiga .log.

Automaatne igapaevane varundus t66tab ajal, mis on maaratud haldus-klientrakenduse kuval Settings
(Séatted) (10.5.1 - Laborisatted). Viimane varundus on kaustas Scheduled_Latest. See teisaldatakse
kausta Scheduled_1_Days_Old jargmise paeva varunduse ajal ja nii edasi jargmised kuus p&deva (kaustani
Scheduled_7_Days_0ld), mille jarel see kustutatakse.

Kui BOND-i kontroller on plaanitud varundamise ajal vélja lilitatud, siis varundamist ei kdivitata.
Veenduge, et maarate aja, mil kontroller on sisse lllitatud ja kui on ebatdené&oline, et t66tlusprotsess
tootab.
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Kasitsi varundust saab igal ajal kdivitada (v.a automaatse varundamise kaivitumisel) haldus-
klientrakenduse kuvalt Settings (Satted). KIopsake jaotises Database backup (Andmebaasi varundus)
nuppu Back up now (Varunda kohe) (vt jaotist 10.5.1 - Laborisatted).

Dialoogaken teavitab teid, kui varundamine on I6ppenud. Varundus- ja logifailid salvestatakse kausta
Manual (Késitsi). Jargmisel kéasitsi varundamisel edastatakse failid kausta Manual_Previous. Failid
kustutatakse parast kolmandat kasitsi varundamist, st salvestatakse ainult kaks uusimat kasitsi
varundamist.

Kui mis tahes tiilipi varundus ei dnnestu edukalt 16pule viia, ilmub haldus- ja kliinilise
klientrakenduse funktsiooniribast paremal ikoon. Ikoon jaab aktiivse varundamise I16puni. »
Ikooni ilmumisel pliidke varundada kasitsi esimesel véimalusel. Kui ka see ei dnnestuy, CE %I
vOtke kohe Gihendust klienditoega.

b—

Eriti vanemate BOND-i siisteemide puhul, kus on kogunenud rohkem andmeid, kontrollige

aeg-ajalt, kas varundusfailide jaoks on piisavalt ruumi. Tavaliselt kustutatakse (iks varundusfail uue
kirjutamisel, seega suureneb kettakasutus ainult suhteliselt vaikeste sammude kaupa. Kuid te vdite mingil
hetkel vajada lisaruumi — sel juhul vétke ihendust klienditoega.

Taiendava turvalisuse tagamiseks varundage varundusfailid regulaarselt teise kohta (BOND-i kontrollerist
eemal). Voimaluse korral korraldage automaatne varundamine oma IT-osakonnaga. Kui mitte, kopeerige
faile kéasitsi kord nddalas (sagedamini suure kdibega laborite puhul). BOND-i kontroller kaitab turvalist
FTP-serverit, et IT-osakond saaks sisse logida ja varundusfailid turvatud FTP kaudu BOND-i Dropboxi
kaustast alla laadida.

Andmebaasi taastamiseks votke lihendust klienditoega.
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10.6 Riistvara

Kasutage kuva Hardware Configuration (Riistvara konfigureerimine), et konfigureerida t66tlusmooduleid,
Uksusi (Uhe klientrakenduse hallatavad t66tlusmoodulite riihmad) ja objektiklaaside sildiprintereid.

Riistvara konfigureerimine toimub kolmel vahekaardil:

e 10.6.1-Tootlusmoodulid
e 10.6.2 - Uksused
o 10.6.3 - Objektiklaasi sildistajad

10.6.1 Tootlusmoodulid

Vaadake BOND-i siisteemis olevaid t66tlusmooduleid ja konfigureerige nende pdhireaktiivi kanistrid
vahekaardil Processing modules (T66tlusmoodulid).

Kui to6tlusmoodul on BOND-i kontrolleriga vorgukaabliga flilsiliselt ihendatud, ilmub see automaatselt
vahekaardi Processing modules (T66tlusmoodulid) vasakpoolsel paanil.

BOND-kontroller lubab ihendada ainult Ghilduvaid t66tlusmooduleid. Kui iihendatud on Ghildumatu
t66tlusmoodul, kuvatakse ikoon ja veateade (vt ikoonide ja tdhenduste tabelit jargmisel lehekadiljel).

Valige tootlusmoodul, et kuvada selle andmed vahekaardi paremas servas. Andke t66tlusmoodulile
kordumatu nimi ja vajaduse korral keelake m&ned pd&hiaine kanistrid (vt jaotist

10.6.1.1 - Reaktiivikanistrite blokeerimine). Nende sétete salvestamisel Geldakse, et td6tlusmoodul on
yvalmis”.

See jaab vahekaardile, sealhulgas siis, kui see on vélja lilitatud vai lahti Gihendatud, kuni te selle tegevuse
I6petate (vt jaotist 10.6.1.2 - To6tlusmooduli tegevuse IGpetamine).
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1

Processinlg modules

3210123
BOND-IIl
BOND-Ill #1

ﬁ Normai

M210178
BOND-MAX
BOND-MAX #2

M212025
BOND-MAX
BOND-MAX #4

Hard\vare configuration

Pods;

Slide labellers

Bulk reagent configuration has been defined for the proci2ssing module.

Serial N*:
Name:
IP Address:

Type:

3210123

BOND-III #1

10.252.10.2:111

BOND-III

M212053 Bulk container configuration
@ BOND-MAX

TH_B3
Q TH B3

BOND-IIl 7

BOND-MAX #3
6~ wlll=
e ﬁ.a,yr!:c-’w: rad n =7 | *Bwash B “Alcoh
TH_Max
1 2 3

BOND-MAX.
TH_Max

Maintenance complete

4

Seletus

S 6 7

Seletus

1 Koik ihendatud tootlusmoodulid.

2 Praegu valitud to6tlusmoodul - selle

andmed on naidatud kuva paremas servas.

3 Valitud to6tlusmooduli seerianumber, nimi
(redigeeritav), IP-aadress ja instrumendi
tadp.

4 Decommission (Tegevuse lopetamine)
Ldpetage valitud téotlusmooduli tegevus —
vt 10.6.1.2 - Too6tlusmooduli tegevuse
|6petamine allpool

5 Kanistri konfiguratsioon — te saate mone
s6lme markeruudu tiihjendada, kui neid ei
kasutata — vt 10.6.1.7 - Reaktiivikanistrite
blokeerimine allpool

6 Maintenance complete (Hooldus on
valmis)

Kldpsake, et lahtestada paev ja
objektiklaaside arvud parast ennetavat
hooldust - vt punkti Ennetav hooldus
jaotises 12 - Puhastamine ja hooldus
(BOND-IIl ja BOND-MAX).

7 Save (Salvestamine)

Asja iihendatud to6tlusmooduli
kasutamiseks tuleb konfiguratsioonisatted
salvestada. To6tlusmooduli
konfiguratsiooniséatete salvestamiseks
peate kdigepealt veenduma, et kdik selle
objektiklaaside varvimiskambrid oleks
lukust avatud.

joonis 10-10: Vahekaart Processing modules (T66tlusmoodulid) kuval Hardware configuration (Riistvara
konfiguratsioon)
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Vasakul paneelil té6tlusmooduli kujutiste kdrval olevad ikoonid naitavad, millal moodulid on erinevates
olekus.

lkoon Tahendus lkoon Tahendus
e . e sl
< Tootlusmoodul eiole @ TootlusmquuI |6?b|b
tihendatud. hooldustoiminguid.

See ikoon kuvatakse ka (koos
veateatega), kui Gihendatud
t66tlusmoodul ei Gihildu BOND-i
sisteemiga.

Too6tlusmoodul kaivitub. ﬁ? Pohiaine reaktiivi konfiguratsiooni

pole t66tlusmoodul vastu vétnud.
Konfiguratsiooni saatmiseks kldpsake
nuppu Save (Salvesta).

Tootlusmoodulit hetkel G Pdhiaine reaktiivi konfiguratsioon on
hooldatakse. tootlusmoodulisse vastu voetud.

10.6.1.1 Reaktiivikanistrite blokeerimine

Laborid, mis ei teosta siisteemis BOND epitooptdétlust ja/voi deparafineerimist, voivad tarkvaras
kanistrid blokeerida ja eemaldada vastavad kanistrid seadmest. Neis kanistrites ei pea reaktiivi sailitama,
ja seade algkaivitatakse, kuna kanistrite vedelikuvoolikud ei ole eeltdidetud. Kanistrite blokeerimiseks
tiihjendage nende mérkeruudud paanil Bulk container configuration (Kanistrite hulgikonfiguratsioon) ja
kldpsake nuppu Save (Salvesta). Viiba kuvamisel taaskéivitage t66tlusmoodul, et muudatused joustuksid.
Voite blokeeritud kanistrid eemaldada v6i need seadmel oma kohale jatta.

10.6.1.2 Tootlusmooduli tegevuse Iopetamine

Kui te to6tlusmoodulit enam ei vaja, [opetage selle tegevus, et eemaldada see vahekaardilt Processing
modules (T66tlusmoodulid). Veenduge, et to6tlusmoodul oleks vilja liilitatud, valige see vahekaardilt
Processing modules (T66tlusmoodulid) ja kldpsake kdsku Decommission (Lopeta tegevus). Kui
tootlusmoodul on endiselt Giksuses, eemaldatakse see parast tegevuse I6petamist liksusest
automaatselt.

Tootlusmooduli uuesti kasutusele votmiseks tihendage vorgukaabel uuesti.
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10.6.2 Uksused

Uksused on té6tlusmoodulite (ja objektiklaasi sildiprinterite) kogumid, mida saab juhtida (ihest kliinilisest
klientrakendusest — vt 3.1 - Stisteemi arhitektuur. Looge Uksus isegi ihekohalistele paigaldistele, kus koiki
té6tlusmooduleid juhitakse BOND-i kontrollerist. Looge ja redigeerige iiksusi vahekaardil Pods (Uksused).

1 2

Haidware configuration

Procdssing modules Pods Slide labellers

Name Fire

Allocated slide labellers

=, ZDesigner TLP 3842

Fire
] Pod . 3
Description: Pod 1
Water
) Pod 2 Allocated processing modules Available processing modules
TH B3 M212025
T " BOND-II BOND-MAX
e wing TH_B3 @ BOND-MAX #4
Q7@ Pod3 g [ motyercontures [y Mo
& 9 8]
TH_Max 4
@ Fire BOND-MAX
o*g Poit @ TH Max

< @-\y-,@m\,, e

Available slide labellers

Seletus

Seletus

Koigi Uksuste loend

Tootlusmoodulid valitud Gksuses. Sama
tellimust kasutatakse ka kliinilises
klientrakenduses — vt 10.6.2.1 - Uue lksuse
loomine allpool.

Valitud Giksuse nimi ja kirjeldus (m&lemad
redigeeritavad).

Koik tootlusmoodulid, mis ei ole Giksustes.

Koik objektiklaasi sildistajad, mis ei ole
Uksustes.

6 Objektiklaaside sildiprinterid valitud liksuses.

Vaikeprinter on margistatud sinise
linnukesega — vt 10.6.2.1 - Uue Uksuse
loomine allpool.

Parajasti valitud liksus — selle andmed on
naidatud kuva paremal pool.
Add pod (Lisa iiksus)

Kldpsake uue iksuse konfigureerimiseks —
vt 10.6.2.1 - Uue liksuse loomine allpool.

Kustuta

Paremkldpsake tiihja iliksust ja kiopsake
selle kustutamiseks nuppu Delete (Kustuta).

joonis 10-11: Vahekaart Pods (Uksused) kuval Hardware configuration (Riistvara konfigureerimine)

Selleks, et tootlusmoodulid oleksid saadaval liksusesse kaasamiseks, konfigureerige need vahekaardil
Processing modules (T66tlusmoodulid) (vt 10.6.1 - Téotlusmoodulid). Et objektiklaaside sildistajad

oleksid tksuses kasutamiseks saadaval, konfigureerige need vahekaardil Slide labelers (Objektiklaasi
sildistajad) (vt 10.6.3 - Objektiklaasi sildistajad).
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10.6.2.1 Uue iiksuse loomine

1. Kldpsake Add pod (Lisa tksus).
2. Sisestage kordumatu tiksuse nimi ja soovi korral kirjeldus.
3. Valige t66tlusmoodulid paanilt (ileval paremal) Available processing modules (Saadaolevad

166tlusmoodulid) ja kldpsake vasaknoole nuppu , et lisada need paanile Assignated
processing modules (Maéaratud t66tlusmoodulid) (lleval vasakul).

Mitme seadme lisamisel lisage need jarjekorras, milles soovite, et kliinilises klientrakenduses
vahekaarte kuvatakse, nt kui valite seadme A esimesena ja sadme B teisena, siis A kuvatakse B
kohal paanil ja vahekaardil System status (Siisteemi olek), mis on iihendatud liksusega.

Tootlusmoodulite imberjarjestamiseks eemaldage need paremnoole nupuga ja asetage
oiges jarjekorras.

4. Valige (iks voi mitu objektiklaasi sildiprinterit paanilt Available slide labelers (Saadaolevad
objektiklaasi sildistajad) (all paremal) ja lisage need paanile Assignated slide labelers (M&aratud
objektiklaasi sildid) (all vasakul).

Kui lisate mitu printerit, on need kdik objektiklaaside printimisel valimiseks saadaval. Maarake
vaikeprinter, paremklGpsates valikut Set as default printer (Maara vaikeprinteriks). Vaikeprinteril
on sinine linnuke.

5. Klopsake Save (Salvesta).

Uksuse kustutamiseks eemaldage kdik to6tlusmoodulid ja printerid ning paremkldpsake vasakpoolsel
paanil (iksusel ja kldpsake Delete (Kustuta).
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10.6.3 Obijektiklaasi sildistajad

BOND-i slisteemi poolt kasutatavad objektiklaasi sildistajad peavad asuma, olema identifitseeritud ja
aktiveeritud haldus-klientrakenduse kuval Hardware configuration (Riistvara konfigureerimine)
vahekaardil Slide laberlers (Objektiklaasi sildistajad). See muudab need saadavaks iiksustesse
hdlmamiseks (vt 10.6.2 - Uksused).

1

2

Procgssing modules
=y ZDesigner TLP 3842

&y ZDesigner TLP 3842

Hafdware configutation

Pods Slide labellers

Display name:
Printer name:
Host name:

Printer type:

ZDesigner TLP 3842

ZDesigner TLP 3842

Zebra TLP3842

S5 m

Seletus

Seletus

1 Kaoigi objektiklaasi sildistajate loend.

2 Praegu valitud objektiklaasi sildistaja —
selle andmed on naidatud kuva paremas

servas.

3 Objektiklaasi sildiprinteri andmed — vt
10.6.3.1 - Objektiklaasi sildistaja andmed
allpool.

4 Add printer (Lisa printer)
Kldpsake uue objektiklaasi sildistaja
lisamiseks — konfigureerige kuva paremal
poolel.

joonis 10-12: Vahekaart Slide labelers (Objektiklaasi sildistajad) kuval Hardware configuration (Riistvara

konfiguratsioon)

Asja iihendatud objektiklaasi sildistaja kaasamiseks iiksusesse kldpsake nuppu Add printer (Lisa printer)
ja sisestage kuva paremas servas printeri andmed.

o Koigil paigaldistel ei ole iiksusi. Kui tiksusi ei ole, on loendi esimene printer vaikeprinter.
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10. Haldus-klientrakendus (BOND-i kontrolleril)

Kui objektiklaasi sildistaja asendatakse, ei pea te uut sildistajat lisama — vana sildi andmed vdite
asendada uue sildi andmetega.

Sildistaja eemaldamiseks loendist paremkldpsake seda ja valige Delete (Kustuta).

10.6.3.1 Objektiklaasi sildistaja andmed

Siisteem BOND nduab iga objektiklaasi sildistaja puhul jargmisi andmeid.

« Display name (Kuvatav nimi): sildistaja nimi, mis kuvatakse BOND-i tarkvaras
« Printeri nimi (Printeri nimi): printeri nimi, mida Windows kasutab

BOND-ADVANCE-i paigaldistes olev printeri nimi on tegelikult printeri Share name (Uhiskausta nimi), mida
kuvatakse Windowsi dialoogiaknas Printers and Faxes (Printerid ja faksid).

« Host name (Hosti nimi): jatke tiihjaks, kui see ei ole Zebra printer (nditeks ZDesigner TLP 3842)
BOND-ADVANCE paigaldises, millisel juhul sisestage terminali Computer name (Arvuti nimi),
millega objektiklaasi sildistaja on Ghendatud.

Arvuti nime Computer name leiate Windowsi dialoogiaknast System (Siisteem) (vt joonis 10-13).

Compuler name, domain, &nd warkgroup setings
[ ML Nami: CERAFIS-T1 l iy Changs sEtengs
) Full compuser name; CERAFIS-T1 )
Compuiter descrighion: Ligica BEOND Terminal PC [Leica BOMD)
\Warkgroup LERCA

joonis 10-13: Arvuti nimi Windowsi siisteemi dialoogiaknas

« Printer type (Printeri tilip): printeri mudel (nditeks ZDesigner TLP 3842)

BOND 6.0 kasutusjuhend (mitte USA ja Hiina jaoks) Vers. AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 218



10. Haldus-klientrakendus (BOND-i kontrolleril)

10.6.3.2 Testisiltide printimine

Printimisjoonduse kontrollimiseks tehke jargmist.

1. Avage haldus-klientrakenduses kuva Labels (Sildid)
2. Valige vasakult paneelilt silt ja kldpsake Print (Prindi).

S m e m
e | 103456787
| 12/12/2016
. *mARK(1)
Mr. J. Citizen :
HG A (+) ;
Dr. Jones :
E3E3 EEED En

joonis 10-14: Testi sildi printimine

3. Dialoogiaknas Select a Printer (Printeri valimine) valige sobiv printer ja kipsake Print (Prindi).

4. Korrake toiminut 3 kolm kuni viis korda. Veenduge, et kdik tdhemargid oleks selgelt ja tapselt sildile
trikitud.

5. Kui pildi asend sildil ei ole dige, vt jaotist Zebra printeri kalibreerimine Ik 219 vdi Kognitiivse printeri
kalibreerimine Ik 224.

Zebra printeri kalibreerimine

Jargmine protseduur kehtib mélemat tiilipi Zebra printeritele: TLP 3842 vdi GX430t. On moningaid
erinevusi, mida kirjeldatakse vastavates satetes.

0 BOND-ADVANCE-i installimisel tehke BOND-ADVANCE-i terminalil jargmine protseduur.

219 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 kasutusjuhend (mitte USA ja Hiina jaoks) Vers. A05



10. Haldus-klientrakendus (BOND-i kontrolleril)

1. Kldpsake Windowsi tegumiribal nuppu Start (Alusta) ning valige Devices and Printers (Seadmed ja

printerid).
2. ParemklGpsake printeri ikooni (naiteks ZDesigner TLP 3842) ja valige Printer Properties (Printeri
atribuudid).
Siisteem kuvab dialoogiakna Printer Properties (Printeri atribuudid), nagu on ndidatud joonisel
joonis 10-15.
x|
Location: I
Comment:
Mgdek: IDesigner TLP 3842
1 Feabures
Codor: Mo Paper aailable:
Double-sided: Mo Uszar dafinad =]
Staple: Unknceam Bomd Slide Label
Speed: Unknown
Wsirmuem reschution: 300 dpi =l
Preferences | Primt Test Page: |
N R

joonis 10-15: Printeri atribuudid

3. Valige vahekaart Advanced (Tapsemalt).
x|

Priber Seftings | Socks | Langusge | Bamods Forts | Command Forts | Sbout |

= [Blwarys sailable
™ Ayailable freem E 00 &M 3
Priarity: 1 EI:

Driyer [ZDesignes TLP 3842 x| e Driver..

= Spacl print documénts so progrem finishes printing Taster

™ Start printimg after last page is spooled
(7 Start printing jmmediabely

™ Print gwecthy to the printer

[~ Hold mismestched documents.

[+ Pyint spocied documents first

[T Eeep printed docurents
¥ Enable advanced printing features

Primting Defaults... Prigit Processor... I Separatpr Page... |

[ox ] cwew | com | re |

joonis 10-16: Printeri atribuudid — vahekaart Tapsemalt
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4. Kldpsake nuppu Printing Defaults... (Printimise vaikeséatted...).
Siisteem kuvab dialoogiakna Printing Defaults (Pritimise vaikesatted), nagu on naidatud joonisel

joonis 10-17.
x
Baroode Forts | Commarsd Forts |
Opfiorss | Advanced Setup | Dthesng | Stocks | Freter Memcry |
Seftinga
Bio. O Copiss ﬁ
Speed: If;l] 'Ilr-u's
Crad
Socks [Uemr define |
Paper Fomnat
a| FW
@ 1 lardacaps
i W poate 10
Sae
Width 34.00
Hieighi: 15.50
Unprintabin Arwa
Lgft: 0.00 Top: 000
Fight: 1.50 Bomom: 1o
ok | caes | s | mee |

joonis 10-17: Printimise vaikeséatted

0 See dokument viitab printeri satetele millimeetrites.

Seepérast seadke paberi vorming mm-le.
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5. Valige ripploendist Stocks (Varud) suvand BOND Slide Label (Objektiklaasi silt).

6. Valige vahekaart Stocks (Varud).

x

Barooade Foris
Custom Commands

Diefired siocks

—

Sinck descnption
Bond Shde Label

Deescrpbion

Define your own sbel siock here and seee t for future use. Each
stock stones label dimensions and some prinber settings:

I
| impot/Epon semings |
Opsors | Advanced Sstup | Dihesng

Command Fonts
T'wh | Abow
Hogko Privter Memory |

Mew.. (| Qerge. | ) Dewe |
"\-\_\_\_‘_‘___'_'_'_,.F'-.
ok | caes | mow | He |

joonis 10-18: Printimise vaikeséatted — vahekaart Varud

7. Klopsake nuppu Change... (Muuda...).

Susteem kuvab akna Define Stock (Varude maéaratlemine), nagu on néidatud joonisel joonis 10-19.

Enne satete muutmist on soovitatav taastada printer vaikesatetele, nagu on naidatud allolevas

tabelis, ja printida moned testsildid.

TLP 3842 GX430t
Sildi laius 24,00 mm 40,00 mm
Sildi kdrgus 15,50 mm 15,00 mm
Prinditav ala — vasak 0,00 mm 4,50 mm
Prinditav ala — parem 1,50 mm 0,00 mm
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2

Name

Bond Side Label

joonis 10-19: Dialoogiaken Define Stock (Varude maéaratlemine)

« Kuivasak serv on karbitud, véhendage veidi satte Right (Parem) vaartust allpool mitteprinditavat
ala Unprintable Area, naiteks 1,50 mm-It 1,00 mm-ni.

« Kui parem serv on karbitud, suurendage veidi satte Right (Parem) vaartust allpool mitteprinditavat
ala Unprintable Area, naiteks 1,50 mm-It 2,00 mm-ni.

8. Kldpsake OK.
9. Korrake sildi printimise ja reguleerimise protseduuri, kuni silt on vastuvdetav (teksti ei ole karbitud).

@ Voite saada veateate Stock name already used by system form database (Varude nimi kasutab
juba siisteemi vormi andmebaas), kui kldpsate OK. Sellisel juhul muutke dialoogiaknas Define
Stock (Varude maéaratlemine) sdtet Name (Nimi), nagu on néidatud joonisel joonis 10-20, seejérel
kldpsake nuppu OK.

Defnestock x|

Do [ 3]
St Ea—

joonis 10-20: Sildivaru imbernimetamine
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Kognitiivse printeri kalibreerimine

o

hetkel kuvatakse Dashboardi, vajutage selle sulgemiseks Alt+F4.

1.

BOND-ADVANCE-i installimiseks logige BOND-ADVANCE-i kontrollerisse sisse kui BONDDashboard. Kui

Windowsi tegumiribal kldpsake nuppu Start (Alusta) ning valige Devices and Printers (Seadmed ja

printerid).

ParemklGpsake printeri ikooni (nt Cognitive Terminal 1) ja valige Printer Properties (Printeri

atribuudid).

joonis 10-21: Printeri atribuutide valimine

See whal's printing
Set as default printer

Arge valige dialoogiakent Printing Preferences (Printimiseelistused), dialoogiaknad on sarnased,

kuid satteid ei varskendata digesti.

Siisteem kuvab dialoogiakna Cognitive Printer Properties (Kognitiivsed printeri atribuudid), nagu

on naidatud joonisel joonis 10-22.

i Cognitive Cxi 2 mch 300 DP1 TT Properties

Prrter Settrgs | Stocks |
Gerenl | Sharng | Ports

Forts | Command Forls | Abot |

x|

Location: I
Comment: ‘
g ek Cognitive Cxi 2 inch 300 DPITT
Fratures
Codor: Mo Paper aailable:
Double-sided: Mo [T LI
Staple Unknowan Bomd Slide Labell
Speed: Unknoam
laximurm resolution: 300 dpi j
Preferences... I Primt Test Page I
K] _corce | | |

joonis 10-22: Kognitiivsed printeri atribuudid
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3. Valige vahekaart Advanced (Tapsemalt).
Siisteem kuvab vahekaardile Advanced (Tdpsemalt) nii, nagu on naidatud joonisel joonis 10-23.

I Cognitive Cxi 2 imch 300 DPT TT Properties x|

Printer Seftrgs | Socks | Langusge | Barcode Forts | Command Forts | About |

% (Always svailable

™ Availsble frem 2400 AM s DL F 00 AM 3
Priority: 1 3:

Diriyer: |'.'.c|gni1i'\re Cxi 2 inchi 300 DRI TT :J Neyy Driver...

1+ Gpacl print docurments so progrem finishes prinking faster
™ Start prindireg after last page is spooled
% Start prinding imimiediately

{~ Pring grectly to the printer

[~ Held mismstched docurnants

I3 Print spocled documents first

[~ Eesp printed documents

[# Enable advanced printing features

Prirting Defeults.. Pript Processor. I Separstgr Page.. |

oK | Cawest | s | ke |

joonis 10-23: Vahekaart Tapsemalt
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4. Kldpsake nuppu Printing Defaults... (Printimise vaikeséatted...).

Siisteem kuvab dialoogiakna Printing Defaults (Printimise vaikesétted), nagu on naidatud joonisel
joonis 10-24.

|;.|l.'4'u]rul:r.r-|'- Cxi 2 inech 300 DPT TT Primting Defaslts

x|

Command Forts | Custom Commands | Impert/Bxpot settings | About |
Opsons | Agvanced Setup | Dahesng | Stocks | Barcode Fores

Seftngs
Ho. 0¥ Copes: Il
Speed: L -
Do 1
Focks: | Liser defined =
Pager Fomat
N
@ SpeET ™ landscaps
. = e 160
Sine
Width |i'i' ]
Heighe |'E i)
Lrprriishies Arsa
Laft: |E oo Tap: |:I ik
Fighi- |[: 1] [Eofom: |:| il

ok | caes | ek | Hee |

joonis 10-24: Printimise vaikesétete dialoogiaken

0 See dokument viitab printeri satetele millimeetrites.

Seepérast seadke paberi vorming mm-le.
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5. Valige ripploendist Stocks (Varud) suvand BOND Slide Label (Objektiklaasi silt).
6. Valige vahekaart Stocks (Varud).

I:.ll.'-l'ntrlltrﬂ" Cxi 2 iechi 300 DT TT mm
Command Forts | Custom Commands | Import/Bxpot settings | About |
Options | Advanced Selup | Dihesng  Stocks | Barcode Fonts
Difined rincics
| Bond Ghdelobed |

Stock desceiphion
Band Shde Labal

Dl=scrpbion

Diesine ypour cwn kbl sinck: Fene and save i for fubure use. Eachi
sinck sbores label cimensions and some prinber setiings

Hew.. m Deete |

S
Ok | cows | mew | Hew |

joonis 10-25:; Printimise vaikesatted — vahekaart Varud
7. Klopsake nuppu Change... (Muuda...).

Siisteem kuvab dialoogiakna Define Stock (Varude maaratlemine), nagu on ndidatud joonisel
joonis 10-19.

21

Nama

|Bond Side Label

joonis 10-26: Dialoogiaken Define Stock (Varude mé&&ratlemine)
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« Kuivasak serv on kéarbitud, véhendage veidi satte Right (Parem) vaartust allpool mitteprinditavat
ala Unprintable Area, naiteks 0,50 mm-It 0,30 mm-ni.

« Kui parem serv on kérbitud, suurendage veidi satte Right (Parem) vaartust allpool mitteprinditavat
ala Unprintable Area, naiteks 0,50 mm-It 0,70 mme-ni.

« Kui lilemine v&i alumine serv on karbitud, vt jaotist Kognitiivse Cxi printeri vertikaalse sildiasendi
reguleerimine lk 228.

8. Kldpsake OK.

ﬁ Voite saada veateate Stock name already used by system form database (Varude nimi kasutab
juba siisteemi vormi andmebaas), kui kldpsate OK. Sellisel juhul muutke dialoogiaknas Define
Stock (Varude maéaratlemine) sdtet Name (Nimi), nagu on nédidatud joonisel joonis 10-27, seejérel
kldpsake nuppu OK.

I

joonis 10-27: Sildivaru iimbernimetamine

9. Tulemuse kontrollimiseks printige silt. Korrake protseduuri, kuni silt on vastuvéetav (teksti ei ole
karbitud).

Kognitiivse Cxi printeri vertikaalse sildiasendi reguleerimine

Kui sildi asukoht on liiga kérge voi madal, valige printimisel dialoogiaknas Printing Defaults (Printimise
vaikesatted) vahekaart Advanced Setup (Tapsem seadistus), nagu on néidatud joonisel joonis 10-28.

1= Cognitive Cxi 3 inch 300 DFI TT Printing

x|

Comeand Fords | Custom Commands | Import/Export settings | Abowt |
Opsons  Advanced Setup | [Dehesng | Stocks | Barcode Fores

Perd Made

" Dumct Thamal & [Thwmal Trarafer
Seraor Type

(* Gap " Hack Bar " Mona
Presari Labal

™~ RAM & FLASH
Dwlimiter: Hone "‘l == |
oK Coeel | v | hee |
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joonis 10-28: Vahekaart Advanced Setup (Tdpsem seadistus)

« Kui lilemine serv on karbitud, suurendage veidi satte Distance Advance (Vahemaa edasi) vaartust
praeguse sildi Present Label all, nditeks 0,00 mm-It 1,00 mm-ni.

« Kui alumine serv on kérbitud, suurendage veidi satte Distance Reverse (Vahemaa tagasi) vaartust
praeguse sildi Present Label all, nditeks 0,00 mm-It 1,00 mm-ni.

6 Rakendage kohandused ainult iihele sattele. Kui satte Kaugus edasi vaartus on juba olemas ja
alumine serv karbitakse, vahendage satte Kaugus edasi vaartust, selle asemel et suurendada
Kaugus tagasi vaartust. Uks vaartus jaab nulli ja teine kontrollib asendit.

10.KI6psake OK.

11. Tulemuse kontrollimiseks printige silt. Korrake protseduuri, kuni silt on vastuvdetav (teksti ei ole
karbitud).
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11. LIS-i integreerimispakett

Valikuline BOND LIS-i integreerimispakett (LIS-ip) ihendab BOND-i siisteemi mistahes thilduva labori
infoslisteemiga (LIS). LIS-ip edastab juhu ja objektiklaasi andmed LIS-ist BOND-i siisteemi ning BOND-i

BOND-i kontrolleril

slisteem tagastab to6tlemisteabe LIS-ip kaudu LIS-ile.

LIS-ip on vdga konfigureeritav ja voib to6tada paljude erinevate LIS-i tlilipide ja laboritodvoogudega. LIS-

ip-d saab konfigureerida nii, et see tagab sujuva integratsiooni LIS-i ja BOND-i siisteemi vahel,

vbimaldades LIS-i objektiklaaside automaatset tuvastamist, mis valistab vajaduse objektiklaaside uuesti
sildistamise jarele. Vt saadaolevate to6voogude (ldist lilevaadet jaotisest Téovood (Jaotis 11.8 |k 240).

Leica Biosystems korraldab iga paigaldise jaoks spetsiaalse pdhjaliku asukohapdhise koolituse.

BOND LIS-ip teavet vaadake jargmistest jaotistest.

LIS-ip kasutamise tingimused
Vtjaotist 11.1 - LIS-i terminoloogia

Tarkvara lisafunktsioonide andmed
Vtjaotist 11.2 - Tarkvara lisafunktsioonid

LIS-i Ghenduse ja konfiguratsiooni lilevaade
Vtjaotist 11.3 - LIS-i Ghendamine ja kaivitamine

LIS-i veanaidu ja taastamise kirjeldus
Vtjaotist 11.4 - LIS-i teavitused

Juhtude ja objektiklaaside andmete viiteloend
Vit jaotist 11.5 - Nduded juhu- ja objektiklaasiandmetele

Objektiklaasi oleku andmete kirjeldus, millest BOND LIS-ip saab LIS-i teavitada
Vtjaotist 11.6 - Objektiklaasi andmete LIS-i saatmine

Viide objektiklaasi sildi nduetele

Vit jaotist 11.7 - Objektiklaaside sildid

Ulevaade tiitipilistest LIS-i rakendustest
Vit jaotist 11.8 - T66vood
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11. LIS-i integreerimispakett (BOND-i kontrolleril)

11

.1 LIS-i terminoloogia

LIS-i funktsionaalsuse kirjeldamiseks ning BOND-i siisteemi tavaliste elementide ja LIS-i elementide
eristamiseks on vaja mitmeid uusi termineid. Need tingimused on kirjeldatud jargmises loendis.

11

LIS - labori infoslisteem; tarkvara, mis haldab labori t66ga seotud teavet.

LIS-ip — BOND-LIS-i integratsioonipakett, valikuline lisamoodul, mis véimaldab BOND-i stisteemil
tootada koos LIS-iga.

LIS-i objektiklaas — LIS-i loodud ja toé6tlemiseks BOND-i siisteemi saadetud objektiklaas.

LIS-i juht — LIS-i loodud ja BOND-i siisteemi saadetud juht.

Auto-ID objektiklaasi silt — objektiklaasi silt, mida BOND-i siisteem saab automaatselt tuvastada.
Neid saab printida BOND-i stisteem v0i LIS seni, kuni kasutatakse tuvastatavat vootkoodi
vormingut. Vt jaotist 11.3 - LIS-i ihendamine ja kaivitamine.

Abistatud ID-ga objektiklaasi silt — mis tahes objektiklaasi silt, mida ei saa BOND-i siisteemis
automaatselt tuvastada.

LIS-i objektiklaasisilt — LIS-iga ihendatud printeri objektiklaasisilt. LIS-i objektiklaasi silt naitab LIS-i
vootkoodi ja muud LIS-i sildi jaoks konfigureeritud teavet.

BOND-LIS-i objektiklaasisilt — LIS-is loodud objektiklaasi silt, mis on prinditud BOND-i siisteemiga
tihendatud printeriga. BOND-LIS-i sildis kasutatakse BOND-LIS-i objektiklaasi sildi konfiguratsiooni,
mida saab BOND-i tarkvaraga redigeerida.

Registreerimisnumber — LIS-i Gildmdiste konkreetset juhtu identifitseeriva numbri voi muu ID kohta.
Registreerimisnumber vastab BOND-i siisteemi juhu ID-le.

Patsiendi andmed - patsiendi andmed, mis moodustavad BOND_i siisteemis juhu.
Demograafilised andmed - ildine LIS-i termin patsiendiandmete v&i juhu andmete jaoks.

LIS-i vootkood — LIS-i maaratud vootkood, mis tuvastab kordumatult iga LIS-i objektiklaasi.

.2 Tarkvara lisafunktsioonid

LIS-iga siisteemidel BOND on tdiendavad tarkvarafunktsioonid, mida standardversioonis ei leidu. BOND
LIS-ip-siisteemidel on olemas kdik tarkvara BOND standardfunktsioonid.

Vi

11.2.1 - LIS-i olekuikoon

11.2.2 - LIS-i juhud

11.2.3 - LIS-i objektiklaasid

11.2.4 - Avalikud markeri nimed

11.2.5 - Prioriteetsed objektiklaasid
11.2.6 - LIS-i objektiklaasi andmevaljad
11.7 - Objektiklaaside sildid
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11. LIS-i integreerimispakett (BOND-i kontrolleril)

11.2.1 LIS-i olekuikoon

G

joonis 11-1: LIS-i olekuikoon tarkvara BOND kuva lGlemises paremas nurgas

Tarkvara BOND LIS-ip-ga sisaldab LIS-i olekuikooni standardse funktsiooniriba parempoolses otsas. See
kuvab jargmist.

o LIS-i Gihenduse olek (vt 11.3 - LIS-i ithendamine ja kdivitamine)

o LIS-i veandit (vt 11.4 - LIS-i teavitused)

11.2.2 LIS-i juhud

LIS-i juhud on LIS-is loodud ja seejarel BOND-i siisteemi saadetud juhud. BOND-i juhud on aga BOND-i
slisteemis loodud juhud.

o LIS-ijuhud sisaldavad samu omadustevalju nagu BOND-i juhud, kuid parast juhu saatmist BOND-i
slisteemi ei saa teavet enam redigeerida.

« BOND:-i slisteem maarab igale LIS-i juhule automaatselt kordumatu juhunumbri.

o LIS-i registreerimisnumber v6i juhu ID muutub BOND-i siisteemis juhu ID-ks.

« Kui see juhu ID on sama mis olemasoleval BOND-i juhul, likatakse uus LIS-i juht tagasi. Peate LIS-is
juhu ID-d muutma.

« Kui uue LIS-i juhu ID ja patsiendi nimi on samad mis aktiivsel LIS-i juhul, mis on juba kirjas kuval
Slide setup (Objektiklaasi seadistamine), kasutatakse olemasolevat juhtu automaatselt. Uue juhu
objektiklaasid lisatakse olemasoleva juhu objektiklaasidele. Kui juhu ID-d on samad, kuid
patsiendinimed erinevad, likatakse uus juht tagasi.

o Kui LIS-i juhu ID ja patsiendinimi on BOND-i siisteemis samad, mis aegunud vdi kustutatud LIS-i
juhul, siis kas olemasolev juht taastatakse voi uus juht likatakse tagasi olenevalt satetest haldus-
klientrakenduse LIS-i kuval (vt Duplikaadijuhu ID Ik 198).

« BOND:-i tarkvara abil LIS-i juhule lisatud objektiklaasid luuakse BOND-i objektiklaasidena.

o LIS-i juhtudel on sama vaike-ettevalmistusprotokoll ja jaotusmaht nagu BOND-i juhtudel, nagu
maaratud haldus-klientrakenduses (vt jaotist 10.5.2 - Juhu ja objektiklaasi satted).
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11.2.3 LIS-i objektiklaasid

LIS-i objektiklaasid on LIS-is loodud ja seejarel BOND-i siisteemi saadetud objektiklaasid. Seevastu BOND-
i objektiklaasid on BOND-i siisteemis loodud objektiklaasid kas BOND-i juhus voi LIS-i juhus.

LIS-i objektiklaase saab objektiklaaside loendis identifitseerida sildi varvi jargi: LIS-i objektiklaasidel on
hall silt.

joonis 11-2: LIS-i objektiklaas (vasakul) ja Ghevarviline tavaline BOND-i objektiklaas (paremal)

LIS-i objektiklaaside puhul kehtivad jargmised punktid.

« LIS-ist prinditavad sildid sisaldavad tavaliselt véotkoodi. Eeldusel, et vootkood on lihes kuuest
BOND-i siisteemi toetatud vormingust ja BOND-i siisteem on konfigureeritud seda vormingut
lugema, suudab BOND-i siisteem objektiklaasi parast laadimist tuvastada. Vt jaotist 11.3 - LIS-i
Uihendamine ja kaivitamine.

« BOND:-i slisteemist LIS-i objektiklaaside jaoks prinditates siltides kasutatakse BOND-LIS-i
objektiklaaside sildi konfiguratsiooni. Vt jaotist 10.3 - Sildid .

« LIS-i objektiklaasid vdivad sisaldada LIS-i jaoks spetsiifilisi lisavélju. Vt jaotist 11.2.6 - LIS-i
objektiklaasi andmevaljad.

« LIS-ist parinevaid objektiklaasi omadusi ei saa BOND-i tarkvaraga redigeerida.

« Kui BOND-i tarkvara kasutatakse LIS-i objektiklaasi kopeerimiseks, luuakse koopia kui BOND-i
objektiklaas BOND-i sildi konfiguratsiooniga. Kdik LIS-i spetsiifilised véljad eemaldatakse ja neid
saab muuta.

11.2.4 Avalikud markeri nimed

Avalike markerite nimed (primaarsete antikehade ja proovide jaoks) loovad seose LIS-i poolt mé&aratletud
markerite ja stisteemis BOND registreeritud markerite vahel. Kui LIS maarab testi jaoks markeri, kasutab
stisteem BOND selle testi jaoks identse avaliku markeri nimega reaktiivi. Stisteem BOND likkab LIS-i
maaratud testi tagasi, kui puudub LIS-i markeri nimele vastav avalik nimi.

Avalike markerite nimed mé&aratakse, kasutades vélja Public name (Avalik nimi) dialoogiaknas Edit
Reagent properties (Reaktiivi omaduste redigeerimine) (vt 8.2 - Aken Reagent Setup (Reaktiivide
seadistamine)). See vali muutub ndhtavaks ainult siis, kui LIS-ip on installitud.

Iga avalik nimi peab olema kordumatu. BOND-i reaktiivide avalikke nimesid saab igal ajal vahetada ja kui
see juhtub, siis juba loodud objektiklaase see ei mojuta.
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11.2.5 Prioriteetsed objektiklaasid

LIS saab maarata prioriteetseid objektiklaase, mis vajavad kiiret to6tlemist. Kuval Slide setup
(Objektiklaasi seadistamine) kuvatakse punase ribaga mistahes juht, mis sisaldab prioriteetset
objektiklaasi.

I LS0012 - 45216 Shady, Albart Joseph 1 :
20130416-15HRefine Benjamin Hightowar Kevin Pannell 10
20130416-IHC Fannie Huray Arthur Josey 10

joonis 11-3: Prioriteetsete objektiklaasidega juht, mis on kuval Slide setup (Objektiklaaside seadistamine)
punaselt esile tdstetud

0 Praegu lisatakse loendi |dppu prioriteetne LIS-i juht. Juht kuvatakse loendi ilaosas ainult kliinilise
klientrakenduse jargmistes seanssides.

Prioriteetsed objektiklaasid on tahistatud punase P-ga.

P

joonis 11-4: Prioriteetne LIS-i objektiklaas, nagu see kuval Slide setup (Objektiklaasi seadistamine)
kuvatakse

11.2.6  LIS-i objektiklaasi andmevaljad

Lisaks standardsetele objektiklaasi omadustele on BOND-i LIS-ip-I seitse konfigureeritavat andmevilja,
mille saab seadistada LIS-ist valitud teabe kuvamiseks. Pohilise (ihenduvuse seadistab paigaldamise ajal
Leica Biosystems-i esindaja, kuid kui see on paigas, saavad kasutajad valida, kas kuvada véljad vdi mitte,
ja anda igale véljale nime — vt LIS Slide Data Fields (LIS-i objektiklaaside andmevaljad) Ik 198.

Viljad kuvatakse dialoogiaknas Slide properties (Objketiklaasi omadused) spetsiaalsel vahekaardil LIS ja
neid saab printida ka objektiklaasisiltidele (vt 10.3 - Sildid ). Need on mdeldud ainult aruannete
koostamiseks ja neil puudub mdju seadme to6tlemisele.
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11.3 LIS-i tUhendamine ja kaivitamine

Ko&ik BOND-i LIS-ip moodulid peab paigaldama volitatud Leica Biosystems-i esindaja, kes kohandab

toimingut vastavalt konkreetsetele laborinduetele.

Siisteemi BOND saab konfigureerida lugema iiht jargmistest vootkoodi vormingutest.

1D-vootkoodid 2D-vootkoodid

Kood 128 QR

WM 2
=k

Andmemaatriks

Aztec

Kui LIS-moodul on installitud, ilmub BOND- tarkvara kuva paremasse ulanurka LIS-i ikoon Gihenduse oleku

téhistamiseks (joonis 11-5)

S

joonis 11-5: LIS pole Gihendatud (vasakul) ja on Gihendatud
(paremal)
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11.4 LIS-i teavitused

BOND-i tarkvara naitab LIS-i Ghendust v6i andmevigu, kuvades BOND-i tarkvara akna paremas tlanurgas
LIS-i olekuikooni (vt jaotist 11.2.17 - LIS-i olekuikoon). Kui on lahendamata LIS-i teavitusi, kuvatakse
loendur taitmata teavituste arvu kohta. Uue teavituse korral hakkab loendur lihiajaliselt vilkuma.

Jae

joonis 11-6: LIS-i olekuikoon

Teavituse andmete leidmiseks paremkldpsake olekuikooni ja valige dialoogiakna LIS service events (LIS-i
hooldussiindmused) avamiseks kédsku Show LIS report (Kuva LIS-i aruanne). Dialoogiaknas kuvatakse
vead ja objektiklaasid, mida ei edastatud edukalt. Loetletud on ka vea p&hjus. Tiilipilised LIS-i vead
hélmavad puuduvaid andmeid, andmete konflikte (nt sama vastuvotunumber, mida kasutatakse
erinevatel juhtudel) voi juhtumeid, kus avalik marker pole BOND-i siisteemis registreeritud (vt jaotist
11.2.4 - Avalikud markeri nimed).

GFaP Lleabla o add LIS sk -
EBarcode already used

1 24-Jan-17T 233 o2

Tissue pypa [

Massage 10
Bafcod

Case i0 L&D 2-462110

Patiem i Filn

Docior ID O Jores.
T Markar D AP

Markard ID

1 2-Jan17 234 Cannot map issue bipe Acknowledge

Tissustype  lessl

Massage ID
Blmmode

Ces ID LS00H2452

1 24-Jan-17 235 To0s Baries dos nod adsl

joonis 11-7: Dialoogiaken LIS service events (LIS-i hooldussiindmused)

Olenevalt LIS-i konfiguratsioonist vdib olla vdimalik vead parandada ja juht voi objektiklaas uuesti esitada.
Kui LIS ei saa teavet uuesti saata, saab juhu vdi objektiklaasid luua otse BOND-i tarkvara abil.

Kui olete kdik veateated labi lugenud, kldpsake dialoogiaknast teate eemaldamiseks nuppu Acknowledge
(Kinnita).

Kui koik veateated on dialoogist eemaldatud, kaob teateloendur kuvalt.

Vajadusel saate teateid siiski vaadata LIS-i hoolduslogis, kldpsates esmalt administraatorikuva tleval
paremal Leica Biosystems-i logo, et kuvada dialoogiaken About BOND (Teave). Seejarel kldpsake Service
log (Hoolduslogi) ja valige ripploendist Serial N° (Seerianumber) valik *LIS*. Vdimalik on ka mé&arata
ajavahemik ja seejarel kldpsata nuppu Generate (Loo), et luua LIS-i hoolduslogi.
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11.5 NoOuded juhu-ja
objektiklaasiandmetele

Siisteemi BOND poolt LIS-ist juhtude ja objektiklaaside importimiseks vajalikud andmed on toodud
allolevates jaotistes (vt 11.5.1 - Juhu andmed ja 11.5.2 - Objektiklaasi andmed).

ﬁ LIS-i juhtude ja objektiklaaside andmeid ei saa jaotises BOND muuta, vélja arvatud objektiklaaside
kommentaare.

11.5.1 Juhu andmed

11.5.1.1 Kohustuslikud valjad

BOND-i vélja nimi | Kirjeldus Levinud LIS-i terminid

Juhu ID Juhtu tuvastav number voi nimi Registreerimisnumber

Tellimuse number

11.5.1.2 Valikulised valjad

BOND-i vélja nimi | Kirjeldus Levinud LIS-i terminid

Patsiendi nimi Patsiendi nimi Patsiendi nimi

Labori mé&aratud ID (labAssld)

Arst Suunav arst Arsti nimi ja/vdi ID
Raviarst

Telliv arst

237 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 kasutusjuhend (mitte USA ja Hiina jaoks) Vers. A05



11. LIS-i integreerimispakett (BOND-i kontrolleril)

11.5.2 Objektiklaasi andmed

11.5.2.1 Kohustuslikud valjad

BOND-i vélja nimi Kirjeldus Levinud LIS-i Kommentaarid
terminid
o Marker « Esmane « Esmane « Avalik nimi loob seose
antikeha (IHK) antikeha LIS-i mé&aratud ja
voi proov (ISH) (IHK) BOND-i siisteemis
« Proov (ISH) registreeritud
« Marker markerite vahel. Igale
(kumbki) LIS-is tdpsustatavale
. Viérving markerile tuleb
madarata avalik nimi.
Vt jaotist
11.2.4 - Avalikud
markeri nimed.

« lIgal markeril on
vaikimisi varvingu- ja
eeltddtluse
protokollid, mida saab
vajadusel BOND-i
tarkvaras muuta.

11.5.2.2 Valikulised valjad

BOND-i vélja nimi Kirjeldus Levinud LIS-i Kommentaarid

terminid
[LIS-i vOdtkood] Igale LIS-i Vodtkood Selleks et BOND-i slisteem
. L objektiklaasile antud tunneks objektiklaasi dra,

Markus. V66tkood . s -

) . unikaalne ID-v66tkood peab sellel olema téielik ID-
e'._OIG BO_ND_I (kustutatud vootkood. See on vajalik LIS-i
susteems . objektiklaaside ID-sid t66voo 1 kasutamisel (vt
kasutajale nahtav. . . s

ei saa uuesti 11.8 - T66vood).
kasutada)

Koe tlitp Test- vdi kontrollkude | Testi tiitp Kui LIS seda teavet ei esita,
(positiivne voi on see vaikimisi ,test”. Vt
negatiivne) jaotist 6.2.1 - Kontrollkude.

Kommentaarid Objektiklaasiga Kommentaar Kui LIS saadab LIS-i

seotud kommentaarid
vOi juhised

objektiklaasile varskenduse,
lisatakse kdik uued
objektiklaasi kommentaarid
olemasolevatele
objektiklaasi
kommentaaridele.
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11.6 Objektiklaasi andmete LIS-i saatmine

BOND:-i LIS-ip saab teatada LIS-ile objektiklaasi oleku. BOND-i LIS-ip v8ib edastada jargmist teavet.

« Objektiklaas loodud — méaaratud objektiklaas on BOND-i tarkvaras loodud

« Objektiklaas prinditud — konkreetse objektiklaasi silt on prinditud

« Objektiklaas on to6tlemisel — konkreetset objektiklaasi toodeldakse

« Objektiklaas toodeldud — konkreetne objektiklaas on toGtlemise I6petanud (vigadega véi ilma)
« Objektiklaas kustutatud — konkreetne objektiklaas on siisteemist BOND kustutatud.

11.7 Objektiklaaside sildid

Iga fiilisiline objektiklaas vajab identifitseerimissilti, et seda saaks sobitada dige juhu ja testi teabega.
Mugavaima to6voo korral on LIS-i objektiklaasidel LIS-i prinditud sildid ja BOND-i siisteem tuvastab need
sildid. See on aga vdimalik vaid jargmistel juhtudel.

1. LIS annab igale BOND-i objektiklaasile unikaalse vodtkoodi ja
2. LIS-i printer kasutab tiht BOND-i slisteemi toetatavatest vootkoodivormingutest.

Kui teie LIS ei vasta neile nduetele, voib BOND-i siisteem luua oma sildid LIS-i objektiklaaside jaoks —
BOND-LIS-i objektiklaasisildid. Sel juhul saate BOND-i slisteemi valikuliselt seadistada nii, et see t66tleb
LIS-i objektiklaase ainult siis, kui neil on BOND-i siisteemi prinditud sildid. See on seadistatud haldus-
klientrakenduse kuval LIS — vt 10.2- LIS .

Teise voimalusena vdib kasutada silte, mis parinevad kolmanda osapoole sildistajalt vdi on kasitsi
kirjutatud. Need sildid tuleb BOND-i siisteemis enne t66tlemist kasitsi identifitseerida (vt
5.1.5.2 - Laaditud objektiklaaside késitsi identifitseerimine).
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11.8 Toovoo

d

Kuigi LIS-ip-d on vaga kohandatavad, on siiski kasulik esitada mdned lildised BOND-i LIS-ip td6voogude

kirjeldused, mis poéhinevad LIS-ip olulisematel valikutel. Jargmises tabelis on esitatud neli td6voogu.
Voimalikud on ka muud t66vood. Iga paigaldise korral tagatakse pdhjalik asukohapdéhine koolitus.

Toovoog | Andmed LIS-ist Sisteemi Siltide printimise | Identifitseerimine
BOND koht
sisestatud
andmed
1 Juhu ja objektiklaasi Puudub LIS Automaatne
andmed (LIS-i
vOGtkoodiga)

2 Juhu ja objektiklaasi Puudub Siisteem BOND Automaatne
3 andmed Taiendav Suisteem BOND Automaatne
objektiklaas

4 Puudub Viline Abistatud

Too6voog 1 on kdige mugavam, sest see tagab sujuva integratsiooni LIS-i ja stisteemi BOND vahel.

Siisteem BOND tunneb automaatselt &ra LIS-i objektiklaasid ja toGtlemine v&ib kohe alata, ilma et
peaksite objektiklaase uuesti margistama voi lisateavet sisestama.
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12. Puhastamine ja hooldus

BOND-III ja BOND-MAX)

Puhastus- v6i hooldustoimingute tegemisel liilitage t66tlusmoodul alati vélja (vélja
arvatud aspiratsioonisondi voi kanistriroboti puhastamisel).

>

Mdned immunohistokeemilises ja in situ hiibridisatsioonis kasutatavad reaktiivid on
ohtlikud. Enne jatkamist veenduge, et oleksitee saanud selle protseduuri jaoks piisava
valjadppe:
a. Reaktiivide kasitsemisel vdi seadme puhastamisel kandke lateks- voi
nitriilkindaid, kaitseprille ja muid sobivaid kaitserdivaid.

b. Kasitsege reaktiive ja kondensaati ning kdrvaldage need vastavalt kdigile laboris
kehtivatele protseduuridele ja eeskirjadele.

Tootlusmoodulitel on soojendid ja soojendusega pinnad, mis vdivad siittida, kui
tuleohtlikud materjalid on paigutatud vahetusse lahedusse:

Arge asetage soojenditele ega nende ldhedusse siittivaid materjale.
Arge asetage tuleohtlikke materjale té6tlusmooduli kuumadele pindadele.

Veenduge, et kdik kanistrite lahtised korgid oleksid parast taitmist voi tlihjendamist
korralikult suletud.

Valtige kokkupuudet varvimiskambrite ja nende imbrusega. Need vdivad olla vaga
kuumad ja pohjustada raskeid pdletusi. Laske 20 minutit parast to66 [6petamist
objektiklaasi varvimisseadmetel ja nende imbrusel jahtuda.

> P

Puhastage koiki eemaldatavaid komponente ainult kasitsi. Kahjustuste valtimiseks arge
peske iihtegi komponenti automaatpesumasinas. Arge puhastage iihtki osa lahustite,
tugevate voi abrasiivsete puhastusvedelikega ega karedate voi abrasiivsete lappidega.

Selles peatiikis on kirjeldatud puhastamise ja hooldamise protseduure. Kliinilises klientrakenduses on
koigi siisteemi tootlusmoodulite hoolduskuva. KIopsake t66tlusmooduli vahekaarti pdhiakna vasakus
servas, et kuvada selle kuva System status (Siisteemi olek), ja seejérel klpsake vahekaarti Maintenance
(Hooldus). Lisateavet vt jaotist 5.3 - Kuva Maintenance (Hooldus). Alati, kui kasutate stisteemi BOND,
kontrollige, et selles ei esineks lekkeid ega kulunud véi kahjustatud osi. Kui selles peatiikis on juhiseid
kulunud voi kahjustatud osa parandamiseks v6i asendamiseks, jargige neid. Muul juhul votke Ghendust

klienditoega.
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Ennetav hooldus

Lisaks kdesolevas peatiikis loetletud regulaarsetele hooldustoodele (kasutajate tehtavad) peaks BOND-III
ja BOND-MAXto6tlusmooduleid regulaarselt hooldama ka Leica Biosystemsi hooldusesindaja.

BOND-i tarkvara teavitab teid iga t66tlusmooduli ennetava hoolduse korraldamisest kord aastas
voi iga 15 600 objektiklaasi jarel (olenevalt sellest, kumb saabub varem). =

Loendus ldhtestatakse nupuga Maintenance Complete (Hooldus I6petatud) haldus-
klientrakenduse vahekaardil Processing modules (T66tlusmoodulid) (10.6.1 - ToGtlusmoodulid).

Selles peatiikis on jargmised jaotised.

e 12.1 - Puhastamise ja hoolduse graafik
e 12.2 - Kanistrid

o 12.3 - Katteplaadid Covertile

o 12.4 - Objektiklaaside varvimiskamber
e 12.5-Tootlusmooduli taaskaivitamine
e 12.6 - Aspireeriv sond

o 12.7 - Pesuplokk ja segamissolm

o 12.8 - Katted, luugid ja kaas

« 12.9-ID-pildistaja

e 12.10 - Lekkealused

o 12.11 - Objektiklaaside alused

o 12.12 - Kanistriroboti sondid (ainult BOND-III)
« 12.13-Sistlad

e 12.14 - Toiteallika kaitsmed
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12.1 Puhastamise ja hoolduse graafik

rohkem, vétke kohandatud ajakava saamiseks ihendust klienditoega.

0 Kui varvite nddalas umbes 300 objektiklaasi seadme kohta, kasutage alltoodud graafikut. Kui varvite

Toiming Jaotis
Iga pdev — pdeva algus
Veenduge, et kanistrid oleksid tdidetud mitte rohkem kui poolenisti* 12.2
Veenduge, et kanistrid oleksid vahemalt poolenisti tais, dige reaktiiviga* 12.2
Iga paev — pdeva lopp
Puhastage katteplaadid Covertile 12.3
Iga nadal
Puhastage objektiklaaside varvimiskambrid* 12.4
Kontrollige katteplaadi Covertile klambreid 12.4
Taaskaivitage t66tlusmoodulid 12.5
Plihkige pohiroboti aspireerivat sondi 12.6
Kontrollige pesuplokke ja segamissdlme — puhastage vdi vahetage vajadusel 12.7
Puhastage katted, luugid (kui olemas) ja kaas 12.8
Puhastage ID-pildistaja 12.9
Puhastage kdeshoitav vodtkoodiskanner 13.1
Kord kuus
Puhastage koik lekkealused* 12.10
Vahetage segamissdlm valja 12.7
Puhastage reaktiivikanistrid 12.2
Puhastage jaatmekanistrid 12.2
Puhastage objektiklaaside alused 12.11
Puhastage kanistriroboti sondid (BOND) 12.12
Puhastage objektiklaaside sildistaja 13.2
Kontrollige siistlaid 12.13
Viiba kuvamisel
Puhastage pohiroboti aspireeriv sond 12.6.1
Asendage pohiroboti aspireeriv sond 12.6.2
Asendage stistlad 12.13

* Vajadusel tehke neid toiminguid plaanitust sagedamini.
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12.1.1 Puhastamise ja hoolduse kontroll-loendid

Jargmisel lehel on toodud hooldusgraafik tabelis, mis on mdeldud kontroll-loendina printimiseks ja
kasutamiseks. BOND Wash, ER1, ER2 ja Dewax Solutioni partiinumbrite registreerimiseks on alad.
Kontrollige voi lisage lilejdanud lahtritele nimed, kui toimingud on tehtud.
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Puhastamise ja hoolduse graafik

E T K N R L P

IGA PAEV
Reaktiivikanistrite kontrollimine O O O O O O O

BOND pesulahuse partiinumber

ER1 partiinumber

ER2 partiinumber

Deparafineerimislahuse
partiinumber
Jaatmekanistrite kontrollimine O O O O O O O
Puhastage katteplaadid Covertile O O O O O O O
IGA NADAL BOND-MAX korral:
Puhastage objektiklaaside O « Kui vélise jadtmekanistri korke on ainult iiks,
varvimiskambrid* lahutage enne selle lahtikeeramist kaabel ja
Kontrollige katteplaadi Covertile O Ve(.je“kt.wo?“kUd:. o .
klambreid . K.UI kam.strld on Iablpalgtmatuq, t(?stke mahu

hindamiseks nende otsi — kanistrite
Taaskaivitage TM-id O eemaldamine seadmest ei ole vajalik.
Piihkige aspireeriv sond puhtaks O
Kontro!llg? pesuplokkija o *Puhastage vajaduse korral sagedamini, kui ette
segamissdlme ..
nahtud

Puhastage katted, luugid (kui olemas) O
ja kaas
Puhastage ID-pildistaja O
Puhastage kdeshoitav skanner O
KORD KUUS
Puhastage lekkealused* O
Vahetage segamissdlm valja O
Puhastage reaktiivikanistrid O
Puhastage jaatmekanistrid O
Puhastage objektiklaaside alused O
Puhastage kanistriroboti sondid O
(ainult BOND)
Puhastage objektiklaaside sildistaja O
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E T K N R L P
Kontrollige siistlaid O
VIIBA KUVAMISEL Nadala algus
Puhastage aspireeriv sond O [6pp
Asendage aspireeriv sond O
Asendage siistlad O Kuu
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12.2 Kanistrid

| Moéned immunohistokeemilises ja in situ hiibridisatsioonis kasutatavad reaktiivid

on ohtlikud. Enne jatkamist veenduge, et olete labinud selleks protseduuriks
piisava koolituse.

a. Reaktiivide kdsitsemisel vdi seadme puhastamisel kandke lateks- voi
nitriilkindaid, kaitseprille ja muid sobivaid kaitserdivaid.

b. Kasitsege reaktiive ja kondensaati ning kdrvaldage need vastavalt kdikidele
asjakohastele protseduuridele ning laboris kehtivatele riiklikele
eeskirjadele.

Mdned BOND-i to6tlusmoodulites kasutatavad reaktiivid on tuleohtlikud.
Arge asetage leeki ega siiiiteallikat t6tlusmoodulite ldhedusse.

Veenduge, et kdik kanistrite lahtised korgid oleksid parast taitmist voi
tihjendamist korralikult suletud.

Kontrollige kanistrite taset iga paev (véhemalt) ja puhastage kanistreid kord kuus. Vt andmeid:

o 12.2.1 - Kanistrite tasemete kontrollimine

o 12.2.2 - Kanistrite taitmine voi tiihjendamine

o 12.2.3 - Kanistrite puhastamine

o 12.2.4-Viline jadtmekanister (ainult BOND-MAX)

12.2.1 Kanistrite tasemete kontrollimine

Kontrollige kanistrite taset iga padeva alguses. Kontrollige ka enne Gise voi pikema tstikli kdivitamist. Suure
kaibega laboritel voib olla vaja kavandada kaks kanistrite kontrolli pdevas.

To6tlusmoodulil BOND-III ja to6tlusmooduli BOND-MAX praegusel mudelil (ja kdigil BOND-MAX-i valistel
jaatmekanistritel) on vedelikutase ndha kanistri seinte kaudu. BOND-MAX-i |abipaistmatute kanistritega
mudelite puhul tdstke kanistrite otsad mahu hindamiseks (les — neid ei ole vaja seadmest eemaldada,
sest see kdivitab tagasipanekul vedelikupumba.

Kuval System status (Siisteemi olek) olevad ikoonid naitavad kanistrite tasemeid seadmes BONDning
neid kasutatakse korge jadtmetaseme voi madala reaktiivitase teatamiseks seadmel BOND-MAX.
Kasutage ikoone ainult tasemete kinnitamiseks ja/vdi teavituste vaatamiseks — need ei asenda
igapaevaseid fidsilisi kontrolle.

BOND-i to66tlusmoodulid on varustatud kanistri valgustussiisteemiga (vt jaotist Kanistrite
valgustussiisteem (BOND-III) Ik 32).

Taitke voi tiihjendage kanistreid jargmistel tingimustel.

« Tihjendage jaatmekanistrid, mis on dle poole téis.
« Taitke reaktiivikanistrid, mis on vdhem kui pooleni téis.

Vit jaotist 12.2.2 - Kanistrite tditmine voi tihjendamine.
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(vajaduse korral sagedamini — vt {ilaltoodud juhiseid). Vastasel juhul voivad

f Kontrolligekanistrite tasemeid ja tiihjendage voi taitke need iga paeva alguses

tsiiklid peatuda, mis vdib kahjustada varvimist.

12.2.2 Kanistrite taitmine voi tihjendamine

Kui kontrollite kanistri taset, tihjendage jaatmekanistrid, mis on lle poole téis, ja taitke alla poole tais
reaktiivikanistrid. Piihkige alati ara koik kanistrite taitmisel voi tiihjendamisel tekkivad vedelikupritsmed.
Puhastage kanistrite ja korkide valiskiilg enne seadmesse tagasipanekut.

Vt eraldi tiihjendamise ja taitmise juhiseid allpool. Kui peate tsiikli ajal kanistri tiihjendama vai tditma, on
jaotises 12.2.2.5 - Tsiiklite ajal selleks juhised.

12.2.2.1 - Reaktiivikanistri tditmine — BOND-III

12.2.2.2 - Ohtlikest jaatmetest tihjendamine — BOND-lII

12.2.2.3 - Tavajaatmetest tiihjendamine — BOND-III

12.2.2.4 - Ohtlikest jaatmetest tihjendamine vai reaktiivikanistri tditmine — BOND-MAX
12.2.2.5 - Tsiiklite ajal

Vi jaotisest 12.2.4 - Véline jaatmekanister (ainult BOND-MAX) BOND-i valise kanistri tiihjendamise
juhiseid.

Pange taidetud voi tiihjendatud kanistrid alati t66tlusmooduli samadesse
asukohtadesse tagasi. Vastasel korral vbivad reaktiivid saastuda ja varvimise
kvaliteet halveneda.

Arge muutke reaktiivikanistris oleva reaktiivi tiilipi. See voib pdhjustada
saastumist ja varvimistulemust kahjustada.

> B>

Arge suruge kanistreid tagasi oma kohale, sest see véib kanistrit ja
vedelikuandurit kahjustada.

12.2.2.1 Reaktiivikanistri taitmine — BOND-III

0 BOND-III-i reaktiivikanistreid saab tdita, kui need on seadmes. Neid ei ole vaja kanistrilahtrist eemaldada.

1.

Keerake reaktiivikanistri kork lahti ja taitke kanister.

2. Kui kanister on tais, pange kork tagasi ja keerake kinni.

Kui kasutate BOND-III-i seadmetes olevatesse kanistritesse reaktiivi lisamisel
lehtrit, veenduge, et lehter oleks puhas. Vastasel korral voivad reaktiivid saastuda

ja varvimine halveneda.
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1.

o s~ DN

Veenduge, et to6tlusmoodul ei té6taks.

Kui tsikli ajal antakse teada, et jaatmekanister on tais, jargige kanistri tiihjendamiseks neid juhiseid
— vt ka jaotist 12.2.2.5 - Tsuklite ajal.

Tdémmake kanister kanistrilahtrist valja.
Avage kork ja visake jaatmed dra oma asutuses heaks kiidetud protseduuride kohaselt.
Pange kork tagasi ja keerake kinni.

Pange kanister tagasi seadmesse. Liikake ettevaatlikult, kuni tunnete, et kanistri liitmik on kohakuti
litmikuga korpuse tagaosas. Seejarel suruge kanistrit tugevalt, kuni liitmik on téielikult kinnitunud,
et tagada lekkekindel tihendus.

12.2.2.3 Tavajaatmetest tithjendamine — BOND-III

Kuna tavajaatmete kanistreid on kaks, saate téis kanistri (kui kanistri ikoon néitab kuval System status
(Sisteemi olek), et kanister on tais) igal ajal, sealhulgas t66tlemise ajal, eemaldada (vt jaotist

5.1.3.6 - Kanistri olek). Arge seadme té6tamise ajal eemaldage mdlemat jaatmekanistrit korraga, ja kui
kuval System status (Siisteemi olek) ei ndidata, et kanister on tais, soovitame enne selle eemaldamist
oodata, kuni to6tlemine on I6ppenud. Kui jadtmekanistri eemaldamine on ohutu, jargige Ulaltoodud etapi
(2) juhiseid ohtlike jadtmete tiihjendamiseks.

joonis 12-1: Jaatmekanistri asetamine tagasi oma kohale
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— BOND-MAX

1. Veenduge, et to6tlusmoodul ei téotaks.

Kui tsukli ajal antakse teada, et jaatmekanister on tais, jargige kanistri tiihjendamiseks neid
juhiseid. Vt jaotist 12.2.2.5 - Tsiiklite ajal.

2. Tommake kanister kanistrilahtrist vélja.

Seletus

1 Taite-/tihjenduskork
2 Vedelikutaseme anduri kork
3 Liitmik
joonis 12-2: BOND-MAX-i ohtlike jadtmete kanister (vasakul) ja reaktiivikanister (paremal)

3. Kanistri téitmine vdi tiihjendamine

« Jaatmete puhul avage téite-/tihjenduskork (nr 1 in joonis 12-2) ja kdrvaldage jaatmed
vastavalt oma asutuse heakskiidetud korrale.

« Reaktiivi puhul asetage kanister tasasele pinnale, avage téite-/tiihjenduskork (nr 1, joonis 12-
2) ja taitke see vahetult kaela alumise osani, millele kork kinnitub.

Arge eemaldage vedelikutaseme anduri korki lahtiselt kanistrilt, kuna see véib
kahjustuda. Tiihjendage ja taitke kanistreid ainult taite-/tiihjenduskorgi kaudu.

4. Pange kork tagasi ja keerake kinni.
5. Pange kanister tagasi seadmesse. Likake ettevaatlikult, kuni tunnete, et kanistri litmik on kohakuti

litmikuga korpuse tagaosas. Seejarel suruge kanistrit tugevalt, kuni liitmik on téielikult kinnitunud,
et tagada lekkekindel tihendus.
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12.2.2.5 Tsiiklite ajal

Kui tehakse igapdevast kanistrite kontrolli (lisakontrollid enne diseid ja pikendatud tsiikleid ning
regulaarsed lisakontrollid suure analiiisivdimsusega laborites), ei tohi t66tlemise ajal jaatmekanistrid
taituda ega reaktiivikanistrid tiihjeneda. Kui kumbki neist juhtub tsiikli ajal, peate vastavad kanistrid
tiihjendama vai taitma. Oige protseduuri tagamiseks lugege allolevaid juhiseid.

Jaatmekanister on tais - BOND-MAX

Kui jaatmekanister saab tsiikli ajal peaaegu tais, kuvatakse kuval System status (Siisteemi olek) vastava

kanistri ikoonil teavituse siimbol U .

Tegutsege kohe, et kanister tiihjendada. Jargige kdiki oma asutuses kehtivaid ohutusndudeid ja jaatmete
kdrvaldamise protseduure. Kui tegutsete kiiresti, vdite valtida tsiikli peatamist v6i vdhendada pausi aega.
Tsukli peatamine v6ib varvimist kahjustada.

Kui tsiikkel peatub ajal, millal kanistrit tiihjendate, voi jatkate t66d, kuni té6tlusmoodul peatub

automaatselt, ilmub kanistri ikoonile alarm 4% (vilkuv) voi hoiatuse siimbol . Pange tiihjendatud
kanister esimesel vbimalusel tagasi, jargides eespool toodud juhiseid ja ettevaatusabindusid.

Looge aruanne Run Events Report (Tsiiklisindmuste aruanne), et ndha peatamise mdju tsiiklile.
Reaktiivikanister tiihi — BOND-MAX

Kui reaktiivikanister muutub peaaegu tiihjaks, kuvatakse kuval System status (Siisteemi olek) vastava

kanistri ikoonil teavituse siimbol U .

1. Avage kuva Protocol status (Protokolli olek) ja vaadake t66tlusmooduli iga tsiikli praegusi ja
tulevasi etappe.

2. Kui moni tstikkel kasutab hetkel voi hakkab varsti kasutama reaktiivi, mille tase on madal, oodake
kuni reaktiivi kasutamise etapid on I6ppenud.

3. Kui reaktiivide kasutamise tapid on |d6ppenud, eemaldage kanister, taitke ja asendage see
voimalikult kiiresti (jargides koiki standardseid ohutusabindusid).
Aja saastmiseks ei pea te kanistrit tditma tavalise maksimumtasemeni

Kui BOND-MAX-i kanister vajab to6tlemise ajal taitmist, kontrollige alati kuva
Protocol status (Protokolli olek) ja veenduge, et kanistrit parasjagu ei kasutata
ega hakata kasutama. Vastasel juhul vivad objektiklaasid jadada toéotlemata.
Pange kanister parast taitmist kohe tagasi.

Sellise olukorra véltimiseks kontrollige kanistri taset iga paev (vajaduse korral
sagedamini — vt jaotist 12.2.1 - Kanistrite tasemete kontrollimine).
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12.2.3 Kanistrite puhastamine

Jargmised puhastusprotseduurid tuleb teha kord kuus.

12.2.3.1 ER1, ER2, BOND-i pesu- ja deioniseeritud vee kanistrid

1. Tihjendage ERT1, ER2, BOND-i pesu ja deioniseeritud vee reaktiivikanistrid.
2. Peske mahuteid to0stusliku puhastusvahendiga, seejarel loputage hoolikalt deioniseeritud veega.
3. Laske kanistritel enne uue reaktiiviga taitmist ja seadmesse tagasi panemist kuivada.

12.2.3.2 Deparafineerimisvahendi ja alkoholi kanistrid

1. Tihjendage deparafineerimisvahendi ja alkoholi kanistrid. Kérvaldage deparafineerimisvahend ja
alkohol kanistritest oma asutuse heakskiidetud protseduuride kohaselt.

2. Valage igasse kanistrisse vaike kogus varsket reaktiivi ja liigutage vedelikku kanistri seinte imber,
et eemaldada saasteained. Tiihjendage kanister, kui olete I6petanud. Kérvaldage jaagtmed oma
asutuse heakskiidetud korra kohaselt.

Markus. Arge kunagi kallake vett ega pesuaineid alkoholi vdi deparafineerimisvahendi kanistrisse.

3. Taitke kanister varske reaktiiviga ja pange tagasi seadmesse.

12.2.3.3 Jaatmekanistrid

1. Tihjendage kanistrid kdikidest jaatmetest. Korvaldage jaatmed oma asutuse heakskiidetud korra
kohaselt.

2. Puhastage jaatmekanistreid 0,5% pleegituslahusega (w/v) voi to6stusliku pesuainega ja loputage
hoolikalt deioniseeritud veega.

3. Pange jaatmekanistrid seadmesse tagasi.
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12.2.4 Viline jadtmekanister (ainult BOND-MAX)

Tiihjendage BOND-MAX-i 9 | véaline tavajadtmete kanister iga paeva alguses ja kontrollige selle taset enne
Oist voi pikendatud tsiiklit. Tiihjendage, kui see on poolenisti tais voi lle selle, kasutage kanistri sildil
olevat valget horisontaaljoont poole taseme néitajana — vt jaotist joonis 12-3.

Seletus
1 1 Taite-/tihjenduskork
s I 2 Pooltais tase

Bulk
Waste

joonis 12-3: BOND-MAX-i 9 | valine tavajaatmete kanister
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Puhastage kanistrit kord kuus, nagu ka teiste kanistrite puhul (vt jaotist 12.2.3 - Kanistrite puhastamine).

1. Veenduge, et to6tlusmoodul ei té6taks.

Kui tsukli ajal antakse teada, et jaatmekanister on tais, jargige kanistri tiihjendamiseks neid
juhiseid. Vt jaotist 12.2.2.5 - Tsiiklite ajal.

2. Kanistril on liitmikud, mis paiknevad naiteks kohas joonis 12-4 (pange téhele, et moned
anduriliitmikud on mustad, mitte hobedased, nagu naidatud).

Seletus

1 Vedelikutaseme anduri
liittmik

2 Vedelikuliitmik

joonis 12-4: Vilise jadtmekanistri liitmikud

i. Tostke poidlaga anduri liitmiku (1) punast riivi ja tdmmake liitmik korgist eemale.
ii. Vajutage vedelikuliitmikul (2) olevat metallnuppu ja tdmmake liitmik korgist eemale.

3. Eemaldage taite-/tiihjenduskork, et kanister tiihjendada. Arge eemaldage liitmikega korki.
Korvaldage jadtmed oma asutuse heakskiidetud korra kohaselt.

4. Pange téite-/tihjenduskork tagasi ja keerake kindlalt kinni ning pange kanister tagasi
t66tlusmoodulisse.

5. Vajutage vedelikuliitmik tagasi korgi ihendusele, kuni see kohale kldpsatab.

6. Pange anduriliitmik tagasi. Vajutage liitmik alla korgitihenduse aluseni.

Kui valine jaatmekanister on tais, on see raske.
Kasutage vilise jaatmekanistri tihjendamisel digeid tdstmisvotteid.

Kahjustuste valtimiseks lahutage andur ja vedelikuiihendused alati enne kanistri
tiihjendamist.
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12.3 Katteplaadid Covertile

Puhastage katteplaadid Covertile parast iga kasutuskorda (selle jaoks véib kasutada vahendit Leica
Biosystems Covertile Cleaning Rack). Katteplaate v&ib taaskasutada kuni 25 korda, kui need pole
kahjustatud vdi oluliselt varvi muutnud ja kui neid puhastatakse digesti. Visake katteplaadid &ra, kui need
on kahjustatud voi kui varvimiskvaliteet halveneb.

12.3.1 DAB jaakide eemaldamine (valikuline)

1. Leotage vahemalt 30 minutit varskes lahuses, mis sisaldab 0,5% w/v naatriumhipokloritit
deioniseeritud vees.

2. Eemaldage ja kastke 10 korda varskesse deioniseeritud vette.
3. Tehke standardpuhastus (vt allpool).

12.3.2 Tavaline puhastamine (kohustuslik)

1. Leotage vdahemalt 10 minutit 100% IMS-is (t66stuslikus metiiilpiirituses), etanoolis voi reaktiivi
kvaliteediga alkoholis.
2. Loksutage 30 sekundit ja eemaldage.
3. Kuivatamine:
« kuivatage ebemevaba lapiga vdi
« laske dhu kées kuivada.

4. Kontrollige katteplaate Covertile hoolikalt takete, pragude ja vaandumise suhtes. Kdrvaldage mis
tahes kahjustuse korral.
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12.4 Objektiklaaside varvimiskamber

Tootlusmoodulitel on soojendid ja soojendusega pinnad, mis voivad siittida, kui
& tuleohtlikud materjalid on paigutatud vahetusse lahedusse:

« Arge asetage kergestisiittivaid materjale soojenditele ega nende
l&hedusse.

« Arge asetage tuleohtlikke materjale todtlusmooduli kuumadele pindadele.

« Veenduge, et kdik kanistrite lahtised korgid oleksid péarast taitmist voi
tihjendamist korralikult suletud.

Valtige kokkupuudet varvimiskambrite ja nende imbrusega. Need vdivad olla
vaga kuumad ja pdhjustada tOsiseid pdletusi. Laske 20 minutit parast 166
Idpetamist objektiklaasi varvimisseadmetel ja nende iimbrusel jahtuda.

Puhastage ettenahtud komponente ainult kadsitsi. Kahjustuste valtimiseks arge
peske iihtegi komponenti automaatpesumasinas. Arge puhastage iihtki osa
lahustite, tugevate vdi abrasiivsete puhastusvedelikega ega karedate voi
abrasiivsete lappidega.

Enne llemise plaadi puhastamist vdi eemaldamist veenduge, et kanistrirobotid
(BOND-III) oleks seadme tagaosas algasendis ega paikne piki objektiklaasi
varvimiskambreid.

Arge kasutage pesuplokkide aukude vdi objektiklaasi varvimiskambri
takistuspostide puhastamiseks Q-otsakuid ega muid puuvillase otsaga
aplikaatoreid, kuna puuvillane ots vaib lahti tulla ja ummistust pdhjustada.

> ||| BB

Tavaline puhastamine
Puhastage objektiklaasi varvimiskambreid kord nddalas vdi sagedamini, kui on ndha jaake.

Kasutage ebemevaba lappi, mida on niisutatud 70% alkoholiga (nii vahe kui véimalik). Sademe
eemaldamiseks kasutage BOND Wash Solutionit (nii vahe kui véimalik), seejérel loputage deioniseeritud
veega.

BOND-III korral piihkige kanistriroboti juhtsiini (nr 3 joonisel joonis 12-6).

Keerake lilemine plaat lahti (vt jaotist Ulemise plaadi eemaldamine |k 257) ja puhastage:
« Soojendi padjad
« daravooluavad ja dravoolupostid
« soojend patjade vahelised alad
« patju imbritsev lekkealus
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Veenduge alati, et dravooluavad (sh véikesed &dravoolipostid avade servadel) oleksid vodrmaterjalist
puhtad ja ilma kriimustuste vdi muude kahjustusteta. Votke tihendust klienditoega, kui need voi
objektiklaasi varvimiskambrite muud komponendid on kahjustatud.

Seletus

1 Katteplaadi Covertile
klambrid

2 Aravooluavad ja
aravoolupostid

3 3 Soojendi padjad
4 Lekkealus

joonis 12-5: Objektiklaasi varvimiskamber avatud llemise plaadiga

Kui tGlemine plaat on avatud, kontrollige katteplaadi Covertile alumisel kiiljel olevaid klambreid ja
veenduge, et vedrujalad liiguksid vabalt. Kui klambrivedrud ei liigu vajutamisel tagasi, votke iihendust
klienditoega ja vahetage need vilja.

Ulemise plaadi eemaldamine

1. Veenduge, et tootlusmoodul oleks jdudeolekus, ja liilitage toide vilja.

2. Avage lilemine plaat, surudes seda alla ja keerates siniseid keerdkinnitusi kummaski otsas (nr 1
joonisel joonis 12-6 ja joonis 12-7) veerand p&oret vastupdeva. Poorake tilemine plaat hingedel
tagasi (seadme poole vaadates avaneb ilemise plaadi parem kiilg).

Seletus

1 Keerdkinnitused
2 Poordhinged

3 Kanistriroboti juhtsiin

joonis 12-6: BOND-III lilemine plaat
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Seletus

1 Keerdkinnitused

2 Poordhinged

joonis 12-7: BOND-MAX llemine plaat

3. Ulemise plaadi taielikuks eemaldamiseks (ei ole vajalik regulaarseks puhastamiseks) tdmmake
plaadi mélemas otsas asuvaid vedruga poordkinnitusi (nr 2 joonisel joonis 12-6 ja joonis 12-7) ning
tostke plaat objektiklaasi varvimiskambrist eemale.

joonis 12-8: Ulemise plaadi pdérdkinnituse vabastamine

Ulemise plaadi asendamine

Markus. BOND-lII-i objektiklaasi varvimiskambri Glemised plaadid on nummerdatud, asetage dige lilemine
plaat alati digele objektiklaasi varvimiskambrile (seadme poole vaadates on vasakpoolne objektiklaasi
varvimiskamber number (iks).

1. Leidke objektiklaasi varvimiskambri poordepunktid. Hoidke lilemist plaati avatud asendis ja
asetage ks poordkinnitustest objektiklaasi varvimiskambri poordepunkti.

2. Tommake teist poordkinnitust, asetage plaadi ots oma kohale ja vabastage seejarel kinnitus.

3. Sulgege iilemine plaat, kontrollides, kas plaadi mdlemas otsas olevad augud haakuvad korralikult
paigaldustihvtidega.

4. Hoidke llemist plaati all ja keerake podrdkinnitusi paripdeva. Need peaksid kinnituma tugevalt
veerandi poorde vorra paripaeva.
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12.4.1  Objektiklaasi varvimiskambri lukustusest
avamine kasitsi

Iga objektiklaasi varvimiskambri saab kasitsi avada, nditeks elektrikatkestuse korral objektiklaaside
eemaldamiseks.

Objektiklaasi varvimiskambrid sisaldavad liikuvaid osi, mis vbivad pdhjustada
raskeid vigastusi. Enne objektiklaasi varvimiskambrite kasitsi lukustusest

avamist: lilitage to6tlusmooduli toiteldliti valja, lllitage toiteallikas vélja ja
lahutage toitepistik seinast.

e 12.4.1.1 - BOND-III
e 12.4.1.2-BOND-MAX

12.4.1.1 BOND-III

Seda protseduuri tohivad labi viia ainult kasutajad, keda on hoiatatud voimalike

f Sistlapumba moodul (BOND-III) on raske ja vdib vabastamisel ettepoole kukkuda.
ohtude eest ja kes on saanud piisava valjadppe.

Objektiklaaside varvimiskomplekti kasitsi avamiseks seadmel BOND tehke jargmist.

1. Ldllitage vorgutoide vélja ja eemaldage toitejuhe.

2. Kruvige lahti neli stistlamooduli katet kinnitavat kuuskantkruvi, kasutades komplektis olevat 3 mm
kuuskantvotit. Eemaldage kate, et saada paremini juurde vabastustihvtidele ja mooduli
kaepidemele.

3. Leidke kaks vabastustihvti esimese ja neljanda siistlapumba korval.

e

joonis 12-9: Vabastustihvtide asukoht avatud seadmel
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4.

9.

Témmake kaht tihvti enda suunas, kuni nad kldpsavad, ja langetage moodul alla. Olge ettevaatlik,
et te ei tdmbaks ega pigistaks slistlapeade vedelikuvoolikuid, kui moodul edasi liigub.
Sistlapumba moodul avaneb piisavalt, et voimaldada juurdepdasu objektiklaaside
varvimiskambritele.

Leidke kasitsi vabastamise nupp objektiklaasi varvimiskambri all.

joonis 12-10: Kasitsi vabastamise nupp

Keerake nuppu joonisel joonis 12-10 ndidatud suunas. Toimingu kdigus liiguvad katteplaadid
Covertile iile objektiklaaside ning kogu koost ja alus liiguvad lles.

Jatkake vabastusnupu keeramist, kuni tunnete takistust. Niiiid peab olema voimalik
objektiklaaside aluse koostu kiiljest eemaldada.

Séilitage objektiklaase asutuses kehtestatud korra kohaselt.

10. Liikake siistlapumba moodul ettevaatlikult tagasi oma kohale, arge tdmmake ega pigistage Uhtegi

slistlapea vedelikuvoolikut.

11.Veenduge, et mooduli kummalgi kiiljel olevad kaks tihvti kldpsataks tagasi lukustatud asendisse.

Veenduge, et siistlamoodul (BOND-III) oleks enne tsiikli alustamist voi
tootlusmooduli kdivitamist taielikult suletud. Vastasel juhul vdivad siistlad
kasutamise ajal kahjustuda.

12. Paigaldage siistlamooduli kate tagasi ja kinnitage nelja kuuskantkruviga.

Enne seadme sisseliilitamist tuleb kontrollida atribuuti Protocol status (Protokolli olek) (vt jaotist
5.2 - Protokolli oleku kuva).

Kui tootlusmoodul on sisse lilitatud, lahtestub see, tuvastab koostude oleku ja sooritab kdik vajalikud
toimingud nende kasutamiseks valmis seadmiseks.

Parast lahtestamist objektiklaasi varvimiskambri olek lukustatakse ja protokolli olekukuval ei kuvata
Uhtegi etappi. To6tlemine vdib olla vdimalik seadmel BOND-III Idpule viia voi I6petage (lejaanud etapid
kasitsi.
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12.4.1.2 BOND-MAX

Objektiklaasi varvimiskambri késitsi lahtilukustamiseks seadmel BOND-MAX toimige jargmiselt.

Liilitage vorgutoide vélja ja eemaldage toitejuhe.

Avage kanistrite luuk ja eemaldage kanistrid.

Liikake alus kanistrilahtrite tilaosas vélja.

Leidke késitsi vabastamise nupp (vt jaotist joonis 12-10) objektiklaasi varvimiskambri all.

Keerake nuppu joonisel joonis 12-10 ndidatud suunas. Toimingu kaigus tuleb katteplaate Covertile
liigutada (le objektiklaaside ning kogu koost ja alus liiguvad lles.

6. Jatkake vabastusnupu keeramist, kuni tunnete takistust. Niilid peab olema vdimalik
objektiklaaside aluse koostu kiiljest eemaldada.

7. Sailitage objektiklaase asutuses kehtestatud korra kohaselt.

8. Puhastage vajaduse korral alumised ja ilemised lekkealused ning sisestage lilemine alus uuesti
kanistri lahtrisse — aluse ots 45-kraadise nurga all |laheb ettepoole, nurk tlespoole.

9. Pange kanistrid tagasi.
10. Sulgege kanistrilahtrite luuk.

a LN~

Enne seadme sissellilitamist tuleb kontrollida atribuuti Protocol status (Protokolli olek) (vt jaotist
5.2 - Protokolli oleku kuva).

Kui to6tlusmoodul on sisse lilitatud, lahtestub see, tuvastab koostude oleku ja sooritab kdik vajalikud
toimingud nende kasutamiseks valmis seadmiseks.

Parast lahtestamist objektiklaasi varvimiskambri olek lukustatakse ja protokolli olekukuval ei kuvata
tihtegi etappi. To6tlemine vdib olla vdimalik seadmel BOND-MAX I&pule viia vdi I6petage llejaanud etapid
kasitsi.

12.5 Tootlusmooduli taaskaivitamine

Koik tootlusmoodulid tuleb vélja lilitada ja taaskaivitada kord nadalas. See on oluline, sest voimaldab
tootlusmoodulil siisteemi ise diagnoosida.

Uhekohalist BOND-i kontrollerit ei ole vaja vélja liilitada ja korrapéraselt taaskaivitada. Kui aga BOND-i
tarkvaras esineb margatav aeglustumine, voib olla vajalik kontrolleri taaskaivitamine Windows Start
meniii kaudu.

Kui teil on aga BOND-ADVANCE'i siisteem, vt jaotist 16.1 - Sisteemi BOND-ADVANCE taaskaivitamine.
Tootlusmoodul

Veenduge, et to6tlusmoodulitel ei oleks laaditud, ajastatud ega pooleli tsiikleid ning lilitage seade vilja,
kasutades toiteliilitit, mis asub seadme paremal kiiljel. Oodake 30 sekundit ja lilitage seade uuesti sisse.
Kéivitamisel valmistab BOND-i siisteem vedelikusiisteemi ette ja teeb mitmeid siisteemiteste (vt jaotist
2.2.2 - To6tlusmooduli kdivitamine).

Pange tahele, et voite kdivitada vedelikusiisteemi osalise eeltditmise ilma to6tlusmoodulit vélja lilitamata
(vt jaotist - Vedelikusiisteemi puhastamine).
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Vedelikusiisteemi puhastamine

Kuval Maintenance (Hooldus) olev nupp Clean fluidics (Puhasta vedelikusiisteem) taidab

vedelikuvoolikud kanistrist (osa t66tlusmooduli ldhtestustsiklist kaivitamisel). Kaivitage protseduur, kui
kahtlustate vedelikustisteemi ummistusi vdi 6hku.

1. Veenduge, et to6tlusmoodul oleks jdudeolekus ja tsiikleid pole laaditud, ajastatud ega pooleli.

2. Valige kliinilisel klientrakendusel to6tlusmooduli vahekaart, et kuvada selle kuva System status
(Stisteemi olek).

3. Kldpsake vahekaarti Maintenance (Hooldus) ja seejarel nuppu Clean fluidics (Puhasta
vedelikuslisteem).

4. Klopsake kinnitusviibas nuppu Yes (Jah).
5. Vedelikusiisteemi taidetakse, mis voib votta mitu minutit.
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12.6 Aspireeriv sond

Aspireeriv sond puhastatakse automaatselt pesuplokis parast kokkupuudet reaktiiviga osana
tavaparasest to0protsessist. Siiski tuleks teha ka tdiendav iganddalane piihkimine ja puhastamine BOND-i
aspireeriva sondi puhastussiisteemiga. Puhastussiisteemi reaktiivid on BOND-i siisteemi jaoks
optimeeritud ja BOND-i tarkvara kasutab pesemistdhususe suurendamiseks loodud puhastusprotokolli.
BOND-i tarkvara hoiatab kasutajaid, kui sond tuleb puhastada ja vélja vahetada.

Arge liigutage peamist robotkatt, kui tédtlusmoodul on sisse liilitatud. Robot véib
joondusest valja minna, mille tagajarjel on varvimistulemus halb.

Kui robotit on liigutatud: lilitage seade vilja, oodake 30 sekundit ja kaivitage
uuesti.

Vi

e 12.6.1 - Aspireeriva sondi puhastamine
o 12.6.2 - Aspireeriva sondi asendamine

12.6.1 Aspireeriva sondi puhastamine

Enne pihkimist lllitage to6tlusmoodul alati vélja ja olge ettevaatlik, et sond ei vaanduks. Piihkige
aspiratsioonisondi vélispinda iga nadal 70% alkoholilahusega ebemevaba lapiga véi alkoholipadjakesega.
Kontrollige aspiratsioonisondi kiilge tihendatud voolikuid ja veenduge, et voolikud ei oleks keerdus ja
oleksid objektivabad. Voolik peab olema puhas.

BOND-i tarkvara teavitab teid sondi puhastamise vajadusest slisteemi BOND Aspirating Probe
Cleaning System abil iga 300 objektiklaasi jarel (vt 12.6.1.1 - Aspireeriva sondi puhastamine).
Arvestus lahtestatakse automaatselt, kui on kaivitatud puhastus vdi sond asendatud. —

BOND-i aspireeriva sondi puhastussiisteemid tuleb BOND-i slisteemis registreerida, kui need on
saadud samal viisil kui tuvastussiisteemid (vt jaotist 8.3.3 - Reaktiivide ja reaktiivisiisteemide
registreerimine). Tarkvara salvestab puhastussiisteemi kasutuse, voimaldades 15 puhastust igal
ststeemil.

Puhastussiisteemides olevate reaktiivide tdhususe séilitamiseks laadige need t66tlusmoodulitesse ainult
siis, kui neid on vaja kasutada. Te ei saa aspireerivat sondi puhastada, kui seadmesse on laaditud muud
reaktiivid voi reaktiivisiisteemid, ja puhastussiisteemi seadmesse laadimise ajal ei ole voimalik
objektiklaaside t66tlemist alustada.

12.6.1.1 Aspireeriva sondi puhastamine

Aspireeriva sondi puhastamiseks BOND-i aspireeriva sondi puhastussiisteemiga jargige alltoodud
juhiseid.
Puhastusprotokoll kestab umbes 20 minutit.

1. Veenduge, et to6tlusmoodul oleks jdudeolekus ja tsiikleid pole laaditud, ajastatud ega pooleli.

2. Eemaldage to6tlusmoodulist kdik reaktiivi- voi reaktiivisiisteemi alused.
3. Sisestage BOND-i aspireeriva sondi puhastussiisteem t66tlusmooduli reaktiivialusele.
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4. Valige kliinilisel klientrakendusel t66tlusmooduli vahekaart, et kuvada kuva System status
(Stisteemi olek).

5. Kldpsake vahekaarti Maintenance (Hooldus) ja seejérel nuppu Clean aspirating probe (Puhasta
aspireeriv sond).

6. Kldpsake viiba kuvamisel nuppu Yes (Jah), et alustada puhastamisega.
Algab puhastusprotokoll, mida tahistab puhastusikoon t66tlusmooduli vahekaardil.

7. Oodake, kuni saate teate, et puhastus on |6ppenud.
8. Eemaldage BOND-i aspiratsioonisondi puhastussiisteem reaktiivialuselt.

9. Kldpsake OK dialoogiaknas Cleaning complete (Puhastamine on IGpetatud), et jatkata normaalset
166d.

12.6.2 Aspireeriva sondi asendamine

BOND-i tarkvara teavitab teid, et peate asendama aspireeriva sondi iga 7800 t66deldud
objektiklaasi jarel. Vt jaotist 5.1.2 - Riistvara olek. q
]

Kui soovite, et Leica Biosystems-i hooldusinsener asendaks aspireeriva sondi, votke Gihendust
klienditoega. Vastasel juhul vdite aspireeriva sondi asendada allpool kirjeldatud viisil.

Aspireeriva sondi asendamiseks ei ole tooriistu vaja.
12.6.2.1 Aspireeriva sondi eemaldamine

Seletus

_.::_
R

e

Aspireeriva sondi voolik
Liitmik

Aspireeriva sondi statiiv

A WON

Isolaatoriplokk, taga
LE poidlakruvi

5 Aspireeriv sond

joonis 12-11: Aspireeriva sondi koost:

Eemaldage aspireeriva sondi koost jargmiselt.

1. Veenduge, et to6tlusmoodul oleks jdudeolekus ja et tsiikleid ei oleks laaditud, ajastatud ega
pooleli.

2. Valige kliinilises klientrakenduses t66tlusmooduli vahekaart, et kuvada selle kuva System status
(Siisteemi olek) kuva.

3. Kldpsake vahekaarti Maintenance (Hooldus) ja seejarel nuppu Replace aspirating probe (Asenda
aspireeriv sond).
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>

Lugege tahelepanelikult dialoogiaknas Replace aspirating probe (Asenda aspireeriv sond) olevaid
juhiseid ja seejarel kiopsake jatkamiseks nuppu Yes (Jah).

5. Tootlusmoodul valmistab niitid vedelikusiisteemi ette aspireeriva sondi asendamiseks.

Kui vedelikusiisteemi ettevalmistamine on IGpetatud (see voib votta veidi aega), katkestab
sl

to6tlusmoodul Gihenduse tarkvaraga, mida néitab T vahekaardil Status screen (Olekukuva).

6. Lilitage to66tlusmoodul vélja ja avage kaas.
7. Pihkige sondi otsa niiskuse voi tilkade eemaldamiseks lapiga.

8. Keerake kasikruvi isolaatoriploki tagaosas taielikult lahti (kruvi ei saa eemaldada). Vaadake fotot
jargmisel lehekiiljel.

ﬁ Kui te kasikruvi taielikult lahti ei keera, vdite teflonkattega aspireerivat sondi kahjustada.

9. Hoidke katmata otsa isolaatoriploki all ja liikake seda ettevaatlikult liles veendumaks, et see on
lahti.
Arge tdmmake voolikut kohe aspireeriva sondi statiivi tilaosast (nr 3 joonisel joonis 12-11), sest
see voib vooliku otsast vélja nihutada.

10.Kui sond on 18tvunud, tdmmake voolikud ettevaatlikult l1abi aspireeriva sondi statiivi lilespoole ja
eemaldage.

11.Keerake aspireeriva sondi vooliku liitik (nr 2 joonisel joonis 12-11) robotk&est vasakul pool olevast
,2ahelast” lahti.
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12.6.2.2 Uue aspireeriva sondi paigaldamine

Aspireeriva sondi paigaldamine on oluline toiming. Kui see ei ole digesti paigaldatud, vdib see mdjutada
varvimist. Kui teil on selle toiminguga seoses mingeid muresid, votke ihendust klienditoega.

Seletus
1T 2mm
2 Kasikruvi

joonis 12-12: Aspireeriva sondi reguleerimine

Paigaldage uus aspireeriva sondi koost jargmiselt, olles ettevaatlik, et teflonotsa mitte kahjustada.

1. Veenduge, et aspireeriva sondi statiiv oleks taielikult iiles tostetud.

2. Eemaldage uus aspireeriv sond ettevaatlikult selle kaitsekonteinerist.

3. Sisestage aspireeriv sond statiivi lilaossa, kuni aspireeriva sondi ots valjub isolaatoriplokist,
seejarel peatuge.
Kui sond ei liigu kergesti labi, kontrollige, kas kasikruvi on lahti, ja paigutage sond uuesti, kuni see
sisse libiseb. J6udu ei tohiks vaja minna.

4. Hoidke aspireeriva sondi statiivi iihe kdega ja aspireeriva sondi otsa teisega.
Témmake sondi aeglaselt, kuid kindlalt allapoole, kuni see peatub.

Sondi ilaosas peab olema ndha umbes 2 mm roostevaba terast (vt paremal), sondi teflonkatte ja
isolaatoriploki all oleva vooliku vahel.
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5. Hoides endiselt aspireerivat sondi all, keerake kasikruvi isolaatoriploki tagaosas kinni (nr 4 joonisel
joonis 12-11). Pingutage tugevalt sérmedega.

Arge iile pingutage, sest see vdib aspireerivat sondi kahjustada.

Kontrollige ettevaatlikult, kas aspireerivat sondi saab podrata voi liles-alla liigutada. Sond ei tohiks
liilkuda.

Vaadake sondi eest ja kiiljelt, veendumaks, et see oleks vertikaalne koigil tasanditel. Kui sond ei ole
vertikaalne, keerake kasikruvi lahti ja kontrollige uuesti, kas see on korralikult paigas. Kui sond ei
ole ikka vertikaalne, st on kdverdunud, asendage see uuega.

6. Keerake kasitsi aspireeriva sondi voolikuliitmik (nr 2 joonisel joonis 12-11) ,ahela” ploki kiilge. Arge
ule pingutage.

7. Veenduge, et aspireeriva sondi statiiv oleks taielikult lles tdstetud, seejarel lilitage to6tlusmoodul
sisse. To6tlusmoodul valmistab siisteemi kaivitamise ajal ette — kontrollige Gihendusi ja sondi otsa
veendumaks, et siisteemi ei lekiks eeltditmise ajal vedelikku.

8. Kui olete aspireeriva sondi asendanud, kldpsake kinnitusdialoogis Yes (Jah). Kui te ei ole kindel,
kas uus aspireeriv sond on digesti paigaldatud, klopsake No (Ei) ja votke iihendust klienditoega.

9. Kontrollige, kas uus aspireeriv sond on digesti paigaldatud, toodelge testkudesid voi
kontrollkudesid ja veenduge, et saavutatud oleks dige varvumine.
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12.7 Pesuplokk ja segamissdlm

Segamissdlm sisaldab reaktiivide segamiseks kuut siivendit. See sobitub pesuplokki siseosana.

— ] DOOOCH—

joonis 12-13: Pesuploki pealtvaade, kus on paigaldatud pesemisala (1) ja segamissolm (2)

Mdned immunohistokeemilises ja in situ hiibridisatsioonis kasutatavad reaktiivid
on ohtlikud. Enne jatkamist veenduge, et oleksite labinud piisava ohutuskoolituse.

Kontrollige regulaarselt segamissdlme varvimuutusi ja lldist seisukorda ning vajaduse korral vahetage
see vdlja. Tavahoolduse kadigus vahetage sdlme kord kuus. Enne eemaldamist veenduge alati, et kdik
tsiiklid oleksid 16ppenud.

Segamissdlme eemaldamiseks haarake segamissolme tagakaiiljel olevast sakist ja tdstke see vilja.
Segamissolme puhastamine

Segamissdlme saab kasutada kuni igakuise vahetamiseni, eeldusel, et see pole kahjustatud ega tugevalt
varvi muutnud, ja eeldusel, et seda puhastatakse korralikult.

1. Kui puhastamine on vajalik, leotage seda vahemalt 30 minutit varskes 0,5% w/v
naatriumhupokloriti lahuses deioniseeritud vees.

Eemaldage ja kastke 10 korda varskesse deioniseeritud vette.

Leotage vahemalt 10 minutit reaktiivi kvaliteediga alkoholis.

Loksutage 30 sekundit ja eemaldage.

Laske 6hu kaes kuivada.

a s W

Pesuploki puhastamine

Puhastage pesuplokki kord nddalas ebemevaba lapiga.

Arge kasutage sisemiste pesuplokkide aukude puhastamiseks Q-otsakuid ega
muid puuvillase otsaga aplikaatoreid — kui puuvillased otsad ara tulevad, vdivad
need auke umistada.
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12.8 Katted, luugid ja kaas

Puhastage t66tlusmooduli katteid, luuke (kui olemas) ja kaant kord nddalas tolmuharja voi lapiga.

Arge kasutage mingeid puhastusvahendeid, vajadusel kasutage katete, luukide ja kaane tolmust
puhastamiseks vett, et valtida mustuse kogunemist.

Kui mdni kate, uks voi kaas deformeerub voi kahjustub, votke asendamiseks ihendust klienditoega.

12.9 ID-pildistaja

Objektiklaaside korrektse identifitseerimise tagamiseks tuleb peamise robotkae ID-pildistaja aken hoida
puhas. Iga nadal voi kui pildistaja ei pildista kujutise ID-d sageli digesti, puhastage akent 70%
alkoholilahuses niisutatud ebemevaba lapiga.

Upde

' .

joonis 12-14: ID-pildistaja

BOND 6.0 kasutusjuhend (mitte USA ja Hiina jaoks) Vers. AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 269



12. Puhastamine ja hooldus (BOND-IIl ja BOND-MAX)

12.10 Lekkealused

Puhastage lekkealuseid kord kuus vdi sagedamini, kui on ndha mahavalgunud reaktiivi voi jaatmeid. Kui
alusele on kogunenud liigselt jaatmeid voi soolasid, votke Gihendust klienditoega.

e 12.10.1 - BOND-IlI-i kanistri lekkealused
e 12.10.2 - BOND-III-i seadme lekkealus
e 12.10.3 - BOND-MAX-i kanistri lekkealus

12.10.1 BOND-III-i kanistri lekkealused

BOND-III-il on kaks kanistri lekkealust, mis asuvad seadme Ulemiste ja alumiste kanistrite all.

BOND-IIl-i kanistrite lekkealuste puhastamiseks toimige jargmiselt.

1. Veenduge, et t66tlusmoodul ei tootaks.

2. Eemaldage koik kanistrid.

3. Eemaldage mustad katted, mis kaitsevad kanistrite kaaluandureid (vt jaotist joonis 12-15). Piihkige
katet 70% alkoholilahuses niisutatud lapiga vdi marliga.

LLILET] 1) iR EEEIDEEERT jut 1l Ll LI L]

goo0nunn

joonis 12-15: BOND-III kanistrite lekkealused, millel on ndha kaaluanduri katteid
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4. Puhkige lekkealuseid 70% alkoholilahusega. Valtige kokkupuudet nahtavate metallist
kaaluanduritega.

5. Kuivatage lekkealused paberratikuga.
6. Pihkige koik kanistrid ja viige need digesse asendise tagasi.

12.10.2 BOND-III-i seadme lekkealus

BOND-IIl-i on seadme all kolmas lekkealus, nagu allpool joonisel joonis 12-16 ndidatud.

LLTEE LT T i i

BEMHEEEY suuEEERuNY

joonis 12-16: BOND-III-i seadme lekkealus

Seadme lekkealusele juurdepaasu saamiseks kasutage jargmist protseduuri.

1. Leidke seadme all olev lekkealus (vt jaotist joonis 12-16) ja tdmmake alus véljapoole. Toetage
aluse raskust kahe kdega ning valtige vedeliku mahavalgumist.

2. Tihjendage alus ja kdrvaldage jaatmed oma asutuses heakskiidetud protseduuride kohaselt.
Markus. Aluse tagumises nurgas on kanal, mis aitab valada ja pritsmeid valtida.

3. Peske alust 70% alkoholilahusega ja viige siis tagasi digesse asendisse.
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12.10.3 BOND-MAX-i kanistri lekkealus

BOND-MAX-il on liks lekkealus, mis asub kanistrite all kanistrite lahtris.

Kanistri lekkealusele juurdepaasemiseks kasutage jargmist protseduuri.

Veenduge, et to6tlusmoodul ei todtaks ja eemaldage kdik kanistrid.

Eemaldage lekkealus ja plihkige seda 70% alkoholilahuses niisutatud lapi vdi marliga.
Kuivatage lekkealus paberrétikuga ja viige tagasi 6igesse asendisse (kdver serv seadme ees).
Plihkige kdik kanistrid ja viige need digesse asendise tagasi.

12.11 Objektiklaaside alused

Puhastage objektiklaaside aluseid kord kuus, pestes sooja seebiveega ja loputades voolava veega. Enne
kasutamist veenduge alati, et objektiklaaside alused oleksid kuivad. Asendage deformeerunud voi
kahjustatud alused.

12.12 Kanistriroboti sondid (ainult BOND-
1)

Iga kanistriroboti sond vajab igakuist puhastamist 70% alkoholilahusega ebemevaba lapi voi
alkoholipadjalesega.

Aownd -

Puhastamise ajal kontrollige sonde kahjustuste suhtes ja vajadusel vahetage need.

o 12.12.1 - Kanistriroboti sondide puhastamine
e 12.12.2 - Kanistriroboti sondide asendamine

12.12.1 Kanistriroboti sondide puhastamine

Puhastage kanistriroboti jaotussonde kord kuus, hoidudes sondide painutamisest.

saaksid neile puhastamiseks ligi padseda. Seda protseduuri tohivad |abi viia ainult
kasutajad, keda on hoiatatud voimalike ohtude eest ja kes on saanud piisava
véljadppe.

f Kanistrirobotid liiguvad modda objektiklaaside varvimiskambreid, et kasutajad

1. Veenduge, et to6tlusmoodul oleks jdudeolekus ja et tsiikleid ei oleks laaditud, ajastatud ega
pooleli.

2. Valige kliinilises klientrakenduses t66tlusmooduli vahekaart, et kuvada selle kuva System status
(Stisteemi olek) kuva.

3. Klopsake vahekaati Maintenance (Hooldus) ja seejarel nuppu Clean bulk fluid robot probes
(Puhasta kanistriroboti sondid).
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4.

Lugege tahelepanelikult juhiseid dialoogiaknas Clean bulk fluid robot probes (Kanistriroboti
sondide puhastamine), lukustage koik objektiklaaside alused ja klopsake jatkamiseks Yes (Jah).

Seletus

1 Sondi liitmik
2 Sond

joonis 12-17: Pihkige koiki kolme kanistriroboti sondi 70% alkoholilahusega (sond on néidatud)

Kui kdik kolm kanistrirobotit on liikunud seadme ette, liilitage see vilja.
Puhastage sondid drnalt 70% alkoholilahusega pehme lapi voi alkoholipadjakesega.
Olge vaga ettevaatlik, et sonde mitte joondusest valja liila.

Dialoogiaknas valige edukalt puhastatud kanistrirobot(id) ja kidpsake Done (Valmis). V&i kui te ei
puhastanud iihtegi, kldpsake nuppu None were cleaned (Uhtegi ei puhastatud).

Taaskaivitage to6tlusmoodul. Léhtestamisel naasevad kanistrirobotid seadme tagaosas
algasendisse.

12.12.2 Kanistriroboti sondide asendamine

Kui soovite, et Leica Biosystems-i hooldusinsener asendaks kanistriroboti sondid, vétke Gihendust
klienditoega. Vastasel juhul vdite kanistriroboti sondid asendada allpool kirjeldatud viisil.

1.

Veenduge, et t66tlusmoodul oleks jdoudeolekus ja et tsiikleid ei oleks laaditud, ajastatud ega
pooleli.

Valige kliinilisel klientrakendusel t66tlusmooduli vahekaart, et kuvada selle kuva System status
(Stisteemi olek).

Klopsake vahekaarti Maintenance (Hooldus) ja seejérel nuppu Replace bulk fluid robot probes
(Asenda kanistriroboti sondid).

Lugege tahelepanelikult juhiseid dialoogiaknas Replace bulk fluid robot probes (Kanistriroboti
sondide asendamine), lukustage kdik objektiklaaside alused ja kiGpsake jatkamiseks Yes (Jah).
Koik kolm kanistrirobotit liiguvad seadme esikiiljel positsioonile 10.

Liilitage t66tlusmoodul vilja.

Keerake asendatava sondi voolikuliitmik lahti ning tdmmake sond iiles ja kanistrirobotist vélja (vt
jaotist joonis 12-17).

Pange korpusesse uus sond ja keerake sondi voolikuliitmik kdega kinni.

Vajadusel korrake seda teiste sondidega.
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9. Lilitage tootlusmoodul sisse. Lahtestamisel naasevad kanistrirobotid seadme tagaosas
algasendisse.

10. Kui lahtestamine on I6ppenud, kuvatakse dialoogiaken. Valige kanistriroboti sond (sondid) ja
klopsake Done (Valmis). V&i kui asendamine ei 6nnestunud, kldpsake nuppu None were replaced
(Uhtegi ei asendatud).

11.Kontrollige, kas uued kanistriroboti sondid on digesti paigaldatud, toodelge testkudesid voi
kontrollkudesid ja veenduge, et saavutatud oleks dige varvumine.

12.13 Sustlad

BOND-i tarkvara teavitab teid, et peate asendama siistla (BOND-MAX) vdi siistlad (BOND-III) iga
kuue kuu voi 7800 t6odeldud objektiklaasi jarel, olenevalt sellest, kumb téitub esimesena (vt
jaotist 5.1.2 - Riistvara olek). —~

Kontrollige siistlaid lahtestamise v&i nupu Clean fluidics (Puhasta vedelikusiisteem) kasutamise

ajal kord nédalas visuaalselt, eriti slistla (ilaosas ja kolvi all, et avastada lekkeid (vt jaotist

12.5 - Tootlusmooduli taaskéivitamine). Lisaks kontrollige Gihendatud voolikuid ja liitmikke. Lekete korral
vahetage vilja.

Kui eelistate, et Leica Biosystemsi kvalifitseeritud hooldusinsener asendab siistla(d), votke ihendust
klienditoega. Vastasel juhul vdite asendada siistlad allpool kirjeldatud viisil.

Kandke alati kaitseriietust ja -kindaid.

=
=

o)

- -

e 12.13.1 - BOND-lIl-i siistalde asendamine
o 12.13.2 - BOND-MAX-i 9-pordilise siistla asendamine

12.13.1 BOND-III-i sistalde asendamine

Kui te ei vaheta monda kahjustatud siistalt vahetult parast asendamist, vahetage kdik siistlad korraga.

1. Veenduge, et t66tlusmoodul oleks joudeolekus (tsiikleid pole laaditud ega ajastatud).

2. Valige kliinilisel klientrakendusel to6tlusmooduli vahekaart, et kuvada selle kuva System status
(Stisteemi olek).

3. Kldpsake vahekaarti Maintenance (Hooldus) ja seejarel nuppu Replace Syringe (Asenda siistal).
4. Lugege juhised labi ja kidpsake Yes (Jah).
Too6tlusmoodul eemaldab vedeliku k&igist siistaldest ja viib need asendamise kohta (selleks vdib
wls
kuluda kuni 10 minutit). Oodake, kuni t66tlusmoodul lahti ihendatakse - , seejarel lilitage
see vilja. Arge liilitage kontrollerit vélja (v6i terminali, seadmel BOND-ADVANCE).

2 Enne jatkamist veenduge, et t66tlusmoodul oleks valja lilitatud.
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5. Kruvige lahti neli siistlamooduli katet kinnitavat kuuskantkruvi, kasutades komplektis olevat 3 mm
kuuskantvotit. Eemaldage kate.

6. Keerake igal siistlal klambri poidlakruvi lahti ja langetage klamber.
7. Kasutage 2,5 mm kuuskantvétit kolvi pdhjas oleva lukustuskruvi eemaldamiseks.

joonis 12-18: Kolvi lukustuskruvi lahtikeeramine kuuskantvétmega

Monel mudelil on kuuskantkruvi asemel kasikruvi.

8. Keerake siistla silinder klapi kiiljest lahti. Eemaldage siistal ja klamber seadme kiiljest.

9. Paigutage uus siistal Iabi klambri.

10.Paigutage siistal ja klamber seadmele — keerake siistal klapi sisse.

11.Paigaldage kolvi lukustuskruvi tagasi ja keerake kinni.

12. Tdstke klamber siistla iilaosa kiilge ja keerake poidlakruvi kinni.

13.Paigaldage sistlamooduli kate tagasi ja kinnitage nelja kuuskantkruviga.

14.Valige dialoogiaknas asendatud siistal (ststlad) ja kidpsake Done (Valmis). V&i kui asendamine ei
dnnestunud, kldpsake nuppu None were replaced (Uhtegi ei asendatud).

15. Taaskaivitage t66tlusmoodul.

16.Kontrollige to6tlusmooduli lahtestamise ajal lekkeid, eriti siistalde lilaosas ja kolbide all. Teatage
kdigist leketest klienditoele.

17.Kontrollige, kas uued siistlad on digesti paigaldatud, t6ddelge testkudesid vdi kontrollkudesid ja
veenduge, et saavutatud oleks dige varvumine.

12.13.2 BOND-MAX-i 9-pordilise sustla asendamine

1. Veenduge, et t66tlusmoodul oleks joudeolekus (tsiikleid pole laaditud ega ajastatud).

2. Valige kliinilisel klientrakendusel t66tlusmooduli vahekaart, et kuvada selle kuva System status
(Stisteemi olek).

3. Klopsake vahekaarti Maintenance (Hooldus) ja seejérel nuppu Replace Syringe (Asenda siistal).
4. Lugege juhised labi ja kiopsake Yes (Jah).

Tootlusmoodul eemaldab siistlast vedeliku ja seab selle asendamiseks paika. Oodake, kuni
sls

to6tlusmoodul lahti Ghendatakse T , seejarel lilitage see vélja. Arge liilitage kontrollerit vélja
(voi terminali, seadmel BOND-ADVANCE).

2 Enne jatkamist veenduge, et to6tlusmoodul oleks valja lilitatud.
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5. Keerake siistla klambri poidlakruvi lahti ja langetage klamber.
6. Kasutage kuuskantvatit kolvi péhjas oleva lukustuskruvi eemaldamiseks.

=

I

]

-

joonis 12-19: Kolvi lukustuskruvi lahtikeeramine kuuskantvétmega

Monel mudelil on kuuskantvotme asemel kasikruvi.

7. Keerake siistla silinder klapi kiiljest lahti. Eemaldage siistal ja klamber seadme killjest.
8. Paigutage uus siistal Iabi klambri.

9. Paigutage siistal ja klamber seadmele — keerake siistal klapi sisse.

10. Paigaldage kolvi lukustuskruvi tagasi ja keerake kinni.

11.Tostke klamber siistla tlaosa kiilge ja keerake poidlakruvi kinni.

12.Klopsake dialoogiaknas Yes (Jah), et kinnitada, et olete siistla edukalt asendanud.

13. Taaskaivitage t66tlusmoodul.

14.Kontrollige lekkeid t66tlusmooduli lahtestamise ajal, eriti siistla tilaosas ja kolvi all. Teatage koigist
leketest klienditoele.

15.Kontrollige, kas uus siistal on digesti paigaldatud, to0delge testkudesid voi kontrollkudesid ja
veenduge, et saavutatud oleks 6ige varvumine.
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12.14 Toiteallika kaitsmed

Koigil BOND-III ja BOND-MAX seadmetel on kaks peakaitset ja kaks soojendi toitekaitset. Kaitsme
nimiandmed erinevad olenevalt toiteallikast. Kaitsmed asuvad tagakaanel (vt jaotist 2.2.13 - Tagakililg).

Seadmes BOND-III on kasutatud jargmisi kaitsmeid:

Kaitse Kirjeldus 100-240 V
vahelduvvoolutoide

F1 Soojendi toide 3AG T8A 250 V UL

F2 Slisteemi toide 3AG T8A 250 V UL

F3 Vahelduvvooluvdrk 3AG T15A 250 V UL
(neutraalne)

F4 Vahelduvvooluvork 3AG T15A 250V UL
(aktiivne)

BOND-MAX-i tocotlusmoodulites kasutatakse ihte kahest toiteallikast. Neid saab tuvastada tagakattel
olevate ventilaatorite arvu jargi — uue mudeli toiteallikal on kaks ventilaatorit, vanema toiteallikaga
seadmel on iiks ventilaator. Tagakaanele on triikitud ka kaitsmete asenduse tehnilised andmed.

Seadme BOND-MAX té6tlusmoodulid uue toiteallikaga (kaks ventilaatorit tagakaanel):

Kaitse Kirjeldus 100-240 V
vahelduvvoolutoide

F1 Vahelduvvooluvork 3AG T15A 250 V UL
(aktiivne)

F2 Vahelduvvooluvork 3AG T15A 250V UL
(neutraalne)

F3 24 V soojendi toide 3AG T8A 250 V UL

F4 24V alalisvoolutoide 3AG T8A 250 V UL

Seadme BOND-MAX t66tlusmoodulid vanade toiteallikatega (iiks ventilaator tagakaanel):

Kaitse Kirjeldus 100-120 V 200-240V
vahelduvvoolutoide vahelduvvoolutoide

F1 Vahelduvvooluvork 3AG T15A 250 V UL 3AG T8A 250 V UL
(aktiivne)

F2 Vahelduvvooluvork 3AG T15A 250 V UL 3AG T8A 250 V UL
(neutraalne)

F3 24 V alalisvoolusoojendi | 3AG T8A 250 V UL 3AG T5A 250V UL
toide

F4 24V alalisvoolutoide 3AG T8A 250 V UL 3AG T5A 250V UL
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12. Puhastamine ja hooldus (BOND-IIl ja BOND-MAX)

Arge jatke kaitsmeid vahele ega liihistage neid.
Enne kaitsmete vahetamist lilitage seade vilja ja lahutage toitejuhe.

Vahetage kaitsmed vilja ainult standardsete osade vastu ja kui kaitsmed pélevad
korduvalt |abi, votke tihendust klienditoega.

Kaitsmete vahetamiseks toimige jargmiselt:

Liilitage t66tlusmoodul vilja.

Lilitage toide vélja ja lahutage pistik seinakontaktist.

Keerake lahti kaitsmekate.

Tommake kaitsmekate vilja ja vahetage kaitse. Veenduge, et uue kaitsme spetsifikatsioonid on
oiged.

5. Liikake kaitsmekate sisse tagasi ja keerake péripéeva, et kaitsmed oma kohale lukustada. Arge iile
pingutage.

A ownh =
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13. Puhastamine ja hooldus
(muu)

13.1 Kaeshoitavad vootkoodiskannerid

13.1.1 Symboli vootkoodiskanner

Need juhised kehtivad ainult varasemale Symboli vo6tkoodiskannerile. Kui teil on uuem Symboli
vootkoodiskanner, vt jaotist 13.1.2 - Honeywelli vootkoodiskanner.

Puhastage kaeshoitavat skannerit kord nadalas.

« Arge laske abrasiivsetel materjalidel puutuda vastu akent.
« Arge pihustage vett ega muid puhastusvedelikke otse aknasse.
« Arge eemaldage skanneri kumminina.

Skanneri puhastamiseks tehke jargmist.

1. Koigepealt lahutage skanner kontrollerist vdi terminalist.
2. Eemaldage mustuseosakesed niiske ebemevaba lapiga.
3. Piihkige akent 70% alkoholilahuses niisutatud ebemevaba lapiga.

Laserkiirguse oht.
Kaeshoitav vootkoodiskanner sisaldab laserseadet, mis voib silmi tdsiselt

kahjustada.

Arge vaadake skanneri aknasse, kui see on sisse liilitatud.
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13. Puhastamine ja hooldus (muu)

13.1.1.1 Symboli vootkoodiskanneri seadistamine

Symboli vostkoodiskanneri (USB) taaskaivitamiseks printige vélja selle lehe kvaliteetne paberkoopia ja

Skannimine 1: vaikesatete seadmine

Skannimine 2: koodi 128 lubamine

Skannimine 3: skannimisvalikud

Skannimine 4: <DATA><SUFFIX>

Skannimine 5: sisestamine

skannige kdik jargmised vodtkoodid.

joonis 13-1: Vootkoodi skannimisjarjestus Symboli skanneri seadistamiseks
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13. Puhastamine ja hooldus (muu)

13.1.1.2 Helisignaali tugevuse seadmine

Symboli véétkoodiskanneri helisignaali tugevuse seadmiseks printige vélja selle lehe kvaliteetne
paberkoopia ja skannige allpool olev vo6tkood, mis vastab soovitud helitugevusele.

Vaike helitugevus

Keskmine helitugevus

Suur helitugevus
joonis 13-2: Symboli skanneri helisignaali tugevuse vé6tkoodid
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13. Puhastamine ja hooldus (muu)

13.1.2 Honeywelli vodtkoodiskanner

Need juhised kehtivad ainult uuemale Honeywelli vé6tkoodiskannerile. Kui teil on varasem Symboli
vootkoodiskanner, vt jaotist 13.1.71 - Symboli vootkoodiskanner.

Puhastage kdeshoitavat skannerit kord nadalas.

« Arge laske abrasiivsetel materjalidel puutuda vastu akent.
« Arge pihustage vett ega muid puhastusvedelikke otse aknasse.

Skanneri puhastamiseks tehke jargmist.

« Koigepealt lahutage skanner kontrollerist vdi terminalist.
« Eemaldage mustuseosakesed vee ja ebemevaba lapiga.
« Puhastage akent 70% alkoholilahuses niisutatud ebemevaba lapiga.

Kui kdeshoitav vootkoodiskanner ei to6ta digesti, voib hooldusasutus paluda see taaskaivitada. Samuti
saate reguleerida skanneri helisignaali tugevust.

13.1.2.1 Honeywelli vootkoodiskanneri seadistamine

Honeywelli vootkoodiskanneri (USB) taaskaivitamiseks printige vélja selle lehe kvaliteetne paberkoopia ja
skannige vootkoodid allpool nadidatud jarjekorras.

Skannimine 1: kohandatud vaikesitete eemaldamine

ORI

Skannimine 2: vaikesétete aktiveerimine

Skannimine 3: Honeywelli skanneri seadistamine

joonis 13-3: Vootkoodid skanneri seadistamiseks
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13. Puhastamine ja hooldus (muu)

13.1.2.2 Helisignaali tugevuse seadmine

Honeywelli voédtkoodiskanneri helisignaali tugevuse seadmiseks printige vélja selle lehe kvaliteetne
paberkoopia ja skannige allpool olev vo6tkood, mis vastab soovitud helitugevusele.

Vaike helitugevus

Keskmine helitugevus

Suur helitugevus

Helisignaal véljas

joonis 13-4: Honeywelli skanneri helisignaali tugevuse véétkoodid
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13. Puhastamine ja hooldus (muu)

13.1.2.3 Vabakaekasutamise seadistamine

Kui skanner on asetatud alusele, on see tavaliselt vabak&dekasutuses ja vootkoodi lugemisel ei pea

paastikule vajutama.
Honeywelli véotkoodiskanneri vabak&defunktsiooni SISSE vdi VALJA liilitamiseks printige vélja selle lehe
kvaliteetne paberkoopia ja skannige allpool olev v66tkood, mis vastab soovitud funktsionaalsusele.

Vabakaekasutamine SEES

Vabakiekasutamine VALJAS

joonis 13-5: Honeywelli skanneri vabakaekasutamise véétkoodid
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13. Puhastamine ja hooldus (muu)

13.1.3 Zebra DS2208 vootkoodiskanner

e Need juhised kehtivad ainult uuemale Zebra védtkoodiskannerile. Kui teil on varasem Symboli
vootkoodiskanner, vt jaotist 13.1.1 - Symboli vodtkoodiskanner. Kui teil on Honeywelli véétkoodiskanner,
vt jaotist 13.1.2 - Honeywelli vé&tkoodiskanner.

Puhastage kaeshoitavat skannerit kord néadalas.

« Arge laske abrasiivsetel materjalidel puutuda vastu akent.

« Arge pihustage vett ega muid puhastusvedelikke otse aknasse.
Skanneri puhastamiseks tehke jargmist.

« Koigepealt lahutage skanner kontrollerist vdi terminalist.
« Eemaldage mustuseosakesed vee ja ebemevaba lapiga.
« Puhastage akent 70% alkoholilahuses niisutatud ebemevaba lapiga.

Kui kdeshoitav vootkoodiskanner ei to6ta digesti, voib hooldusasutus paluda see taaskaivitada. Samuti
saate reguleerida skanneri helisignaali tugevust.
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13. Puhastamine ja hooldus (muu)

13.1.3.1 Zebra vootkoodiskanneri seadistamine

Zebra vootkoodiskanneri (USB) taaskaivitamiseks printige vélja selle lehe kvaliteetne paberkoopia ja

skannige kdik jargmised vodtkoodid.
joonis 13-6: Vootkoodide skannimisjarjestus Zebra skanneri seadistamiseks

Skannimine 1: vaikesatete seadmine

Skannimine 2: koodi 128 lubamine

Skannimine 3: skannimisvalikud

Skannimine 4: <DATA><SUFFIX>

Skannimine 5: sisestamine

AAFEAIAEEA R

Skannimine 6: koodi 128 konfigureerimine
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13. Puhastamine ja hooldus (muu)

13.1.3.2 Helisignaali tugevuse seadmine

Zebra vootkoodiskanneri helisignaali tugevuse seadmiseks printige vélja selle lehe kvaliteetne
paberkoopia ja skannige allpool olev vo6tkood, mis vastab soovitud helitugevusele.

joonis 13-7: Helisignaali tugevuse vo6tkoodid Zebra skannerile

Vaike helitugevus

Keskmine helitugevus

Suur helitugevus
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13. Puhastamine ja hooldus (muu)

13.1.3.3 Vabakaekasutamise seadistamine

Kui skanner on asetatud alusele, on see tavaliselt vabak&dekasutuses ja vootkoodi lugemisel ei pea

paastikule vajutama.

Zebra vootkoodiskanneri vabakaefunktsiooni SISSE vai VALJA liilitamiseks printige vélja selle lehe
kvaliteetne paberkoopia ja skannige allpool olev v66tkood, mis vastab soovitud funktsionaalsusele.

joonis 13-8: Zebra skanneri vabakaekasutamise vootkoodid

MW

Vabak&dekasutamine SEES

Vabakiekasutamine VALJAS

13.2 Objektiklaasi sildistaja

Sildistajaga on kaasas juhendid. Neist leiate juhised iltide ja triikilindi puhastamise ja laadimise kohta.

Puhastage kord kuus.
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14. Reaktiivide BOND
kasutamine

Selles peatiikis arutatakse Uldiselt koevarvimise teaduslikke ja kliinilisi kaalutlusi stisteemis BOND.

o 14.1 - Protseduuri pdhimote

o 14.2 - Proovi ettevalmistus

o 14.3 - Kvaliteedikontroll

e 14.4-Varvimise tdlgendamine
« 14.5-Uldised piirangud

« 14.6 - Viited

14.1 Protseduuri pohimote

Selles jaotises on lildine sissejuhatus IHK ja ISH kohta. Samuti kirjeldab see BOND-i tuvastussiisteeme ja
teranostikat.

e 14.1.1 - BOND-i tuvastussiisteemid
e 14.1.2 - Teranostilised stisteemid

Immunohistokeemia (IHK)

Spetsiifiliste antigeenide avastamiseks rakkudes v&i kudedes on vahemalt 50 aastat kasutatud
immuunhistokeemilisi tehnikaid. Esimeses raporteeritud meetodis 1941. a kasutati
fluorestsentsmargiseid '. Seejarel manustati ensiiiime, nagu peroksidaas 2. T4na kasutatakse
immunohistokeemilise markeri abil rakutuvastust koos rutiinsete H ja E parafiinivarvidega ning see aitab
ara tunda normaalseid ja ebanormaalseid rakke. Immunohistokeemilistest meetoditest on saanud
kirurgilise patoloogia puhul standardraviks, kui klassikalised meetodid iiksi ei anna 16plikku diagnoosi .
Siiski on olnud mdningaid kahtlusi reprodutseeritavuse suhtes °, hoolimata peaaegu universaalsest
kasutuselevotust.

Automatiseeritud BOND-i siisteemis olevad reaktiivid naditavad antigeene koelbikudes
immunohistokeemiliste tehnikate abil. Kokkuvdttes seob spetsiifiline primaarne antikeha end 16iguga,
seejarel visualiseerivad BOND-i tuvastussiisteemi reaktiivid kompleksi.

Diagnostiline marker on reaktiiv, mida kasutatakse koeproovis spetsiifilise antigeeni voi DNA/RNA
seondumiskoha tuvastamiseks. Marker on peamine antikeha IHK-s vdi proov ISH-s (vt allpool).

In situ hiibridisatsioon (ISH)

Molekulaarsed bioloogilised tehnikad on suuresti muutnud meie arusaama haigusest. In situ
hibridisatsioon ihendab nii molekulaarbioloogia kui ka histoloogia, véimaldades visualiseerida DNA-d voi
RNA-d nende rakukontekstis. Kuna nukleiinhapete tuvastamist alustati 1969. a ©, on in situ
hiibridisatsiooniprotokollide tdiustamine muutnud selle iiha vaartuslikumaks vahendiks nii kliinilise
patoloogia kui ka teadustoo jaoks.
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14. Reaktiivide BOND kasutamine

In situ hibridisatsioon kasutab nukleotiidaluste komplementaarset seondumist DNA-s v6i RNA-s.
Margistatud nukleiinhappe proov seondub fikseeritud koe- vdi rakuproovis spetsiifiliselt selle
komplementaarse jarjestusega. Proovi visualiseeritakse antikeha paigaldamisega sildi vastu, millele
jargnevad BOND-i poliimeeri tuvastamise reaktiivid. BOND-i automatiseeritud siisteem ja reaktiivid
pakuvad tookindlat ja tdhusat alternatiivi tiiiitutele kasitsivotetele.

14.1.1 BOND-i tuvastussusteemid

Leica Biosystems tarnib mitmesuguseid tuvastussiisteeme, mis on vélja to6tatud spetsiaalselt BOND-i
slisteemi jaoks. Nende hulgas on siisteem BOND Polymer Refine Detection™, mis tagab tugeva varvimise
koos terava eraldusvéimega ilma streptavidiini ja biotiini kasutamata.

Saadaolevad BOND-i tuvastussiisteemid on loetletud allolevates jaotistes.

e 14.1.1.71 - Stisteem BOND Polymer Refine Detection
e 14.1.1.2 - Stisteem BOND Polymer Refine Red Detection
o 14.1.1.3 - BOND:-i streptavidiini-biotiini tuvastus (DAB)

14.1.1.1 Siisteem BOND Polymer Refine Detection

BOND-i poliimeeri DAB-pdhine siisteem, BOND Polymer Refine Detection, tagab tugeva varvimise koos
antikeha terava piiritlemisega, mis seob nukleiinhappega seonduva sihtantigeeni voi proovi. Siisteem ei
kasuta streptavidiini ega biotiini ning kérvaldab seetdttu endogeense biotiini tdttu mittespetsiifilise
varvimise. Endogeenne biotiin on valdav mdnedes kudedes, nagu seedetraktis, neerudes, maksas ja
rinnakartsinoomis. BOND-i polimeerituvastussiisteemide tundlikkus on suurem kui mérgistatud
streptavidiini-biotiini stisteemidel, mistdttu antikehade kontsentratsioon on madalam ja té6tlemisaeg
kiirem.

Nendes tuvastussiisteemides kasutatakse jargmisi etappe.

1. Inkubeerimine vesinikperoksiidiga.

2. Spetsiifilise primaarse antikeha (IHK-s) voi proovi pealekandmine ja primaarse antikeha (ISH)
sidumine.

3. Inkubeerimine seotud sekundaarse antikehaga (primaarse jargne).

4. Inkubeerimine poliimeerreaktiiviga, mis sisaldab poliimeerseid madardika peroksidaasi (HRP)-
kolmiaarseid antikeha konjugaate.

5. Kompleksi visualiseerimine DAB-ga.

6. Hematoksiiliini taustvarving voimaldab tuvastada rakutuuma.

Inkubeerimine, pesemine ja tulemuste télgendamine viiakse labi vastavalt BOND-i margistatud
streptavidiini-biotiini tuvastussiisteemile.

Kui soovitakse tugevamat intensiivsust, on kdikide BOND-i poliimeeri tuvastussiisteemide jaoks saadaval
jargmised valikud.

i. Pikendage primaarse antikeha voi proovi ja/voi tuvastussiisteemi komponentide
inkubatsiooniaega.
ii. Kasutage etappi BOND DAB Enhancer (DAB véimendaja). Pidage meeles, et vdimendaja liksi ei
suurenda varvimise intensiivsust samal maaral kui see, mida pakub Intense R-i tuvastussiisteem.
iii. Ainult IHK puhul suurendage primaarse antikeha kontsentratsiooni.
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14. Reaktiivide BOND kasutamine

14.1.1.2 Siisteem BOND Polymer Refine Red Detection

Saadaval on liks punane tuvastussiisteem: BOND Polymer Refine Red Detection™. Sellel on eespool
kirjeldatud DAB-pd&histe polimeerituvastussiisteemidega samad eelised, kuid DAB asemel kasutatakse
visualiseerimiseks Fast Redi kromogeeni. Siisteem sobib kasutamiseks kudedel, néiteks nahal, kus
koepigmente voib ekslikult DAB-ks pidada.

Siisteem BOND Polymer Refine Red Detection on védga tundlik siisteem Compact Polymer™, mis on
konjugeeritud leeliselisele fosfataasile, mis tagab ereda fuksiapunase immunovarvingu, samuti
hematoksdiliini taustvarvingu (sealhulgas sinakas varv).

Fast Redi kromogeen on laboritingimustes keemiliselt ebastabiilne. Kromogeeni efektiivsuse
sdilitamiseks jargige hoolikalt siisteemi BOND Polymer Refine Red Detection kasutusjuhiseid. Asetage
kontrollkude alati patsiendikoega samale objektiklaasile, et vdimaldada siisteemi kahjustuste kiiret
tuvastamist.

Koos siisteemiga BOND Polymer Refine Red Detection soovitatakse kasutada vahendit Leica CV Ultra
Mounting Media. Muud vahendid ei pruugi séilitada algselt saadud varvimise intensiivsust.

Siisteemi BOND Polymer Refine Red Detection etapid on jargmised.

1. Spetsiifilise primaarse antikeha pealekandmine.
2. Inkubeerimine postprimaarse reaktiiviga.

3. Inkubeerimine poliimeerreaktiiviga, mis sisaldab poliimeerse leelisfosfataasi (AP) tertsiaarse
antikeha konjugaate.

4. Kompleksi visualiseerimine substraadi kromogeeniga Fast Red punase sademe abil.
5. Hematoksiiliini taustvarving vdimaldab tuvastada rakutuuma.

Inkubeerimine, pesemine ja tulemuste tdlgendamine viiakse labi vastavalt BOND-i mérgistatud
streptavidiini-biotiini tuvastussiisteemile.

14.1.1.3 BOND-i streptavidiini-biotiini tuvastus (DAB)

Selles kategoorias on Uks tuvastussiisteem: BOND Intense R Detection.

DAB-pohine tuvastussiisteem toimib jargmiselt.

1. Inkubeerimine vesinikperoksiidiga endogeense peroksiidaas-aktiivsuse sekveneerimiseks.

2. Spetsiifilise primaarse antikeha pealekandmine.

3. Antikeha lokaliseeritakse kasutaja poolt lisatud biotiini konjugeeritud sekundaarse
antikehapreparaadiga, mis tuvastab oma primaarse antikeha.

4. Tstreptavidiin-ensiiimkonjugaadi lisamine, mis seondub sekundaarses antikehas sisalduva
biotiiniga.

5. Kompleksi visualiseerimine substraadi kromogeeniga (3,3-diaminobensodiin ehk DAB), mille
ensliimisaadus on pruun sade.

6. Hematoksiiliini taustvarving voimaldab tuvastada rakutuuma.

Igal etapil inkubeerib BOND-i slisteem 18igu tapse aja, seejarel peseb 18igud, et eemaldada seondumata
materjal. Tulemusi tdlgendatakse optilise valgusmikroskoobi abil ja need aitavad patoloogilisi protsesse
diferentsiaalselt diagnoosida, mis v&ib olla vdi mitte olla seotud konkreetse antigeeniga.
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14. Reaktiivide BOND kasutamine

14.1.2 Teranostilised siisteemid

Vahi heterogeense olemuse ja vahirakkudele omase genoomilise ebastabiilsuse t6ttu on patsiendi
ravivastus laiadele vahitekitajatele sageli suboptimaalne. Neil ainetel on sageli tugevad kdrvaltoimed, mis
vahendavad patsiendi elukvaliteeti, ja need vdivad seada patsiendile ka ravimi tugevate kdrvaltoimete
riski. Vastupidiselt sellele on paljud uued vahiravimeetodid suunatud spetsiifilistele biomarkeritele. Nende
suunatud ravimeetodite kasutuselevotmine on oluliselt mdjutanud patoloogial pohinevat diagnostilist
testimist. Seda diagnostiliste testide eriklassi nimetatakse teranostiliseks, kusjuures testid aitavad
tuvastada neid patsiente, kes kdige tdenaolisemalt saavad kasu konkreetsetest ravimeetoditest:

teranostika = ravi + diagnoos

Iga seade on téielik siisteem sihtvalgu voi geeni olemasolu méaaramiseks ja seega sihiparase ravi
sobivuse maaramiseks. Leicaga labiviidavad analiiiisid on mdeldud kasutamiseks valmis antikehade voi
proovidega, tuvastamisreaktiividega, kontrollreaktiividega ja monel juhul kontroll-objektiklaasidega
diagnostilise tulemuse taielikuks kvaliteedikontrolliks. Seadmed p&hinevad kas IHK v&i ISH metoodikal
ning need on heaks kiidetud piirkondlike reguleerivate asutuste poolt kasutamiseks patsientide
tuvastamiseks, kelle puhul vdib ravi kaaluda.

Iga teranostikasiisteemiga on kaasas taielikud kasutusjuhised. Kasutage neid juhiseid teranostiliste
tsiiklite seadistamiseks. Teranostilise testimise olemuse t&ttu on darmiselt oluline jargida neid juhiseid
tapselt nii, et anallilisi ei saaks kehtetuks muuta.

14.2 Proovi ettevalmistus

Selles jaotises kirjeldatakse koe ettevalmistamist varvimiseks.

e 14.2.1 - Vajalikud materjalid

e 14.2.2 - Koe ettevalmistus

o 14.2.3 - Deparafineerimine ja kuumutamine
o 14.2.4 - Epitoobi kattesaadavaks tegemine

14.2.1 Vajalikud materjalid

Jargmised materjalid on vajalikud BOND-i siisteemi abil immunohistokeemiliseks ja in situ
hiibridisatsiooni varvimiseks.
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14. Reaktiivide BOND kasutamine

14.2.1.1 Tavalised materjalid

Fikseeriv — soovitatav 10% neutraalpuhverdatud formaliin
Parafiinivaha

Koeprotsessor ja sisestamiskeskus

Positiivsed ja negatiivsed koekontrollid (vt jaotist 14.3 - Kvaliteedikontroll)
Mikrotoom

Laetud mikroskoobi objektiklaasid (nt Leica BOND Plus alusklaasid)
Kuivatusahi

Alkohol (reaktiivi klass*)

BOND Dewax Solution

Deioniseeritud vesi

BOND Enzyme Pretreatment Kit

BOND-i objektiklaasid ja printerilint

BOND-i universaalsed katteplaadid Covertile

Pesulahus (valmistatud BOND-i pesulahuse 10x kontsentraadist)
Sobiv BOND-i reaktiivisiisteem

Kinnitusvahend, vaigupohine voi veepdhine

Katteribad

0 * Reaktiivi puhtusastmega alkohol sisaldab: etanooli; 90% vdi rohkem (w/w) isopropanooli, mitte rohkem
kui 5% (w/w); metanooli, mitte lle 5% (w/w).

14.2.1.2 Materjalid IHK jaoks

Lisaks eespool loetletud materjalidele on IHK analliisideks vajalikud jargmised materjalid.

Primaarsetele antikehadele spetsiifilised negatiivse kontrolli reaktiivid (vt jaotist

14.3 - Kvaliteedikontroll)

BOND Epitope Retrieval Solution 1

BOND Epitope Retrieval Solution 2

BOND-i kasutusvalmis primaarsed antikehad voi lahjendis BOND Primary Antibody Solution
lahjendatud primaarsed antikehad BOND-i avatud mahutites, 7 ml voi 30 ml
Kinnitusvahend, vaigupdhine voi veepdhine

Tiitrimiskomplekt, valikuline (vt jaotist 14.2.1.4 - Tiitrimiskomplekt )

14.2.1.3 Materjalid ISH jaoks

Lisaks ilalloetletud tavalistele materjalidele on ISH-testide puhul ndutav jargmine:

ISH proovid
fluorestseiinivastane antikeha
ISH-le spetsiifilised positiivsed ja negatiivsed kontrollproovid (vt jaotist 14.3 - Kvaliteedikontroll)
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14.2.1.4 Tiitrimiskomplekt

BOND:-i tiitrimiskomplekt koosneb 10 tiihjast kanistrist ja 50 vaheosast (6 ml) ning seda kasutatakse
BOND-i siisteemi primaarsete antikehade kontsentratsiooni optimeerimiseks. Kdigi primaarsete
antikehade kontsentratsioonide vaikese koguse saab ette valmistada ja siseosadesse sisestada. Iga
kanistrit voib kasutada kokku 40 ml reaktiivi jaoks.

Kontsentreeritud antikehade tiitrimiseks voib kasutada jarjestikulisi kahekordseid lahjendusi. Jargmine
meetod kirjeldab, kuidas valmistada ette seerialahjendusi 150 pl liksikjaotuseks. Igasse tiitrimismahuti
vahelehesse jaab veidi lahjendatud antikeha. Stisteem BOND on selle mahu md&tnud ja seda vdib
kasutada vajaduse korral tdiendavateks optimeerimisprotokollideks.

Margistage kolm vaheosa sobiva lahjendusega iga antikeha jaoks.
Valmistage alglahjendus 1 ml esimeses vaheosas.

Doseerige 500 pyl BOND primaarset antikeha lahjendit vaheosasse 2 ja 3.
Parast alglahjendust viige 500 pl vaheosasse 2 ja segage kergelt.

Alates vaheosast 2 viige 500 pl vaheosa 3 juurde ja segage kergelt.

a w2

14.2.2 Koe ettevalmistus

Soovitame kasutada 15-20-kordset 10% neutraalse puhverdatud formaliini koe mahtu, et kude BOND-i
slisteemi abil immunohistokeemiliseks ja in situ hiibridisatsiooniks fikseerida. Fikseerimise voib teostada
toatemperatuuril (15-25 °C).

HER2 testimiseks vt Ameerika Kliinilise Onkoloogia Uhingu / Ameerika Patoloogide Kolledzi koe
ettevalmistamise soovitusi '? v&i tutvuge kohalike juhiste ja maarustega.

Kudede |dikamise holbustamiseks ja mikrotoomiterade kahjustamise valtimiseks eemaldage luukudedelt
enne tootlemist katlakivi 11,12,

USA 1988. aasta Clinical Laboratory Improvement Act (CLIA) néuab punktis 42 CFR 493.1259(b), et
,Labor peab sadilitama varvitud objektiklaase vahemalt kimme aastat alates uurimise kuupdevast ja
prooviplokke vahemalt kaks aastat alates uuringu kuupgevast.” '® Tutvuge kohalike eeskirjadega oma
asutuse nouete kohta.

Loigake ja koguge lles 3-5 pm paksused I6igud laaditud objektiklaasidelt (mdned konkreetsed koetiitibid
voivad nduda erinevat [0igu paksust). Koe kuivatamiseks asetage héasti dreenitud objektiklaasid 10-30
minutiks 60 °C (£5 °C) ahju voi 66seks 37 °C juures. Objektiklaase saab kuumutada ka BOND-IIl ja BOND-
MAX to6tlusmoodulitel. Enne kuumutamist tuleb objektiklaase korralikult 6hu kées kuivatada. Lisateavet
proovi ettevalmistamise kohta vt viidetest 13, 14 ja 15.

Kinnitage objektiklaasi sildid proovi- ja kontrollobjektiklaasidele, nagu on kirjeldatud jaotises
4 - Lihitutvustus. Deparafineerimine, rehiidratsioon ja epitoobi kdttesaadavaks tegemine on BOND-i
siisteemis téaielikult automatiseeritud.

14.2.3 Deparafineerimine ja kuumutamine

Immunohistokeemia jaoks mdeldud parafiiniga to6deldud koeldikudelt tuleb esmalt eemaldada parafiin ja
sektsioon rehiidreerida. Parafiin eemaldatakse lahuse BOND Dewax Solution abil ja I16igud
rehiidreeritakse. BOND-i siisteem sisaldab deparafineerimisprotokolle, mis muudavad selle protsessi
automaatseks.
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Enne deparafineerimist voib BOND-i siisteem kude ka kuumutada, et parandada selle kleepumist
objektiklaasile. BOND-i siisteemi kuumutus- ja deparafineerimisprotokollid automatiseerivad nii
kuumutus- kui ka deparafineerimisprotsesse.

Pange tahele, et kude tuleb 6hu kades kuivatada, et eemaldada vesi, enne kui see asetatakse BOND-III voi
BOND-MAX t66tlusmoodulisse kuumutamiseks ja deparafineerimiseks.

14.2.4 Epitoobi kattesaadavaks tegemine

Koe formaliinis fikseerimine pohjustab ristseondumist koe aldehiilidi ja aminoriihmade vahel ning nende
sidemete moodustumine voib pdhjustada erinevate antigeenide kadu maskimise toime t6ttu. Formaliin
moodustab metiileensillad, mis vdivad muuta epitoobi tldist kolmemddtmelist kuju. Mdned epitoobid on
formaliini suhtes tundlikud ja nende immunoreaktiivsus on parast formaliini fikseerimist vahenenud,
samas kui teised on formaliiniresistentsed.

Nukleiinhappeid Gimbritsevad valgud, mist&ttu on sihtjarjestuste sondile kattesaadavaks tegemiseks
vajalik koe permeabiliseerimine.

Epitoobi kittesaadavaks tegemine /- vdib toimuda kas soojusindutseeritud epitoobi kittesaamise
(HIER), ensiilim-eeltd6tluse voi mdlema kombinatsiooni abil. HIER on kdige laialdasemalt kasutatav
meetod IHK epitoobi kattesaamiseks. HIER-i mehhanism ei ole taielikult arusaadav.

Hiipotees seisneb selles, et 16igu kuumutamine kdrgele temperatuurile epitoobi kattesaadavaks tegemise
lahuses hidroliilisib formaliini fikseerimisel tekkinud ristseondumised. Selle tulemusel muudetakse
epitoopi, mida saab seejarel immunohistokeemiliselt varvida. HIER-i olulised tegurid on kattesaadavaks
tegemise lahuse temperatuur, aeg ja pH. BOND-i slisteemis kasutamiseks on kaks erinevat epitoobi
kattesaadavaks tegemise lahust: tsitraadipdhine puhver ja EDTA-pdhine puhver.

Ensiliim-eeltootlus kasutab proteoliiditilisi ensiiime, et katkestada peptiidisidemed, et paljastada
epitoopide/sihtnukleiinhapete jarjestus. Ensiilimi kontsentratsioon ja inkubatsiooniaeg on
proportsionaalsed proovi fikseerimisajaga ning neid tuleb vastavalt optimeerida. Ensililim-eelt66tlus sobib
ainult mone epitoobi jaoks, kuid seda kasutatakse sageli ISH protokollides.

14.3 Kvaliteedikontroll

Koetddtlemise ja tehniliste protseduuride erinevused kasutaja laboris voivad pdhjustada tulemustes
markimisvaarset varieeruvust, mis nduab lisaks jargmistele protseduuridele ettevottesiseste kontrollide
regulaarset labiviimist. Tutvuge kohalike juhendite ja maarustega, voite leida abi ka juhenditest ,CLIA
Compliance Handbook: The Essential Guide for the Clinical Laboratory Second Edition” (CLIA nbuetele
vastavuse kasiraamat: kliinilise labori viljaande péhijuhend, 2. viljaanne) 22 ja Proposed NCCLS
guidelines for IHC (Soovituslikud NCCLS suunised IHK '# jaoks).

Kontrollproovid peavad olema varsked lahang/biopsia/kirurgilised proovid, mis on nii kiiresti kui voimalik
fikseeritud, t66deldud ja manustatud nagu patsiendiproov(id). Selline kontroll jélgib analiilisi kdiki etappe
alates koe ettevalmistamisest kuni varvimiseni.

Soovitame tungivalt asetada sobivad kontrollkoed patsiendi koega samadele objektiklaasidele. Lisateavet
vt jaotisest 6.2 - Tootamine kontrollidega.
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Vi

o 14.3.1 - Analisi kontrollimine

e 14.3.2 - Koekontrollid

o 14.3.3 - Negatiivse reaktiivi kontroll IHK jaoks
e 14.3.4 - ISH reaktiivikontrollid

o 14.3.5 - Kvaliteedikontrolli eelised

14.3.1 Analuusi kontrollimine

Enne antikeha, sondi voi varvimissiisteemi esmakordset kasutamist diagnostilises protseduuris
kontrollige antikeha/sondi spetsiifilisust, testides seda ettevottesiseste kudede komplektiga teadaoleva
ekspressiooniga, mis esindab teadaolevaid positiivseid ja negatiivseid kudesid. Vt llalkirjeldatud
protseduure ja CAP-i sertifitseerimisprogrammi 14 soovitusi immunohistokeemia ja/vdi NCCLS IHK
juhiseid '* v&i kohalikke eeskirju ja juhiseid. Korrake neid kvaliteedikontrolli protseduure iga uue
antikehapartii puhul voi iga kord, kui anallilisi parameetrid muutuvad. Kvaliteedikontrolli ei saa
otstarbekalt teha lksiku reaktiivi puhul eraldi, kuna sobitatud reaktiive tuleb maaratletud
analliusiprotokolliga enne tuvastamissiisteemi diagnostika eesmargil kasutamist testida koos. Vaadake
iga primaarse antikeha pakendi infolehte, et ndha kudesid, mis sobivad analiilisi kontrollimiseks.

Lisaks iilalmainitud analiiiisi kontrolliprotseduuridele soovitame varvida igakuiselt positiivseid
koekontrolle ja vorrelda neid sama koekontrolliga, mida varviti eelmisel kuul. Igakuiste intervallidega
varvitud kontrollide vordlus vdimaldab jalgida analiilisi stabiilsust, tundlikkust, spetsiifilisust ja
reprodutseeritavust.

BOND-i teranostikasiisteemid sisaldavad kdiki sobivaid kontrollreaktiive ja vdivad sisaldada testide
Iabiviimiseks vajalikke siisteemi kontrollobjektiklaase. Tahtis on kasutada kaasasolevaid kontrolle tapselt,
nagu kasutusjuhendis ndidatud. Sisemisi koekontrolle (ei kuulu komplekti) tuleb kasutada
kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Ettevottesisesed protseduurid ei ole valideeritud ja neid ei tohi kasutada
- seda tehes muutub diagnostiline tulemus kehtetuks.

Koiki kvaliteedikontrolli ndudeid tuleb teostada vastavalt kohalikele, riiklikele ja/vdi foderaalsetele
oigusaktidele voi akrediteerimise nduetele.

14.3.2 Koekontrollid

14.3.2.1 Positiivhe koekontroll

« Tahistab digesti ettevalmistatud kudesid ja nduetekohaseid varvimistehnikaid.

« Lisage iga varvimistsiikli iga testitingimuste komplekti kohta ks positiivne koekontroll.

« Norgalt positiivse varvumisega kude on sobivam kui tugevalt positiivse varvumisega kude
optimaalse kvaliteedikontrolli tagamiseks ja reaktiivi vahese lagunemise tuvastamiseks '*.

« Mitme koe kontroll-objektiklaasi kasutamine, mis sisaldab kudesid, millel on tugev, keskmine ja
nork antigeeni tihedus / nukleiinhappe ekspressioon, tagab laia kontrollmaterjali katvuse.

« Kui positiivne koekontroll ei naita positiivset varvimist, tuleb testi proovide tulemused lugeda
kehtetuks.

« Parima kvaliteedikontrolli tagamiseks soovitame tungivalt BOND-i siisteemi kaitada nii, et
kontrollkude on proovikoega samal objektiklaasil.
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14.3.2.2 Negatiivne koekontroll

« Uurige péarast positiivset koekontrolli, et kontrollida sihtantigeeni sildistamise spetsiifilisust IHK-s
oleva primaarse antikeha voi sihtnukleiinhapet ISH-s oleva proovi abil ning anda viiteid spetsiifilise
taustvarvumise kohta (valepositiivne varvumine).

« Enamikus koeldikudes esinevaid mitmesuguseid rakutiilipe saab sageli negatiivsete
kontrollsaitidena kasutada, kuid kasutaja peaks seda kontrollima.

« Kui negatiivses kontrollkoes esineb spetsiifiline varvumine, tuleb tulemused patsiendiproovidega
lugeda kehtetuks.

14.3.3 Negatiivse reaktiivi kontroll IHK jaoks

Kasutage IHK jaoks negatiivset reaktiivikontrolli iga patsiendiproovi osaga primaarse antikeha asemel, et
hinnata mittespetsiifilist varvimist ja voimaldada konkreetse varvimise paremat tdlgendamist.

« Soovitatav ideaalne kontrollreaktiiv:

i. Monoklonaalsete antikehade puhul kasutage sama isotiiiibi antikeha, mis on toodetud
koekultuuri supernatandist ja samamoodi nagu primaarne antikeha, kuid millel puudub
spetsiifiline reaktsioonivdime inimkudedega.

Lahjendage seda sama immuunglobuliini vdi valgu kontsentratsiooniga nagu primaarset
antikeha, kasutades identset lahjendit (BOND Primary Antibody Diluent).

Kui vasikaloote seerum séilitatakse parast to6tlemist lahjendamata antikehas, sobib
kasutamiseks ka vasikaloote seerum valgukontsentratsioonis, mis on ekvivalentne
lahjendatud primaarse antikehaga samas lahjendis.

ii. Poliiklonaalsete antikehade puhul kasutage immunoglobuliinifraktsiooni (voi vajaduse korral
tervet seerumit) normaalsest vi mitteimmuunseerumist samast loomsest allikast ja sama
valgu kontsentratsiooni kui primaarne antikeha, kasutades identset lahjendit (BOND Primary
Antibody Diluent).

« Lahjendit BOND Primary Antibody Diluent voib kasutada vdhem soovitava alternatiivina varem
kirjeldatud negatiivsetele reaktiivikontrollidele.

« Negatiivse reaktiivikontrolli inkubatsiooniperiood peab vastama primaarse antikeha
inkubatsiooniperioodile.

« Kasutage eraldi negatiivse reaktiivi kontrollpreparaati iga kattesaadavaks tegemise meetodi jaoks,
mida antud primaarse antikeha puhul kasutatakse (sh mitte kiattesaadavaks tegemine).

« Kui tsikli Idikudes kasutatakse mitme antikeha paneele, vdivad lihe objektiklaasi negatiivselt
varvuvad alad olla teiste antikehade suhtes negatiivsed/mittespetsiifilised seonduvad
taustakontrollid.

« Endogeense ensiiiimi aktiivsuse vdi ensliimide mittespetsiifilise seondumise eristamiseks
spetsiifilisest immuunreaktiivsusest varvige tdiendavaid patsiendikudesid vastavalt substraadi-
kromogeeni voi ensiiiimi komplekside ja substraadi-kromogeeniga.

« BOND:-i slisteem sisaldab vaikimisi negatiivset IHK kontrollreaktiivi nimega ,*Negative“, mille saab
valida mis tahes IHK protokolli markeriks. See jaotab lahust BOND Wash (vt jaotist 10.5.2 - Juhu ja
objektiklaasi satted).
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14.3.4 ISH reaktiivikontrollid

14.3.4.1 Positiivne reaktiivikontroll

Kasutage in situ hiibridiseerimiseks positiivset kontrollproovi.

« Kasutage iga patsiendiproovi Idiguga sondi asemel proovi, et anda teavet nukleiinhapete sailimise
kohta kudedes ning nukleiinhapete kattesaadavuse kohta sondile.

« Positiivse kontrollproovi protokoll peab vastama testproovi protokollile.

« Kui positiivne kontrollproov ei néita positiivset varvimist, tuleb testproovide tulemused lugeda
kehtetuks.

14.3.4.2 Negatiivne reaktiivi kontroll

Kasutage in situ hiibridisatsiooniks negatiivset kontrollproovi.

« Negatiivse kontrollproovi protokoll peab vastama testproovi protokollile.

« Kasutage iga patsiendiproovi Idigu asemel, et hinnata mittespetsiifilist varvumist ja voimaldada
konkreetse varvumise paremat tdlgendamist.

« Negatiivse reaktiivikontrolli inkubatsiooniperiood peab vastama proovi omale.

« Kasutage eraldi negatiivse reaktiivi kontrollpreparaati iga konkreetse proovi puhul kasutatava
kattesaadavaks tegemise meetodi puhul (sh kédttesaadavaks tegemise keeld).

« Endogeense ensiilimi aktiivsuse voi enslilimide mittespetsiifilise seondumise eristamiseks
spetsiifilisest immuunreaktiivsusest varvige tdiendavaid patsiendikudesid vastavalt substraadi-
kromogeeni voi ensliimi komplekside ja substraadi-kromogeeniga.
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14.3.5 Kvaliteedikontrolli eelised

Kvaliteedikontrolli eelised on kokku vdetud tabelis allpool.

Kude: Spetsiifiline Positiivne Negatiivne
i L antikeha/proov reaktiivikontroll reaktiivikontroll
fikseeritud ja t66deldud . . .
N tuvastussiisteemi pluss samad [ISH] v6i
nagu patsiendiproov reaktiividega tuvastussiistee mittespetsiifiline
mi reaktiivid, antikeha voi
mida puhver [IHC]
kasutatakse pluss samad
koos spetsiifilise | tuvastussiistee
antikeha/proovig | mi reaktiivid,
a mida
kasutatakse

koos spetsiifilise
antikeha/proovig
a

Positiivne koekontroll:

kude voi rakud, mis
sisaldavad tuvastatavat
siht-
antigeeni/nukleiinhapp
e jarjestust (voib leida
patsiendikoest).
Ideaalne kontroll on
ndrgalt positiivne
varvimiskude, mis on
antikehade/nukleiinhap
pe lagunemise suhtes
koige tundlikum.

Kontrollib analiilisi koiki
etappe.

Valideerib varvimiseks
kasutatud reaktiivi ja
protseduurid.

Mittespetsiifilise
taustavarvimise
tuvastamine

Negatiivne koekontroll:

eeldatavalt negatiivsed
koed v6i rakud (voivad
asuda patsiendi koes
vOi positiivses
kontrollkoes)

Tahtmatu antikeha
ristreaktiivsuse
tuvastamine
rakkude/rakukomponentid
e suhtes [IHK]

Soovimatu proovi
risthiibridisatsiooni
tuvastamine teiste
nukleiinhapete
jarjestustega voi
rakkude/rakukomponentid
ega [ISH]

Mittespetsiifilise
taustavarvimise
tuvastamine
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Kude:

fikseeritud ja toodeldud
nagu patsiendiproov

Spetsiifiline
antikeha/proov
tuvastussisteemi
reaktiividega

Positiivne
reaktiivikontroll
pluss samad
tuvastussiistee
mi reaktiivid,
mida
kasutatakse
koos spetsiifilise
antikeha/proovig
a

Negatiivhe
reaktiivikontroll
[ISH] voi
mittespetsiifiline
antikeha voi
puhver [IHC]
pluss samad
tuvastussiistee
mi reaktiivid,
mida
kasutatakse
koos spetsiifilise
antikeha/proovig
a

Patsiendi kude

Spetsiifilise varvumise
tuvastamine

Nukleiinhappe
sdilimise / koe
fikseerimise
ja/voi
kattesaadavaks
tegemise
hindamine [ISH]

Mittespetsiifilise
taustavarvimise
tuvastamine

14.4 Varvimise tolgendamine

Enne tulemuste tdlgendamist peab kvalifitseeritud patoloog, kes on immunohistokeemiliste ja/vdi in situ

hiibridisatsiooniprotseduurides kogenud, hindama kontrolle ja kvalifitseerima varvitud toote.

Antigeeni tuvastamise spetsiifilisus ja tundlikkus sdltub kasutatavast konkreetsest primaarsest
antikehast. Soovitud varvimise tagamiseks optimeerige BOND-i siisteemis iga spetsiifilist antikeha,
varieerides inkubatsiooniaega ja/vdi spetsiifilist antikeha kontsentratsiooni. Antikeha optimeerimata
jatmine voib pdhjustada antigeenide suboptimaalse tuvastamise.

Vi

e 14.4.1 - Positiivne koekontroll
o 14.4.2 - Negatiivne koekontroll

e 14.4.3 - Patsiendi kude

14.4.1

Positiivhe koekontroll

Kontrollige kdigepealt positiivset koekontrolli veendumaks, et kdik reaktiivid tootaksid korralikult.

DAB-pohiste siisteemide kasutamisel néitab pruun (3,3’ diaminobensodiintetrakloriid, DAB)
reaktsiooniprodukt sihtrakkudega positiivset reaktiivsust. Stisteemide BOND Polymer Red Detection
kasutamisel nditab punase reaktsiooniprodukti olemasolu sihtrakkudes positiivset reaktiivsust. Kui
positiivsed koekontrollid ei néita positiivset varvimist, tuleb testi proovide tulemused lugeda kehtetuks.
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14.4.2 Negatiivnhe koekontroll

Uurige negatiivset koekontrolli parast positiivset koekontrolli, et kontrollida sihtantigeeni/nukleiinhappe
sildistamise spetsiifilisust primaarse antikeha/proovi abil.

Negatiivses koekontrollis spetsiifilise varvumise puudumine kinnitab antikehade/proovi ristreaktiivsuse
puudumist rakkude/rakukomponentide suhtes.

Kui valises negatiivses koekontrollis esineb spetsiifiline varvumine (valepositiivne varvumine), tuleb
tulemused lugeda kehtetuks. Mittespetsiifilise varvumise korral on sellel tavaliselt difuusne valimus.
Samuti voib sidekoe juhuslikku varvumist taheldada liigselt formaliinis fikseeritud kudede I6ikudes.
Varvimistulemuste tdlgendamiseks kasutage terveid rakke. Nekrootilised voi degenereerunud rakud
varvuvad sageli mittespetsiifiliselt.

14.4.3 Patsiendi kude

Uurige viimasena patsiendiproove, mida on varvitud primaarse antikeha/prooviga.

Positiivset varvumisintensiivsust tuleb hinnata negatiivse reaktiivikontrolli mis tahes mittespetsiifilise
taustvarvimise kontekstis. Nagu iga immunohistokeemilise vdi in situ hibridisatsioonitesti puhul,
tahendab negatiivne tulemus, et antigeeni/nukleiinhapet ei tuvastatud, mitte seda, et rakkudes voi
koeanaliiiisides antigeen/nukleiinhape puudus.

Vajaduse korral kasutage valenegatiivsete reaktsioonide tuvastamiseks antikehade paneeli.

14.5 Uldised piirangud

« Immunohistokeemia ja in situ hiibridisatsioon on mitmeastmelised diagnostilised protsessid, mis
nduavad erikoolitust sobivate reaktiivide valimiseks, koe valikuks, fikseerimiseks ja té6tlemiseks,
objektiklaasi ettevalmistamiseks ning varvimistulemuste tdlgendamiseks.

« Koe varvimine soltub koe kasitsemisest ja tootlemisest enne varvimist. Vale fiksatsioon,
kilmutamine, sulatamine, pesemine, kuivatamine, kuumutamine, I6ikamine vdi saastumine teiste
kudede voi vedelikega voib pdhjustada artefakte, antikehade kinnijaamist voi valenegatiivseid
tulemusi. Ebajarjekindlad tulemused vdivad olla tingitud fikseerimis- ja sisestamismeetodite
erinevustest v&i koesisestest isedrasustest '€.

« Ulemé&arane vai ebatéielik taustvarving vaib tulemuste nduetekohast tdlgendamist kahjustada.

« Mis tahes varvimise voi selle puudumise kliinilist tdlgendust tuleb tdiendada morfoloogiliste
uuringutega, kasutades vastavaid kontrolle, ning seda peab hindama patsiendi haigusloo
kontekstis ja muude diagnostiliste testide kontekstis kvalifitseeritud patoloog.

« B-hepatiidi viirusega nakatunud ja B-hepatiidi pinnaantigeeni (HbsAg) sisaldavatelt inimestelt
saadud koed vBivad mittespetsiifiliselt varvuda madardika peroksiidaasiga '°.

« Ootamatud negatiivsed reaktsioonid halvasti diferentseerunud neoplasmades vdivad olla tingitud
antigeeni ekspressiooni kadumisest véi méargatavast vdhenemisest voi antigeeni kodeeriva(te)
geeni(de) kadumisest v6i mutatsioonist. Ootamatu positiivne varvumine kasvajates v&ib tuleneda
antigeeni ekspressioonist, mis tavaliselt morfoloogiliselt sarnastes normaalsetes rakkudes ei
avaldu, voi antigeeni plisimisest voi omandamisest kasvajas, millel tekivad teise rakuliiniga seotud
morfoloogilised ja immunohistokeemilised tunnused (erinev diferentseerumine). Kasvajate
histopatoloogiline klassifikatsioon ei ole tapne teadus ja moned kirjanduse teated ootamatust
varvumisest vdivad olla vastuolulised.
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IHK

ISH

Reaktiivid voivad varem testimata kudedes ndidata ootamatuid reaktsioone. Ootamatute
reaktsioonide tekkevoimalust isegi testitud koegruppides ei saa taielikult vélistada antigeeni
avaldumise / sihtnukleiinhappe bioloogilise varieeruvuse tdttu neoplasmades vdi muudes
patoloogilistes kudedes. Ootamatutest reaktsioonidest teavitamiseks vdtke tihendust Leica
Biosystems-i kohaliku edasimiiija v6i piirkondliku esindajaga.

Samast loomsest allikast parit normaalsed v6i mitteimmuunsed seerumid, mida kasutatakse
blokeerimisetappides sekundaarse antiseerumiga, voivad autoantikehade v6i looduslike
antikehade t6ttu anda valenegatiivseid voi valepositiivseid tulemusi.

Valepositiivsed tulemused IHK-s vdivad olla tingitud valkude vdi substraadi reaktsioonisaaduste
mitteimmunoloogilisest seondumisest. Neid vdib pdhjustada ka pseudoperoksiidaasi aktiivsus
(eriitrotsiitidid), endogeense peroksiidaasi aktiivsus (tstitokroom C) vdi endogeenne biotiin (nt
maks, rind, aju, neerud), séltuvalt kasutatud immunovarvi tiiiibist .

IHK valenegatiivsed tulemused vdivad tuleneda mitmesugustest teguritest, sh antigeeni tdelisest
vahenemisest, kadumisest voi struktuurimuutusest kasvaja ,dediferentseerumise” ajal voi artefakti
muutustest fikseerimise voi todtlemise ajal. Nagu iga immuunhistokeemilise testi puhul, tdhendab
negatiivne tulemus, et antigeeni ei tuvastatud, mitte et antigeeni analiiiisitud kudedes ei esinenud.

ISH-s vdib naha valepositiivseid tulemusi proovi ristreaktiivsuse tottu teiste nukleiinhapete
jarjestustega ning proovi voi tuvastusreaktiivide mittespetsiifilise seondumise tottu koe voi
koekomponentidega '€. Valepositiivse varvumise tuvastamiseks tuleb testi kaasata negatiivsed
koe- ja reaktiivikontrollid.

DNA ja RNA lagunevad nukleaasi aktiivsusega &'°. Seetdttu on nukleiinhappe lagunemise
tuvastamiseks oluline testida patsiendi prooviga positiivset kontrollproovi paralleelselt spetsiifilise
proovi ja patsiendi koega. Sel pohjusel on soovitatav valida fikseeriv aine, mis mojutab
nukleiinhapete sailitamist, 10% neutraalses puhverdatud formaliinis fikseeritud kude '°. Nagu iga in
situ hiibridisatsioonitesti puhul, tdhendab negatiivne tulemus, et nukleiinhapet ei tuvastatud, mitte
seda, et anallitsitud kudedes nukleiinhapet ei esinenud.
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15. Siisteemihaldus (BOND-i
kontrolleril)

15.1 BOND-i stuisteemihaldur

15.1.1 Ulevaade

BOND-i siisteemihaldur on utiliit, mis véimaldab teil hélpsalt vaadata BOND-i siisteemi kasutatavate
pOhiliste tarkvarateenuste hetkeolekut, vdimaldada teil liksikuid teenuseid (nt Print Spooler) peatada ja
kaivitada voi kbik teenused peatada ja kaivitada.

Arge peatage iihtegi teenust, sest BOND-i siisteem ei td6ta enam digesti.

A Siiski voib klienditugi paluda teil peatada ja seejarel taaskaivitada (ihe vdi mitu
teenust osana slisteemi torkeotsingu protsessist.

BOND-i siisteemihalduri avamiseks leidke Windowsi teavitusalal ikoon BOND siisteemihaldur £ ja
kidpsake seda.

0 Ikoon vdib olla vaatest peidetud; kui see on nii, kldpsake selle nagemiseks vaikest Glesnoolt.

BOND-i siisteemi vea korral kuvatakse teade; selle peitmiseks vdite kldpsata teatel.

Akna BOND siisteemihaldur peitmiseks kldpsake uuesti ikooni Windowsi teavitusalal.
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15.1.2 BOND-i suisteemihalduri aken

v/ BOND System Manager

Leica BOND Instrument Conrol
Leica BOND Batch Management
Leica DHCP Server

Leica BOND Print Management
Leica BOND Heartbeat Service
Lesca BOND Fassword Management
Lesca BOND LIS Serace

Prinit Spocker

PostgreSOL - PostgreSOL Server

PostgreSQL Agent - BOND

World Wide Web Publishing Service

B statan [ stop &y

. B:41aM
EN||2 £ ¢
ez B

joonis 15-1: BOND-i siisteemihalduri aken

ﬁ Siisteemi BOND vea korral uuendatakse BOND-i siisteemihalduri ikooni <= , et ndidata tekkinud vea
tadpi:

« £ iiks vdi mitu teenust on peatunud ( “" kuvatakse ka BOND-i siisteemihalduri kuva vasakus

tlanurgas)

« o eisaa siisteemiga BOND iihendust (6 ilmub ka BOND-i siisteemihalduri kuva vasakusse
lanurka)

Siisteemi BOND-ADVANCE paigaldamisel tdhendab see tdendoliselt jargmist:

i. kontroller on vélja ltlitatud voi
ii. terminalivdrk on lahutatud voi
iii. terminalivorgu liliti on vélja lulitatud.

« 44 BOND-i siisteemihaldur ei ole saadaval ( 0 kuvatakse ka BOND-i siisteemihalduri ekraani
vasakus (ilanurgas)
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15.1.3 Teenuste peatamine

Teenuse peatamiseks klopsake teenuse nimest paremal asuvat punast peatamisnuppu. Kdigi teenuste
peatamiseks kldpsake teenuste loendi all olevat nuppu Stop All (Peata k&ik).

Kuvatakse hiipikaken, milles teil palutakse kinnitada, et soovite teenused peatada. Jatkamiseks klopsake
Yes (Jah) voi tiihistamiseks No (Ei).

joonis 15-2: Dialoogiaken, kus ndutakse kinnitamist

Ménda teenust ei saa peatada (PostgresSQL - PostgresSQL Server ja World Wide Web Publishing
Service), sest BOND-i siisteemihaldur vajab neid t66tamiseks ja nende peatamisnupud on seet&ttu
keelatud.

15.1.4 Teenuste kaivitamine

Enamikul juhtudel taaskaivitub BOND-i tarkvara teenuse peatamisel automaatselt méne minuti jooksul.

Kui BOND-i siisteem ei t00ta ootuspéraselt ja te avastate, et liks voi mitu teenust on peatatud, vdite
kasutada peatatud teenus(t)e kdivitamiseks BOND-i siisteemihaldurit.

Konkreetse teenuse kaivitamiseks klopsake teenuse nimest paremal olevat rohelist kaivitusnuppu. Voi
kldpsake koigi teenuste kaivitamiseks teenuste loendi all olevat nuppu Start All (Kaivita kaik).

BOND System Manager

Lesca BOND Instrument Conrol

Lesca BOND Batch Management

Leca DHCP Server

Leiza BOND Print Management

Leica BOND Heartbeat Service

Lesca BOND Password Management

Lesca BOND LIS Serace T v
Prinit Spocler Q

PostgreSQL - PostgreS0L Server

PostgreSQL Agent - BOND

World Wide Web Publishing Service

- ET R ETT

x- B:21aM
EN||2 4«
1 e B

joonis 15-3: BOND-i siisteemihaldur kuvab hoiatava kolmnurga (teenus Print Spooler on peatatud)
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15.2 Kovaketta varundus

Koigil BOND-i juhtseadmetel ja terminalidel on kdvaketta varundus, et kaitsta BOND-i siisteemi kdvaketta
rikke korral. See kaitsesiisteem jélgib pidevalt siisteemi kdvakettaid ja Windowsi teavitusalal olev ikoon
naitab nende praegust olekut.

lkoon Kirjeldus
[ Q// Normaalne - kdvakettad to6tavad korralikult.
!‘"-._ Hoiatus — siisteemi kdvakettal on probleem. Vtke ihendust klienditoega.
2“ Viga — tekkis kdvaketta tdrge. V&tke ihendust klienditoega.
E Hoivatud - see vdidakse kuvada kdvaketaste kontrollimisel, nditeks parast
e ootamatut sulgumist. Kontroller vdi terminal vGivad kontrollimise ajal

aeglaselt tootada ja kontrolli [6puleviimine votab tavaliselt aega 2 kuni 3
tundi. BOND-i siisteemi ei pruugi sel ajal kasutada saada.

Kui kontroll on I6petatud, peaks ikoon naasma olekusse Normal (Normaalne)
ja taastatakse kovaketta tavatoimingud. Kui aga ikoon néitab olekut Warning
(Hoiatus) véi Error (Viga), vGtke ihendust klienditoega.

Teenus ei toota — kdvaketta kaitse jalgimiseks kasutatav tarkvarateenus ei
toota. Ikoon néitab seda olekut, kui kontrollerit vdi terminali kaivitatakse. Kui
ikoon ei naita olekut Normal (Normaalne) parast mitme minuti méodumist,
votke Gihendust klienditoega.
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16. Susteemi

BOND-ADVANCE
kasutamine

16.1 Susteemi BOND-ADVANCE

taaskaivitamine

t’ Peaksite seda protseduuri tegema ainult kui

« olete saanud Leica Biosystems-i klienditoelt vastavad juhised voi
« valmistute kavandatud elektrikatkestuseks.

Kasutage kogu siisteemi BOND taaskaivitamiseks jargmist meetodit.

Hownd -

7.
8.
9.

Veenduge, et kdik seadmed oleksid joudeolekus (st ikski objektiklaaside alus ei oleks lukustatud).
Lilitage koik to6tlusmoodulid vélja.

Lilitage koik terminalid vélja (kldpsake Start > Shut Down (Kaivita > Liilita vélja)).

Lulitage sekundaarne kontroller (kui see on olemas) vilja, vajutades lihidalt toitenuppu (vt nédidet
allpool).

Lilitage primaarne kontroller vilja, vajutades liihidalt toitenuppu (vt jaotist joonis 16-1).

Toitenupp vdib asuda kontrolleri eemaldatava esikatte taga, mis vdib olla lukustatud. Sel juhul
peate esmalt hankima votme selleks maaratud vétmehoidjast.

Vaadake viljalilitamise ajal andmelaua ekraani, sest kui valjaliilitusprotsess peatub Windowsi
sisselogimiskuval, voib osutuda vajalikuks teine toitenupu vajutus. Sellisel juhul oodake vahemalt
90 sekundit ja vajutage toitenuppu lihidalt uuesti.

Kui vajutate toitenuppu uuesti, liilitub kontroller vilja. Arge hoidke nuppu all kauem kui 2 sekundit,
kuna see vdib pohjustada piisilahtestuse ja kontrolleri kohe vélja lilitada. Kontrolleri toite
véljaliilitumiseks v&ib kuluda kuni 45 sekundit (toitenupu tuli lGlitub vélja).

Oodake 2 minutit ja seejarel liilitage primaarne kontroller sisse.

Kui ilmub aken Shutdown event Tracker (Sulgemissiindmuste logi), sulgege aken, valides nupu
Cancel (Tiihista) voi vajutades klahvi <Esc>.

Oodake 30 sekundit ja seejérel liilitage sekundaarne kontroller sisse (kui see on olemas).
Parast kontrollerite taielikku taaskaivitamist lllitage sisse kdik terminalid.
Liilitage sisse kdik to6tlusmoodulid.

10.Logige kdigisse terminalidesse sisse.
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Seletus

I 1 Toitenupp

joonis 16-1: Toitenupu asukoht kontrolleri esipaneelil (eemaldatud kattega)

16.2 Umberlilitamine sekundaarsele
kontrollerile

0 Need juhised kehtivad ainult BOND-ADVANCE-i siisteemidele, millel on sekundaarne (varundus)kontroller.
Peaksite seda protseduuri tegema ainult kui

« olete saanud Leica Biosystems-i klienditoelt vastavad juhised v6i
« primaarne kontroller ei toota.

Sekundaarne kontroller to6tab seejarel autonoomses reziimis ja siisteemil ei ole enam varundamise
voimekust. Kuid pérast selle protseduuri Idpetamist jatkab stisteem BOND tavaparast toolemist.

6 Ulemineku ajal vdivad viimase 5 minuti té6tlusandmed kaduma minna. Samuti vdivad kaduma minna kdik
dlemineku ajal saadetud LIS-i teated. Seet&ttu kontrollige parast Gilemineku dnnestumist, kas moni
objektiklaas on puudu. Sellisel juhul saatke objektiklaasi andmed uuesti LIS-i kaudu vdi looge puuduvad
objektiklaasid BOND-s.
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1. Sulgege koik kliinilise ja haldus-klientrakenduse eksemplarid kdigis BOND-ADVANCE-i terminalides.
2. Uhendage terminalivdrgu kaabel primaarse kontrolleri pordist, millel on mérgistus T1 véi T2, lahti
ja iihendage seejarel kaabel uuesti sekundaarse kontrolleri sama pordiga.
Vt jaotist joonis 16-2.

joonis 16-2: Kontrolleri terminalipordid

3. Lahutage seadme vorgukaabel primaarse kontrolleri pordist, millel on margistus 11 vGi 12, ja
tihendage seejarel kaabel sekundaarse kontrolleri samasse porti.
Vt jaotist joonis 16-3.

joonis 16-3: Kontrolleri seadme pordid

4. Lahutage Bridge'i vorgukaabel primaarse kontrolleri pordist B1 voi B2.
Vt jaotist joonis 16-4.

joonis 16-4: Kontrolleri Bridge'i pordid
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BOND-ADVANCE-i siisteem tuvastab, et olete iihendanud vérgukaablid sekundaarse kontrolleriga,
ja kuvab kinnitusdialoogi kdigil terminalidel. Vt jaotist joonis 16-5.

Secondary (backup) controller is connected

The system has detected that the BOND ADVANCE Terminals are
now connected o the secondary [badkup) contraller.

If there 5 & problem with the primary controller and vou would ke
ta contrwe oparation usng your secondsry contralker 35 3
standzlona contraller, than enter your usemame and password and
dick 0K to continue. This operation i mot reversibde without ansite
support froem 2 Leica raprasentative.

If wou do contmue, contact Qustomer SUPDOT T amange senice of
your desconnected controller. Tt is necessany for 4 Leica serice
representalive to repair or replace the dscennected cantreller.

Username: | testusar
Password: [wwereesseees

Lo
joonis 16-5: Dialoog — ihendatud on sekundaarne (varukontroller)

@ Uleminek ei ole imberpédratav ilma Leica Biosystems-i esindaja kohapealse toeta.

5. Ulemineku jatkamise kinnitamiseks tehke jargmist.

i. Sisestage véljadele Username (Kasutajanimi) ja Password (Parool) oma kasutajanimi ja
parool.
ii. Kinnitamiseks klopsake OK.

0 Kui teine kasutaja otsustab lleminekut enne seda jatkata, kaob eeltoodud dialoog.

6. Pdrast lilemineku kinnitamist lilitage primaarne kontroller vélja.
7. Oodake, kuni slisteem kiisib, kas tileminek autonoomsesse reziimi dnnestus (vt joonist joonis 16-
6), seejarel taaskaivitage kliiniline klientrakendus ja logige siisteemi sisse nagu tavaliselt.

Conversion to standalone sucoeeded

1 you have not already done 5o, connect the instrumant network cable to port 11 or 12 on the
secondary (now standalone) confroller,

You should immediately perform a manual database backup.

joonis 16-6: Dialoog — iileminek autonoomsesse reziimi dnnestus

8. Avage kohe haldus-klientrakendus ja varundage andmebaas kasitsi. Vit jaotist 10.5.1 - Laborisatted.
Kui tileminek sekundaarsele kontrollerile on I6petatud, peab kdigi objektiklaaside ja seadmete
olekut automaatselt varskendama, et see kajastaks slisteemi uusimat olekut. Kui aga moni tsiikkel
I6petati ajal, mil seadmed olid kontrollerist lahutatud, kuvatakse tsiikli olek ikka kui In Progress
(Toos). Sel juhul peate vastava objektiklaaside aluse lahti lukustama, et uuendada objektiklaaside
varvimiskambri olekut.

Votke Ghendust klienditoega, et korraldada oma lahtitihendatud kontrolleri hooldus. Lahtitihendatud
kontrolleri remontimiseks vdi vahetamiseks on vaja Leica Biosystems-i hooldusesindajat.
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17. Objektiklaaside sildistaja

asendamine

17.1 Cognitive Cxi Printeri asendamine

uhekohalise slusteemiga

Cognitive'i printeri asendamiseks uue Cognitive'i printeriga tehke jargmist.

Hownd -

9.

Liilitage vana printeri kiljel asuv toiteldliti valja.

Lahutage USB-kaabel ja toitekaabel vana printeri tagakadiljelt.

Uhendage USB-kaabel ja toitekaabel uue printeriga.

Liilitage sisse uue printeri kiiljel asuv toiteliiliti.

BOND-i kontrolleri ekraanil, to6laua teavituste alal (all paremal), kuvatakse teade, et leiti printer.

Navigeerige: Windows Start > Devices and Printers (Windowsi avaleht > Seadmed ja printerid) ning
leidke asja lisatud printer.

Paremklopsake seda printerit ja valige Properties (Atribuudid), seejarel kopeerige printeri nimi.
Avage haldus-klientrakendus, kuva Hardware configuration (Riistvara konfiguratsioon) vahekaart
Slide labelers (Objektiklaasi sildistajad), nagu kirjeldatud jaotises 10.6.3 - Objektiklaasi sildistajad.
Valige asendatud vana printer.

Kleepige (kirjutage olemasolev nimi (ile)véljale Printer name (Printeri nimi), nii et see oleks naiteks
,Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT (koopia 1)“.

Klopsake Save (Salvesta).

10. Printeri t66 kinnitamiseks printige testsilt.
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17.2 BOND-ADVANCE-i susteemis
Cognitive Cxi printeri kasutamine

Enne uue printeri Ghendamist BOND-ADVANCE-i siisteemiga tuleb uue printeri staatiline IP-aadress
seadistada samale vaartusele nagu eelmisel printeril.

Printerite IP-aadressid algavad vaartusest 192.168.5.101. Iga printeri puhul on erinev ainult viimane
number. Naiteks printeri 2 printeri IP-aadress on 192.168.5.102.

Allolevates protseduurides selgitatakse, kuidas leida eelmise printeri staatiline IP-aadress ja kuidas seda
vaartust uues printeris maarata.

Cognitive'i printeri esipaneel

joonis 17-1 kuvab Cognitive Cxi printeril klaviatuuri ja LCD-ekraani.

3 s
COGMTWE@

O poWER
C reapy

]
< 3]

joonis 17-1: Cognitive'i printeri LCD-ekraan ja klaviatuur

Eelmise printeri IP-aadressi lugemine

Tehke eelmise printeriga jargmine protseduur, et leida uue printeriga kasutatav IP-aadress.

@ Kui te ei saa mingil pohjusel eelmise printeri kuvamist kasutada, kasutage protseduuri - Printeri IP-
aadressi leidmine, et leida kontrollerilt IP-aadress.

1. Vajutage .
Ekraanil kuvatakse Main Menu: Language Menu (PShimeniii: keelemenii).

2. Vajutage - et kuvada Printer Setup (Printeri seadistus).
3. Vajutage . et kuvada Printer Setup: Comm. Menu (Printeri seadistamine: meniiii Comm.)

2. Vajutage . et kuvada Comm. Menu: Timeout (Meniiii Comm.: ajalGpp)
4. Vajutage - korda, et kuvada Ethernet.

5. Vajutage .
Ekraanil kuvatakse Ethernet — DHCP

6. Vajutage .
Ekraanil kuvatakse DHCP Off (DHCP viljas). (Kui see kuvab DHCP On (DHCP sees), vaartuse
muutmiseks vajutage -.)
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7. Vajutage '
Ekraanil kuvatakse teade: Value has been set (Vaartus on maaratud).

8. Vajutage -, et kuvada Set Static IP (Maara staatiline IP).

9. Vajutage ' et kuvada praegune séte.
10.Markige lles staatiline IP-aadress.
11.Ldlitage printeri toide valja ja lahutage see vorgust ja vooluvorgust.

Printeri IP-aadressi seadmine

Tehke jargmine protseduur, et seadistada uus printer digele staatilisele IP-aadressile.

Arge iihendage uut printerit BOND-i vérguga enne, kui olete allpool kirjeldatud
protseduuri teinud.

1. Uhendage uus printer toiteallikaga ja liilitage sisse printeri kiiljel asuv toiteliiliti.
2. Vajutage '
Ekraanil kuvatakse Main Menu: Language Menu (PShimeniii: keelemeniii).
3. Vajutage - et kuvada Printer Setup (Printeri seadistus).
4. Vajutage . et kuvada Printer Setup: Comm. Menu (Printeri seadistamine: meniiii Comm.)

5. Vajutage ' et kuvada Comm. Menu: Timeout (Meniii Comm.: ajalépp)
6. Vajutage - kaks korda, et kuvada Ethernet.

7. Vajutage '
Ekraanil kuvatakse Ethernet - DHCP

8. Vajutage '
Ekraanil kuvatakse DHCP Off (DHCP viljas). (Kui see kuvab DHCP On (DHCP sees), vaartuse
muutmiseks vajutage -.)

9. Vajutage .
Ekraanil kuvatakse teade: Value has been set (Vaartus on maaratud).

10.Vajutage -, et kuvada Set Static IP (Maara staatiline IP).

11.Vajutage ' et kuvada praegune sate.
12. Sisestage vanalt printerilt Gles margitud IP-aadress. Kursori vasakule voi paremale liigutamiseks

kasutage vasak- ja paremnuppu ning liles- ja allanuppu vaartuse muutmiseks.

13.Vajutage '
Ekraanil kuvatakse teade: Value has been set (Vaartus on maaratud).

14.Vajutage ' mitu korda, et naasta p&hikuvale -- COGNITIVE --.

15. Vajutage printeri kiiljel asuv toiteliiliti asendisse OFF (VALJAS). Seejarel liilitage see tagasi
asendisse ON (SEES).
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16.Uhendage Etherneti-kaabel uue printeriga, et iihendada see BOND-i vérguga.

.

joonis 17-2: Etherneti ihendus

17. Avage haldus-klientrakendus ja printige testsilt.

Printeri IP-aadressi leidmine

Kui vana printeri IP-aadressi ei ole voimalik lugeda, kasutage uue printeri IP-aadressi maaramiseks
jargmist protseduuri.

1.

2.
3.

Logige BOND-ADVANCE-i kontrollerisse sisse kui BONDDashboard.

L J
Vajutage Windowsi logoklahvi :' + M, et vahendada andmelaua kuva.

Kldpsake Windowsi tegumiribal nuppu Start (Alusta) ning valige Devices and Printers (Seadmed ja
printerid).

Paremkldpsake vastavat Cognitive'i printeri ikooni ja valige hiipikmeniilist Printer Properties
(Printeri atribuudid), nagu on néidatud joonisel joonis 17-3.

= Printers and Fawes (7)

See what's printing
+ Set ag default printer
Printing preferences

joonis 17-3: Printeri atribuutide valimine

Kuvatakse dialoogiaken Properties (Atribuudid).
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17. Objektiklaaside sildistaja asendamine

17.3 Uhekohalises siisteemis Cognitive
Cxi printeri asendamine Zebra
printeriga

Zebra TLP 3842 v5i GX430t printeri asendamiseks Cognitive Cxi printeriga tehke jargmist.

ﬁ Kui Zebra printer oli ihendatud paralleelkaabliga, saate selle BOND-i kontrolleri kiiljest lahti ihendada.
Cognitive'i printeri ihendamiseks BOND kontrolleriga on vaja USB-kaabilit.

Lilitage Zebra printeri tagakiiljel olev toiteliiliti valja.

Lahutage paralleelne vdi USB-kaabel ja toitekaabel printeri tagakiiljelt.

Lahutage Zebra printeri toiteallikas vooluvorgust.

Uhendage Cognitive'i printeri toiteallikas vooluvdrku.

Uhendage USB-kaabel ja toitekaabel Cognitive'i printeriga.

Lilitage sisse printeri kiiljel asuv toiteliliti.

BOND-i kontrolleri ekraanil, to6laua teavituste alal (all paremal), kuvatakse teade, et leiti printer.

ok wnN =

7. Kldpsake Windowsi tegumiribal nuppu Start (Alusta) ning valige Devices and Printers (Seadmed ja
printerid).

8. Veenduge, et printer oleks kuvatud kui ,Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT".

9. Logige sisse BOND-i haldus-klientrakendusse.

10. Avage kuva Hardware (Riistvara), vahekaart Slide labelers (Objektiklaasi sildid).

11.KlI6psake Add printer (Lisa printer) (kuval all vasakul).

12.Sisestage paremal paneelil jargmised andmed.

« Kuvatav nimi: kasutage printeri nime: Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT
« Printeri nimi: sama nimi uuesti

« Hostinimi: jatke see vali tihjaks.

« Printeri tiilip: valige printeri mudel: Cognitive Cxi

13.Kl6psake Save (Salvesta).
14.Paremkldpsake loendis Zebra printerit.
15.Valige hiipikaknast Delete (Kustuta).

16. Siisteem kuvab teate ,Are you sure you want to delete the printer?” (Kas olete kindel, et soovite
printeri kustutada?)

17.Kl6psake Yes (Jah).
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« 18.1-Susteem

o 18.2-Fidsilised andmed

« 18.3 - Elektrienergia ja UPS-i nduded
o 18.4-Keskkond

e 18.5-Tootamine

« 18.6 - Mikroskoobi objektiklaasid

« 18.7 - Transport ja hoiustamine

18.1

Vorguiihenduse néuded

Susteem

Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T

Vorgukaablid

Varjestatud kaablid CAT5e vdi CAT6, konnektoritega RJ-45

Nouded Etherneti lilitile:

ihekohaline

BOND-ADVANCE

Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T
8 pordiga Etherneti liliti (toetab kuni 5 t66tlusmoodulit)

8 vdi 16 pordiga Etherneti lilitid (saab ihendada kokku kuni
30 to6tlusmooduli toetamiseks)

Seadme tehnilised andmed

BOND-i kontrollerid ja terminalid peavad olema tarnitud
Leica Biosystemsi poolt

18.2 Fuusilised andmed

BOND-III BOND-MAX
M&otmed W =790 mm (31,10 tolli) W - 760 mm (29,9 tolli)
W - 1378 mm (54,25 tolli) H - 703 mm (27,6 tolli)
D - 806 mm (31,73 tolli) D - 775 mm (30,5 tolli)
Kaal (kuiv) 238 kg (525 naela) 120 kg (265 naela)

Vaba ruumi néuded

600 mm (24 tolli) tileval
0 mm vasakul

150 mm (6 tolli) paremal

0 mm taga, kuid kasutajad peavad saama toitekaabli
lahutada ilma t66tlusmoodulit liigutamata.

Maksimaalne kaugus valisest
jaatmekanistrist (ainult BOND-MAX)

~

1 m (40 tolli)
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18.3 Elektrienergia ja UPS-i nbuded

BOND-III

BOND-MAX

Toopinge
(vanema mudeli toiteallikaga seadmete

puhul, mille tagakaanel on (ks ventilaator)

103,4 V kuni 127,2 V (nimipinge 110 V kuni 120 V korral)

vOi

206,8 V kuni 254 V (nimipinge 220 V kuni 240 V korral)

Tddpinge
(uuema mudeli toiteallikaga seadmetel,
mille tagakaanel on kaks ventilaatorit)

90 V kuni 264 V (nimipinge 100 V kuni 240 V korral)

Vorgusagedus 50/60 Hz 50/60 Hz
Vdimsustarve 1200 VA 1000 VA
BOND-III BOND-MAX
Maksimaalne to6temperatuur 35°C (95 °F) 35°C(95°F)
Minimaalne t66temperatuur 5°C (41 °F) 5°C (41 °F)

Varvimise nduetele vastamiseks vajalik
temperatuur

18-26 °C (64-79 °F)

18-26 °C (64-79 °F)

Tooniiskus (mittekondenseeruv)

Suhteline dhuniiskus 30—
80%

Suhteline dhuniiskus 30-80%

Maksimaalne t66korgus lile merepinna

0 kuni 1600 m (5250 jalga)

0 kuni 1600 m (5250 jalga)

Helirdhutaseme valjund (1 m kaugusel)

< 85 dBA maksimaalselt

< 65 dBA tavaline t60

< 85 dBA maksimaalselt

< 65 dBA tavaline t60

Maksimaalne kiitteenergia vdimsus

1200 VA

1000 VA
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18.5 Tootamine

BOND-III BOND-MAX

Objektiklaase mahub 30 korraga.

Lopetatud aluseid (10 objektiklaasi) voib asendada pidevalt.

Reaktiivikanistri mahutavus 7 mlja30ml 7 mlja30ml
Reaktiivikanistri tihimaht 555 pl (7 ml) ja 1618 pl (30 ml)
Reaktiivikanistri reservmaht 280 pl (7 ml) ja 280 pl (30 ml)
Tiitrimiskanistri mahutavus 6 ml 6 ml
Tiitrimiskanistri tihimaht 300 pL 300 pL
Tiitrimiskanistri reservmaht 280 pL 280 pL
Reaktiivikanistrite arv 36 36
Reaktiivikanistri maht 21voi 5| 11vdi2l
Ohtlike jaatmete kanistri maht 51 21
Tavajaatmete kanistri maht 2x51 ~

Vilise jadtmekanistri maht ~ 91
Keemiline thilduvus Kdik BOND-i reaktiivid

70% alkoholilahus (puhastamiseks)

Temperatuuri nait Vaikesétted (neid saavad muuta hooldustootajad):

Soe: 35 °C, kuum: 80 °C

Gaasi- ja vedelikutihenduste maksimaalne | 1,0 bar 2,5 bar
lubatud réhk
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18.6 Mikroskoobi objektiklaasid

M&6tmed Laius: 24,64-26,0 mm (0,97-1,02 tolli)
Pikkus: 74,9-76,0 mm (2,95-2,99 tolli)
Paksus: 0,8—1,3 mm (0,03-0,05 tolli)
Sildi ala Laius: 24,64-26,0 mm (0,97-1,02 tolli)
Pikkus: 16,9-21,0 mm (0,67-0,83 tolli)
Materjal Klaas, 1ISO 8037/1

Kasutatav ala

Vt jargmisi jooniseid. Jaotusmaht viitab sétetele, mida saate
valida objektiklaaside seadistamisel BOND tarkvaraga (vt jaotist
6.3 - Tootamine juhtudega).

100 pl 150 pl
BOND-III ’
BOND-MAX ~ ’
joonis 18-1: BOND-i to6tlusmoodulite objektiklaaside kasutatavad alad
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18.7 Transport ja hoiustamine

Sailitustemperatuur

~20..+55 °C (-4..+131 °F)

Séilitusniiskus (mittekondenseeruv)

<80% RH

Saatmisviisid

Sobiv maantee-, 6hu- ja meretranspordiks.

Pange tahele, et lilaltoodud teave kehtib ainult pakendatud seadmete kohta.

Pakendamata seadmete kohta vt jaotist 18.4 - Keskkond.
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